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Introduccion

Este libro tiene como objetivo el servir de referencia al alumno en el médulo
de montaje y mantenimiento de equipos. Este médulo es de los més practicos
del ciclo y por lo tanto he procurado hacer un libro en el que se complemente
la parte practica con los contenidos tedricos. Hay que tener en cuenta que este
libro debe servir para formar a profesionales, por lo tanto debe ser lo més util
posible al alumno y debe proporcionar conocimientos tutiles y actualizados en
el mercado laboral.

La estructura del libro es lo mas didactica posible. He intentado que los
conceptos en el libro sean faciles de comprender acompaniandolos de muchas
fotos, consejos, notas, aclaraciones, referencias cruzadas... En los contenidos
tedricos he intentado ser conciso y explicar los conceptos de una forma
simplificada.

Otro objetivo que he intentado cumplir a la hora de escribir este libro es
obviar la tecnologia obsoleta e intentar centrarme en lo més reciente y futuro
sabiendo que el tiempo més tarde o més temprano acabard reemplazando esta
tecnologia por otra més nueva. No obstante, lo importante es que aunque la
tecnologia cambia, los conceptos permanecen durante mas tiempo (placa base,
memoria RAM, memoria caché, microprocesador...).

El alumno ademaés de manejar el libro y el CD de recursos, debera investigar,
documentarse y ampliar conocimientos por si mismo puesto que este libro
solamente es el empujén en la salida de una carrera ciclista, luego el alumno
tendra que pedalear y recorrer muchos kilémetros solo.
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Introduccion a los

equipos y sistemas
informaticos

Objetivos del capitulo

v Aprenderés conceptos basicos

sobre sistemas microinformaticos
que te van a permitir tener una
base de conocimiento suficiente
para entender el resto de los
capitulos.

Conoceras mas en profundidad
el concepto de ordenador.

Aprenderas a reconocer gran
parte de los componentes
electrénicos utilizados en

la construccién de sistemas
microinforméticos. Sabras
clasificarlos y cual es su
funcionalidad.

Aprenderas a conocer las
partes basicas de un sistema
microinformatico, como estan
interconectadas y como
funcionan conjuntamente.

Conoceras qué es lo que ocurre
paso a paso cuando se enciende
el ordenador.

Conocerés las partes internas
y externas de un equipo
informatico.
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1 = INTRODUCCION A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

........................................................................................................

1 CONCEPTOS IMPORTANTES
DEL CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes

conceptos:

BOOT. Es “Arranque” en inglés. Boot Loader entonces sera el cargador
de arranque, que es un pequerio programa que se encarga de cargar el
sistema operativo en memoria.

DMA. Direct Memory Access (Acceso Directo a Memoria). Muchos
dispositivos hardware acceden directamente a memoria en vez de
enviarle la informacién directamente al procesador. De esta forma se
ahorra tiempo y el procesador no se ve tan cargado de trabajo.

DVD. Digital Versatile Disk o Disco Versatil Digital. Disco con el que se
comenzo a almacenar peliculas y actualmente se utiliza para multiples
propdsitos.

HD o HDD. Acrénimo de Hard Disk o Hard Disk Device. Son las siglas
de disco duro.

HDMI. High Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia
de alta definicién). Es una convencién de audio y video digital no
cifrado que permite entre otros conectar el ordenador con la televisién
proporcionando una calidad de imagen y sonido superiores a los de una
conexién analégica.

IRQ. Interrupt ReQuest (Peticién de Interrupcién). La provocan los
periféricos cuando tienen que enviar informacién al procesador. Es su
forma de avisarle que tienen algo que decirle.

Linux. Linux es un conjunto de sistemas operativos los cuales tienen
en comun un mismo nucleo. Estan basados en el Software Libre, lo que
permite que se modifique, se mejore y se distribuya el cédigo sin costo
alguno. Lo que se suele instalar en los equipos es una distribucién como
Ubuntu, Suse, Fedora, Debian... Una distribucién es una compilacién
en la que ademads del ntcleo se incluyen paquetes o aplicaciones que
pueden ser software libre o no.
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B Lector 6ptico. Unlector éptico, también llamado CDROM, Regrabadora,
Lector DVD... es un dispositivo que utiliza tecnologia éptica para leer
CD o DVD.

®m MP3. MP3 es un sistema de compresién de audio. También se denominan
MP3 a los reproductores de musica con formato MP3.

m Nucleo o kernel de un sistema operativo. El kernel es la parte o
software mas importante de un sistema operativo. Realiza funciones
basicasy generales del sistema operativo. En Linux muchas distribuciones
comparten un mismo nucleo mientras que las aplicaciones o programas
pueden variar de unas a otras segun necesidades.

B Periférico. Un periférico es un dispositivo conectado a la CPU de un
sistema informatico. Se denominan periféricos a los ratones, teclados,
impresoras, webcams...

m Tableta digitalizadora. Una tableta digitalizadora es un dispositivo
hibrido entre un boligrafo y un ratén. Utilizado por los disefiadores para
dibujar de forma digital, también puede utilizarse como ratén. Consta
de una especie de alfombrilla (tableta) que puede reconocer la posicién
del boligrafo o puntero cuando pasa por encima.

B Tasa de transferencia. Es la cantidad de informacién por unidad de
tiempo que se transfiere por un dispositivo.

m SAI Sistema de Alimentacién Ininterrumpida. Es un dispositivo que
permite que siga funcionando un equipo cuando falla el suministro
eléctrico. Actia de manera similar a la pila de un portatil nada maés
que es un sistema que tiene mas capacidad. Su capacidad se mide en
Voltios-Amperios. Puede alimentar desde un solo equipo a muchos
dependiendo de su capacidad. Lo méas normal que se suele hacer en
estos casos de fallo de suministro es programar el equipo para que se
apague automaticamente y de forma normal evitando pérdida de datos
y un futuro mal funcionamiento del mismo.

B Semiconductor. Un semiconductor es un material que bien puede
comportarse como conductor o aislante dependiendo de la temperatura
a la que se encuentre. El semiconductor méas utilizado en circuitos
electronicos es el silicio.
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B Suite ofimatica. Una suite ofimatica o paquete de ofimatica es un
conjunto de programas compatibles entre si que proporcionan una
solucién a las necesidades ofimaticas de un usuario (procesador de texto,
hoja de calculo, gestor de diapositivas, base de datos...).

m Volatil. Volatil quiere decir que desaparece. Cuando el contenido de una
memoria es volatil, éste desaparece una vez que se le deja de suministrar
energia a la memoria.

................................................................................................................

1 INTRODUCCION A LOS
. SISTEMAS INFORMATICOS

................................................................................................................

(P3| CONCEPTOS DE SISTEMAS MICROINFORMATICOS

Diferencia entre hardware y software

Digamos que el hardware es el conjunto de elementos electronicos cuyo
objetivo es realizar la funciéon para la que han sido fabricados de la manera
mas eficiente y mas rapida.

Por el contrario, el software no son componentes fisicos sino que son las
6rdenes, programas, instrucciones... que hacen que los componentes fisicos o
el hardware realicen las tareas que se precisen.

a4

Recuerda

El hardware son los elementos tangibles (que se pueden tocar) de un sistema
microinformatico mientras que el software son los elementos intangibles del
mismo (no se pueden tocar).

Qué es un programa

Un programa es una serie de 6rdenes o instrucciones ordenadas con una
finalidad concreta que realizan una funcién determinada.
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n EJEMPLO 1.1

PROGRAMA HOLAMUNDO

//**Cédigo:Programa Holamundo****
/* Programa holamundo.c */

#include <stdio.h>
main ()

{

printf (“Hola Mundo”) ;

}

El texto anterior representa un ejemplo de lo que seria un programa.
Se compone de 6 lineas que se van a comentar a continuacion:

/* Programa holamundo.c */

Esta linea no realiza ninguna funcién, sélo dice cual es el nombre
del programa.

#include <stdio.h>

Esta linea es necesaria si se va a sacar algo por pantalla.

main ()

Esta linea indica que esto es lo primero que va a ejecutar el programa
(lo contenido entre { y }).

{
printf (“Hola Mundo”) ;

Esta linea muestra las palabras Hola Mundo por pantalla.

En resumen, este programa mostrara las palabras Hola Mundo por
pantalla.
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Qué es una aplicacion informatica

Existen muchas aplicaciones informaticas, cada una con una finalidad
diferente, pero lo que une a todas ellas es que facilitan al usuario el realizar
una tarea concreta. Una aplicaciéon informatica puede constar de uno o varios
programas. En el caso de que sean varios programas se suele llamar suite o
paquete integrado como por ejemplo la suite ofimatica de Openoffice. Estos
programas tendran que tener un nexo de unién o almacén comun, y los datos
generados con un programa podran ser tratados con otro de la misma suite sin
problema alguno de compatibilidad

i =
file Edt View |nsert Fgrmat Table Iools window Help x
B-& B I RATYS A5G0 49 - afb FEcam )@,
§ (oot <) (Nmbusroman s L [<] (12 =) A 4 A [E b CIGH- R
R R KRR e T O LT W ST AR I SRR

Pagel/1 Dafault English (Usa) 100% [INSRT | STD

Figura 1.1. Openoffice Writer

A diferencia del sistema operativo que también es un software, una
aplicacién informatica no esté tan en contacto con el hardware del equipo sino
mas en contacto con el usuario que es el destinatario de la misma.

USUARIO

APLICACION
INFORMATICA

SISTEMA
OPERATIVO

HARDWARE

Figura 1.2. Esquema de bloques de un sistema informdtico
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Existen multitud de aplicaciones informaticas que automatizan o ayudan a
la realizacién de ciertas tareas como, por ejemplo:

v Las bases de datos

Hojas de célculo
Procesadores de texto
Programas de contabilidad
Programas de disefio grafico
Programa de facturacion
Multimedia

Presentaciones

N N N T N NN

Correo electrénico

(Qué es un sistema operativo?

Un sistema operativo es un software o conjunto de programas que hacen
que los programas de usuario funcionen en un hardware determinado. Es decir,
es el nexo de unién entre los programas de usuario o aplicaciones informaticas
y el hardware. Actualmente hay dos tendencias en sistemas operativos de
equipos microinforméaticos, una es la de los sistemas operativos de Microsoft
(7, XP, Vista, 2003...) y la del software libre o Linux. Esta Gltima tendencia ha
ido recortando terreno a Microsoft e incluso actualmente le lleva la delantera
en ciertas cuestiones sobre todo relacionadas con el rendimiento.

Odebian ~=teckvess |
éﬁ;:fﬁ@ ;f\\. R
e Vel fedor09

Figura 1.3. Distribuciones Linux
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{Qué es un sistema informatico?

Un sistema informaético son todos aquellos elementos que son necesarios
para procesar informacién y realizar una funcién determinada. Estos elementos
fisicos seran el hardware del sistema informatico (teclado, pantalla, ratén,
torre, impresora...) y para procesar la informacién necesitaremos el software
(sistema operativo y programas).

Sistema informatico

PERSONAS

SOFTWARE

HARDWARE

Figura 1.4. Partes de un sistema informdtico

También podriamos afnadir al sistema informatico las personas o recursos
humanos que sin las 6rdenes de ellos el sistema no realizaria ninguna
funcién.

(Qué es el firmware?

El firmware es el software que contiene el hardware. Aunque parezca un
trabalenguas vamos a explicarlo un poco mas. Muchos componentes electrénicos
como teléfonos moviles, reproductores MP3, lectores 6pticos, reproductores
DVD... tienen dentro de ellos un software especifico que hace que el hardware
funcione eficientemente.

En el caso de un reproductor MP3, como ya sabrds la musica viene
comprimida, es decir, para que en un solo CD-ROM se puedan meter hasta
11 albumes de musica las canciones tienen que ocupar menos espacio. El
reproductor entonces debera tener algin programa para descomprimir
o devolver las canciones a su estado original para poder ser reproducidas
correctamente. A este programa o software lo llamaremos firmware. En
muchos componentes electronicos el firmware puede actualizarse y de esa
forma mejorar en eficiencia, seguridad...
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EL EQUIPO MICROINFORMATICO

Esquema de bloques de un ordenador

(UCP)
PERIFERICOS UNIDAD PERIFERICOS
DE CENTRAL DE
ENTRADA DE SALIDA
PROCESO

Figura 1.5. Esquema de bloques de un ordenador

Tradicionalmente un ordenador o sistema informéatico ha estado formado
por unos periféricos de entrada (normalmente teclado y ratén) que suministran
datos e informacién a la unidad central de proceso. La funcion de la unidad
central de proceso es procesar la informacion y érdenes que va recibiendo y
enviarlas a los periféricos de salida (normalmente la pantalla, aunque puede
ser la impresora).

El flujo de informacién siempre es el mismo. Es parecido también al
esquema de bloques de una videoconsola. La videoconsola tiene una serie
de periféricos de entrada como volantes, mandos (con infrarrojos, cables...),
guitarras, esterillas sensibles a la presion... Esta informacion es procesada por
la consola teniendo en cuenta el estado del juego y enviara informacién a los
periféricos de salida como pueden ser la televisién, altavoces...

UcP
PROCESADOR

UNIDAD
ARITMETICA
PERIFERICOS RS PERIFERICOS
DE DE CONTROL DE
ENTRADA SALIDA
MEMORIA
PRINCIPAL

Figura 1.6. Esquema de bloques de un ordenador detallado
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La UCP (Unidad Central de Proceso) o en inglés CPU (Central Process
Unit) esta formada a su vez por un procesador y una memoria. El procesador,
como su nombre indica, procesara la informacién que recibe de los periféricos
de entrada y para ello necesitarda la memoria principal donde albergara los
programas (juegos en caso de la videoconsola) y toda la informacién relativa a
los mismos y los necesarios para el funcionamiento del propio sistema.

Con el paso de los afios las necesidades de velocidad y de capacidad de
almacenamiento han subido mucho. Actualmente se demandan procesadores
muy veloces y memorias de alta capacidad.

r PROCESADOR —

UNIDAD
ARITMETICA

UNIDAD
DE CONTROL

Figura 1.7. Esquema basico de un procesador

El procesador puede dividirse a su vez en unidad aritmética y unidad
de control. El verdadero cerebro del sistema reside en la unidad de control
mientras que la unidad aritmética se dedica a hacer operaciones aritméticas
y légicas que por otra parte son de suma importancia para el sistema. Estos
componentes estan sumamente especializados y son muy complejos de tal
manera que los actuales microprocesadores tienen mas de 800 millones de
transistores.

La memoria. Funciones, tipos y caracteristicas
Clasificaremos las memorias en dos tipos:
Almacenamiento masivo (discos duros, memorias flash...)

Memoria interna (RAM, ROM...)
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Figura 1.8. Imagen interna de un disco duro

Las memorias de almacenamiento masivo tienen unas caracteristicas
diferentes a la memoria RAM:

Son mas lentas. En ocasiones tienen elementos mecéanicos como los
discos duros lo que implica més lentitud.

No son volatiles. La informacién persiste en ellas cuando no son
alimentadas por corriente eléctrica (con el ordenador apagado).

éQuieres aprender mas sobre las memorias de almacenamiento
masivo?

En el apartado 3.2 del capitulo 3 tienes mucha informacién relativa a los discos
duros. También en el apartado 3.4.2 podras encontrar informacién sobre las
unidades SSD que son los discos duros del futuro.
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A
Warranty Vo i Removed
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Figura 1.9. 512 Mb de RAM DDR

Las memorias internas se denominan asi porque se encuentran dentro de
la caja del ordenador. Comprenden las memorias:

B ROM. Read Only Memory (memorias de solo lectura — no pueden ser
escritas).

m RAM. Random Access Memory (memorias de acceso aleatorio, la RAM
convencional). Para que se ejecute un programa éste tiene que estar en
la memoria central o RAM, de ahi la importancia que tiene ésta en el
procesamiento de la informacién. En la RAM se ubicaran los programas
y los datos a procesar.

La memoria central o memoria RAM estd formada por unas celdillas
(biestables) que almacenan informacién en formato binario (ceros y unos).
Cada celdilla puede contener un cero o un uno. Esta informaciéon (0 o 1)
recibe el nombre de BIT. Las celdillas por asi decirlo actian como un pequenio
condensador, almacenan o no energia. La presencia de energia se traduce como
un uno légico (1) y la ausencia de energia como un cero légico (0).

®

—>01111011

8 celdillas = 8 bit = 1 byte

Figura 1.10. Celdillas en la memoria central
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Estas celdillas cuando pasa un tiempo determinado se van descargando,
con lo cual se va perdiendo la informacién que almacenan. Para que no se
pierda definitivamente se refresca la memoria.

Cuando se ejecuta un programa como un procesador de textos, el sistema
recuperara el programa de la memoria secundaria o externa y lo ubicara en la
memoria central o RAM para poder ejecutarlo.

a4

éQuieres aprender mas sobre la memoria RAM?
En el apartado 2.7 del capitulo 2 tienes bastante informacién sobre la memoria
RAM.

La memoria caché

PROCESADOR

MEMORIA PRINCIPAL

Figura 1.11. Ubicacién de la memoria caché

Esta memoria estd situada entre el procesador y la memoria central. Se
puede considerar como un tipo de memoria interna. Sus caracteristicas son
las siguientes:

" Agiliza los calculos de los programas
v Mé4s cara

v Més rapida
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Tipos de memoria RAM:

Vamos a ver los diferentes tipos de memoria RAM de més antiguo a més
nuevo:

DRAM. Dynamic RAM (RAM dindmica). Tiene una gran capacidad de
almacenamiento y para que no se pierda la informacién que contiene se
refresca por cada ciclo de reloj.

SRAM. Static RAM (RAM estatica). Esta memoria tiene la caracteristica
de que no necesita refresco. Es bastante mas rapida que la DRAM pero
tiene un precio mas elevado.

SDR o SDRAM. Single Data Rate Synchronous Dynamic Random
Access Memory (memoria RAM dinamica de acceso sincrono de tasa de
datos simple). Como su nombre indica esta sincronizada con el reloj de
la CPU. Auna las ventajas de las dos anteriores, gran capacidad y muy
veloz. Tiene que refrescarse para no perder la informacion.

DDRAM. Double Data Rate RAM. (Memoria RAM con doble tasa de
transferencia). La ventaja de estas memorias es que utilizan memorias
SDRAM pero pueden enviar informaciéon simultaneamente por dos
canales distintos en cada ciclo de reloj. La complejidad de esta memoria
es mayor pero la velocidad es el doble que una memoria SDRAM. Son las
memorias actualmente utilizadas por los equipos informaticos.

RELOJ
o LTI
MEMORIA DATOS| |DATOS| |DATOS| DATOS| |DATOS| |[DATOS
SDRAM

CANAL
MEMORIA  '|DATOs| |DATOs| [pATOS| |DATOS| |pATOS| [DATOS]
DDRRAM 5 /patos| |paTos| |DATOS| |paTos| |paTos| [DATOS)

Figura 1.12. Diferencias entre SDRAM y DDR RAM
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La memoria ROM

ROM Read Only Memory (memoria de solo lectura). Normalmente las ROM
se utilizan en equipos informaticos para albergar la BIOS. La BIOS son un
conjunto de rutinas o programas que realizan funciones sobre el hardware a
muy bajo nivel.

SAEE ST £ Y

Figura 1.13. BIOS de una placa base

Las BIOS en los equipos informaticos estan implementadas en un chip que
se aloja en la placa base. Las ROM han ido evolucionando con el paso del tiempo
y tras las ROM aparecieron las PROM (Programable Read Only Memory) que
eran ROMs pero de tipo programable, se podian programar mientras que las
ROM normales venian ya programadas de fabrica. Por ultimo aparecieron las
EEPROM (Electrically Erasable Read Only Memory) que son memorias ROM
que se pueden borrar y volver a programar con lo cual tienen la ventaja de que
pueden ser reescritas.

@ @) 3

ROM PROM EEPROM

Figura 1.14. Evolucion de las ROM

Unidades de entrada/salida y buses

La unidad de entrada salida es el elemento de la placa base que permite
interactuar el equipo con elementos como el disco duro, CD-ROM... Todos estos
elementos: disco duro, CD-ROM, unidades externas de almacenamiento... estan
interconectados a la CPU mediante buses. El bus es el elemento hardware de

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales
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comunicacién de los sistemas informaticos. Los buses se componen de varias
lineas metalicas por las cuales se transmiten datos. Hay buses de muchos
tipos, las siguientes imagenes corresponden a distintos buses:

Figura 1.15. Cable bus IDE. (Utilizado para Figura 1.16. Cable bus SATA. (Utilizado para
conectar placa base y lector éptico o HD) conectar placa base y HD/Unidad dptica en
equipos recientes. Sustituye al cable IDE)

La capacidad de un bus dependera del numero de lineas (anchura) y de
la velocidad con la que los datos fluyan por las mismas. Es igual que las
carreteras, pasaran més coches por una carretera mientras tenga més carriles
y los coches puedan circular més rapido.

Los periféricos

Figura 1.17. Ratén Figura 1.18. Tableta digitalizadora

Los periféricos son todos aquellos componentes electrénicos que interactiian
con el ordenador. Hoy en dia hay muchos periféricos o dispositivos electrénicos
que se pueden conectar a un ordenador como cdmaras fotograficas, cAmaras
de video, impresoras, ratones, teclados, pantallas, altavoces, tabletas
digitalizadoras, webcams...
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Los periféricos se conectan a los equipos informaticos a través de puertos y
es la unidad de entrada/salida situada en la placa base la que se encarga de la
gestion de los mismos.

v

Figura 1.19. USB Tipo A Figura 1.20. MiniUSB Figura 1.21. USB Tipo B
(macho) (macho) (macho)

Los puertos mas comunes son los USB aunque también hay otros puertos
que se estan utilizando cada vez mdas como el FireWire, HDMI...

Figura 1.22. Conector Firewire (hembra)

En la figura anterior se puede observar el conector Firewire hembra. El
puerto Firewire suele venir identificado en los puertos hembra con el siguiente
simbolo:

Figura 1.23. Logo Firewire
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éQuieres aprender mas sobre los periféricos?

El capitulo 4 estd dedicado completamente a los periféricos. En ese capitulo
estudiaras desde los periféricos mas comunes como el raton y el teclado hasta
los proyectores, escaner, impresoras, tarjetas de sonido...

(Qué es un driver?

Muchos periféricos de entrada/salida, sobre todo los mas complejos,
necesitan de algun tipo de software que permita al sistema operativo trabajar
con el dispositivo. Esto es asi porque cada dispositivo funciona de una manera
determinada y el sistema operativo no tiene por qué saber como funcionan
todos. Si fuese asi, un sistema operativo ocuparia cientos de discos y nada més
instalar el sistema operativo el sistema no tendria apenas espacio en disco
para programas de usuario.

Figura 1.24. CD de Drivers de un periférico

Muchos periféricos como impresoras, Webcams, cAmaras digitales y demés
suelen traer consigo un disco con los drivers. Los drivers o controladores son
unos programas que permiten al sistema operativo trabajar y reconocer el
dispositivo. Sin ellos simplemente no puede establecerse una comunicaciéon
efectiva entre el sistema informatico y el dispositivo.

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales
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................................................................................................................

COMPONENTES
ELECTRONICOS

................................................................................................................

Cuando observamos algin componente de un ordenador como una placa
base, una tarjeta de sonido, una tarjeta de red..., podemos observar una serie
de componentes interconectados unos con otros. Dichos componentes se pueden
clasificar en componentes activos y componentes pasivos.

Importante
Los componentes electronicos estan formados por componentes activos y pasivos
interconectados unos con otros.

Los componentes pasivos se han utilizado toda la vida en electricidad como
fusibles, cables, interruptores, condensadores...

Los componentes activos aparecieron en una primera generacioén con las
valvulas que permitieron crear aparatos electronicos como la television y la
radio. Posteriormente aparecieron los semiconductores que constituyen la base
de los circuitos integrados. En la actualidad, los microprocesadores que son los
componentes mas complejos estan formados a partir de circuitos integrados.

En la siguiente tabla se clasifican parte de los componentes activos y pasivos
mas comunes en sistemas microinformaticos:

Tabla 1.1. Componentes electronicos pasivos y

activos
Resistencia Pila
Condensador Transistor
Fusible Diodo
Transformador Circuitos integrados
Interruptor Microprocesador
Cable =
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(] COMPONENTES PASIVOS

La resistencia

Figura 1.25. Resistencia

La funcién de una resistencia dentro de un circuito electrénico es consumir
potencia. Las resistencias pueden estar fabricadas con distintos materiales
(vidrio, carboén, pelicula metalica...) y, dependiendo de las caracteristicas del
material, su resistencia sera diferente. También la resistencia depende del
largo, area transversal, densidad y la resistividad (éste es un parametro propio
de cada material) de la misma.

Las resistencias se miden en Ohmios (gracias al fisico aleman Georg Simon
Ohm) y se denotan por la letra griega Omega Q.

Los simbolos utilizados para representar las resistencias son los
siguientes:

1 —— — AN/

Figura 1.26. Simbolo de la resistencia Figura 1.27. Simbolo de la resistencia

Para saber qué valor tiene la resistencia éstas vienen con un cédigo marcado
con colores. En las resistencias mas grandes, dado que tienen una mayor
superficie, el valor del resistor puede ir marcado directamente en el cuerpo de
la resistencia.
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L —

Color 12 Cifra | 22 Cifra Multiplicadon Tolerancia
negro 0 0 100
marrén 1 1 107 +1%
rojo 2 2 102 2%
haranja 3 3 103 +3%
amarillo 4 4 104 +4%
verde 5 5 10° +0.5%
azul 6 5 100
violeta 7 6 107
gris 8 7 108
blanco 9 9 10°
oro 10-1 +5%
plata 10-2 +10%
sin color +20%
Figura 1.28. Tabla de colores para las resistencias
Importante

En el caso de que encuentres resistencias con 5 bandas, utiliza las 3 primeras
bandas como las 3 primeras cifras
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n EJEMPLO 1.1

En este ejemplo leemos los colores de la resistencia de izquierda a
derecha. La banda de la tolerancia esta siempre algo mas separada
de las otras tres. En este caso la resistencia serd de 260.000 Ohm o
bien 260 KOhm (kilo-Ohmios) con una tolerancia de un 10%

Color | 1o cifif | 22 §ifra [NultiNicado Tolerancia] [5T6T 0000
negro 0 I b \ 1\0
ME W L1 | 1%
P -t \o\ | o
naranja 3 Uos\ Z3% -
amarillo 4 104? +49% Tolerancig
verde 5 107\ | 05% 260.000 Ohm_ +10%
azul 6 4 106 \
violeta 7 e 107
gris 8 7 108
blanco 9 9 109 \
oro 10 5%
plata 102 110%
sin color £20%

Figura 1.29. Calculo del valor de una resistencia

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales 43



MONTAIJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

» Estas resistencias han sido extraidas de componentes electrénicos de
un equipo (placa base, fuente de alimentacién...). Atendiendo a los
codigos de colores averigua el valor de la resistividad para cada una
de ellas.

a. Resistencia N° 1 (verde-marrén-violeta-dorado)

Figura 1.30. Resistencia verde-marrén-violeta-dorado

b. Resistencia N° 2 (verde-marrdn-negro-dorado)

Figura 1.31. Resistencia verde-marron-negro-dorado

c. Resistencia N° 3 (rojo-violeta-marron-dorado)

Figura 1.32. Resistencia naranja-violeta-marrén-dorado
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El condensador

Figura 1.33. Condensador

a4

Atencioén: iPeligro!

Los dos sitios mas peligrosos a la hora de la manipulacion son el interior de la
fuente de alimentacion y el interior del monitor. No deberian abrirse salvo que
se sea un técnico especialista en este tipo de aparatos.

El condensador es uno de los componentes mas utilizados en circuitos
eléctricos. Se pueden encontrar condensadores en placas base, fuentes de
alimentacion, tarjetas graficas...

Figura 1.34. Detalle de una placa base en la que podrds encontrar multiples condensadores
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» Observa la figura anterior e identifica los condensadores que hay en
ella.

Importante
La cualidad que tiene el condensador es la de almacenar energia eléctrica.

Es un componente pasivo.
conductor
aislante

Figura 1.35. Composicién de un condensador

Esté formado por dos 1aminas de un material conductor (metal) separadas
por un material dieléctrico o aislante. Las laminas conductoras estan enrolladas
y situadas en la zona interna del condensador y estaran conectadas a las
patillas o terminales externos.

Tabla 1.2a. Secuencia de desensamblaje
completo de un condensador

Figura 1.37. Condensador anterior sin pldstico protector y
semiabierto

Figura 1.38. Contenido interior de un condensador
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Tabla 1.2b. Secuencia de desensamblaje
completo de un condensador

Figura 1.39. Contenido interior de un condensador desenrrollado

Figura 1.40. Detalle de las [aminas metdlicas separadas por un
dieléctrico

Observa en la siguiente figura el aspecto interno de un condensador. El
condensador se ha abierto y las laminas internas se han desenrollado para que
observes su contenido.

El simbolo utilizado para representar el condensador es el siguiente:

Figura 1.41. Simbolo del condensador

Existen multiples tipos de condensadores (lenteja, papel, ceramicos,
electroliticos...) cada uno con una forma diferente, pero los mas comunes en
equipos microinformaticos son los del tipo representado en la figura 1.33.

La capacidad de los condensadores se mide en Faradios (F).

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales
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El Transformador

Todos los ordenadores deben disponer de un transformador que suministre
corriente eléctrica. Los portatiles tienen un transformador que proporciona
una misma tensiéon o voltaje, mientras que las fuentes de alimentacién de
un equipo de sobremesa proporcionan diferentes voltajes. Internamente una
fuente de alimentacién tiene un transformador.

Figura 1.42. Fuente de alimentacion de un Figura 1.43. Transformador de un equipo portdtil
equipo sobremesa

Los transformadores funcionan de la siguiente forma:

]

l

A/
111!

Figura 1.44. Un transformador

Con un transformador se puede aumentar o disminuir el voltaje en un
circuito eléctrico. Esto se consigue gracias a un fenémeno que se llama
induccién. A un nucleo de hierro se le enrollan dos cables, al que esta conectado
a la entrada de corriente se le llama primario y al que esta conectado a la
salida, secundario. El primario provoca induccién sobre el secundario y de
esta manera dependiendo del nimero de vueltas que tengan las dos bobinas de
cobre, se aumentara o disminuira el voltaje del circuito.
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Figura 1.45. Transformador de una fuente de alimentacion

Las fuentes de alimentacién de nuestros equipos son méas que nada un
adaptador de corriente alterna AC a corriente continua DC, de ahi el nombre
del grupo de rock AC/DC. La fuente de alimentaciéon toma la corriente alterna
del enchufe y la transforma en corriente continua que suministrara a los
componentes del equipo (disco duro, placa base, lector éptico....). Estos sélo
trabajan con corriente continua. Ademaés de transformar la corriente alterna
en continua, la fuente de alimentacién reduce los voltajes y da como salida los
voltajes adecuados a cada dispositivo.

El fusible

Figura 1.46. Fusible

Los fusibles consisten en un hilo delgado de metal o una banda metalica de
tal manera que cuando la corriente de un circuito excede un valor determinado
esta banda o hilo se funde. Cuando se funde este hilo, el circuito queda abierto,
con lo cual no pasara maés corriente por él. Su funcién es proporcionar seguridad
a un circuito eléctrico evitando un exceso de corriente que podria causar un
fallo en otros componentes.
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Figura 1.47. Fusible ya fundido

La solucién a la rotura de un fusible es la reposicién del mismo. Simplemente
se sustituye por otro equivalente. En la figura anterior se puede observar la
fragilidad del filamento metélico.

Podemos encontrar un fusible en un equipo microinformético en las fuentes
de alimentacién o en un SAI (Sistemas de Alimentacién Ininterrumpida).

Figura 1.48. Detalle de un fusible dentro de una fuente de alimentacion
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[l COMPONENTES ACTIVOS

La pila

Figura 1.49. Pila convencional Figura 1.50. Pila botén

La funcién de toda pila es convertir la energia quimica en energia eléctrica.
Las pilas contienen un polo o electrodo positivo, un polo o electrodo negativo y
un electrolito (elemento quimico — que puede ser sélido, liquido o en pasta).

Cuando se conectan los dos electrodos (positivo y negativo) a un circuito
se produce corriente eléctrica. Un electrodo produce electrones (el negativo -)
y el otro electrodo los recibe (el positivo +).

.4----------

>

v
gl

Figura 1.51. Flujo de electrones en una pila

La potencia de una pila se mide en voltios (V). En la siguiente figura podras
apreciar que la pila botén de una CMOS lleva grabado su voltaje: 3 Voltios

(3V).

1 = INTRODUCCION A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
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= 1l =\ W/
= b= I\ /=
| G — N /X

Figura 1.52. Pila de la CMOS.

Podemos encontrar una pila botén de 3 Voltios en la placa base de los
ordenadores (pila botén tipo 2032) alimentando a la memoria CMOS de la
BIOS. Mas adelante se explicara con mas detalle qué funciones realiza esta
pila.

El transistor

El transistor esta compuesto a base de semiconductores, los cuales son la
base de los circuitos integrados.

Figura 1.53. Transistor

Podemos encontrar transistores en las memorias RAM, microprocesadores,
circuitos integrados... K incluso podemos encontrar transistores en aparatos de
la vida cotidiana como videos, televisores, microondas, calculadoras, ecégrafos,
aparatos de rayos X, frigorificos, lavadoras...
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Los transistores estan hoy en dia en todos los microprocesadores. Por
ejemplo, en un procesador Core 17 podemos encontrar alrededor de 731 millones
de transistores, los cuales van posicionados en capas superpuestas. El tamafio
del chip del Core i7 es de 263 mm?2 con lo cual podras hacerte cargo del tamafio
de los transistores insertados dentro de él.

El diodo

Figura 1.54. Diodos de una fuente de alimentacién

Un diodo permite el flujo de corriente eléctrica solo en un sentido. Es un
componente activo y esta formado por semiconductores (germanio o silicio). En
los equipos electrénicos también nos podemos encontrar con diodos LED (Light
Emitting Diode). Estos, como su nombre indica, emiten una luz que dependera
del material semiconductor empleado en la fabricacién del diodo. Este tipo de
diodos ademads de emitir luz visible pueden ser capaces de emitir luz ultravioleta
o infrarroja. Dado que su consumo es minimo se pueden encontrar diodos de
este tipo en indicadores luminosos como el del disco duro, encendido...

Figura 1.55.Diodo LED
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El simbolo utilizado para representar el diodo es el siguiente:

Figura 1.56. Simbolo del diodo

Los circuitos integrados

Figura 1.57. Circuito integrado dentro de una placa base

Los circuitos integrados estan formados por un chip o pastilla de silicio muy
delgada en la que por medio de la fotolitografia se crean circuitos eléctricos,
transistores... La fotolitografia es un proceso muy parecido a la antigua
litografia, en este caso en vez de tinta se usa la luz para dibujar. En los circuitos
integrados podemos encontrar los componentes pasivos y activos que hemos
estado viendo previamente (condensadores, transistores, resistencias...). La
finalidad de este circuito integrado es desempeniar la funcién para la cual ha
sido creado.

El microprocesador

. . Figura 1.59. Figura 1.60. Detalle de los pines de
Figura 1.58. Microprocesador Microprocesador AMD® un microprocesador AMD® Sempron
Intel® Celeron Dual Core Sempron
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Como se ha comentado anteriormente, un microprocesador esta formado
por millones de transistores y es a su vez un circuito integrado. También se le
nombra como CPU (Central Process Unit) o UCP (Unidad Central de Proceso).
Es la parte pensante del ordenador (equivalente al cerebro de una persona)
y su funcién es procesar la informacién del equipo informético. No s6lo en
los equipos informéaticos podemos encontrar microprocesadores, también se
encuentran en los teléfonos méviles, vehiculos, ascensores...

a4

éQuieres aprender mas sobre los microprocesadores?

El apartado 2.9 del capitulo 2 estd dedicado sélo a microprocesadores. En este
apartado podras aprender cémo estan hechos, cudles son sus caracteristicas,
tecnologia...

................................................................................................................

1 FUNCIONAMIENTO
" DEL ORDENADOR

................................................................................................................

(2] ;QUE TIENE UN ORDENADOR O SISTEMA
MICROINFORMATICO POR FUERA?

1 2 34 5 6

Figura 1.61. Puertos de un portatil

Ademaés de los elementos comunes a muchos aparatos electrénicos, los
ordenadores suelen tener una serie de puertos/conectores que cumplen una
determinada funcionalidad.
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En la figura anterior aparecen los puertos mas comunes en un aparato
portatil. Pasamos a enumerarlos:

Puerto USB. En él conectaremos ratén, cAmaras fotograficas...

Lector de tarjetas. Pueden leer los formatos de tarjetas mas comunes
(SD) o bien lectores con multiple formato.

Entrada microfono.
Salida auriculares. Utilizado también para conectar altavoces.

Salida VGA. Con él se puede conectar el portatil a un proyector,
television...

Puerto conexion de red RJ45 hembra. Normalmente utilizado para
conectarte a Internet.

En equipos sobremesa tenemos también conectores muy similares:

Figura 1.62. Conectores externos de un equipo sobremesa

En la figura anterior aparecen los puertos m4as comunes en un equipo

sobremesa. Pasamos a enumerarlos:

1.
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Salida VGA. Con él se podra conectar un portatil a un proyector,
television...

Salida television.

Salida DVI. Salida de video digital.
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4. Puertos de audio. Verde = auriculares, rosa = micréfono y azul =
entrada de linea.

5. Puerto conexion de red RJ45 hembra. Normalmente utilizado para
conectarse a Internet.

6. Puerto USB. En él conectaremos ratén, cimaras fotograficas...

7. Puerto RS-232. Se puede utilizar para configurar en modo consola el
modem, router...

8. Puerto paralelo. Antiguamente se conectaban impresoras a este
puerto, aunque actualmente éstas se conectan a un puerto USB.

9. Salida audio SPDIF.
10. Conector PS2 para el teclado.

11. Conector PS2 para el ratén.

a4

éQuieres aprender mas sobre los conectores?
El apartado 2.2 del capitulo 2 esta dedicado a ello. En este apartado conoceras
las caracteristicas de la mayoria de los conectores.

:QUE TIENE UN ORDENADOR O SISTEMA
MICROINFORMATICO POR DENTRO?

A continuacién vamos a ver qué tienen portatiles y ordenadores sobremesa
por dentro. Para comenzar, los portatiles suelen tener varias tapas en la parte
inferior donde poder acceder a parte de sus componentes. Normalmente los
componentes que usualmente se suelen ampliar:

" Disco duro

" Memoria

1 = INTRODUCCION A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
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Figura 1.63. Componentes internos de un portdtil

En la figura anterior citaremos cada uno de sus componentes:

1. Médulos de memoria. Colocados en cascada para ser mas accesibles.
2. Parte de la Placa base.

3. Disco duro. Viene protegido normalmente por una carcasa.

En los ordenadores sobremesa, al quitar la tapa lateral podemos ver y
acceder practicamente a todos los componentes:

Figura 1.64. Componentes internos de un equipo sobremesa
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En la figura anterior citaremos cada uno de sus componentes:

1. Fuente de alimentacion.

2. Microprocesador (tapado por el ventilador y el disipador).
. Tarjeta de video (en muchos equipos esta integrada en la placa base).
. Slot de expansién PCI.

3
4
5. Placa base.
6. Lector 6ptico.
7

. Disco duro.

FIZJE] FUNCIONAMIENTO BASICO DEL ORDENADOR

Cuando pulsamos el boton de encendido

1 Suministro de corriente.

Cuando pulsamos el botén de encendido situado en la parte frontal del
ordenador lo que hacemos es permitir que la corriente llegue a la placa
base y también al microprocesador, lectores 6pticos, discos duros y demés
dispositivos conectados.

2 La BIOS.

El microprocesador se inicia y carga la BIOS en memoria o directamente
lee la ROM (EEPROM) y la ejecuta desde ahi. La BIOS es un programa
(un software) cuya principal finalidad es cargar el sistema operativo en
memoria.

3El POST (Power On Self Test).

Posteriormente se empieza a ejecutar el POST. POST es el acrénimo
de Power On Self Test (Autotest de arranque). Los PC, los routers, las
impresoras, muchos equipos electrénicos e incluso los vehiculos hacen este
tipo de testeo cuando los encendemos. La finalidad es comprobar que el
sistema esta preparado para funcionar.
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La primera parte del POST es la BIOS la que hace la mayor parte de estas
comprobaciones para posteriormente dejar esa tarea a otros programas mas
especificos como la SCSI-BIOS, Video BIOS...

Entre otras cosas, el POST hace las siguientes tareas:

 Verificar la RAM y recuento de la memoria.

" Verificar la propia BIOS.

 Verificar dispositivos y buses de sistema.

" Ejecutar programas especificos como el SCSI-BIOS, Video BIOS...

v Tendra que tener un interfaz accesible al usuario para poder configurar
los diferentes parametros.

" Seleccionar el dispositivo desde el cual va a arrancar el sistema
operativo.

v Asignar canales DMA e IRQ.

Hay que decir que no es igual un arranque del ordenador cuando esta
apagado, que un reseteo. Al resetear un equipo, parte de la BIOS ya esta
cargada en la RAM y obviamente hay fases que se pueden obviar puesto que
ya han sido comprobadas.

4Bﬁsqueda del sector de arranque o Master Boot Record (MBR).

Es el siguiente paso que se produce en el arranque del ordenador. La BIOS
va buscando el dispositivo de arranque segun la secuencia de busqueda
que esta predeterminada en la misma (esta secuencia se puede modificar
en la BIOS, haciendo que arranque primero desde el disco duro, lector de
DVD...). El sector de arranque es el primer sector de todo disco. Cada sector
contiene 512 bytes y el primer sector o sector 0 es el sector de arranque del
disco. Es aqui donde buscara la BIOS para arrancar el sistema operativo.
Normalmente en esos 512 bytes se encuentra un pequeno programa (Boot
Manager) que realiza la carga del sistema operativo.

5 Cargar el Boot Manager y ceder el control al sistema operativo.
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El Boot Manager es un pequefio programita que permite cargar el sistema
operativo. Su funcién es cargar el sistema operativo elegido por el usuario en
el caso de que haya varios sistemas operativos instalados en dicha maquina.
Gracias a este programa nos permite tener varios sistemas operativos en
una misma maquina. Existen multiples programas de este tipo dependiendo
del sistema operativo, los mas conocidos son los siguientes:

 Sistema operativo Linux
- LILO
- GRUB
 Sistema operativo Windows®

- NTLDR

6Carga del sistema operativo

Esta es la Gltima fase en el arranque del ordenador. Mientras el sistema
operativo no se haya cargado en memoria no podremos ejecutar nuestros
programas de usuario. Este paso se explica con mas detalle en el siguiente
punto.

@ ®

La El
BIOS POST

Suministro
de
corriente

(6 )
Cargar el Busqueda del
Boot sector de
Carga del Manager arranque
sistema y ceder el o
operativo control al Master Boot
sistema Record
operativo (MBR)

Figura 1.65. Proceso de arranque de un ordenador
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Cuando carga el sistema operativo
Una vez que el gestor de arranque o Boot Manager toma el control:

En el caso de que se tengan varios sistemas operativos instalados en
nuestro equipo, este programa preguntara cual sistema operativo
deseamos cargar.

En caso de que solamente se tenga un sistema operativo instalado en el
equipo lo ejecutara sin m4s.

Una vez que se empieza a cargar el sistema operativo lo primero que se
carga es el nucleo o kernel del mismo. Es la parte que realiza las operaciones
mas basicas del sistema operativo. Una vez cargado el ntcleo se comienzan
a activar los demas procesos que realizan las operaciones de nuestro sistema
como las funciones de red, funciones de sonido, funciones de visualizacién,
escritorio...

Cuando ejecuto un programa

Cuando ejecutamos un programa (dando doble clic al icono, seleccionandolo
de un mend...) Lo que hace el sistema operativo es localizar ese programa
en memoria secundaria (disco duro normalmente) y se lo trae a memoria
principal.

DISCO DURO

i

MEMORIA

i

MICROPROCESADOR

Figura 1.66. Los programas se cargan del disco duro a la RAM
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No es posible ejecutar un programa desde memoria secundaria dada la

diferencia de velocidad entre una y otra. Mientras que la velocidad de acceso

a la memoria RAM se mide en nanosegundos, en los discos duros se mide en

milisegundos, con lo cual la diferencia de velocidad es de un milléon de veces

mas rapida la RAM que un disco duro. Con esta tasa lo normal es utilizar la
RAM sin lugar a dudas. Imaginate que los programas son un millén de veces
mas lentos en su ejecucion...Dejariamos de utilizar los ordenadores y nos

cambiariamos al boligrafo y papel otra vez.

RESUMEN DEL CAPITULO

Introduccién

*Hardware y Software «Sistema Operativo
conceptos | «Programa «Sistema Informatico
«Aplicacioén informatica  sFirmware

*Bloques
Equipo sLa Memoria
Microinformatico | «Unidades de entrada salida y buses

«Los periféricos

Los drivers |

*Resistencia  +Transformador
+Condensador eInterruptor
Fusible «Cable

/ Pasivos
Componentes

e +Pila AR
Electrénicos . . «Circuitos integrados
\ Activos -Z_ragslstor Microprocesador
*dioco

» Internas
Partes de un ordenador
Externas
Funcionamiento

del ordenador «Cuando lo encendemos

Eggiilgnamlento «Cuando cargamos el SSOO
*Cuando ejecuto un programa

Figura 1.67. Esquema del capitulo

Este capitulo es una preparacion para afrontar con éxito los conocimientos

que se van a adquirir en el resto del modulo. En primer lugar se

estudian conceptos basicos como puede ser el software y el hardware (o
el firmware), qué es un programa o una aplicacién informatica y qué es
un sistema informatico y un sistema operativo.

También se estudian de forma sencilla las partes de un sistema

microinformatico (memoria, periféricos, unidades de E/S...).
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En el apartado 1.3 se estudian los componentes electronicos de los
que estan formados los equipos informaticos y otros dispositivos.
Se hace una clasificacién de estos componentes en activos y pasivos
segun sea su naturaleza para una mejor comprension. El alumno tras
estudiar estos componentes podra distinguir en una placa base, fuente
de alimentacion, tarjeta de expansion... algunos de los componentes
estudiados (el alumno pasara de ver un cilindro con dos patas como un
condensador, un cuadrado negro con muchas patas como un microchip
o circuito electroénico...).

Por tltimo, se estudia el funcionamiento del ordenador de una manera
muy facil de entender. En este apartado el alumno conocera qué es lo
que ocurre cuando se enciende el equipo o cuando se carga el sistema
operativo e incluso cuando se ejecuta un programa. Detras de esas
acciones ocurren ciertas cosas que el alumno aprendera.

EJERCICIOS PROPUESTOS

Para la realizacién de algunos de los siguientes ejercicios necesitaras conexion
a Internet.

m 1. Cuanto cuesta el Ultimo sistema = 2. Cé6mo puedo conectar el PC a la

operativo Windows® y cuédnto cues- television, qué cables necesito y co-
ta alguna distribucién Linux como mo realizaria las conexiones. En el
Ubuntu, Suse Linux o Fedora. caso de que existan varias formas de

conectar PC y television cual es la
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que me dara mejor calidad de ima-
gen. (Imagina para este supuesto
que tengo una televisiéon de ultima
generacion con todo tipo de conecto-
res).

3. Enumera y explica qué ventajas
tienen los sistemas operativos basa-
dos en Linux frente a los sistemas
operativos Microsoft (XP, Vista,
7...).

4. Investiga si los teléfonos méviles
méas modernos (smartphone) tienen
algtin tipo de firmware o sistema
operativo y si este se puede cambiar
o actualizar.

5. Encuentra para qué sirve un SAly
si existen SAI de uso doméstico y qué
rango de precios tienen. Averigua las
caracteristicas que tienen y justifica
las diferencias de precios.

6. Pregunta para discusion en clase:
(Es el sistema operativo un progra-
ma?

7. Explica para qué sirve el refresco
de memoria. ;Es necesario el refres-
co de memoria en memorias de al-
macenamiento masivo?

8. En casa de un amigo se va con
frecuencia la luz y a consecuencia
de ello tiene problemas de pérdida
de datos cuando utiliza su ordena-
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dor (que es gran parte del dia). ;Qué
solucidn le propondrias a este amigo
justificandola convenientemente?

9. Investiga qué tipo de memoria
RAM (SDRAM, SRAM, DDRAM...)
tiene tu equipo (casa o clase) y qué
caracteristicas tiene dicha memo-
ria.

10. Explica que es el POST y para
que sirve. Qué significan dichas si-
glas y cuando se ejecuta.

11. Del interior de algtn equipo,
tarjeta de expansidn..., identifica y
explica brevemente los componentes
pasivos y activos que encuentres.
Cita s6lo uno de cada tipo. El ejerci-
cio quedara mucho mejor si puedes
pintar los componentes o mejor utili-
zar alguna fotografia de los mismos.

12. Averigua qué tipo de BIOS utili-
za tu ordenador (AMI, AWARD...).

13. /Para qué sirve la pila de la
BIOS? ;Qué sucede cuando ésta deja
de funcionar?

14. Busca en Internet qué es un po-
tenciémetro. Una vez que compren-
das cémo funciona y cuédl es su fun-
cién piensa si es un elemento pasivo
o activo.
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m 15. Empareja cada componente con
la frase que mejor lo describa o se
ajuste.

Componentes Frases

Esta compuesto a base de

Resistencia :
semiconductores.
Esta formado por millones de
Condensador3 i
transistores.
Fusible5 Almacenar energia eléctrica.
Transformador Se miden en Ohmios.
Cuando se funde este hilo, el
Interruptor L i
circuito queda abierto.
Internamente una fuente de
Cable . o
alimentacion tiene uno.
Estan formados por un chip o
pastilla de silicio muy delgada
Pila en la que por medio de la
fotolitografia se crean circuitos
eléctricos.
. Convierte la energia quimica en
Transistor , L
energia eléctrica.
5 Permite el flujo de corriente
Diodo . k
eléctrica solo en un sentido.
Circuitos
integrados

Microprocesador -
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electronicos se deben quedar sin em-

parejar.

m 16. Empareja cada concepto con la fra-
se que mejor lo describa o se ajuste.

Conceptos

Frases

La memoria
central o
memoria RAM

Lector dptico

El firmware

El procesador

Los drivers o
controladores

Un programa

Tasa de
transferencia

Son unos programas que permiten
al sistema operativo trabajar y
reconocer un periférico.

Esta formada por unas celdillas
(biestables) que almacenan
informacion en formato binario
(ceros y unos).

Es el software que contiene el
hardware.

Puede dividirse a su vez en unidad
aritmética y unidad de control.

Es una serie de 6rdenes o
instrucciones ordenadas con una
finalidad concreta que realizan una
funcién determinada.

Es la cantidad de informacién por
unidad de tiempo que se transfiere
por un dispositivo.

Es un dispositivo que utiliza
tecnologia dptica para leer CD o
DVD.

Una vez que realices el ejercicio ve-
rifica la solucién en los apartados
correspondientes. 2 componentes
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TEST DE CONOCIMIENTOS

]. DVD es el acrénimo de:
a) Digital Versatile Disk
b) Domestic Versatile Data
¢) Digital Video Disk

2Un sistema operativo es un:

a) Firmware que hace que un equi-
po funcione correctamente.

b) Es un software o conjunto de pro-
gramas que hace que los progra-
mas de usuarios funcionen en un
hardware determinado.

¢) Es un software o hardware que
permite que un equipo funcione
minimamente.

3La UCP estéa formada por:

a) La unidad aritmética, la unidad
de control y la memoria princi-
pal.

b) La unidad de control, los periféri-
cos de entrada/salida y la memo-
ria principal.

¢) La memoria principal, la unidad
de control y los periféricos.

4Cué1 de las siguientes frases es
falsa:

a) La memoria central o memoria
RAM esta formada por unas cel-
dillas (biestables) que almacenan
informacién en formato binario.

b) DRAM. Tiene poca capacidad de
almacenamiento y para que no
se pierda la informacién que con-
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tiene se refresca por cada ciclo de
reloj.

¢) A diferencia del sistema operati-
vo, que también es un software,
una aplicacién informatica no
esta tan en contacto con el hard-
ware del equipo.

5Son componentes pasivos:

a) Resistencia, Pila, Condensador,
Fusible, Transformador,
Interruptor y Cable.

b) Resistencia, Diodo, Condensador,
Fusible, Interruptor y Cable.

c¢) Transformador, Resistencia,
Condensador, Fusible,
Interruptor y Cable.

6La funcién de una resistencia dentro
de un circuito electrénico es:

a) Resistir la temperatura.

b) Almacenar energia.

¢) Consumir potencia.

7Cué1 de las siguientes afirmaciones
es falsa:

a) La funcién de toda pila es conver-
tir la energia quimica en energia
eléctrica.

b) Los transistores aparecen hoy en
dia en los microprocesadores.

¢) Un diodo permite el flujo de co-
rriente eléctrica en ambos senti-
dos.

67



68

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

80ué1 de las siguientes frases es
falsa:

a) Podemos encontrar un fusible en
un equipo microinformatico en
las fuentes de alimentacién o en
un SAIL

b) Los fusibles consisten en un hilo
grueso de metal o una banda me-
talica de tal manera que, cuando
la corriente de un circuito excede
un valor determinado, esta ban-
da o hilo se funde.

¢) La CPU es la parte pensante del
ordenador y su funcién es pro-
cesar la informacién del equipo
informatico.

9Uno de los siguientes programas no
es un Boot Manager:

a) LILO

b) Central Boot

c¢) NTLDR

1 OLa BIOS:

a) Es un programa que se almacena
en la RAM cuando se apaga el
equipo.

b) Es un programa que se ejecuta si
al arrancar el ordenador se pulsa
la tecla “del” o “supr”.

c¢) Es un programa cuya principal
finalidad es cargar el sistema
operativo en memoria.

© RA-MA



Elementos internos
de un sistema
microinformatico

Objetivos del capitulo

v Conocerds més a fondo todos

los componentes internos de un
equipo informatico. Aprenderas
las funciones que realiza y para
qué sirve cada uno de ellos y
sus caracteristicas.

Se ampliaran los conocimientos
del capitulo 1y se estudiaran
en profundidad los componentes
internos de un equipo
informatico. En posteriores
capitulos se ampliaran estos
conocimientos y se conoceran
algunas caracteristicas mas de
estos componentes.

Los conceptos que aprendas

en este capitulo van a ser

de suma importancia para
capitulos posteriores en los que
aprenderas a ensamblar cada
uno de estos componentes.
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2.

........

2 = ELEMENTOS INTERNOS DE UN SISTEMA MICROINFORMATICO

........................................................................................................

1 CONCEPTOS IMPORTANTES
DEL CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

AC97. Es el estandar de audio de Intel. Se utiliza principalmente en
placas base y tarjetas de sonido. Reemplazado por High Definition Audio
que es capaz de ejecutar mas canales de mejor calidad que AC97.

Alta definicion. Es un sistema de video que posee mayor resolucién
que la definiciéon que normalmente es la estandar.

Asincrono/sincrono. Sincrono quiere decir que hay un intervalo
constante entre cada evento y asincrono es justamente lo contrario, el
evento ocurre sin tener en cuenta el tiempo.

Coma flotante. Utilizando la representacién de nimeros en coma
flotante se obtiene mayor precisién en las operaciones y se puede
representar un rango mucho mas amplio de nimeros. Las operaciones
en coma flotante son muy complejas y necesitan méas capacidad de
procesador que una operacién normal.

Cuello de botella. En algunas configuraciones hay elementos que son
mas lentos que otros lo cual implica que el sistema trabaje a su ritmo de
un modo mas lento. Analogo al cuello de una botella, mientras el cuello
sea mas estrecho menos liquido permite pasar.

Fan. Ventilador.

Factor de forma. El factor de forma son las dimensiones y orientacién
de la placa base asi como sus conectores.

Fakeraid. Es un tipo de RAID (software) creado por la BIOS pero
gestionado por el sistema operativo. Se le puede llamar también
pseudoraid.

Flash Nand. Existen dos tipos de memorias flash, las NOR y las NAND.
Ambas son tecnologias distintas pero las NAND son més baratas y
rapidas, por eso son las mas implementadas.

71



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

m FSB. Front Side Bus o bus frontal. Es el bus que interconecta
los principales elementos de un equipo (procesador, memoria y
northbridge).

B Gigahercio. Un gigahercio es mil millones de hercios que es la unidad
de frecuencia.

B Infrarrojos. Los infrarrojos se utilizan en informatica para
comunicaciones como la fibra 6ptica, comunicacién del ordenador con
sus periféricos, mandos a distancia...

® Nanoémetro. 10-9 metros. Es la millonésima parte de un milimetro.
B Nanosegundo. Es la millonésima parte de un milisegundo.

u Placa base, placa madre o motherboard son lo mismo. Se suele
utilizar mas el nombre de placa base aunque puedes encontrar en
Internet o en libros las otras nomenclaturas.

u RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Es un sistema
que se utiliza sobre todo en discos duros y que permite duplicar la
informacién en dos o més discos de tal manera que en caso de fallo
fisico de alguno de ellos se pueda obtener la informacién a partir de la
almacenada en los restantes discos sanos.

B Subwoofer. Un subwoofer es un altavoz que reproduce los sonidos
graves. En un conjunto de altavoces suele ser el mas grande.

m Unidad éptica. Por unidad éptica se entiende los dispositivos que
utilizan tecnologia 6ptica para leer o escribir en sus respectivos soportes,
como pueden ser los lectores de CD/DVD, regrabadoras de CD/DVD,
unidades blu-ray...

................................................................................................................

................................................................................................................

Los conectores tanto internos como externos de un equipo informético
nos van a servir para conectarlo a un dispositivo, periférico o anadirle algin
componente interno que amplie la funcionalidad del equipo.
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En un equipo podemos encontrarnos conectores externos que normalmente
van a permitir conectarse al equipo a una red o a un periférico (ratéon, teclado,
altavoces, monitor...). También existen conectores internos que permiten al
equipo conectar discos duros, lectores dpticos, tarjetas de expansion...

PF3] CONECTORES EXTERNOS

Subwoofer
Altavoz central

Altavoces
S/PDIF traseros

2 Entrada
electrico

sonido
Ethernet / de linea
\ - . Salida

@ (® «— altavoces
frontales
(e (o

Entrada
micréfono

Altavoces

SIPDIF py use laterales
optico

Figura 2.1. Conectores externos de una placa base

Puertos PS/2 para teclado y raton

Se denominan asi porque aparecieron por primera vez en el IBM PS/2.
Verde para el ratén y morado para el teclado.

Figura 2.2. Conectores PS/2
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Puertos USB (Universal Serial Bus)

Su principal ventaja es el Plug and Play (conectar y listo) incluso con el
ordenador encendido (Hot Plug). E1 USB 2.0 ofrece 480 Mbits/s (60MBytes/s)
como maximo de velocidad

Figura 2.3. Puerto USB

a4

éQuieres saber cual sera el siguiente estandar de USB?
En los apartados 9.8.1 y 9.8.5 del capitulo 9 explica cual sera el USB del
futuro.

Puerto paralelo o LPT1 o puerto de impresora

Utilizado antiguamente para la impresora aunque actualmente se utiliza
el USB. Tiene 25 pines y actualmente est4 en desuso.

Figura 2.4. Puerto paralelo
Puertos serie o puertos COM

Empleados para modems y dispositivos lentos. Tienen 9 pines. Actualmente
en desuso.
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Figura 2.5. Puerto serie

a4

Recuerda
No confundir este puerto serie con el puerto paralelo de la impresora LPT1.

Puertos VGA y DVI para el monitor

El puerto VGA (Video Graphics Array) es el clasico conector analégico de 15
pines (normalmente color azul).

Figura 2.6. Conector VGA

El conector digital es el DVI (Digital Visual Interface) esta disefiado para
obtener la mejor calidad de imagen en monitores digitales (normalmente de
color blanco).

Figura 2.7. Conector DVI

75




MONTAIJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

Puertos FireWire o IEEE 1394

Figura 2.8. Logo FireWire

Puerto serie de gran velocidad. 6 pines el normal y 4 el puerto mini.
Velocidades de 400 Mbits/s (50 MB/s) y 800 Mbits/s (100 MB/s). Se emplean
para edicién de video digital y dispositivos de almacenamiento de datos de
calidad. Puede alimentar eléctricamente mejor a los aparatos que el USB y la
velocidad de 400 Mbits/s en la practica es mas veloz que el USB 2.0.

Figura 2.9. Puerto FireWire

Puerto eSATA (SATA externo)

Permite conectar discos duros externos SATA a la misma velocidad que
uno interno.
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Figura 2.10. Puerto eSATA

Es un puerto que a primera vista puede parecer un puerto USB aunque el
ntmero de contactos y disposicién es distinta.

Puerto para joystick / MIDI

Practicamente en desuso. Este puerto y el del joystick se han reemplazado
por el puerto USB maés universal.

Conectores de sonido

Lo normal es encontrar como minimo tres clavijas mini-jack, una para
altavoces, otra de entrada de linea y otra para entrada de micr6fono. En ciertas
placas base modernas se pueden encontrar conectores digitales S/PDIF, RCA
para cable coaxial o TOSLINK (conector cuadrado) para cable 6ptico.

o @
® (=
(e (o

Figura 2.11. Conectores de sonido

Puerto RJ45 para red LAN

Conector similar al del teléfono pero mas ancho pues tiene mas cables y
pines de conexion.

————

e

Figura 2.12. Puerto RJ45
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PIF3F) CONECTORES INTERNOS

Conector ATX 20+4

T IEIE v
CLLLLI™

Figura 2.13. Conector ATX 24 Hembra

Este conector es el que proporciona energia a la placa base. Suele conectarse
un macho que viene de la fuente de alimentacién al conector hembra situado en
la placa base. Es un conector de 20 o 24 pines. El de 24 pines es m4s reciente
que el de 20. Las placas que tienen un conector hembra de 24 contactos admiten
un conector macho de 20 contactos si éstos se colocan en los pines 1y 13.

Conector ATX 12V 4/8

Figura 2.14. Conector ATX 12 V 8 clavijas Macho

Los conectores ATX de 12 voltios se utilizan para alimentar al procesador.
Existe una clavija hembra en la placa base y una macho que viene de la fuente
de alimentacion. Se pueden encontrar clavijas de 4 y 8 pines. Los 8 pines
aportaran una energia extra.
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Figura 2.15. Conector ATX 12V 4 clavijas Hembra

a4

Recuerda

No confundir el conector ATX 12V 8 pines con el descrito abajo PCle 6+2. Aunque
son parecidos, si se intercambiasen pueden dafiar la tarjeta grafica y la placa
base. Los conectores recientes ya han eliminado este problema siendo imposible
conectar un PCle 8 pines en un ATX 12V 8 pines hembra y viceversa.

Conector PCle 6+2

Figura 2.16. Conector PCle 6+2

Es un conector que aporta un voltaje extra a las tarjetas graficas modernas
que en principio son las Unicas que utilizan este tipo de conector.
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Puertos IDE o ATA paralelo para discos duros y unidades 6pticas

Podemos encontrar uno o dos puertos. Tienen 40 o 39 pines. El pin 20 no
tiene ninguna funcién salvo impedir que se pueda colocar el cable en una
posicién incorrecta.

Figura 2.17. Puerto IDE

Puerto de disquetera (FDD)

Tiene 34 pines y esta en desaparicién. Es un puerto de apariencia similar
al puerto IDE o ATA.

Puertos SATA (Serial ATA)

Aunque empezaron las placas base teniendo solo 2 puertos, lo mas légico
es que tengan 4 6 6. Actualmente, tanto el disco duro como los lectores 6pticos
actuales se conectan mediante este conector a la placa base.

Figura 2.18. Puerto SATA

a4

éQuieres saber cuales seran los nuevos interfaces SATA?
En el apartado 9.4.2 del capitulo 9 explica el nuevo estédndar SATA III (sucesor
del SATA II).
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Conectores para ventilador (fan)

Se pueden encontrar en la placa base méas de un conector de este tipo. Se
suelen etiquetar como CPU FAN o SYSTEM FAN y son desde los clasicos de
3 pines hasta los actuales de 4 pines los cuales incluyen la opcion PWM de
control de velocidad.

Figura 2.19. Conector macho del system fan

Conectores para puertos USB adicionales

En algunas placas se pueden encontrar mas puertos USB de los que se
encuentran soldados en la parte trasera del equipo. Estos puertos USB internos
pueden necesitarse para instalar algin panel frontal u otro dispositivo.

Existen también tarjetas de expansién que van a permitir aumentar al
equipo el namero de puertos USB externos y también internos. En el caso de
que la placa base carezca de puertos USB internos y se tenga necesidad, ésta
es una posible solucién.

Conectores para la caja del PC

Son un grupo de conectores (parecidos a los Jumpers) que permiten
conectar:

 El cable de encendido (Power SW)

" Luces LED de alimentacién (Power LED) y actividad del disco duro
(HDD LED)

v Altavoz interno (PC speaker)

" Botén de reset (Reset SW)
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Figura 2.20. Conectores de la caja del PC

Recuerda

Los conectores LED tienen polaridad, esto quiere decir que existe un pin positivo
y otro negativo que tienen que estar correctamente colocados. Si se colocan al
revés el LED no se encenderd, en ese caso sélo con darle la vuelta al conector
deberia funcionar.

En muchas placas base se indica dénde tienen que ir colocados estos
conectores. Si hay alguna duda basta con utilizar el manual de la placa base.

Conectores para el panel frontal de la caja del PC

Sirven para conectar los USB frontales y de sonido del frontal de la caja. En
ocasiones podemos encontrar conectores Firewire y salida de TV.

Figura 2.21. Conector de los puertos frontales USB de la caja

© RA-MA
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Conectores de sonido internos

Los encontraremos en las placas base que tengan tarjeta de sonido integrada.
Serviran como entrada de sonido del CD u otro dispositivo interno.

Figura 2.22. Conector de sonido de la placa base al lector dptico

Conector Wake On LAN (WOL)

Conector de 3 pines y poco frecuente. Permite conectar la tarjeta de red a
la placa base de tal manera que se pueda encender el equipo desde la red. Una
vez conectados placa base y tarjeta de red por sus conectores WOL se debera
habilitar esta funcién en la BIOS. Dependiendo de la BIOS puede llamarse de
distinta manera. Puede ser algo parecido a esto:

Power On by PCI Card [Enabled]
ake On LAN/Ring Connector [Enabled]

Conector Wake On Ring

Igual que el anterior pero el encendido del equipo se haria mediante
médem.

Conector de infrarrojos (IR, IrDA)

Permite dotar al equipo de un médulo de infrarrojos. En la BIOS habria
que asociarlo a un puerto serie y permitiria comunicar el equipo a teléfonos
moviles, PDA’s...

2 = ELEMENTOS INTERNOS DE UN SISTEMA MICROINFORMATICO
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................................................................................................................

2 3 LA CAJA
5 O CHASIS

................................................................................................................

Sabias que
Una de las causas de averia de los discos duros y lectores 6pticos son las
vibraciones y torsiones que la caja no puede amortiguar.

PIEN] MATERIAL DE LAS CAJAS

Chapa troquelada

Las cajas de chapa troquelada (chapa gris) son las mas comunes en el
mercado. Hay que evitar las cajas de bajo coste con chapa muy fina en las que
la gran parte de la rigidez la proporcionan los paneles laterales, frontales y
elementos que se fijan en su interior (placa base, lectores...).

Aluminio

Cada vez son mas las cajas que utilizan este material en su construccién
pues reune unas caracteristicas 6ptimas para el chasis (es un material rigido
y liviano). Muchas de las cajas suelen combinar aluminio en los frontales y
partes mas visibles y chapa troquelada en otras partes. Otros materiales como
el acero serian adecuados pero el peso hace que no sea operativo utilizarlos.

P2l FORMATOS MAS USUALES

a4

Sabias que
El formato de la caja va intimamente ligado al de la placa base. Cada caja admite
un tipo de placas base y viceversa.
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Semitorre ATX
Las proporciones aproximadas de estas cajas son las siguientes:
v Alto (cm): 44
" Ancho (cm): 21

" Fondo (cm): 51

Este es el formato més vendido con diferencia gracias a su precio y
posibilidades de expansidn.

Torre EATX

Formato muy utilizado cuando se necesitan muchas bahias externas de 5
Y (normalmente tienen 5 o mas) o internas de 3 %. Estas cajas normalmente
suelen ser de mejor calidad que las semitorre o torre ATX dado que se suele
utilizar este espacio extra para una mejor ubicacién de los componentes dentro
del equipo y una mejor ventilacion.

Micro ATX

Este modelo de cajas ocupan muy poco espacio lo cual implica que suelan
llevar solamente 1 bahia externa de 5 %. Las placas soportadas son placas
de pequenas dimensiones (tipo micro-ATX o similares). Es posible que no sea
compatible con disipadores méas voluminosos que los que vienen de serie con
los procesadores.

Mini ITX

Suelen llevar una bahia formato Slim (portatiles) para lectores dépticos, al
igual que un alojamiento para un disco duro de portatil (formato ODD). Las
placas soportadas son las mini-ITX. Las fuentes de alimentaciéon que llevan
estas cajas suelen ser de baja potencia (150W). Estas cajas no estan pensadas
para su posible expansién. Existen cajas mds pequenias que éstas como las
pico-ITX.
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a4

Existen cajas llamadas barebones éQuieres saber qué son?
En el apartado 9.7 del capitulo 9 explica qué es un barebone y un HTPC.

PYEJE] POSIBILIDADES DE EXPANSION

Las bahias son las posibilidades de expansion de una caja. Los formatos
son:

v 5 Y%. Utilizada principalmente por lectores 6pticos.
v 3 %. Utilizada principalmente para discos duros.

Lo minimo exigible en una caja salvo aquellas que disponen de muy poco
espacio son 2 bahias de 5 % y 2 bahias de 3 %.

Figura 2.23. Sistema de fijacién de las bahias

La fijacién mas usual es mediante tornilleria pero en cajas de mas calidad
suelen utilizarse sistemas de guias que permiten una instalacién méas rapida
(salvo la primera vez) y comoda.
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a4

éNecesitas informacion sobre las fuentes de alimentacion?
En el apartado 7.3 del capitulo 7 se explican las fuentes de alimentacion en
profundidad.

................................................................................................................

2 LA PLACA
" BASE

................................................................................................................

PIZI] FORMATOS MAS USUALES

a4

Sabias que

Antiguamente AMD® e Intel® empleaban el mismo tipo de placas base. Desde
hace muchos anos esto ya no es asi.

El formato més usual es el ATX (Advanced Technology eXtended), también
el mini-ATX es muy usual. De momento se resiste a ser sustituido por formatos
mas avanzados y de dimensiones mas razonables.
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Figura 2.24. Esquema de una placa ATX
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Las ventajas principales de estas placas son: una mejor ventilaciéon al

situarse la CPU justo debajo de la fuente de alimentacién recibiendo aire fresco

de ésta y menos marana de cables, pues los conectores estan més cerca de los

discos duros y unidades.

Adema3s de las placas ATX abajo en la tabla se muestran otros factores de

forma muy usuales:

Tabla 2.1.

Dimensiones
(AltoxAncho) mm

ATX

Mini-ATX

Micro-ATX

FlexATX

BTX

MicroBTX

DTX

Mini-DTX

Mini-ITX

Nano-ITX

Pico-ITX

305%244

284x208

244x244

229x191

325x267

264x267

203x244

203x170

170x170

120x120

100x72

Sabias que

El formato BTX es el formato propuesto por Intel para que en un futuro sustituyese
al ATX aunque es complicado encontrar placas y cajas BTX puesto que sus

ventajas no estan nada claras.
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PIZIF) FORMATOS MAS REDUCIDOS

La reduccién de tamanio de las placas Mini-ATX, MicroATX o MicroBTX
no es mucha, simplemente reducen dos o tres ranuras de expansién y la placa
resultante sigue siendo bastante grande.

La reduccién real se lleva a cabo por ejemplo en las placas Mini-ITX, Nano-
ITX y Pico—ITX. Mini ITX es un formato que tiene mucho éxito. Normalmente
estas placas base tienen al menos una ranura de expansién y muchos
dispositivos integrados como sonido 7.1, canales con salida digital, red Gigabit,
SATA, etc...

PAZ%] ELEMENTOS DE LA PLACA BASE

Conector ATX Conector Conectores
24 PINES IDEIPATA  SATA 3 GBIs
NorthBridge
Slots Memoria | AMD 6308
DDR2 (Dual
Channel) SouthBridge
AT| SB600
Socket AM2
gont_ect:r Conector
orriente { Flo Disk
4 Pins (CPU) " i
-
Slots PCI

Slots PCI Slots PCI Slots PCI
Express X16 EXpress X1 Express X4

Figura 2.25. Elementos de una placa base

a4

éQuieres saber como se monta una placa base?
En el apartado 5.5.2 del capitulo 5 explica como se fija la placa base al chasis
de la caja.
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EL SOCKET O ZOCALO DE LA CPU

Es el conector donde se inserta el microprocesador. Los primeros
microprocesadores estaban soldados a la placa base o insertados en zdcalos
donde era imposible sacarlos. Los formatos de zdécalos actuales méas utilizados
son PGA y LGA. Los zécalos ZIF pueden considerarse como un subtipo de
zécalos PGA. Aparte de estos zdcalos existen otros menos utilizados como los
zécalos en slot similares a un slot de una tarjeta de expansién.

Tabla 2.2a.

N° contactos
/aino
introduccion

Microprocesadores

Soportados

AMD® : Athlon64, ZIF, sin soporte de

Socket 754 7 Sempron, turion64 Dual Channel

AMD® : Athlon64
Socket 939 939 / 2004 /64FX/64X2, Sempron,
Opteron

ZIF, soporta Dual
Channel

ZIF, z6calo para
servidores, acepta
memoria registrada

AMD®: Opteron,

Socket 940 940 / 2004 Athlon64 FX

AMD®: Athlon64

AM2 940 /2006  /64FX/64X2, Sempron, 2L+ SOPOrta memoria

Opteron, Phenom DR
AMD®: Mismos que AM2
mas los Phenom II (720 , Hypertransport
AM2+ 940 / 2007 810, 920 ,940 , X3-710  3.0. Mejora ahorro
, X3-720 , X4-810 , energético
X4-955)
AMD®: Todos los Phenom
I para AM2+ mas los ZIF. Soporte
AM3 938 / 2009 exclusivos para AM3 ( Hypertransport 4.0.

Athlon 64 X4 , Athlon 64 Soporte de DDR3
X2 AM3 , Phenom II X3 )
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Tabla 2.2b.

Socket T/
LGA 775

LGA 771

Socket P

Socket 441

Socket B /
LGA 1366

Socket 1155

Socket 1156

Socket 1567

N©° contactos

/ano

introduccion

775 / 2004

771/ 2006

478 / 2007

441 / 2008

1366 / 2008

1155 / 2009

1156 / 2009

1167

Microprocesadores
Soportados

INTEL: Pentium 4,

Pentium D, Celeron D,

Core 2 Duo

INTEL: Xeon Dual/Quad

Core

INTEL: Core 2 Duo,
Celeron M

INTEL: Atom

INTEL: Core i7, Xeon
5500 series

INTEL: Core i5

INTEL: Core i5

INTEL: Xeon

LGA, soporte para
memoria RAM DDR2

LGA

ZIF. No es compatible

con el socket 478 o el

socket M aun teniendo

el mismo numero de
pins

Utilizado en
ultraportatiles,
smartphones y otros
pequenos equipos
electrdnicos

Comunicacion directa

entre el procesador y

la RAM eliminando el
FSB

Estos procesadores
tendran controlador
PCI Express y
controlador de
memoria DDR3

Estos procesadores
tendran controlador
PCI Express y
controlador de
memoria DDR3

LGA. Socket para los
nuevos servidores
Xeon nehalem
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Socket PGA (Pin Grid Array)

Figura 2.26. Socket ZIF AM2

Son sockets clasicos utilizados en microprocesadores que fueron importantes
en su tiempo como el 386 y 486. Consiste en una matriz de conectores en los
cuales se van insertando las patillas del chip a presién. En muchos micros
actuales se suele utilizar este tipo de zécalo.

Figura 2.27. Patillas de un microprocesador

Socket ZIF (Zero Insertion Force - fuerza de insercién cero).

Estos sockets ademas de la matriz de conectores disponen de un mecanismo
con una patilla que permite cuando esta levantada insertar el microprocesador
y cuando ésta se baja el micro encaja y hace conexién sin realizar fuerza sobre
él.
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Socket LGA (Land Grid Array)

(g0 gy a0 LS
Mo} =] H

Figura 2.28. Socket LGA

En este socket los pines estan en la placa base en vez de en el micro. El
micro tiene una serie de contactos que haran contacto con los pines de la placa
base. Estos microprocesadores son menos delicados que los micros con pines
dado que los pines se suelen doblar con mucha facilidad pero el socket por el
contrario si es mas delicado.

éQuieres saber como se monta un microprocesador en su zécalo?
En el apartado 5.6.3 del capitulo 5 explica cdmo se realiza paso a paso, y en el
apartado siguiente 5.6.4 se explica como se monta el disipador.
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................................................................................................................

................................................................................................................

Hoy en dia las configuraciones por defecto que ofrecen las BIOS suelen
ser bastante aceptables. Rara vez hay que modificar ningtin pardmetro en
ellas salvo contadas excepciones. La operacién mas comun es el cambio de la
secuencia de arranque la cual se explica paso a paso en un ejercicio practico.
Casi por regla general, los equipos cuando se adquieren estan configurados
para que el primer dispositivo del que arranquen sea el disco duro, si queremos
instalar o actualizar algin sistema operativo deberemos de cambiar esa
secuencia para que arranque primero desde el CD-ROM.

Para la elaboracién de este apartado nos hemos basado en las opciones de
las AWARD-Phoenix-BIOS que es una de las marcas de BIOS méas extendida
seguida de las AMI-BIOS que es el otro gran fabricante de BIOS. Aparte de
estas dos marcas las demas no tienen gran relevancia. Las diferencias de
manejo y parametros entre las BIOS Award y AMI son pocas, con lo cual,
conociendo bien una de ellas se puede llegar a configurar cualquier BIOS.

4

Importante

Antes de modificar cualquier parametro de la BIOS hay que mirar detenidamente
el manual de la placa base. No cambiar ningun valor si no se sabe realmente lo
que se esta haciendo. Es posible que las opciones varien de una BIOS a otra, por
lo tanto es importante que se tenga cuidado en elegir los pardmetros y valores
correctos en cada caso.

PAEE] (QUE ES LA BIOS?

BIOS es el acrénimo de Basic Input Output System (sistema béasico de
entrada y salida). La BIOS tiene un papel muy importante justo antes de
que el sistema operativo tome el control del equipo. Su funcién es identificar
los componentes principales del equipo (RAM, micro, chipset, unidades de

disco,...) y proporcionar al sistema operativo el camino inicial a todos estos
dispositivos.
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a4

Sabias que
La BIOS es un programa guardado en una ROM y se ejecuta justo cuando se
enciende el equipo (antes que el sistema operativo se cargue en memoria).

La BIOS normalmente es una EEPROM (memoria ROM que se puede
borrar y escribir). Utiliza memoria Flash (Flash BIOS o Flash ROM) que es
una memoria EEPROM.

MEMORIA
CMOS

Figura 2.29. BIOS, memoria CMOS y pila de la BIOS

Los datos de la BIOS se almacenan en una memoria CMOS. Cuando
modificamos algin parametro, ponemos alguna password..., todo eso se
almacena en la CMOS.

a4

Sabias que

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) es un tipo de memoria
utilizada para almacenar los datos de la configuracién de la BIOS y del hardware
del equipo. Se caracteriza por un consumo muy bajo.
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Esta memoria es volatil, por lo tanto tiene que estar siendo alimentada
permanentemente, para eso se utiliza una pila.

PILA DE LA BIOS

Figura 2.30. Ubicacion de la pila de la CMOS

La pila de la BIOS es una pila botén de litio de 3,3 voltios modelo CR-2032.
Suele estar alojada en un porta-pilas en la placa base. Cuando esta pila se
agota el sistema pierde la hora y en ocasiones muestra el mensaje “CMOS
Checksum Invalid”.

El procedimiento de sustitucion de la pila es sumamente sencillo. Ayudate
de la capucha de un boligrafo o un lapiz para retirar la pila vacia cuando
quieras cambiar la pila. Nunca utilices elementos metalicos sobre la placa base
pues puedes danarla.

PIEIF) CONFIGURACION DE LA BIOS

En este apartado se van a ver algunos de los parametros de las BIOS. Como
es obvio no es posible verlos todos, pero si se veran los mas importantes.

Configuracion del microprocesador

Estas opciones pueden estar dependiendo de la BIOS en diferentes opciones
de menu. En el ejemplo esta en SoftMenu Setup pero podria haber estado en
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“Frecuency/ Voltage control”, “CPU Setup” o alguna opcién parecida. Esta opcion
de ment se debera utilizar en el caso de que se desee hacer overclocking.

Phoenix — AwardBIOS CMOS  Setup
softMenu Setup

utility

Brand Name: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86 GHz Item Help

Frecuency: 1866.7 MHz
Parameters

CPU Operating Speed
X-FSB: Memory Ratio
X-FSB (QDR)

Estimated New FSB (QGR)

Estimated New CPU Clock
X-MEM (DDR2)

Estimated DDR2 data Rate
X-Multiplier Factor

NB PCle X16 Clock

Voltages Control

Setting current
1866 (266)
Auto
Auto
1066.7
1066.7
Auto
800.0
7 X
100MHZz

Default

X-CPU Core Voltage Auto
X-DDR2 Voltage Auto
X-DDR2 REF Voltage Auto
X-CPU VTT Voltage Auto
X-NB Voltage Auto

T1» «:Move Enter: Select +/-/PU/PD:value Fl0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7:optimized Defaults

Figura 2.31. Opcién SoftMenu de la BIOS

Parametros que nos podemos encontrar en estas opciones de menu:

v Velocidad del bus (CPU FSB Frequency — CPU Host Frequency —
CPU External Clock ...). Es la velocidad del FSB o Front Side Bus.

v Factor multiplicador (Multiplier Factor). Es el valor por el que se
multiplica la velocidad del bus para obtener la velocidad interna del
micro. Puede que esté fijo y en ese caso no sera posible (o serda mas
dificil) hacer overclocking. Aumentando este parametro se aumenta la
velocidad del microprocesador.

jes. Estos pardmetros no se deberian tocar de no ser
v Control de Voltajes. Est t deb t d
que se quiera hacer overclocking (y aun asi se corre el riesgo de freir los
componentes).

v Velocidades de PCI, AGP y PCIe. Normalmente pueden fijarse a sus
valores nominales o cambiar dichos valores al hacer overclocking.
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a4

Importante

Antes de modificar cualquier valor de este menu hay que estar seguro de lo que
se esta haciendo. En caso de duda no tocar este menu y menos el apartado de
voltajes.

Opciones avanzadas generales

Suele estar en la opcién del mentu principal “Advanced BIOS Features”,
“Advanced Setup” o “BIOS Features Setup”. Esta es una de las mas importantes
opciones de la BIOS.

Phoenix — AwardBIOS CMOS  Setup Utility
Advanced BIOS Features

CPU L3 Cache Enabled Item Help
Hyper-Threading Technology Enabled
Quick Power On Self Test Enabled
» CPU Feature Press Enter
» Hard Disk Boot Priority Press Enter
First Boot Device Floppy
Second Boot Device Hard Disk
Third Boot Device IDE CDROM
Boot Other Device Enabled
Swap Floppy Drive Disabled

Boot Up Floppy Seek Disabled
Boot Up NumLock Status

Security Option

MPS Version Ctrl For OS

Limit CPUID Max. to 3

Report No FDD For OS No
Delay IDE Initial (Secs) 0

HDD SMART Capability Disabled
Full Screen Logo Show Disabled

11> <:Move Enter: Select +/-/PU/PD:Value Fl0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7:optimized Defaults

Figura 2.32. Opcion de ment Advanced BIOS Features

Comenzamos a comentar algunas de sus opciones mas importantes:

v CPU L3 Caché. Si el microprocesador dispone de caché L3 hay que
activarlo.
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v Hyper-Threading Technology. Activa la tecnologia Hyper-Threading.
Es recomendable tenerlo activado. Hay que activarlo antes de instalar
el sistema operativo.

v Quick Power On Self Test. Realiza el POST de manera rapida. Se

salta algunas comprobaciones que normalmente no son necesarias.
" CPU Feature. Permite configurar algunas funciones de la CPU.

" Hard Disk Boot Priority. En el caso de que existan varios discos, en
esta opcion se puede elegir desde qué disco se arrancara.

V' First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device. Esta
opcién es una de las mas importantes de la BIOS pues aqui es donde
se decide desde qué dispositivo va a arrancar el equipo (se eligen las
prioridades).

v Boot Other Device. Permite elegir otro dispositivo desde el cual poder
arrancar el equipo.

v Boot Up NumLock Status. Permite activar las teclas del teclado como
cursores o como numeros al arrancar el equipo.

v Security Option o Password Check. Permite especificar si se
debe pedir una password al entrar a la BIOS (“Setup”) o al arranque
(“System”).

a4

Importante
Si se pone alguna password y se olvida, hay que resetear los valores originales
de la BIOS puenteando el jumper CLRCMOS u otra operacion similar.

v HDD SMART Capability. Hay que tenerla activada si se quiere
monitorizar estas funciones. Practicamente la mayoria de los discos
permiten esta opcién.
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a4

Importante
Sin el software apropiado, tener activada la opciéon HDD SMART no tiene sentido
pues no se puede monitorizar el disco.

© RA-MA

PRACTICAS DE TALLER

CAMBIO DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE DEL
EQUIPO

La secuencia de arranque de un equipo es el orden que seguira
el equipo para la btsqueda y carga del sistema operativo.
Generalmente los equipos arrancan el sistema operativo que
esta instalado en el disco duro, pero podrian arrancar un sistema
operativo contenido en un DVD/CD o bien pueden arrancar desde
un dispositivo USB, tarjeta de red...

Una operacién frecuente es reemplazar en el equipo el sistema
operativo, para ello eliminaremos el sistema operativo instalado en
el equipo sustituyéndolo por uno contenido en un DVD.

PASO 1: El primer paso consistird en entrar en la BIOS, para ello
durante el arranque y después del pitido aparece el mensaje “Press
Del to Enter BIOS Setup”. En ese mismo momento pulsaremos la
tecla “supr” y entraremos en la BIOS. Hay que ser rapido pues no
hay mucho tiempo desde que aparece el mensaje hasta que la BIOS
continua con la secuencia de arranque. Es posible que el mensaje o
la tecla sean diferentes de los comentados en este paso.
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PRACTICAS DE TALLER

CAMBIO DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE DEL EQUIPO
(CONT.)

» Advanced BIOS Features
» Integrated Peripherals
» Pouer Management Setup
» PaP/PCI Configurations

* PC Health Status

* Frequency/VUoltage Control

Figura 2.33. Parte del menii principal de la BIOS

PASO 2: Una vez dentro del 1a BIOS (“CMOS BIOS Setup”) que es
el famoso programa de fondo azul, elegiremos la opcién “Advanced
Setup” o “Advanced features” y verificaremos que en la opcién
“First Boot Device” tenemos configurado nuestro lector 6ptico como
primera opcién de arranque.

101



MONTAIJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

PRACTICAS DE TALLER

CAMBIO DE LA SECUENCIA DE ARRANQUE DEL EQUIPO
(CONT.)

d Boot Device (HDD-81]
Third Boot Device [HDD-11]
Boot Up Floppy Seek [Disabled]

Passuord Check [Setupl

Init Display First [Onboard/AGP]
Graphics Aperture Size  [128MB]
Graphics Share Memory [8MB]

Figura 2.34. Opcién de ment “Advanced features”

PASO 3: Una vez que hemos comprobado que la secuencia de
arranque es la deseada habra que grabar los cambios y salir de la
BIOS (“Save and Exit”).

Nota: Es posible que el nombre de las opciones difiera de una
BIOS a otra. En ese caso elige la opcién correcta.

Carga de valores por defecto

Por regla general, los valores de la BIOS funcionan correctamente y no
hay que modificar ningin pardmetro en ella. En todas las BIOS siempre hay
una opcién en el menu principal que indica “Load Optimal Settings”, “Setup
defaults”, “Charge Setup Values” o “Load Fail-Safe Defaults”, la cual carga los
valores por defecto. Cuando no es posible acceder a esta opcién por la razén que
sea, el siguiente paso es puentear el jumper Clear CMOS o CLRCMOS.
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» Ya se han visto algunas de las opciones mas importantes de la BIOS.
Elige tu ordenador de casa o de clase y realiza lo mismo para las
demas opciones.

a4

Sabias que

Es posible actualizar la BIOS. Los motivos para actualizarla son el soporte de
nuevas funcionalidades que no existian previamente, la correccién de algun fallo
y otro tipo de problema que impida el funcionamiento correcto del sistema.

PRACTICAS DE TALLER

RESETEO DE LOS VALORES DE LA BIOS

Existen tres maneras de resetear o devolver los valores iniciales a
una BIOS.

La primera ya la hemos visto en este apartado. Opcion “Load Optimal
Settings” o “Load Fail-Safe Defaults” o alguna parecida.

La segunda seria puentear el jumper Clear CMOS.

La tercera es la retirada temporal de la pila. Sin corriente, la CMOS
perdera su informacion.

Puentear el Jumper Clear CMOS

1 2 3 1 2 3

Ble o

Valor por defecto Reestablecimiento
de la CMOS

Figura 2.35. Configuracién del Jumper ClrCMOS
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PRACTICAS DE TALLER

RESETEO DE LOS VALORES DE LA BIOS (CONT.)

El procedimiento a seguir es bien sencillo. Normalmente consiste
en arrancar el equipo con la segunda configuracion de jumpers
(reestablecimiento de la CMOS) o en el caso de que sdlo existan 2
pines en vez de 3 simplemente puentearlos.

No obstante, para esta operacion hay que seguir las indicaciones de
la placa base para no correr riesgos.

Importante: siempre que se manipulen elementos internos del
equipo el cable de corriente tiene que estar desconectado.

Nota: Existen placas base sin este Jumper.

Jumper CLRCMOS

o

Figura 2.36. Ubicacién del Jumper ClrCMOS”

Retirar temporalmente la pila de la CMOS

Los pasos para la sustitucion de la pila de la CMOS serian los
siguientes:

Retirar el cable de alimentacion y después abrir la tapa del equipo.

Retirar la pila con sumo cuidado ayudandonos siempre de elementos
no metalicos (capucha de un boligrafo, lapiz...). Tener precaucién de
no dafiar el soporte o la pila.
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ICAS DE TALLER

RESETEO DE LOS VALORES DE LA BIOS (CONT.)

Esperar como minimo 10 minutos para que se descargue la CMOS.
Volver a colocar la pila en la misma posicién anterior.

Colocar la tapa del ordenador y después el cable de tension.

Arrancar el equipo y configurar los valores que sean necesarios
(normalmente fecha y hora y orden de arranque).

En el caso de ordenadores portatiles la Unica opcion suele ser la
primera, pues acceder a la pila puede ser una operacién bastante
complicada y hay que valorar si merece la pena realizar la
operacion.

a4

En los apartados 6.4.1 y 6.4.2 del capitulo 6 puedes conocer las sefales acuUsticas
y mensajes que proporciona la BIOS cuando encuentra un problema.

................................................................................................................

................................................................................................................

F

Recuerda
Aunque se hable de chipset como si fuese un componente electrénico Gnico, en
realidad es un conjunto de microprocesadores.
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El chipset son un conjunto de procesadores situados en la placa base que
estan pensados para que funcionen como si fueran uno unico y realizan las
funciones de la placa base. Cada uno tiene una misién especifica y hacen que
sean los responsables de la comunicacién entre los demas elementos del equipo
informatico (disco duro, microprocesador, memoria...).

Los siguientes microprocesadores forman el chipset de una placa base:
® El Northbridge. Es el microprocesador mas importante del chipset.

m El Southbridge. Es el segundo microprocesador mas importante del
chipset.

® La controladora IDE.
® La controladora SATA.

m El Super I/0. Controla la entrada/salida de la placa base hacia
componentes como puerto serie, paralelo, ratén, teclado o disquetera.

m La controladora de sonido. Antiguamente estaba incluida en el
southbridge (AC’97), pero al ser cada vez mds sofisticadas actualmente
forman un nucleo independiente aunque se siguen comunicando a través
del southbridge.

® La controladora Ethernet. La controladora ethernet al igual que la
controladora de sonido necesita del southbridge para comunicarse con
el resto del sistema.

i
¢ [T

(I EIOND (OO
SOUTHBRIDGE

Figura 2.37. Ubicacion del Northbridge y Southbridge en una placa ATX
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Dentro de los microprocesadores que componen el chipset, el northbridge es
el mas importante. Aparece con las placas ATX y se situa en la parte norte de
la placa junto a la CPU y la memoria.

Figura 2.38. Northbridge de una placa Asrock

Se encarga de gestionar:

v La Memoria
" Comunicacién con el procesador

v Comunicacién con los demés componentes del equipo a través del
southbridge

" Puertos graficos (AGP)

Antiguamente los northbridge también gestionaban los puertos PCI aunque
actualmente los puertos PCI los gestiona el southbridge.

a4

Sabias que
En algunas nuevas arquitecturas (athlon 64 y core i7) es el microprocesador y
no el northbridge el responsable de gestionar la memoria.
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Frecuencia
Tipo de FSB

procesador \ /

NORTHBRIDGE

/ \Tio

Adaptador frecuencia
grafico de la
memoria

Figura 2.39. Elementos que controla un Northbridge

Como se puede observar en la figura anterior, del tipo de northbridge
dependeri el tipo de procesador que admite la placa, la frecuencia del Front
Side Bus, el adaptador grafico y el tipo y frecuencia de la memoria.

Algunos fabricantes de chipset son:
Intel® (Integrated Electronics Corporation)
Via® (Via® Technologies)
NVidia® (NVidia® corporation)
AMD® (Advanced Micro Devices)
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P3F) EL SOUTHBRIDGE

CPU
RAM

Northbridge

Super
[{®)

BIOS
Southbridge

PCI

Gestion
Bus
Sistema

PCle
x16

S-ATA

PCle
X1

Audio
Alta
definicion

Figura 2.40. Elementos que controla un Southbridge

El southbridge no esta directamente conectado a la CPU. La conexién a la
CPU es a través del northbridge mediante el DMI (Direct Media Interface).

Se suele llamar concentrador de controladores de entrada/salida o input/
output controller hub porque se encarga de controlar casi la totalidad de los
elementos de entrada/salida del equipo y algunas otras funcionalidades de baja

velocidad.
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Figura 2.41. Southbridge de una placa Asrock

Se encarga de controlar:

" Administracién de potencia eléctrica - Power management (APM y
ACPI)

v BIOS

" Bus PCI

" Bus ISA

" Controlador DMA

" Controlador SATA o PATA
" Controlador de interrupciones
v Interfaz de sonido AC97

" Puente LPC

" Reloj en Tiempo Real

v SMBus

v Soporte Ethernet

" Soporte RAID

v Soporte USB
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a4

Recuerda
De la calidad del southbridge y el northbridge depende en gran medida el
rendimiento total del equipo.

Aunque algunos de los elementos anteriores son controlados por un chip
independiente como el puerto Ethernet o el interfaz de sonido, es el southbridge
el que se encarga de la coordinacién de éstos.

a4

Reflexiona

De qué nos serviria comprar el mejor microprocesador del mercado, la mejor
memoria, el mejor disco duro y la mejor tarjeta grafica si luego el elemento que
los gestiona (chipset) es lento y representa un cuello de botella.

................................................................................................................

2 LA MEMORIA
" RAM

................................................................................................................

Los equipos tienen memoria RAM en muchos elementos internos, por
ejemplo, en el procesador (memoria caché, registros), en los lectores 6pticos
(buffer o caché), en las tarjetas graficas (memoria de video o grafica)...

Cuando hablamos de memoria RAM (Random Access Memory - Memoria
de acceso aleatorio) estamos hablando principalmente de la memoria que se
inserta en la placa base.
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*' | \ \ ]

ETIQUETA
DESCRIPTIVA
(debajo estan los chips)

MODULO CHIPS DE MEMORIA

Figura 2.42. Modulo de memoria RAM

La memoria RAM son los chips de memoria (rectangulos negros) que estan
soldados a la placa de color verde, todo esto se llama moédulo de memoria.
Los chips de memoria estan compuestos de las celdas de memoria donde se
almacenan los bits.

a4

Importante
El tipo de memoria a insertar en una placa base dependera de la misma. Al igual
que con el procesador, las placas base no admiten cualquier tipo de memoria.

F

éQuieres saber como se monta la memoria RAM en un equipo?
En el apartado 5.7 del capitulo 5 explica como se instala la memoria RAM en la
placa base de un equipo.
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P51 PARAMETROS FUNDAMENTALES DE LA MEMORIA

Velocidad de acceso (nanosegundos - ns)
Cuanto menor tiempo de acceso tenga la memoria méas rapida sera.

Por ejemplo, una memoria DDR3-1600 puede tener una velocidad de acceso
de 5 nanosegundos.

a4

Consejo

Procura colocar en los equipos el mismo tipo de memoria. En el caso que
coloques diferentes tipos de memoria con distintas velocidades FUNCIONARAN
TODAS A LA VELOCIDAD DE LA MAS LENTA.

Velocidad de reloj

Las memorias DDR, DDR2 y DDR3 se suelen denominar de dos formas,
segun la velocidad del reloj del bus (DDR3-1600, DDR3-1333, DDR3-1066...)
o bien por su ancho de banda teérico (PC3-12800, PC3-10600, PC3-8500...).
Normalmente se denominan por la velocidad de reloj del bus. El ancho de
banda tedrico es la maxima capacidad de transferencia del bus.

a4

Recuerda
En las memorias DDR, DDR2 y DDR3 el ancho de banda de los médulos se
calcula multiplicando por 8 la velocidad del bus.

<" DDR-400 = PC-3200
<" DDR3-1600 = PC3-12800
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Latencias y CAS

CAS (Column Access Strobe — tiempo de acceso a la columna) o CL (CAS
y CL — CAS Latency es lo mismo) son los tiempos de latencia (retardos) que
tienen las memorias al acceder a ellas. Cuando vemos CAS3 o CL3 significa
que hay que esperar 3 ciclos de reloj para acceder a ella (si accedemos antes
seria arriesgado).

A igual velocidad de la memoria elegiremos la que tiene el CAS o CL mas
bajo.

Dual channel

Con el uso de esta técnica, la CPU funciona con dos canales independientes
y simultdneos, con lo cual las cifras de ancho de banda efectivo se disparan.

a4

Consejo

Para utilizar dual channel hay que seguir al pie de la letra las indicaciones
del fabricante de la placa base (mddulos de memoria de calidad pareados y
colocados en el slot correspondiente).

Voltaje

El voltaje viene determinado por el tipo de memoria y tecnologia. Un voltaje
mas alto supone mayor consumo y temperatura, aunque a veces mejora el
rendimiento, por lo que suele elevarse al hacer overclocking. Algunos fabricantes
ofrecen médulos de alto rendimiento con mayor voltaje y mejor refrigeracion.

Las memorias DDR3 reducen el consumo eléctrico en un 30% debido a que
el voltaje que necesitan es mucho menor (1,5 V) frente a las memorias DDR2
(1,8 V) o DDR (2,5 V).

ECC (Error Checking and Correction - Deteccion y correcciéon de
errores)

Las memorias RAM pueden sufrir fallos pues los bits pueden cambiar de
valor. Las memorias ECC gracias a la paridad pueden detectar y corregir
algunos de estos fallos.
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£2¥/F! TIPOS DE MODULOS DE MEMORIA

Médulos obsoletos

De mas antiguos a méas nuevos: DIP, SIP, SIMM y RIMM.

Figura 2.43. Médulo SIMM de memoria

Moé6dulos DIMM-DDR

Los hay de cuatro tipos los cuales contienen el tipo de memoria
correspondiente:

" DIMM-SDR. Obsoleto. 168 pines. Utiliza memoria SDRAM.

Figura 2.44. Médulo DIMM de memoria SDRAM

v/ DIMM-DDR. Este tipo de memoria comienza a quedarse obsoleto. Tiene
184 pines.

Figura 2.45. Modulo DIMM de memoria DDR
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v DIMM-DDR2. Tiene 240 pines. Los médulos DIMM-DDR2 no son
compatibles con los DIMM-DDR dada la diferencia de pines, aunque si
son compatibles con médulos DIMM-DDR2 més lentos.

£ Kingston®
S 99US431 - 003 ADILF K
4176508 - 1467813 V““"?E"‘“’”
§ ASSY IN CHINA (7

Warranty Void f Removed

Figura 2.46. Modulos DIMM de memorias DDR2

" DIMM-DDRS3. Aunque tienen también 240 pines como el anterior no son
compatibles entre si al tener la muesca de posicionamiento en un lugar
diferente. Las memorias DDR3 en prestaciones son superiores a las
DDR2 porque mejoran la velocidad de transferencia aunque aumentan
el tiempo de latencia.

Médulos GDDR

Son moédulos especificos para tarjetas de video que contienen memoria
GDDR.

Médulos SO-DIMM

Son médulos especificamente disefiados para portatiles lo cual hace que sea
una version reducida de los médulos DIMM. Tienen 100, 144 y 200 contactos y
las caracteristicas en voltaje y prestaciones de la memoria son las mismas que
las de un equipo convencional. También existe un formato més pequefio pero
menos utilizado que es el Micro-DIMM.
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a4

Recuerda

Los mddulos de memoria DDR, DDR2 y DDR3 no son compatibles entre si.
Fisicamente es imposible colocar un médulo en un banco que no sea de su tipo
porque la muesca de posicionamiento evita su insercion.

PIVJE] CLASIFICACION DE LAS MEMORIAS RAM

Aunque existen otros tipos obsoletos de memoria como los SRAM o DRAM
nos vamos a centrar en las memorias SDRAM (Synchronous DRAM) las cuales
son las mas utilizadas actualmente. Estas memorias estan sincronizadas con
el bus del sistema de tal manera que las hace mas precisas y mas simples.

DDR

DDR viene de Double Data Rate SDRAM, las cuales doblan la tasa de
transferencia de las memorias anteriores. El voltaje utilizado es menor que el
de las memorias anteriores: 2,5 frente a 3,3 Voltios. Se comienzan a utilizar en
los Pentium IV y Athlon XP.

DDR2

Es una evolucién de la memoria DDR. Entre sus ventajas:

" Funciona a una velocidad més alta de reloj (hasta 533 MHz con doble
aprovechamiento de la sefial que equivale a 1.066 MHz de velocidad
efectiva).

V" Utiliza un menor voltaje (1,8 V).

" Utiliza chips con un encapsulado mejorado para funcionar correctamente
a altas velocidades.

117



118

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

DDR3

Es una evolucién de la memoria DDR2. Los fabricantes lo que hacen es
fabricar una memoria parecida pero mejorando las prestaciones que tenia la
anterior. Entre sus ventajas:

" La velocidad efectiva llega a ser de 1.600 MHz.
v El voltaje disminuye (1,5 V) lo que hace que baje el consumo.

" Su mayor densidad permite médulos de mayor capacidad.

a4

Importante

No confundir la memoria DDR3 con la memoria GDDR3. Aunque son parecidas,
esta Ultima se utiliza en tarjetas de video y consolas de videojuegos (Xbox 360
o PlayStation 3).

F

éSabes cuales son las tendencias futuras de la memoria RAM?
En el apartado 9.4.4 y 9.4.7 del capitulo 9 encontrards la respuesta a esta
pregunta.

MEMORIA ROBSON

La memoria Robson o turbo memory es en realidad una memoria flash de
tipo NAND pero en muchos equipos la venden como si fuese memoria RAM
(3 GB RAM + 1 Robson). Esta memoria utiliza memoria flash que permite al
equipo arrancar mas rapido, cargar programas mas rapidamente, reducir el
consumo...
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Ventajas:

v Es més répida que el disco duro.

" Permanece la informacién cuando el equipo se apaga.
v Aumenta la autonomia de las baterias de los portatiles.

v Algunos sistemas operativos la utilizan como caché de disco duro o
ampliacién de la memoria RAM.

................................................................................................................

2 8 LA TARJETA
. GRAFICA

................................................................................................................

- e .

\emezpurmEEsl

Figura 2.47. Tarjeta grafica Sapphire

La tarjeta grafica es el elemento del equipo que envia al monitor la
informacién que debe salir por pantalla.
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MEMORIA
VIDEO

DATOS
S0O1vQd

MICRO DATOS PROCESADOR|  SENAL MONITOR
GRAFICO

Figura 2.48. Esquema de la tarjeta grdfica

a4

Sabias que
El procesador de las tarjetas graficas actuales puede llegar a superar el
gigahercio.

F

éQuieres saber como se monta la tarjeta grafica de un equipo?
En el apartado 5.10.1 del capitulo 5 explica de una manera sencilla como se
instala.

PN LA MEMORIA DE VIDEO

Hace tiempo las tarjetas de video se basaban en memoria DDR. Actualmente
los fabricantes se han decantado por otros tipos de memoria mas eficientes
como DDR2 y DDR3 que son memorias RAM convencionales y memorias
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especificas de video como son GDDR3, GDDR4 y GDDR5 (GDDR = Graphics
Double Data Rate). Este dltimo tipo de memorias, aunque es muy parecido a
las memorias DDR2 y DDR3, tiene algunas caracteristicas que las hace mas
apropiadas para las tarjetas de video.

a4

Consejo

A la hora de elegir una grafica elige una que sea PCI Express puesto que el ancho
de banda es 3,5 veces superior a AGP8X y PCI.

PCI Express proporciona una velocidad superior a 4 GB por segundo en las
trasferencias de datos en ambas direcciones.

éQuieres saber mas sobre la memoria GDDR-5?
En el apartado 9.4.6 del capitulo 9 encontraras la respuesta a esta pregunta.

Sabias que

El RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter - conversor
analdgico digital de RAM) es el encargado de convertir la sefal digital con la que
trabaja el ordenador en una sefial analdgica interpretable por el monitor.

La GPU (Graphics Processing Unit — Unidad de procesado de graficos) es el
procesador de las tarjetas graficas.
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Dada la exigencia grafica de los videojuegos, aplicaciones 3D o programas
de edicién de video, se hace necesario un procesador que aligere la carga de
trabajo que tiene el procesador central. La GPU se encarga de gran parte de
las tareas para graficos mientras que la CPU esté realizando otra serie de
tareas.

Algunas de las técnicas que emplean las tarjetas graficas en la mejora de
la imagen final son:

v Antialiasing (AA). Es una técnica que consiste en el suavizado de
los bordes de los objetos, importante para obtener imagenes realistas.
Normalmente al aplicar algin tipo de antialiasing la calidad de la
imagen mejora sensiblemente.

SIN
ANTIALIASING

CON
ANTIALIASING

Figura 2.49. El efecto antialiasing

v Anisotropic Filtering (AF). Es el tipo més avanzado de suavizado de
texturas. Tiene una calidad muy grande pero por el contrario consume

» Busca en Internet imagenes sin y con antialiasing (la misma imagen).
Compara la diferencia de calidad entre ambas.

muchos recursos.

I ACTIVIDADES
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¢Es posible crear un ordenador en base a GPU como procesador?
En el apartado 9.5.5 del capitulo 9 encontraras la respuesta a esta pregunta.

Diferencias entre GPU y CPU

v La GPU esta especializada en el procesamiento de gréaficos. Esta

especializada, por ejemplo, en operaciones en coma flotante
predominantes en los graficos 3D.

Las GPU pueden llegar a aproximarse en velocidad a las CPU (no a las
mas modernas).

Las GPU al contrario que las GPU estan pensadas para trabajar en
paralelo, con lo cual aunque no tengan una velocidad muy grande pueden
llegar a tener una potencia de calculo enorme dado que procesan mucha
informacién a la vez.

" No se puede reemplazar una CPU por una GPU.

PIJE] ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS TARJETAS

v

v

v

GRAFICAS ACTUALES

Velocidad del nuacleo. Puede ir de 500 a mas de 1.000 MHz. Cuanta
mayor velocidad, mejor.

Velocidad del shader. Los shader son conjuntos de instrucciones para
el acelerador grafico. Estas instrucciones determinaran en una imagen
aspectos como luz, sombra, color, efectos, materiales... Cuanta mas
velocidad, mejor.

Ancho del bus. Sera (en bits) de 128, 256, 384, 512... Cuanto mayor
sea la anchura del bus, mucho mejor sera la tarjeta. Para una tarjeta
con unas prestaciones razonables esta debe tener un bus mayor de 256
bits.
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v Velocidad de relleno de textura. Es la velocidad expresada en texel
por segundo o pixeles 3D en la que la tarjeta grafica es capaz de pintar
una imagen. Es una combinacién de la velocidad del procesador y la
eficiencia del mismo por ciclo de reloj, con lo cual nos indica la velocidad
que puede mostrar una imagen por pantalla.

v Pixeles por ciclo (maximo). Lo mas importante en una tarjeta
grafica no es la velocidad del reloj en si, sino el rendimiento que ofrece
el procesador de graficos por ciclo de reloj, que viene indicado segun el
numero de pixeles procesados por ciclo de reloj.

v Sistema de ventilacién. Puede ser por tubos, disipador, ventilador...
Siempre es mejor elegir el méas silencioso y més efectivo. En ocasiones
no basta con sélo un disipador y es necesario un disipador con ventilador
para evacuar el calor producido por la circuiteria de la tarjeta.

v Compatibilidad con Microsoft® DirectX® u OpenGL. Son
tecnologias consideradas un estandar que permiten manejar efectos y
tienen una serie de funciones o primitivas que pueden ser utilizadas por
las aplicaciones escritas para estos estandares.

v Salida con capacidad HDCP. HDCP es un sistema de proteccién
del contenido digital de elevado ancho de banda. La visualizaciéon en
alta definicién HDCP sdlo es posible cuando se intentan ver contenidos
en Blu-ray y HD DVD mediante conexiones digitales HDMI o DVI.
También se necesita que el monitor o televisor tenga HDCP.

v Procesadores de flujo. Estos procesadores de flujo se encargan
de gestionar los ntucleos, lo que hace que se pueda procesar mucha
informacién al mismo tiempo lo cual redunda en la velocidad de la
tarjeta.

" SLI o Crossfire. Son sistemas de NVidia® y ATI® respectivamente que
permiten interconectar varias tarjetas (dos o méas) para que produzcan
una sola sefial de salida, con lo cual se aumenta el rendimiento y la
capacidad de calculo al realizarse numerosas operaciones en paralelo.

v Resolucién vertical y horizontal maxima. Son el nimero méaximo

de puntos con los que son capaces de representar una imagen. A mayor
numero de puntos la nitidez sera mucho mejor.
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Numeraciones y sufijos. Las tarjetas de video normalmente siguen
para cada marca una serie de numeraciones y sufijos, por ejemplo en el
caso de Nvidia®, el modelo 9800 es mejor que el 9600 (cuanto mas alto
mejor), y dentro del mismo modelo una GTX es mejor que una GT (de
peor a mejor en NVidia®: LE, G, GS, GT, GTS, GTX y Ultra)

................................................................................................................

Figura 2.50. Detalle de un microprocesador. Fuente Intel

El microprocesador es la parte mas importante de un equipo informaético.
Se suele denominar micro o CPU (Central Proccess Unit — Unidad central de
proceso) aunque a veces se suele denominar CPU a la caja que contiene la
placa, micro, memoria y demas componentes.

Un microprocesador esta compuesto por millones de transistores dentro
de un circuito integrado. Los microprocesadores han ido evolucionando a lo
largo de la historia incluyendo més chips en la placa de silicio y méas ntcleos
en menos espacio.
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PIEIE] DISIPACION DEL CALOR

a4

éQuieres conocer cuales seran los microprocesadores del futuro?
En el apartado 9.5.2 del capitulo 9 encontraras la respuesta a esta pregunta.

Figura 2.51. Microprocesador Intel. Fuente Intel

Los primeros microprocesadores no tenian ningun sistema de disipacién
del calor. Sin embargo, a partir del 486 los microprocesadores empezaron a
utilizar disipadores (rejillas o aletas que estan pegadas al microprocesador)
para refrigerarse.

Figura 2.52. Disipador AMD® Athlon K7. Fuente flickrsven
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Conforme fue necesario, a estos disipadores se les colocé un ventilador que
aumentaba la refrigeracién al forzar a que el aire recircule mas deprisa.

Actualmente para una refrigeraciéon muy exigente se suelen utilizar incluso
heatpipes (tubos huecos sellados, los cuales tienen un liquido refrigerante en
su interior el cual se evapora y absorbe calor para luego condensarse en otro
extremo).

Figura 2.53. Heatpipe. Fuente aaltonen

Importante: La refrigeracion

Refrigerar un micro actual es fundamental. Un microprocesador actual sin
ningun sistema de refrigeracion (incluso el disipador) duraria funcionando
segundos. No obstante los micros tienen un sistema de proteccién que apaga el
microprocesador cuando alcanza cierta temperatura.

El futuro de la refrigeracion de los microprocesadores

La refrigeracién de los procesadores es sumamente importante, se estdn
investigando materiales y técnicas porque una de las limitaciones de la
evolucion de los microprocesadores es precisamente la refrigeracion.

Descarga de corona, viento i6nico o aceleracién de fluidos electrostaticos
son algunas de las técnicas en las que se esta investigando para el futuro de la
refrigeracién de los microprocesadores. En el capitulo 9 se estudiaran mas en
profundidad todas estas técnicas.
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PIEIF) PARAMETROS DE UN MICROPROCESADOR

Velocidad de reloj (MHz y GHz)

La velocidad del reloj impone el ritmo de trabajo del microprocesador. La
frecuencia se mide en hercios (Hz).

' 1 Kilohercio (KHz) equivale a 103 Hercios Hz.
v 1 Megahercio (MHz) equivale a 106 Hercios Hz (un millén).

v 1 Gigahercio (GHz) equivale a 102 Hercios Hz (1000 millones).

da

Recuerda

La velocidad del reloj en Hz no indica la velocidad real del microprocesador.
También interviene la eficiencia del microprocesador, la tecnologia, el niUmero
de nucleos...

Velocidad del bus

El bus que comunica el microprocesador con el northbridge se denomina
Front Side Bus (FSB) en los microprocesadores Intel o FSB Hipertransport
(HTT), Lightning Data Transport (LDT) o simplemente hipertransport en
procesadores AMD®.

Lavelocidad del bus viene dada por el ancho del bus (64 bits normalmente) y 1la
velocidad del mismo en MHz. Ademas, la velocidad del bus del microprocesador
suele estar relacionada con la de otros buses como el de memoria, PCI y PCI
Express 0 AGP. Normalmente la velocidad del bus de memoria es la misma que
la del FSB (forma sincrona), mientras que los otros buses funcionan segin una
fraccién del FSB (3/4 por ejemplo).

El hipertransport es una evoluciéon mejorada del FSB clasico lo cual permite
que la comunicacién Microprocesador — Northbridge sea muy eficiente.
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Memoria caché

La memoria caché al ser més rdpida que la memoria RAM, acelera el
rendimiento dado que almacena los datos que se prevé que mas se van a
usar.

Existen varios tipos de caché:

B L1 o primaria de nivel 1. Estan integradas en el nucleo del
microprocesador y funcionan a la maxima velocidad.

B L2y L3 odeniveles 2 y 3. Conectadas al micro mediante el back side
bus (bus trasero) el cual es mas rapido que el bus frontal. Pueden estar
implementadas en el nucleo, encapsuladas o ser externas. La caché L2
es més lenta que la L1 y 1la L3 que la L2.

Tecnologia de fabricacion

Figura 2.54. Detalle de la fabricacién de un microprocesador. Fuente Intel

La tecnologia de fabricacién indica el tamaifio del elemento més pequerio
del chip y da una idea de lo avanzado de la tecnologia de construccién del
mismo. Actualmente los microprocesadores que compramos en una tienda
estan fabricados en una tecnologia de 45 nanémetros (nm). Un nanémetro es
la millonésima parte de un milimetro.
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Voltaje

El voltaje (Vcore o voltaje del ntcleo) nos indica ciertas caracteristicas del
micro. A menor voltaje el consumo del mismo serd menor y también menor la
generacion de calor.

Hay que respetar los parametros del fabricante y no modificarlo salvo que
se esté seguro de lo que se esta haciendo.

Tipos de nicleo

(ntey) \
_

Figura 2.55. Microprocesador quadcore extreme

Una cosa es el nombre con el que se comercializa un nucleo (Core 15 por
ejemplo) y otra es el nombre clave utilizado para el proceso de desarrollo
(Nehalem, Yorksfield, Wolfdale...). Por ejemplo para el Core 15 existen varias
microarquitecturas (Lynnfield, Clarkdale, Clarksfield y Allendale) lo cual
implica que el micro internamente va a ser diferente aunque externamente se
vendan todos como Core i5.

Actualmente ya no es tan rentable el aumentar la velocidad del reloj, lo que
esta llevando a aumentar el nimero de nicleos para aumentar el rendimiento.
El aumento del nimero de ntcleos tiene las siguientes ventajas:

v Mejora el rendimiento més si se sube la velocidad del reloj.
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" Mejores prestaciones en multitarea dado que los nticleos pueden trabajar
con tareas diferentes a la vez.

PICJE] EL OVERCLOCKING

El overclocking, al contrario que el underclocking, es un aumento de
la velocidad del microprocesador por encima del nominal. Se consigue un
rendimiento extra de forma gratuita pero produciendo mas consumo energético
y mas calor. El overclocking siempre que se salga de los parametros fijados por
el fabricante implica la pérdida de garantia del microprocesador.

P FABRICACION DE MICROPROCESADORES

LTI LT

Figura 2.56. Oblea de silicio. Fuente Intel

Los microprocesadores se fabrican utilizando técnicas méas complejas que
la fabricacién de otros circuitos integrados més simples. El proceso consiste en
depositar en una oblea o lamina de silicio una serie de materiales conductores,
aislantes y semiconductores en forma de bocadillo para lograr asi el deseado
microprocesador. Este proceso es tan preciso que una mota de polvo en un
microprocesador lo haria inservible, por lo tanto se fabrican en las llamadas
salas limpias en las cuales el aire es filtrado y esta libre de polvo.
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Figura 2.57. Persona trabajando en la elaboracion de microprocesadores. Fuente Intel

Figura 2.58. Microprocesador de 32 nandémetros. Fuente Intel

El futuro de los microprocesadores se ve incierto. Se habla de que Intel
podria crear para el ano 2020 procesadores de 16 ntcleos o mas. O incluso
podria volver a fabricar procesadores monontucleo dado que la evolucién en
los transistores podria favorecer la construccién de microprocesadores con
frecuencias entre 20 y 50 GHz lo que implicaria que ya no haria falta construir
procesadores con varios nucleos.
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Microprocesadores (I)

» Ordena cronologicamente los siguientes microprocesadores y cita 3
caracteristicas principales de los mismos:

a. Intel®:

Core 2 Duo
Quad Core
Core I7
Pentium MMX
Pentium D
Dual Core
Core I5

b. AMD®:
AMD®-486
AMD®-K5
AMD®-Athlon
AMD®-386
AMD®-Phenom
AMD®-K6-2

Microprocesadores (II)

» Compara el procesador AMD® Sempron con su homoélogo en Intel.
Realiza una tabla en la que compares los siguientes aspectos de
ambos procesadores:

® Fecha de inicio de producciéon
Tecnologia de fabricacion
Velocidad de la CPU
Velocidad del FSB

Sockets compatibles

Tipos de caché utilizadas

» Realiza el mismo ejercicio anterior para el microprocesador Intel
Core-17
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En los apartados 9.5.6, 9.5.7 y 9.5.10 del capitulo 9 se explica en mas profundidad
el futuro de los microprocesadores.

................................................................................................................

................................................................................................................

Los buses son lineas de interconexién que interconectan el procesador
con los distintos dispositivos del equipo. Aunque existen muchos buses (FSB,
Hipertransport, Back side bus...) en este apartado s6lo vamos a trabajar los
relacionados con las tarjetas de expansién o slots.

FPROCESADOR DISPOSITIVO

Figura 2.59. Esquema de un bus

Figura 2.60. Detalle de un puerto PCI
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El bus PCI o Peripheral Component Interconnect (Interconexiéon de
componentes periféricos) fue creado en 1993 por Intel y transmite datos en
paralelo. Reemplazé a buses antiguos como los ISA y los VESA. Ha habido
varias versiones del puerto PCI. El estandar final es el PCI 3.0.

E1 PCI va a ir desapareciendo dando paso al PCI Express.

PEF BUS AGP

Figura 2.61. Detalle de un puerto AGP

Esta ranura sélo esta dedicada a conectar tarjetas de video. AGP es
Accelerated Graphics Port (puerto de graficos acelerado). Es una evolucion de
la especificacion PCI 2.1 desarrollada por Intel provocada por las necesidades
en el aspecto grafico. Suele ser de color marrén mientras que los PCI normales
suelen ser de color blanco.

Las tarjetas AGP se encuentran mas lejos del borde de la placa y mas cerca
del micro que las PCI.

A partir del 2006 con la salida del puerto PCI Express con méas prestaciones
en cuanto a frecuencia y ancho de banda, el puerto AGP ha pasado a un
segundo plano tendiendo a desaparecer en las placas actuales.
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e BUS PCI EXPRESS

SRR N N ™

Figura 2.62. Puertos PCle X1y X16

Es una evolucién del bus PCI basandose en los conceptos y tecnologia
actuales, lo cual confiere a este sistema de comunicaciéon mas velocidad que los
estandares anteriores.

El puerto PCI actual resulta escaso para las necesidades de algunas tarjetas
como las graficas actuales o las Gigabit Ethernet.

El puerto esta formado por uno o mas enlaces punto a punto bidireccionales.
En realidad se mandan muy pocos bits a la vez pero a mucha velocidad (2,5
0 5 Gbits/s). Existen slots con uno (X1), cuatro (X4), ocho (X8), dieciséis (X16)
o treinta y dos (X32) enlaces de datos. Para hacerse una idea un enlace X1 es
mas rapido que el PCI normal y un enlace X8 es igual de rapido que la version
mas rapida de AGP.

................................................................................................................

2 1 TARJETAS
. DE EXPANSION

Hoy en dia cada vez se utilizan menos las tarjetas de expansién debido a
que muchas funciones como la conectividad Ethernet, el audio o la tarjeta de
video estan integradas en la placa base y también por las posibilidades de la
conectividad USB.

Las tarjetas de expansion utilizan los puertos PCI, AGP y PCle ademas de
las PCMCIA, cardbus y Expresscard de los portatiles.
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Entre las tarjetas de expansion mas utilizadas estan:

v Tarjeta capturadora o sintonizadora de televisiéon. Permite ver
la television en el ordenador. Junto a la tarjeta vienen unos drivers
y programas que permiten sintonizar, memorizar canales y grabar
directamente o de forma programada los canales.

v Tarjeta de red. Permitird al equipo conectarse con otros de forma
inalambrica, mediante cable o ambas.

 Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido permite la entrada y salida
de sonido al equipo. Actualmente la mayoria de las placas base llevan
incorporada la tarjeta de sonido, aunque si se necesita una tarjeta de
calidad habra que adquirir e instalar una adicional.

v Tarjeta grafica. Su funcién basica consiste en convertir la informacién
procedente de la CPU en senales interpretables por el monitor
principalmente para poder ser visualizada. Al igual que la tarjeta de
sonido, ésta suele estar integrada en las placas base actuales. Para
disponer de una tarjeta de calidad normalmente hay que adquirirla e
instalarla por separado de la placa base.

v Tarjeta PCI-SCSI. Permite conectar al equipo discos SCSI, los cuales
suelen ser de mejor calidad y prestaciones que los discos normales.
Estas tarjetas y los discos no suelen ser nada econémicos.

" Tarjeta PCI-RAID. Permite implementar distintos tipos de sistemas
RAID. Suelen estar especializadas y sin duda daran mejor rendimiento
que los sistemas RAID integrados en las placas base.

a4

Consejo: Evitar los RAID hibridos o Fakeraid

Un RAID hibrido o fakeraid es creado por la BIOS de la placa base o la tarjeta de
expansion pero gestionado por el sistema operativo. Este tipo de RAID dado que
es gestionado por el sistema operativo que es un software es RAID software, por
lo tanto mucho mas lento que un RAID hardware.

Recuerda por tanto que si quieres un sistema RAID con buenas prestaciones
debera ser RAID por hardware.
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v Tarjeta PCI-IDE. Este tipo de tarjetas se utilizan fundamentalmente
para aumentar el nimero de puertos IDE del equipo.

 Tarjeta de expansion SATA. Permite aumentar el niimero de puertos
SATA internos o externos o dotar al equipo de ellos si no disponia.

Figura 2.63. Tarjeta SATA II ExpressCard

v Tarjeta expansién USB. Permite afiadir mas puertos USB al equipo.
Son econémicas y en el caso de adquirir una se aconseja optar por alguna
que como minimo tenga 4 puertos externos y uno interno.

Figura 2.64. Tarjeta de expansion USB VIA Vectro

a4

éSabes como se instala una tarjeta de expansién USB?
En el apartado 5.10.2 del capitulo 5 te ensefia a instalarla.
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v Tarjeta expansion Firewire. Al igual que la tarjeta anterior ésta es
similar pero para puertos firewire.

v Brackets. Se suelen utilizar para habilitar puertos externos,
normalmente en las ranuras de expansién del chasis, ya sean SATA,
USB, sonido.... Pueden suministrarse junto con la placa base.

A

—— A0

£ O w— e ¢ -

Figura 2.65. Bracket SATA

Tarjetas de expansion

» Realiza un estudio en distintas tiendas online de las tarjetas de
expansién que se han visto en este apartado. Elige una de cada tipo y
anota en el documento que redactes el precio medio, caracteristicas,
posibilidades... Incluye alguna foto si lo deseas de cada una de las
tarjetas.

El objetivo del ejercicio es que te familiarices con este tipo de hardware,
intenta no realizar un trabajo de copiar y pegar. Mira los distintos tipos
de tarjetas y conoce para qué sirven. En el caso de que tengas dudas
0 no comprendas alguna informacién coméntalo con el profesor.
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RESUMEN DEL CAPITULO

- Internos
- Externos

- Conectores |

- La caja o chasis (Material, formato y posibilidades de expansién)
- La placa base (formatos, elementos y socket)

- La BIOS

" - Northbridge
- Blchipset 1. gouthbridge

Elementos | - La memoria RAM (parametros, médulos, clasificacion, Robson)
Internos de
un Ssli - La tarjeta gréfica (memoria de video, GPU, caracteristicas)

- El microprocesador (disipacion del calor, parametros,
overclocking, fabricacién, futuro)

- PCI
- PCI Express
- AGP

- Los buses

- Tarjetas de expansion

Figura 2.66. Esquema del capitulo

El dominio de este capitulo es fundamental para el éxito de la asignatura.
En futuros capitulos se volvera a trabajar con los mismos conceptos pero
desde otra perspectiva (montaje, modding, consumo, tendencias...).

En este capitulo se estudian en profundidad los componentes de los que
esta compuesto un equipo informatico.

Se recomienda al alumno que domine a fondo poniendo un especial
énfasis a los apartados de la placa base, BIOS, chipset, RAM y
microprocesador pues muchos conceptos de los mismos volveran a
aparecer en los capitulos siguientes.



© RA-MA

EJERCICIOS PROPUESTOS

m 1. ;Cémo identificar el tipo de chip-

set Intel para sus equipos?

Bijate de la web de Intel el soft-
ware “Intel Chipset Identification
Utility”. Dependiendo del sistema
operativo deberas descargar un
software u otro. http://download-
center.intel.com/Product_Filter.
aspx?ProductID=861&lang=eng

Nota: En Windows® Vista de-
bes ejecutar el programa como
Administrador del sistema.

2. (Cémo se comparan diferentes
chipsets de Intel? En la siguiente
web puedes comparar chipset de
Intel:

http://compare.intel.com

Se propone al alumno que haga dos
comparaciones:

Varios chipsets de procesadores
xeon

Varios chipsets de procesadores
quad-core

3. Memorias alternativas de futuro.
Investiga en la web las memorias del
futuro, recopila informacién sobre
las memorias XDR, XDR2, MRAM,
PRAM, Z-RAM u otras que encuen-
tres y haz un pequeno resumen de
cada tipo de ellas.

4. Memoria RDRAM.

Compara esta memoria a las me-
morias de su tiempo y encuentra los
problemas que tuvo para que actual-

2 = ELEMENTOS INTERNOS DE UN SISTEMA MICROINFORMATICO

mente no se esté usando. Para ello
ayudate de Internet.

5. Médulos de memoria registered y
unbuffered.

Mira en la web qué son este tipo
de moédulos, qué ventajas o incon-
venientes tienen, en qué tipo de
equipos se instalan... realiza un
pequeno esquema de la informacién
encontrada. Extrae los conceptos im-
portantes sin hacer simplemente un
copiar y pegar. Para ello ayadate de
Internet.

6. Completa la siguiente secuencia
hasta donde puedas. Para ello debe-
ras buscar en Internet las palabras
que falten.

Hercio — Kilohercio — Megahercio —
Gigahercio — (sigue completando)

7. Qué son las siglas S/PDIF y para
qué sirven los conectores S/PDIF.

8. Qué es la entrada de linea de un
conector de sonido.

9. ;Es igual un puerto SATA a un
eSATA?

10. Qué es o para qué sirve la opcién
PWM de un fan o ventilador.

11. Para qué sirve el conector WOL
(Wake On Lan).

12. Qué tipo de procesadores soporta
el socket AM3.
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m 13. Qué microprocesadores forman
el chipset de una placa base.

m 14, Cudntos contactos tiene el socket
1156 de los Intel Core 15.

m 15. Qué es la memoria CMOS.

m 16. Qué es el factor multiplicador de
un microprocesador.

m 17. Qué es el jumper CLRCMOS de
la placa base.

m 18. Qué es la latencia de una memo-
ria RAM.

m 19. Qué diferencia hay entre la me-
moria DDR y GDDR.

m 20. Qué es SLI o Crossfire.

m 21. En las especificaciones de una
tarjeta de video veo los siguientes
datos:

" Microsoft DirectX
m 10

v OpenGL
m 2.1

" Soporte de bus
m PCI-E 2.0x16
(Qué significan?

m 22. Qué es un heatpipe.

= 23. Qué son las memorias caché L1,
L2 yL3.

m 24. Qué es el overclocking.
m 25. Qué es el backside bus.

= 26. Qué es un bracket.
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1 E1 USB 2.0 ofrece como maximo de
velocidad:

a) 400 Mbits/s

b) 60 MBytes/s

¢) 580 Mbits/s

2 El puerto paralelo o LPT1 tiene:
a) 25 pines
b) 9 pines
¢) 15 pines

3E1 puerto firewire:
a) Es un puerto paralelo de gran
velocidad que va a 400 Mbits/s
b) Funciona a 50 MB/s y 100 MB/s
c¢) Supera la velocidad de 800
Mbits/s

4Cuél de las siguientes frases es
falsa:
a) En el socket LGA los pines estan
en la placa base en vez de en el
micro.

© RA-MA
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b) En el socket PGA los pines estan
en el micro en vez de en la placa
base.

c¢) El formato BTX es el formato
propuesto por Intel para que en
un futuro sustituyese al ITX.

5Caracteristicas de la memoria
ROBSON:

a) Es mas rapida que el disco duro y
permanece la informacién cuan-
do el equipo se apaga.

b) Disminuye la autonomia de las
baterias de los portatiles al con-
sumir mucho, también se utiliza
a veces como ampliaciéon de la
memoria RAM.

¢) Se utiliza como caché de disco du-
ro pero nunca como ampliacion
de la memoria RAM.

61 Gigahercio (GHz) equivale a:
a) 109 Hercios Hz
b) 106 Hercios Hz
¢) 1010 Hercios Hz

7Cuél de las siguientes afirmaciones
es falsa:

a) A menor voltaje el consumo del
mismo serda menor y también me-
nor la generacién de calor.

b) A mayor voltaje el consumo del
mismo serda menor y también me-
nor la generacién de calor.

¢) A menor voltaje el consumo del
mismo sera mayor y también ma-
yor la generacién de calor.

3

9

1

2 = ELEMENTOS INTERNOS DE UN SISTEMA MICROINFORMATICO

El bus que comunica el
microprocesador con el Northbridge

se denomina (escoge la Unica correcta):

a) FCB
b) HDT
¢) LDT

Elige la afirmacién falsa:

a) La BIOS es un programa guarda-
do en una ROM y se ejecuta justo
cuando se enciende el equipo.

b) La BIOS es un programa guarda-
do en una EEPROM vy se ejecuta
justo cuando se enciende el equi-
po.

c¢) La BIOS es un programa guar-
dado en una ROM y se ejecuta
justo cuando se pulsa la tecla del
o suprimir cuando se enciende el
equipo.

OElige la afirmacién falsa:

a) Un voltaje mas alto en un micro
supone mayor consumo y tempe-
ratura, aunque a veces mejora el
rendimiento.

b) Las memorias DDR3 reducen el
consumo eléctrico en un 50% de-
bido a que el voltaje que necesi-
tan es mucho menor.

¢) Las memorias RAM pueden su-
frir fallos pues los bits pueden
cambiar de valor.
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Unidades de
almacenamiento
de la informacion

Objetivos del capitulo

v Conocerés los distintos tipos de
almacenamiento definitivo de la
informacion.

v Conocerés cuales son sus
caracteristicas, limitaciones y
sus aplicaciones.

v Conocerés los sistemas de
almacenamientos actuales,
antiguos y futuros.

v Conocerés las ventajas e
inconvenientes de unos sistemas
de almacenamiento frente a
otros.
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3 m UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION

........................................................................................................

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL
CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

Acceso aleatorio. Se accede directamente a la localizacién del dato.

Acceso secuencial. El acceso a un dato se hace tras pasar previamente
por los datos anteriores a él. Por ejemplo para acceder al dato 100 tengo
que pasar previamente por los datos 1, 2, 3... y 99.

Benchmark. Es una técnica o programa para medir el rendimiento de
un sistema.

Bracket. Es lo mismo que un alargador.

Buffer. Elemento que normalmente en el caso de las unidades de
almacenamiento de la informacién sirve como memoria intermedia
entre un elemento rapido y otro lento.

Codec. Sirve para codificar y decodificar el flujo o la sefial. Se utiliza
principalmente para video.

Defragmentacion. Es la reorganizacion de la informacion para hacer un
mejor uso del espacio. También puede entenderse como compactacion.

Encriptar. Es igual que cifrar. Cambiar el formato de la informacién
de tal manera que sélo las personas que tengan los medios puedan
descifrar dicha informacion.

Nanotecnologia. Es un campo de la ciencia que se encarga de manipular
la materia a una escala a nivel de Atomos y moléculas.

Pista de un CD. Una sesién en un CD puede contener una o mas
pistas. Un CD puede contener mas de una sesién. Una pista son sectores
contiguos que pueden contener datos.

Policarbonato. Es un material que resiste los impactos y a la
temperatura. Es facil de trabajar y moldear y se utiliza mucho en la
fabricacién de CD y DVD. Es el plastico transparente de los CD.
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B Pulgada. Una pulgada son 25,4 milimetros o lo que es lo mismo 2,54
centimetros.

m RPM. Revoluciones Por Minuto. Nuiumero de vueltas (revoluciones) con
respecto a un eje que da un objeto en un minuto.

B SCSI. Small Computer System Interface (Sistema de Interfaz para
Pequenias Computadoras). Hay gente que lo llama “escasi”. Es un tipo
de interfaz sobre todo de uso profesional y se caracteriza por una mayor
velocidad y fiabilidad frente a otros interfaces como los ATA.

m Terabyte. 1.024 GB.

................................................................................................................

3 DISPOSITIVOS
g MAGNETICOS

................................................................................................................

El sistema operativo y los programas necesitan estar en memoria para
ejecutarse. No es posible ejecutar un programa si no esta en memoria central
o0 RAM. Como hemos visto en capitulos anteriores la memoria RAM es volatil,
esto quiere decir que cuando se deja de suministrar energia eléctrica a la
misma ésta pierde su informacion. Dada esta situacion se necesita algin
dispositivo como discos duros, CD, DVD... que almacene la informacién de
forma definitiva (dispositivos no volatiles) para que ésta no se pierda.

Estos dispositivos de almacenamiento definitivo de la informaciéon han
ido mejorando con el tiempo permitiendo almacenar mucha mas informacion,
con un tiempo de acceso mucho menor y velocidades de transmisién mayores
conforme la tecnologia ha evolucionado.

Los dispositivos magnéticos mas importantes son:

B Disco duro. Son los més utilizados en la actualidad. La tecnologia va
evolucionando hacia discos SSD.

m Disco flexible. El tradicional disquete ya ha quedado obsoleto. Esta
en desuso. Los ordenadores nuevos no vienen montados con unidad de
disquete.

m Cinta. Utilizados para la realizacion de backup en entorno empresarial.
Se caracterizan por una gran capacidad de almacenamiento pero por el
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contrario el acceso de lectura es lento pues es un acceso secuencial. Cada
vez se utiliza menos este tipo de tecnologia.

(De qué estan compuestos los dispositivos magnéticos?

HE e Wt =X B ool mecnotzanic.

Sustrato: aluminio, vidrio,
plastico o ceramica

Figura 3.1. Composicion de un dispositivo magnético.

Los dispositivos magnéticos (discos duros, disquetes, cintas....) estan
formados por un sustrato al que en su superficie se ha depositado algun
material magnetizable.

Cabeza
Lecturalescritura Cada celda

almacena
Celda l / 1BIT

Pista —

Figura 3.2. Organizacion del material magnetizable en un disco.

El material magnetizable esta agrupado en celdas. Dependiendo del tamafio
de cada celda se podra almacenar mas o menos informacién en la misma
superficie. Cada celda va a representar un bit y el material en cada celda puede
estar magnetizado en alguno de los dos estados estables o bien puede estar sin
magnetizar como se puede apreciar en la figura anterior. La cabeza de lectura/
escritura permitira leer el soporte reconociendo la magnetizacién de las celdas
y escribir la informaciéon magnetizando la superficie del mismo.
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EL DISCO DURO

Caracteristicas de un disco duro
A continuacién se citaran algunas de las caracteristicas de un disco duro:
Es el dispositivo donde reside normalmente el sistema operativo.

Al contrario que la memoria RAM, es un dispositivo de almacenamiento
no volatil.

La informacion reside en la superficie de unos platos metalicos los cuales
estdn encerrados en una carcasa.

Contiene partes mecanicas y electrénicas.
Es un sistema de grabacion de forma magnética y digital.

El acceso a la informacidén es un acceso aleatorio.

Algunos elementos que componen un disco duro

BRAZO

CABEZA

EJE

PLATO

Figura 3.3. Interior de un disco duro.
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Platos. Los platos son el elemento que hace que un disco se llame
disco.

Un disco puede estar formado por uno o varios platos. En el caso de
contar con varios platos, éstos estaran apilados uno encima de otro y
rotaran todos a la vez.

La finalidad de un disco es almacenar informaciéon. Esta informacion
permanecera en el disco una vez el equipo esté apagado.

Los platos (el interior) normalmente estan fabricados en algtin material
metalico como puede ser aluminio o incluso otros tipos de material como
puede ser la ceramica o el vidrio. Las caras externas de los platos estan
cubiertas de material magnetizable (6xido de hierro u otro) o bien tienen
una pelicula metalica que también es magnetizable.

Figura 3.4. Desplazamiento del brazo en un disco.

Brazos. También llamados brazos actuadores. Es donde van montadas
las cabezas. Las cabezas son el elemento de méas precisiéon y por tanto
mas importantes del disco.

El brazo se desplaza de derecha a izquierda como se puede apreciar en
la figura anterior. Con este movimiento y el de la rotacién de los platos
puede accederse a toda la informacién del disco.

Cabezas. Las cabezas son el dispositivo electromagnético que se encarga
de leer, escribir y borrar los datos del dispositivo magnético.

Las cabezas aunque parezca que estian en contacto con el disco no lo
estan. Las cabezas vuelan sobre la superficie del disco pero sin tocarla.
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a4

Sabias que
Si la cabeza llegara a tocar la superficie del disco éste se estropearia.

Las cabezas se sitian siempre al final del brazo actuador y a través de
impulsos magnéticos se encargan de leer y escribir la informacién en el
plato.

Dependiendo del namero de platos que tenga el disco asi sera el nimero
de cabezas. Los platos tienen cabezas en ambas caras del disco. Esto es
obvio, puesto que no se va a desaprovechar una de las caras de un plato.
Si un disco tiene 2 platos debera de tener 4 cabezas (2 por cada plato).
El niimero de cabezas esta limitado por la BIOS a 16. No obstante hay
discos que tienen mas de 2 cabezas por plato gracias a la tecnologia
“sector translation”, la cual permite tener hasta 12 cabezas en un solo
plato.

a4

Sabias que
A pesar de la tecnologia sector translation, un disco no podra tener mas de 16
cabezas.

B La carcasa. El interior de un disco duro nunca puede tener polvo o
cualquier tipo de suciedad. Cualquier mota de polvo o suciedad depositada
en la superficie de los platos haria que un disco duro no funcionase
correctamente. Por este motivo los discos duros estan sellados mediante
la carcasa.

No obstante, los discos duros no estan herméticamente cerrados (el
cambio de presion podria hacer que no funcionasen de manera adecuada)
sino que tienen unos pequenos orificios llamados agujeros de aireaciéon
que permiten al disco duro adaptarse a los cambios de presién. Estos
agujeros haran también de filtro para que ninguna particula de polvo o
suciedad pase al interior del disco duro y lo estropee.
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Conceptos para referirse a zonas del disco

D Pista
Sector
D Cluster

Sector geométrico

Figura 3.5. Zonas de un disco.

m Pista. Es una circunferencia de la cara de un disco. La pista 0 es la pista
mas externa.

B Sector. Las pistas estan divididas en sectores. El tamano del sector
puede variar aunque normalmente se utiliza un sector de tamano 512
bytes.

a4

Sabias que

Dado que las pistas no tienen el mismo tamafio (las pistas exteriores son mas
grandes), los discos duros actuales tienen mas sectores en las pistas externas
que en las internas. Asi se aprovecha mejor la superficie del plato.
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B Cluster. Es un conjunto de sectores.

B Sector geométrico. Son los sectores contiguos pero de pistas diferentes.
Si el plato fuera una pizza, un sector geométrico seria una porcién.

Plato 1 Plato 2 Plato n

- Cilindro

Figura 3.7. Cilindros de un disco.

m Cilindro. Es la misma pista en los diferentes platos que tenga el disco.
Si colocamos un plato encima de otro y cogemos estas pistas lo que
obtenemos es un cilindro.

Tipos de direccionamiento

B CHS (Cylinder — Head — Sector). Actualmente este sistema no se usa
pues fue el primer sistema de direccionamiento que se us6. Mediante
la informacién del cilindro, la cabeza y el sector se puede conocer la
posicién de un dato en un disco.

m LBA (Logical Block Address). Este sistema consiste en dividir el disco
en sectores y darle a cada sector un nimero entero tinico. Actualmente
es el que se esta utilizando y es un sistema de direccionamiento 16gico
de bloques.

Caracteristicas de un disco duro

B Tiempo medio de busqueda. Es el tiempo medio que tarda la cabeza
en situarse en la pista elegida. Seria la mitad del tiempo empleado en ir
de la pista més cercana al eje hasta la mas alejada.
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T
2

TIEMPO MEDIO DE BUSQUEDA =

Figura 3.8. Tiempo medio de busqueda.

a4

Sabias que

Los discos no responden inmediatamente a un comando. Tienen un tiempo de
reaccion antes de ejecutarlo. Ese tiempo (command overhead time) puede ser
de unos 0,3 ms. En los ejercicios no se tendra en cuenta este tiempo.

® Latencia media. Es el tiempo medio que tarda la cabeza en situarse
en el sector elegido.

T
LATENCIA MEDIA = —
2

Figura 3.9. Latencia media.
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B Tiempo medio de acceso. Es el tiempo medio que tarda la cabeza en
situarse en el sector y pista elegidos. El tiempo medio de acceso es la
suma de la latencia media y el tiempo medio de busqueda.

m Velocidad de rotacion. Son las revoluciones por minuto (RPM) de los
platos. El numero de vueltas que da un plato por minuto.

B Tasa de transferencia. Velocidad a la que se transfiere la informacién
una vez la cabeza esté en el sector y pista elegidos.

n EJEMPLO 3.1

Tenemos un disco con una tasa de transferencia de 120 Mb
por segundo (algo alta por cierto) ;Cuanto tiempo tardara
en transferir 2 Gigabytes?

Como 1 Gigabyte son 1.024 Megabytes (MB), el total de informacién
a transferir son 1.024 * 2 = 2.048 MB.

120 Mb (Megabits) no son lo mismo que MB (Megabytes), por lo
tanto deberemos dividir 120 entre 8 (1byte = 8bits).

120 / 8 = 15 MB/s

Realizamos la siguiente regla de tres:
15 MB ——-—-—————————————— 1 seg
2048 MB ————-—————————-— X seg

X = 2.048 * 1 / 120 = 136,53 segundos

El disco transferira la informacion en algo menos de 2 minutos y
medio.

a4

Sabias que

Los discos profesionales SCSI tienen tiempos de busqueda y latencias mucho
mejores que un disco convencional. Algunos discos de 15.000 RPM pueden tener
tiempos de busqueda de 3 ms y latencias de 2 ms.
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n EJEMPLO 3.2

¢Cual es la velocidad de rotacion de un disco en RPM que
da 10.800 vueltas en 120 segundos?

Como 120 segundos son 2 minutos hariamos la siguiente regla de
tres:

X = 10.800 * 1 / 2 = 5.400 RPM

(Cual sera la latencia media de ese disco?

Como el disco da 5.400 vueltas en 60 segundos, vamos a calcular
el tiempo que tarda en dar una vuelta. Se haria la siguiente regla
de tres:

Redondeando al tercer decimal X valdria:

X =60 * 1 / 5.400 = 0,011 segundos = 11 milisegundos

La latencia media seria la mitad de ese tiempo, porque es el tiempo
que tarda en dar media vuelta.

Latencia media = 5,5 milisegundos

Teniendo en cuenta que la cabeza tarda en ir de la pista mas
cercana al eje a la més alejada 6 milisegundos ;Cual sera el tiempo
medio de acceso?

Primero tenemos que averiguar el tiempo medio de bisqueda. El
tiempo medio de busqueda sera la mitad del tiempo que la cabeza
tarda en ir de la pista mas cercana al eje a la mas alejada. En
nuestro caso 3 milisegundos.

Como el tiempo medio de acceso es la suma de la latencia media y
el tiempo medio de busqueda, la solucién a este apartado sera 5,5
+ 3 = 8,5 milisegundos.
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El interfaz del disco duro

Figura 3.10. Conectando un cable SATA al interfaz del disco.

Los interfaces de un disco duro pueden ser:
m IDE o PATA. Es el interfaz de los discos antiguos.

B SATA. Es el interfaz actual por excelencia. A su buen rendimiento se le
une que los discos SATA tienen un precio muy ajustado.

B SCSI. Son los mas rapidos y se utilizan en entornos profesionales que
requieren dispositivos de almacenamiento veloces. Estos discos son mas
caros que los convencionales.

Figura 3.11. Interfaz IDE.
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El interfaz SATA

Serial ATA reduce los 16 de ancho del bus ATA paralelo (PATA) a solo 1
bit, pero transmite a velocidades muy altas (1,5 Gbit/s o 3 Gbit/s). Dada la
velocidad de este interfaz, se utiliza un sistema de codificacién que da mayor
seguridad a la transmisién de datos y la velocidad efectiva al final se queda en
un 80% de las cifras citadas anteriormente.

a4

Importante

Una cosa es la velocidad maxima del interfaz y otra es la velocidad efectiva del
disco. Los discos nunca llegan a ser tan rapidos como su interfaz, siempre son
mas lentos.

La velocidad de este interfaz es de 150 MB/s (SATA I o SATA 150) o 300
MB/s (SATA II o SATA 300) frente a los 133 MB/s como méximo que ofrece el
PATA.

Los discos y controladoras SATA II son compatibles con los sistemas més
lentos (nunca se alcanzaran los 150 MB/s).

En un futuro se espera tener SATA 600 pero de momento como los discos no
llegan ni a la tercera parte de lo que ofrece SATA 300 no hay mucha prisa.

Interfaces para conexion externa de un disco duro

Una de las utilidades de los discos duros dada su capacidad y su bajo coste
es utilizarlos de manera portatil conectandolos al PC.

Las principales interfaces son las siguientes:

m USB 2.0. Es el méas difundido. Tiene un rendimiento aceptable y todos
los equipos cuentan con este tipo de puertos.

m FireWire. Més rapido que USB pero menos frecuente. Es un interfaz
similar al USB pero mucho mas rapido y menos extendido.
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m Serial ATA externo (eSATA). Los dos interfaces anteriores no son
nativos, con lo cual le otorga a este interfaz una mayor velocidad. Es la
mejor opcidn a nivel téenico puesto que el disco funcionard a la mayor
velocidad posible. El cable que va del conector eSATA al disco debe de
ser menor a 2 metros y 1 si se utiliza un Bracket.

m SCSI y SAS externas. Utilizado solo en el mundo profesional con un
coste y rendimiento muy altos. Sélo se utiliza cuando el interfaz eSATA
no ofrece el rendimiento pretendido.

Aparcamiento de un disco

El disco cuando se para aparca las cabezas en una zona especificamente
disefiada para ello llamada zona de aparcamiento.

Esta zona suele tener una zona rugosa que permite limpiar la cabeza de la
posible suciedad que haya podido ir recogiendo mientras trabajaba. Una capa
de carbono en esta zona acttia de lubricante para que la cabeza no se estropee
cuando se aparca.

D Cilindros de datos

. Zona de aparcamiento

Figura 3.12. Zona de aparcamiento de un disco.
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La zona se encuentra en la parte mas cercana al eje del plato.

Cuando la cabeza esté situada en esta zona se produce un contacto pero
ya a una velocidad inferior puesto que el disco ya esta frenando. La capa de
carbono citada anteriormente impedira que la cabeza se estropee.

Velocidad de rotacion

La velocidad de rotacién de los discos duros varia mucho. Hay discos que
rotan a 4.500 o 5.400 revoluciones por minuto (como los discos de los portatiles)
hasta discos SCSI que pueden rotar a 15.000 revoluciones por minuto (RPM).
Normalmente los discos de los equipos sobremesa funcionan a 7.200 RPM. En
los portatiles el aumento de RPM lleva consigo un aumento en el consumo de
bateria, por esa razén esos discos trabajan a menos revoluciones.

a4

Sabias que

Los discos duros de alto rendimiento que rotan a altas velocidades 10.000/15.000
RPM son mas ruidosos, consumen y se calientan mucho mas que un disco
estandar. En ocasiones eso implica una vida util mas corta.

Tamano fisico de los discos

Desde hace mucho tiempo, los discos duros de los equipos sobremesa tienen
un tamano estandar de 3,5” (3,5 pulgadas). En ordenadores portatiles el tamafio
mas comun es de 2,5” existiendo otras variantes de menor tamarnio como pueden
ser discos de 1,8” y otros de tamano mas reducido como los Microdrive.

Tamano del buffer o caché

La caché sirve como almacén entre un medio muy lento (la parte interna
del disco, la cual es mecanica y magnética) y uno rapido (la controladora de
disco). Los datos se almacenan en el buffer y en caso de que se vuelvan a leer
por segunda vez es posible que todavia estén alli, por lo tanto no hace falta
acceder al disco y la operacién serda mucho més rapida.
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e o o

o i i
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Figura 3.13. Memoria caché de un disco SATA.

Obviamente cuanto mayor sea la capacidad del buffer mejor sera el
rendimiento del disco. Por regla general los discos cuentan con 8, 16 o 32 MB
de buffer.

a4

Sabias que
Un tamanfo de buffer grande puede representar cierto peligro tedrico. Un corte
de corriente inesperado puede suponer una mayor pérdida de datos.

¥ SMAR.T.

S.M.A.R.T. (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es una
tecnologia gracias a la cual se pueden preveer posibles problemas antes de que
ocurran.
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a4

Sabias que

SMART es una tecnologia incluida por defecto en casi todos los discos actuales.
No obstante, sin esta caracteristica activada en la BIOS e instalar un software
que monitorice los avisos de SMART no sirve de nada.

Los discos duros con tecnologia S.M.A.R.T. miden decenas de variables
(tiempo de acelerado/frenado, temperaturas, altura de vuelo y posicién de
las cabezas respecto a puntos de referencia...) y compara esos valores con los
valores que se consideran normales. Si en esa comparacién se observa una en
que algun valor tiende a desviarse o encuentra algtin valor anormal avisa al
usuario.

Existen una infinidad de herramientas para la monitorizacion de SMART,
algunas de ellas son las siguientes:

Microsoft Windows®

En Windows® algunas de las aplicaciones S.M.A.R.T. son las siguientes:
® HD Tune.

B Active disk monitor.

m HDD Health.

m SpeedFan.

® Drive Manager.

Linux

" Smartmontools. El paquete smartmontools tiene dos programas
como son smartctl y smartd para controlar y monitorizar sistemas de
almacenamiento utilizando SMART. Funciona practicamente con todos
los tipos de discos. Estos programas mostraran posibles degradaciones
de los discos y futuros fallos.
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La instalacién en Ubuntu Linux es bien sencilla, basta con teclear en
linea de comandos:

sudo aptitude install smartmontools

La dltima versién de smartmontools y toda la documentaciéon esta
disponible en:

http://smartmontools.sourceforge.net/

Device Information - /dev/sda: HITACHI_DK23AA-12B - GSmartControl

Device: /devisda Model: HITACHI_DK23AA-128

identty | Gapabilties | Atributes | Emor Log | Sefrtest Log | Perfom Tests

SMART Atributes Data Structure revision number: 16

IDv | Name Failed Norm-ed value | Warst| Threshold = Raw value

1 RawRead ErrorRate | never 99 99 50 68719476757

i Start Stop Count never 97 97 50 3259

§3 Seek Error Rate never 100 100 50 760

9 Power On Hours never 20 20 60 21783
10 Spin Retry Gount never 100 100 50 ]
196 |Reallocated Event Countinow 1 E 250
197 {Current Pending Sector | never 97 a3 A 3

198 : Offline Uncorrectable never 100 100 1 ]

199 (UDMA CRC Error Count : never 200 200 o ]

221 G-Sense Error Rate never 100 100 50 42
223 {Load Retry Count never 100 100 50 149

Figura 3.14. Gsmartcontrol.

Existe un interfaz grafico que permite la utilizacién de smartmontools
de una forma méas comoda y se llama GsmartControl. La Gltima versiéon
y toda la documentacién de gsmartcontrol estan en la siguiente direccién
web:

http://gsmartcontrol.berlios.de/home/index.php/en/Home

PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION Y USO DE HDTUNE

HDTune es un benchmark que permite realizar pruebas e informes
del estado de los discos duros de un equipo informético.
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INSTALACION Y USO DE HDTUNE (CONT.)

El programa ademaéas de indicar la temperatura del disco en la
botonera superior, tiene 4 pestanas principales:

Benchmark
Info
Health

Error scan

Pestana benchmark

& HD Tune 2.55 - Hard Disk Utility

SAMSUNG HDOBOH. (80 GE) v a 44°C

¥ Benchmark | § Info |k Health | &, EnorScan

70

&
&
o
&
o

Transfer Rate
Minirnum

27.2 MB/sec
I awirnum

59.4 MB/sec
Average:

47.8 MB/sec

Access Time:
16.7 ms

Burst Rate
124.6 MB/sec

CPU Usage
1.4%

Figura 3.15. HDTune — Benchmark.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION Y USO DE HDTUNE (CONT.)

En esta pestana se puede someter al disco a una serie de pruebas
para obtener los siguientes parametros:

Tasa de transferencia (transfer rate). Es la cantidad de
informacién por unidad de tiempo (segundo) que el disco
transfiere una vez que la aguja estd en la pista y sector
determinado.

— Minima
— Maxima

— Media

El tiempo de acceso, que es el tiempo que tarda la aguja en
colocarse en la pista y sector deseados.

Burst rate. Es la maxima velocidad (en megabytes por Segundo)
a la cual los datos pueden ser transferidos desde el interface del
disco (IDE, SATA, SCSI...) al sistema operativo.

Uso de CPU. Es el porcentaje de CPU que necesita el sistema al
leer datos desde el disco duro.

Estos conceptos se estudiaron en el apartado “3.2.1 El disco duro”
de este capitulo.

© RA-MA
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION Y USO DE HDTUNE (CONT.)

Pestana info

4% HD Tune 2.55 - Hard Disk Utility

SAMSUNG HDOBDHJ (80 GB) Janc \ B @ H % | R Esit
¢ Benchmark| & Info e Healh | & Eror Scan|
Pation | Diive letter | Label Capachy Usage Tope Boatable
36357 MB 508% NTFS Yes
36483 MEB 0.00% unknown Mo
3 1435 MB 000% unknown .. No

Sugponted features
MaRT [] Asutomatic Acoustic M anagement
bit Address Pawar Management

ad Look-Ahead [ &dvanced Power Management

ite Cache. Interface Power M anagement
Host Protested Aiea (] Power-up in Standby
Device Configuration Dverlay Secury Mode
Firmware Upgiadable Native Command Queing [NCQ)
Firnware version: WT100-41  Standard ATA/ATAPIZ - SATA Il
Serial number SOSEJ1LLA4S025  Supporied:  UDMA Mode 7 (Ultia ATA/512)
Capasiy 74568 ("80.0GB)  Active: UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Bulfer 8192 KB

Figura 3.16. HDTune — Info.
Esta pestana esta dividida en tres secciones.

B La primera muestra informacién detallada de cada particién
del disco.

m La segunda muestra qué caracteristicas estan soportadas
® La tercera muestra informacién basica:

— Versién del firmware

— Numero de serie

— Capacidad

— Tamano del buffer

— Interfaz standard

— Modo maximo y activo de transferencia
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION Y USO DE HDTUNE (CONT.)

Pestana Health

HD Tune 2.55 - Hard Disk Utility:

SaMSUNG HDOS0H (80 GE) a 30°C | % ’@ ﬁ % | K Exit
| % Benchmark | & Info ‘ b Health | @, Enmor Scan|

D Current | ‘worst Threshold Data Status
[07] Raw Read Ermor Rate 100 100 A1 1 Ok
[03) Spin Up Time 100 100 28 3968 Ok
[04) Start/Stop Count 100 100 1] 678 Ok
[05) Reallocated Sector Caunt 283 253 10 1] Ok
[07] Seek Error Rate 253 253 A1 1] Ok
[08) Seek Time Perfarmance 253 2R3 15 1] Ok
[09] Power On Houws Count 100 100 1] 1566 Ok
[0&]) Spin Rety Count 283 253 51 1] Ok
[DB] Calibration Fety Count 253 253 1] 1] Ok
[OC]) Pawer Cycle Count 100 100 1] 419 Ok
[BE] [unknown attribute] 253 253 1] 1] Ok
[BE] Airflow Temperature 148 7B 1] 30 Ok
[C2] Temperature 148 76 1] 30 Ok
[C3) Hardware ECC Recovered 100 100 1] 380668 Ok
[C4] Reallocated Event Count 253 253 1] 1] Ok
[C5]) Current Pending Sectar 283 253 1] 1] Ok
[CE] Offline Uncorrectable 253 253 1] 1] Ok
[C7] Ultra D#& CRC Error Count 200 200 ] 1] Ok
[C8] write Error Fate 253 100 1] 1] Ok
[C9) TA Counter Detected 253 100 1] 1] Ok
[CA] TA Counter Increased 253 253 1] o Ok
Pawer On Time: 1566 Health Status: Ok

Figura 3.17. HDTune — Health.

En esta pestafia nos notifica el programa el estado del disco. Si
algun valor current (el actual) o worst (el peor) baja por debajo del
umbral (threshold) o si algin valor en la columna estado indica
Failed quiere decir que tenemos problemas con el disco.

El parametro power on time es el tiempo en horas (algunos
fabricantes lo indican en minutos o en segundos) que ha estado
trabajando el disco.

© RA-MA
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION Y USO DE HDTUNE (CONT.)

Pestana Error scan

# HD Tune 2.55 - Hard Disk Utility

SAMSLING HDOSOHJ (80 GB) VETR BmE e
| & Benchmark | @ Info | df Healh| S Emor Scan I
Stop
[] Quick Scan
Legend
o - 30MB

ook

W Damaged

Damaged Blocks
00

Scanning Speed
38.3 MB/sec

Position
17216 MB

Elapsed Time
5:41

Figura 3.18. HDTune — Error Scan.

Esta pestana escanea la superficie del disco en busca de posibles
errores. Los errores se presentan como cuadritos en rojo
(damaged).

£lFZE] MITOS CON RESPECTO A LOS DISCOS DUROS

v El formateo de un disco no reduce su vida ttil. Las cabezas de lectura
escritura no estan en contacto con la superficie del plato con lo cual no
hay peligro de que el disco se dafie.
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v El formateo de un disco no dafia tanto al cabezal como a la aguja
lectoescritora dado que el formateo es una operaciéon secuencial (sector
200, sector 201, sector 202...).

v La defragmentacién de un disco no dafia tanto al cabezal como a la
aguja lectoescritora. Al contrario, provoca un beneficio cuando se esté
trabajando con el disco dado que la informacién estara contigua.

v Si un disco tiene sectores dafiados por aterrizaje de agujas o algo
parecido, lo mas normal es que el nimero de sectores danados aumente
por el uso del disco.

" Descargar archivos y demds informacién de Internet no tiene por qué
reducir la vida del disco. El disco siempre esta funcionando, con lo cual
el desgaste por grabar cosas al disco no es significativo.

" Los cortes de luz no deberian provocar dafios en los discos. Cuando el
disco detecta que no hay suministro eléctrico las cabezas del mismo se
aparcan en la zona correspondiente y de este modo la aguja no dana el
plato.

v Formateando un disco podemos desechar los sectores defectuosos
debido a que éstos son sustituidos por otros sanos. No obstante sectores
defectuosos indican que algo malo puede estar pasando en el disco.
El disco no esta funcionando correctamente y el nimero de sectores
defectuosos ira aumentando.

" Formatear un disco duro no hace que vaya méas rapido. Lo que hace ir
mas rapido al disco es la instalacion desde cero del sistema operativo. A
veces resulta mas operativo simplemente defragmentar el disco.

EJFIZ] ESTRUCTURA LOGICA DE UN DISCO

Las particiones

Practicamente todos los discos incluso los dispositivos con memoria flash
se pueden particionar.
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a4

Importante

Una particion es una division del disco duro que puede tener un sistema de
archivos independiente. Un disco puede tener varias particiones con varios
sistemas de archivos.

Existen tres tipos de particiones principales:
B Primaria

m Extendida. Las particiones extendidas pueden albergar particiones
logicas.

m Logica

Las particiones extendidas son necesarias, porque si no un disco solamente
podria tener 4 particiones.

a4

Sabias que
Los sistemas operativos generalmente se instalan en particiones primarias.

En el particionamiento se siguen una serie de reglas y limitaciones que se
van a ver a continuacién:

v Regla 1: Un disco s6lo puede tener hasta 4 particiones primarias

v Regla 2: Las particiones extendidas cuentan como si fueran particiones
primarias

v Regla 3: No puede existir mas de una particién extendida

v Regla 4: Dentro de una particién extendida pueden existir una o varias
particiones légicas
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éPuedo tener un disco con 2 particiones primarias y 2
extendidas?

No, segun la regla 3 no puede existir mas de una particion
extendida.

éPuedo tener un disco con 2 particiones primariasy 5
légicas?

No, puesto que no existe ninguna particion extendida.

éPuedo tener en un disco 3 particiones primarias, 1
particion extendida y 4 particiones légicas?

Si, siempre que las particiones logicas estén dentro de la
particion extendida.

éPuedo tener en un disco 7 sistemas de archivos
diferentes o repetidos?

Si. El disco anterior podria tener todos esos sistemas.

Formateo a bajo nivel o formateo fisico

El formateo a bajo nivel se encarga de hacer un chequeo en profundidad
de la superficie del disco. Verifica que todos los bytes de la superficie del disco
pueden ser leidos y escritos sin problemas. En caso de encontrar algtun tipo de

error, lo que no es extrafo, se marcan como malos y no se vuelven a utilizar.

Los discos ya vienen formateados a bajo nivel de fabrica y no es necesario
reformatearlos. El formato no se pierde salvo en raras circunstancias (altas

temperaturas, exposicién a campos magnéticos...).
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a4

Importante

Antes de formatear a bajo nivel un disco duro asegurate de que es
completamente necesario hacerlo, quizas lo Unico que necesita el disco es
solamente un formateo a alto nivel.

Formateo a alto nivel o formateo légico

Muchos de los dispositivos que adquirimos vienen ya formateados de fabrica
y no hace falta volverlos a formatear. No obstante siempre que realizamos
particiones a un disco hay que formatear dichas particiones e implantar un
sistema de archivos.

a4

Importante
El formateo implica la pérdida de informacion que habia en el disco.

a4

Recuerda
Primero se particiona y luego se formatea légicamente.

Cada sistema operativo tiene un sistema de ficheros diferente. Los sistemas
de ficheros més usuales son los siguientes:

v Sistemas Windows®: FAT32 y NTFS
v Sistemas Linux: Ext3, Ext4, ReiserFS y Reiser4

Ademas de éstos, existen otros tipos de sistemas de archivos pero menos
frecuentes o mas antiguos.
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Las particiones activas

Las particiones primarias son las utilizadas para instalar los sistemas
operativos.

Si un equipo no tiene ninguna particién activa, al arrancar dara un fallo.

El sistema operativo de la particion activa sera el que se cargue al arrancar
desde el disco duro.

Recuerda
Para que un disco duro se pueda utilizar y arrancar tiene que tener al menos
una particiéon primaria activada y con un sistema operativo instalado en ella.

El sector de arranque

Un disco se compone de un sector de arranque y una serie de particiones y,
opcionalmente, espacio sin particionar.

El sector de arranque es el primer sector del disco (cabeza 0, cilindro 0 y
sector 1). Dentro de él esta la tabla de particiones y el Master Boot o gestor de
arranque. Este programa lee la tabla de particiones y cede el control al sector
de arranque de la particién activa. Como se ha dicho antes si no hay particiéon
activa, el equipo da un error al arrancar.

ESTRUCTURA DEL MASTER BOOT RECORD

446 Bytes — Cédigo maquina (gestor de arranque o Boot manager)

64 Bytes — Tabla de particiones

2 Bytes — Firma de unidad arrancable (“055AAh” en hexadecimal)

Primer sector fisico del disco. Tamafio 512 Bytes

Figura 3.19. Estructura del Master Boot Record.
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El sector de arranque tiene 512 Bytes (446+64+2 = 512) como se puede
observar en la figura anterior.

a4

éSabias que existen discos hibridos que son una mezcla de unidad SSD
y disco duro tradicional?

En el apartado 9.4.3 del capitulo 9 se explica a fondo como funciona esta
tecnologia.

P25 OTROS DISPOSITIVOS MAGNETICOS

El disco flexible, disquete o floppy disk

#“imation
2HD IBM

formattod formatéo

1.44mp

Figura 3.20. Disco flexible o disquete.

Los disquetes han sido una solucién muy utilizada y extendida. El disquete
de mayor capacidad es el que se presenta en la imagen anterior y llegb a tener
1,44 MB. Era un disquete de 3,5” (pulgadas) de doble cara y alta densidad. IBM
cre6 un disquete con capacidad mayor (2,88 MB) pero no llegb a utilizarse de
forma masiva.
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#“imation
£ tomatid tormatee

Figura 3.21. Interior de un disco flexible o disquete.

Las diferencias del disquete con respecto al disco duro son:

Las cabezas de lectura/escritura estan en contacto con la superficie del
plato (lo cual implica que se estropeara antes que un disco duro debido
al roce).

El disco es flexible mientras que el disco duro no. También se han
denominado los disquetes como discos flexibles.

La velocidad de rotacién es de 300 a 600 RPM. Obviamente si la cabeza
de lectura/escritura estd en contacto con la superficie del plato no es
imaginable que alcancen la velocidad de rotaciéon de un disco duro (se
quemaria el disquete).

Mouse Driver

Figura 3.22. Disquete de 3,5 pulgadas frente a uno de 5,25 pulgadas.
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Las cintas magnéticas

Las cintas magnéticas han sido la opcion de copia de seguridad méas habitual
en entornos empresariales. Es mas, hace tiempo la palabra backup implicaba
cinta magnética.

s, M3,

compressed capacity: 24GB
www.hp.com/go/storagemedia/dds

€ £

Figura 3.23. Cinta magnética DDS3. Capacidad 24GB.

La cinta magnética es un método de grabacién secuencial, con lo cual si
se quiere acceder a un dato que se encuentre al final de la cinta, la unidad de
cinta deber4 rebobinarla toda hasta acceder al dato. La recuperacion de datos
se hace muy lenta, no asi la grabacion (al ser secuencial es mucho mayor).

Las cintas magnéticas se han estado utilizando desde los afios 50. Las
cintas han ido evolucionando en aspectos como:

v La envoltura
4 La densidad de los datos

' La composicién de la cinta

Las cintas se siguen utilizando en la actualidad. Las cintas de mas capacidad
en la actualidad son de 1 Terabyte de datos sin comprimir.

Las unidades de cinta de mayor calidad pueden llegar a velocidades de 120
MB/s.
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También existen sistemas de encriptacién que hacen que la informacion
grabada en las cintas no pueda ser leida por personal ajeno por razones de
seguridad.

Ventajas y limitaciones de las cintas

m Ventajas:

" La gran capacidad de los soportes. Tienen una alta densidad de
grabacion.

" Son féciles de manejar.

" El coste por BIT es bajo.

® Limitaciones:

" Los registros no son accesibles directamente sino que hay que acceder
a ellos secuencialmente.

4 Las cintas son sensibles a factores ambientales. Una mala
conservacion puede dafarlas.

4

Sabias que

Las cintas poseen una alta densidad de grabacion. La densidad de grabacién es
la cantidad de informacidn que cabe en una unidad de espacio. Normalmente
se mide en bytes por pulgada.

B Unidad de informacién = byte

B Unidad de espacio = pulgada

Formatos de unidades de cinta

Uno de los formatos de cinta mas utilizado es el DDS que ha evolucionado
de la tecnologia DAT (Digital Audio Tape).
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Las cintas DDS tienen un ancho de 3,8 milimetros y aunque al principio las
cintas eran de 60 a 90 metros el tamafio se ha ido incrementando gracias a los
nuevos materiales que van apareciendo.

La grabacién es la misma que la de los videos. Hay cabezales de lectura y
escritura. Cuando los cabezales de lectura detectan que los datos no se han
escrito correctamente, los de escritura lo reescriben.

Los cartuchos DDS estan disenados para que aguanten 100 backups o 2.000
pasadas y duren mas de 10 afios.

................................................................................................................

3 3 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
" OPTICO

................................................................................................................

Capa de datos]

CD v o

2,1 pm H lente

DVD =

/\
1,3 pm ﬁ lente

Laser
B I u 'ray ¢ [ Blu-ray Capa de datos]
0,5 pm
ﬁ lente
Laser

Figura 3.24. Comparativa entre los diferentes soportes opticos.

Los dispositivos de almacenamiento dptico tienen una serie de ventajas
frente a otros tipos de dispositivos:

" El coste por BIT. Su coste reducido hace que sean un producto sumamente
utilizado.
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v El soporte dura indefinidamente debido a que la lectura no desgasta el
disco. La informacién no se degrada con el paso del tiempo. Tampoco
disminuye la calidad con el tiempo salvo que se deteriore fisicamente
el soporte.

" Los campos magnéticos no afectan a los datos.
" Los materiales del soporte aguantan la humedad.

" Pueden aguantar golpes siempre que la superficie de datos no se dafie.

a4

Sabias que

Existe un hongo de tipo Geotrichum que se alimenta del carbono y el
nitrégeno de la capa plastica de policarbonato del CD y destruye las pistas de
informacion grabadas en la capa de aluminio.

Los dispositivos de almacenamiento éptico, lectoras y regrabadoras, utilizan
un haz laser para leer y escribir los datos en los soportes épticos. Como se
puede ver en la figura anterior, el laser del Blu-ray es mucho maés preciso que
el del DVD y el del DVD es a su vez mas preciso que el del CD (no hay nada
mas que ver el didAmetro de ancho de los tres y su capacidad).

a4

éQuieres saber como se monta una unidad o6ptica en un equipo?
En el apartado 5.9 del capitulo 5 explica cdmo se fijan las unidades opticas al
chasis y se conectan al resto de componentes.
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Bl ELCD

CD es el acrénimo de Compact Disk (disco compacto). Fueron Sony® y
Philips® (Toshitada Doi de Japén —Sony® - y Kees Immink de Holanda —
Philips® -) los que en 1979 inventaron el CD y en 1982 empez6 a comercializarse.
Ya en 1984 los CD entran en el mundo informatico con una capacidad de 700
MB.

El CD fue un adelanto tecnolégico importantisimo dado que el soporte
mas utilizado era el disquete y sélo tenia 1,44 MB de capacidad. No obstante
debido a la crisis econémica que habia en aquella época las ventas no fueron
espectaculares. Su principal utilizaciéon en un principio fue el almacenamiento
de musica aunque actualmente puede almacenar cualquier tipo de dato.

E1 CD es un soporte de tipo 6ptico frente al disquete o las cintas que son de
tipo magnético.

Figura 3.25. Los datos en un CD se graban en espiral.

Los datos en un CD se graban en espiral comenzando por el interior del CD
hacia el exterior.

Figura 3.26. Diez céntimos de florin holandés.
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El agujero interior de los CD es de 15 milimetros inspirado en la moneda de
10 centavos de florin holandesa. También el diAmetro del CD es de 5 pulgadas
(12,7 cms) y corresponde a la anchura de los bolsillos de las camisas de los
hombres de la época pues segin Sony® y su filosofia debia de caber en ellos.

Especificaciones del CD
" Un CD de audio se reproduce a una velocidad de 150 KB por segundo.
 Esta velocidad es la referencia. Se denomina velocidad 1X.

" Un lector que lee a 24X ira a una velocidad 24*150 KB/s = 3.600 KB/s
= 3,6 MB/s

a4

En realidad esta formula funciona para las velocidades 4X o inferiores. Para
velocidades superiores a 4X, el resultado que nos dé la formula se toma como
velocidad maxima, siendo la velocidad real inferior a ésta.

Estructura de los CD

Figura 3.27. Capas de un CD.
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Composicion de las diferentes capas:

m Capa 1. Etiqueta

m Capa 2. Capa de laca protectora para evitar la oxidacién
m Capa 3. Capa de aluminio refractante que refleja el laser

m Capa 4. Capa de policarbonato

Tipos de CD
Los tipos de CD existentes son los siguientes:
" CD-DA. Audio
+* CDROM. Datos
" CD-R. De grabacién casera

" CD-RW. De regrabacién casera

u CD-DA o CD-Audio o CD-A
v Utilizado principalmente para almacenar musica.
" Tiene un espesor de 1,2 milimetros.
" Puede llegar a tener hasta 99 pistas.

" Los datos se graban en espiral desde el centro del disco hacia fuera
teniendo en cuenta que entre pista y pista tiene que haber una
separacién de 1,6 micras.

v Almacena por regla general 74 minutos de musica aunque puede
llegar a almacenar 80 minutos en varias pistas.

+ Posee un sistema de correccién de errores CIRC mediante el cual si
el disco tiene defectos en su superficie de 2 milimetros de largo y se
pierde la informacion bajo ellos, estos defectos pasan inadvertidos.

" Tieneuntamaiioestdndar de 120 milimetros, aunque existen versiones
mas pequenas de 80 milimetros y otras no estandarizadas.
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m CD-ROM

NN

Los CDROM se fabrican por un proceso que se llama estampacion.

Son discos de sélo lectura. Una vez grabados no se puede modificar
la informacién en ellos.

Aunque externamente se parecen a los CD-A, internamente tienen
otra estructura.

Son muy econémicos.
La capacidad mas frecuente es de 650 MB o 700 MB.
Se suelen utilizar para la distribucién de software.

Un CD normalmente pesa menos de 30 gramos.

m CD-R (CD-Recordable)

v

Aunque externamente se parece a un CD-ROM, internamente son
muy diferentes.

Estos discos son utilizados para grabacién casera.

Solo pueden ser grabados una vez.

Se puede grabar en varias sesiones (varias veces) aunque se pierden
bastantes megas por este método. Los datos grabados en las siguientes

sesiones se colocaran al final de los datos de la sesién anterior.

Utilizan una correccién de errores EFM que es la correcciéon de errores
CIRC mas una correccién de errores definida para los CD-ROM.

Las capacidades habituales son de 650 MB o 700 MB aunque hay
tamanos mayores.

La superficie grabada se puede distinguir a simple vista en la cara
del CD puesto que tiene una tonalidad mas oscura.

© RA-MA
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m CD-RW

" Son discos regrabables. Esto quiere decir que se pueden grabar
varias veces.

" Se suelen emplear para copias de seguridad o backup.
" Su coste es superior al de los CD-R.
" Un CD-RW puede regrabarse unas 1.000 veces

" Estos discos solo son leidos por lectores que soporten la caracteristica
CD-RW.

" No han tenido tanto éxito como los CD-R.

Las siglas DVD son el acrénimo de Digital Versatile Disk (disco digital
versatil). Este tipo de soporte se utiliza principalmente para el almacenamiento
de peliculas y también puede utilizarse para almacenar datos.

Figura 3.28. DVD-R 8 milimetros. Usado sobre todo en cdmaras de video.
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La apariencia externa de un DVD es practicamente igual a la de un CD (12
centimetros de diametro). En un DVD pregrabado, la informacion se representa
también como microscopicos hoyos (pits) dentro de la superficie interior del
DVD, la cual esta protegida por el policarbonato. La diferencia entre estos
hoyos en el DVD y en el CD es que los primeros son mas pequenos. Si esas
marcas son mas pequenas y estdn mas juntas la capacidad del soporte sera
mucho mayor, también el haz de laser tendra que tener un menor diametro y
ser mas preciso.

Tabla 3.1. Especificaciones de CD y DVD

Longitud

de onda del 780 nandmetros 650 nanémetros
laser

Separacion

entre dos

1,6 micras 0,7 micras
vueltas de ! !
la espiral
Tamaiho
minimo del 0,85 micras 0,4 micras

pit (hoyo)

Estructura de los DVD

//
\
©©e ® 08 O

Figura 3.29. Capas de un DVD+R doble capa.
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Composicion de las diferentes capas en un DVD + R doble capa:

Tipos

Capa 1. Etiqueta

Capa 2. Capa de policarbonato

Capa 3. Reflector metalico + capa 1

Capa 4. Separador

Capa 5. Reflector metalico semitransparente + capa 0

Capa 6. Capa de policarbonato

v DVD-Video

v DVD-ROM

v DVD-R y DVD-RW

v DVD+R y DVD+RW

DVD-Video

V" Utilizados para video. Fue la primera aplicacién de los DVD y atn
es la mas utilizada.

v Codificacién del video en MPEG-2.

v Codificacién en zonas (EEUU y Canadd, China, Europa...). Un
reproductor que no sea multizona solo puede reproducir los DVD de
su zona o los de zona 0.

 Sistemas anticopia (han demostrado ser inutiles).

DVD-ROM
" Su funcién es almacenar datos.

v Es la versiéon DVD del CD-ROM.
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® DVD-R y DVD-RW
v Esla translacién del CD-R y CD-RW al soporte DVD.

" Un DVD-R sélo se puede grabar una vez mientras que un —RW
permite multiples grabaciones.

" Desarrollado por DVD Forum.

" Normalmente tienen una capacidad de 4,7 GB si tienen una capa y
8,5 los de doble capa.

= DVD+R y DVD+RW

" Un DVD+R sélo se puede grabar una vez mientras que un +RW
permite multiples grabaciones.

v Desarrollado por DVD Alliance® y Philips®. Crearon este formato
para no pagar licencia al DVD Forum (los discos de este tipo no
muestran el logotipo DVD).

' Actualmente Los lectores y grabadores en su mayoria son compatibles
con formatos +R +RW y —R —RW.

EJEJE] BLU-RAY. LASER AZUL

El Blu-ray es la evoluciéon del DVD. Es un formato de dltima generacién.
Los 8,5 GB de un DVD resultan insuficientes para hacer copias de seguridad
de los sistemas y la calidad del DVD-Video ha quedado desfasada frente a la
calidad de las nuevas televisiones.

Sus caracteristicas son las siguientes:

" El tamafio del soporte sigue siendo el mismo (12 centimetros).
V" Utiliza una tecnologia de l4ser azul.

" Soporta video de alta definicién (HD - High Definition).

" Soporta codecs de video de alta definicion.

" Soporta nuevos codecs de sonido de alta resolucién.



© RA-MA 3 ® UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION

" Mayor velocidad.
v Nuevos sistemas avanzados de proteccién de contenidos.

v Capacidad de 25 GB en soportes de una capa y 50 GB para soportes a
doble capa.

" Blu-ray ha ganado la guerra comercial a su competidor HD-DVD.

a4

éSabias que existen soportes que tienen mucha mas capacidad que un
blu-ray?

Se Ilama almacenamiento holografico y en los apartados 9.4.8 y 9.4.9 del
capitulo 9 se explica a fondo esta tecnologia.

................................................................................................................

3 4 MEMORIAS
. SOLIDAS

Las memorias sélidas o memorias provenientes de las memorias flash
estan siendo cada vez mas utilizadas en muchos dispositivos. Los portatiles y
demaés dispositivos electrénicos (cAmaras, méviles, reproductores,...) cada vez
tienen un formato més reducido y haciendo que este tipo de memorias se haga
imprescindible desbancando a otro tipo de tecnologia méas antigua como los
discos duros tradicionales.

ElZ51 MEMORIAS FLASH

Las memorias flash son un tipo de memoria ROM, EEPROM (Electrically
Erasable Read Only Memory).

Existen dos tipos de memoria flash dependiendo del tipo de dispositivos
electronicos que utilicen:

v Tipo NOR. Obsoleto.
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" Tipo NAND. M4s rapida y barata que la anterior. Permite que multiples
posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operaciéon
de programacién mediante impulsos eléctricos.

Los chips de memoria flash se encuentran en muchos dispositivos como
pueden ser grandes electrodomésticos, automéviles, teléfonos moéviles, tarjetas
de memoria, reproductores MP3/4...

Figura 3.30. Tarjeta MicroSD de 2GB.

Caracteristicas de las memorias flash
' La informacién permanece sin que haga falta alimentarla

4 Es ideal para utilizar en dispositivos de reducido tamafio como
reproductores MP3, teléfonos méviles, camaras...

La velocidad de estas memorias cada vez es mayor
Son baratas
Resisten a los golpes

Consumen muy poca energia

N NN

No son ruidosas como otros dispositivos como discos duros

EEPROM

~ No volati]

_
FLASH

Figura 3.31. Comparativa entre DRAM — ROM — EEPROM.
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En la figura anterior se puede ver como las memorias flash tienen la
combinacién de las ventajas de las memorias DRAM, ROM y EEPROM. De ahi
su popularidad creciente, la mayoria de dispositivos como camaras, teléfonos
moéviles, PDA... utilizan este tipo de memorias.

Concretamente las memorias flash tienen las siguientes propiedades:

" No volatil. Al contrario que las memorias DRAM (RAM), las memorias
flash no pierden la informacién si no son alimentadas eléctricamente.

" Actualizable. Es posible el actualizar la informacién de estas memorias,
cosa que no es posible con las memorias ROM.

v Alta densidad. Es posible fabricar memorias que puedan almacenar
muchainformacién con un tamano reducido. Al contrario quelas EEPROM
tradicionales, las memorias flash tienen una gran capacidad.

a4

Sabias que

Las memorias flash tienen un nimero limitado de borrados y escrituras, entre
10.000 y un millén o incluso superior. Esto depende de la celda, del voltaje que
hay que aplicar para el borrado, del tipo de proceso de fabricacion... No obstante,
para cuando eso ocurra, la memoria ya hace tiempo que ha quedado obsoleta.

Adaptadores

Figura 3.32. Adaptador USB para tarjeta MicroSD.

Existen numerosos modelos de adaptadores para tarjetas flash. Lo més util
es que sea un adaptador a puerto USB siendo recomendable que sea USB 2.0
para no penalizar la velocidad de lectura/escritura.
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Figura 3.33. Adaptador MicroSD a SD.

En la figura anterior se puede ver un adaptador de tarjeta microSD a
tarjeta SD, util pues algunos lectores de tarjetas no leen microSD y si SD.

Formatos de tarjetas de memoria

Aunque todas las tarjetas de memoria realizan la misma funcién hay
muchos modelos de los que el predominante es el formato SD.

Tabla 3.2. Caracteristicas de las tarjetas flash

CompactFlash tipo I CF-I Grandes; solo para profesionales
SmartMediaCard SMD Totalmente desfasada
MultiMediaCard MMC Lenta, desfasada
MMCplus MMC+ Util, pero algo tardia
Secure Digital Card SD 7 exrszldcjgi"(’j'a‘c’fersiedad e
SD High Capacity Card SDHC 2 @ mssspfc‘?#icire ECplelec
Memory Stick MS Lenta,Sepxeceedpt;)Pnlgch)djl(oas High
xD-Picture Card xD Propietaria y solo para fotos
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a4

éSabias que en el futuro las tarjetas flash podran tener hasta 2
Terabytes de informacion?

En el apartado 9.4.10 del capitulo 9 explica la tecnologia SDXC la cual
sustituye a la SDHC.

Tarjetas Secure Digital (SD)

Existen dispositivos que utilizan tarjetas (SD) que también pueden utilizar
sus predecesoras, las MMC. Se denominan SD/MMC.

TEC oL

30330-026.A00LF P775692X02 C €

Figura 3.34. Tarjeta SD 512 MB.

Su velocidad puede llegar hasta los 20 MB/s.

Dado que a partir de las tarjetas de 1 GB existen incompatibilidades en
dispositivos anfitriones se ha implantado el estdandar SDHC que permite
capacidades de 2 a 32 GB.

a4

Importante
Los dispositivos compatibles con tarjetas SDHC aceptan tarjetas SD pero no al
contrario.
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Futuro de las memorias flash

Las memorias flash van a ser mucho mas densas a partir de ahora gracias
a la nanotecnologia.

Esta nueva tecnologia no sigue los principios NAND como hasta ahora.
Esto implica que se van a poder tener chips de més de 100 GB de capacidad o
incluso superando el Terabyte con algo mas de desarrollo. También el coste de
fabricacién va a disminuir con lo cual estas memorias podran ser mas baratas
y tener mayor capacidad.

£lZ%F] DISCOS O UNIDADES SSD

El termino SSD (Solid State Drive) tiene su traduccién en “unidad de
estado s6lido”. Aunque seguramente se les va a seguir denominando discos de
estado sélido no tiene sentido llamarlos discos puesto que ya no existe el disco
propiamente dicho sino que es sustituido por componentes electrénicos.

Estos discos o Dispositivos de almacenamiento utilizan:

B Memoria no volatil como flash. Esta memoria tiene la ventaja de no ser
volatil, no necesitar refresco y tener un bajo consumo eléctrico.

B Memoria volatil como la SDRAM que le confiere sobre todo velocidad.

Una gran diferencia de estos discos frente a los tradicionales es que al
no tener partes méviles la posibilidad de rotura o que se estropee por las
vibraciones desaparece.

Dada sus caracteristicas, los tiempos de busqueda y latencia son menores
que en los discos duros tradicionales.

Figura 3.35. Memoria Z-P140 PATA SSD de Intel. Fuente: Intel.
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Ventajas de los discos SSD frente a los HD tradicionales

" Al no tener partes mecédnicas el consumo de energia es mucho menor.
También se produce menos calor.

" Son silenciosos al no tener partes mecénicas.

\

Tienen un peso menor.

4 El tiempo de busqueda es constante frente al tiempo de busqueda
variable de los discos tradicionales.

" La lectura es mucho mas rapida.

" El rendimiento no baja cuando el disco se va llenando.

Desventajas de los discos SSD frente a los HD tradicionales

" Enlecturas y escrituras secuenciales pueden llegar a ser mas lentos que
los tradicionales.

v En caso de fallo la celda se destruye, con lo cual la posibilidad de
recuperacién es mas remota.

" De momento estos discos son més caros pero en un futuro esto no sera
asi.

Figura 3.36. Parte trasera de una unidad SSD. Fuente: Intel.
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Discos duros hibridos

Los discos duros hibridos son una solucién intermedia, los cuales utilizan
una tecnologia barata y probada como son los discos duros tradicionales con la
de los discos SSD que todavia tienen un precio elevado.

Se utiliza un disco tradicional al que se le ha anadido memoria flash NAND
que hace funciones de super-buffer, de esa manera se disminuye el consumo
eléctrico, ruido, calor, y la rapidez de acceso a los datos es menor. La capacidad
de un disco de este tipo es mayor que un disco SSD al utilizar la tecnologia
tradicional.

RESUMEN DEL CAPITULO

« Disco Duro
« Disquete

« Cintas

Unidades Dispostivos

de 6pticos | .

almacenamiento
de la
informacion

Memorias « Memorias Flash
solides « Discos SSD

Figura 3.39. Esquema del capitulo.

Este capitulo al igual que el capitulo 2 es de suma importancia para el
resto de la asignatura. El dominio de los conceptos de este capitulo seran
de suma importancia puesto que en capitulos posteriores se utilizaran
vistos desde otra perspectiva (backups, restauraciones, clonaciones,
manejo de particiones...).

Se recomienda al alumno que ponga especial atencién en los apartados
2y 4 del capitulo pues seran importantes para el resto del médulo y la
actividad profesional.
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EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Describe brevemente cémo fun-
cionan los formatos de cinta Travan,

AIT y VXA.

2. Cita qué tipos de formatos DDS
existen y la capacidad de cada uno
de ellos en formato comprimido y
sin comprimir.

3. Busca en Internet cuanto cues-
tan las cintas DDS-4 y los lectores
DDS4.

4. Investiga en la red qué tipos de
formatos CD son los siguientes:
CD-i, CD-ROM XA, Photo CD, CD
Extra, Video CD y Super Video CD.

5. Investiga y encuentra toda la
informacién que puedas sobre el
siguiente DVD.

maxell

DVD
RAM
[ Vieo ]

B0 %5

DOUBLE SIDED

Figura 3.37. Disco DVD-RAM.

Intenta responder a preguntas co-
mo:

a) ;Ventajas de su tipo de formato?

b) (En qué dispositivos se suele
utilizar?

c) (Precio de los soportes?

d) /;Hay muchos dispositivos que
utilicen este tipo de soportes?

6. Investiga si es posible instalar un
sistema operativo en una particién
légica. ;Cudles sistemas operativos
permiten esto?

7. Se propone que el alumno cree la
siguiente estructura de particiones
en un disco.

PRIMARIA

I 1 extenpioa

D LOGICA

Figura 3.38. Estructura de particiones.
Para ello utilizar Parted Magic u
otra herramienta similar.

8. Tenemos un disco que da 16.200
vueltas cada 3 minutos y tarda en
ir de la pista més cercana al eje a la
mas alejada y volver 12 milisegun-
dos. Se pide:

a) RPM del disco
b) Latencia media
c¢) Tiempo medio de busqueda

d) Tiempo medio de acceso
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m 9. Un disco tiene las siguientes
caracteristicas:

Marca: Maxtor

Modelo: DiamondMax 10
Capacidad: 250 Gb

Interfaz: SATA 300
Velocidad de giro: 7.200 rpm
Caché: 16 Mb

Tasa de transferencia en lectura
media: 44 Mb/s

Tasa de transferencia en
escritura media: 31 Mb/s
Tiempo de acceso: 13,5 ms

;Cuanto twiempo tardaria en
transferir 1,3 Gigabytes del disco a
la memoria?

m 10. Un disco Western digital tiene
las siguientes especificaciones:

Tabla 3.3.
Performance Specifications
Rotational 2.200 RPM
Speed
Buffer Size 16 MB
4,20ms
Average Latency (nominal)
Contact Start/ 50.000
Stop Cycles minimum
Read Seek Time 8,9 ms
Write Seek Time MG [
(average)
Track-to-track 2,0 ms
Seek Time (average)
Full Stroke Seek 210 MS
(average)

© RA-MA

Buffer to Host

(Serial ATA) 300 MB/s (Max)

748 Mbits/s
(Max)

Reccomended Configuration
Parameters

Number of 6
Heads (Physical)

Physical Specifications

Buffer to Disk

e 250.059 MB
Capacity
Capacity 250 GB
Interface SATA 300 MB/s
Numbers of 3

Platters

Bytes per Sector 512

User Sectors Per 488.397.168

Drive

Explica cada wuno de esos
parametros. Seguramente sea
necesario consultar informacién en
Internet para conocer alguno de
estos parametros. Seguramente en
la pagina del fabricante encontraris
mas informacién de este disco.

11. Completa las frases con la
palabra/palabras que faltan:

a) En un DVD pregrabado, la
informacién se representa
también como microscopicos
___________ dentro de la
superficie interior del DVD,
la cual estd protegida por el

policarbonato.
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b) Los datos en un CD se graban
en espiral comenzando por el

del CD hacia el

¢) Uno de los formatos de cinta més
utilizado es el que
ha evolucionado de la tecnologia
DAT (Digital Audio Tape).

d) El laser del es
mucho maéas preciso que el del
DVD.

e) E1 CD fue un adelanto
tecnoldgico importantisimo dado
que el soporte mas utilizado
era el disquete y solo tenia

de capacidad.

f) El CD es un soporte de tipo
frente al disquete
o las cintas que son de tipo

g) El es la evolucién
del DVD. Es un formato de
ultima generacion.

h) UnDVD solo se puede grabar

una vez mientras que un

permite multiples grabaciones.

i) La apariencia externa de un

es practicamente igual

ala de un CD (12 centimetros de
diametro).

j) CD : Se puede grabar en
varias sesiones (varias veces)
aunque se pierden bastantes
_____ por este método. Los
datos grabados en las siguientes
sesiones se colocaran al final de
los datos de la sesién anterior.

k) El agujero interior de los CD es
de inspirado en la

moneda de 10 centavos de florin
holandesa.

1) Existe un hongo de tipo
que se alimenta
del carbono y el nitrégeno de la
capa plastica de
del CD y destruye las pistas de
informacién grabadas en la capa
de aluminio.

m) Existen dos tipos de memoria
flash dependiendo del tipo de
dispositivos electrénicos que
utilicen (Tipo y Tipo
S

n) Los 85 GB de un __
resultan insuficientes para
hacer copias de seguridad de los
sistemas y la calidad del DVD-
Video ha quedado desfasada

frente a la calidad de las nuevas
televisiones.

12. Qué es un microdrive. Qué
capacidades tienen. En qué
dispositivos se suelen utilizar.

13. Qué es un dispositivo de
almacenamiento magneto-6ptico.
Coémo serealiza la lectura y escritura
en estos dispositivos. Qué tamanos
y capacidades tienen los cartuchos o
discos magneto-6pticos.

14. Qué son las unidades ZIP y
JAZ.

15. Qué es un head crash en un
disco duro.

16. Qué es una averia por descom-
pensacién térmica en un disco.
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TEST DE CONOCIMIENTOS

1Los dispositivos magnéticos mas
importantes son:

a) Disco duro, disquete y cinta

b) Disco duro, CD y DVD

c¢) Disco duro, CD, DVD y Blu Ray

20ué1 de las siguientes no es una
caracteristica de un disco duro:

a) Es el dispositivo donde reside
normalmente el sistema operati-
vo.

b) Contiene partes mecanicas y
electronicas.

c) Es un sistema de grabacién de
forma magnética y analdgica.

8Elige la afirmacién falsa:

a) El disco cuando se para aparca
las cabezas en una zona especi-
ficamente disefiada para ello lla-
mada zona de aparcamiento.

b) Los brazos son el dispositivo elec-
tromagnético que se encarga de
leer, escribir y borrar los datos
del dispositivo magnético.

c¢) Hay discos que rotan a 4.500 o
5.400 revoluciones por minuto.

Cual de las siguientes no es una
aplicacion S M.A.R.T.:

a) HD Atune.

b) Active disk monitor.

c) Drive Manager.

Cual de los siguientes particiona-

mientos no puede ser posible:

a) 3 particiones primarias, 1 parti-
cion extendida y 7 logicas

b) 3 particiones primarias, 1 par-
ticién extendida y 5 particiones
légicas

c) 3 particiones primarias, 2 parti-
ciones extendidas y 4 particiones
légicas

6EEPROM significa:
a) Electrically Erasable Read Only
Memory
b) Electrically Embedded Read
Only Memory
c) Energy Electrical Read Only
Memory

7Los datos en un CD se graban en:

a) Espiral comenzando por el exte-
rior del CD hacia el interior.

b) Circulos concéntricos comenzan-
do por el interior del CD hacia el
exterior.

c) Espiral comenzando por el inte-
rior del CD hacia el exterior.

80uéles de las siguientes NO son
ventajas de las cintas:

a) La gran capacidad de los sopor-
tes. Tienen una alta densidad de
grabacién.

b) Gracias a la tecnologia 6ptica es
posible grabar méas de un dato al
mismo tiempo.

c) El coste por BIT es bajo.

© RA-MA
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9Elige la afirmacién o frase falsa:

a) Las cintas magnéticas se han es-
tado utilizando desde los afos
60.

b) El término SSD tiene su traduc-
ciéon en “unidad de estado soli-
do”.

c¢) Si la cabeza llegara a tocar la
superficie del disco éste se estro-
pearia.

10E1ige la afirmacién o frase

falsa:

a) Los dispositivos magnéticos (dis-
cos duros, disquetes, cintas....)
estan formados por un sustrato
al que en su superficie se ha de-
positado algiin material magne-
tizable.

b) Las cabezas aunque parezca que
estan en contacto con el disco no
lo estan, vuelan sobre la superfi-
cie del disco pero sin tocarla.

¢) La cabeza lectora se desplaza por
el brazo de derecha a izquierda.
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Objetivos del capitulo

v Se conoceran los distintos tipos

de periféricos que existen, para
qué sirve cada uno de ellos,
cuales son sus caracteristicas
principales...

Se aprendera a distinguir

los distintos productos de tal
manera que se pueda elegir el
mas apropiado para cada tarea.

El alumno aprendera a
apreciar y comparar las
distintas caracteristicas de
cada periférico, cuales son
mas importantes y elegir el
que mejor se adapte a un
presupuesto concreto.
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.......

4 = LOS PERIFERICOS

.........................................................................................................

4 1 CONCEPTOS IMPORTANTES

.......

DEL CAPITULO
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Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes conceptos:

B Cuadro o frame. Un frame o fotograma es una imagen dentro de una

secuencia o sucesion de imagenes. Un video es una sucesion de frames.

Identificacion biométrica. En la identificacién biométrica se utiliza
el propio cuerpo humano para reconocer al usuario (huellas digitales,
patrones del iris del ojo...).

Mediacenter. Un mediacenter o centro multimedia es un PC o
dispositivo adaptado a reproducir fotos, musica, peliculas... y viene
acompanado de un mando a distancia para que el manejo sea mas
sencillo. También puede utilizarse mediante teclados reducidos con
ratén incorporado.

NAS. Network attached storage o sistema de almacenamiento en red.
Es un sistema que permite tener la informacién almacenada en un
dispositivo externo y accesible a través de la red por medio de protocolos
especificos.

Negativo. Negativo es la pelicula fotografica marrén necesaria para
imprimir el positivo (foto) en papel. Las nuevas camaras digitales ya no
utilizan esta tecnologia.

Open Source. Open source o codigo abierto es el software que puede ser
distribuido y desarrollado libremente.

PCMCIA. Personal Computer Memory Card International Asociation.
Asociaciéon cuya finalidad es disefar tarjetas normalmente para
portatiles. Hay muchos tipos de tarjetas de formato PCMCIA (tarjeta
modem, tarjeta de red, tarjeta de sonido...).

Picolitro. Fraccion muy pequenia de la unidad de volumen. Equivale a
10-12 litros.
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B Punto por pulgada (ppp). También DPI (dots per inch) que es puntos
por pulgada en inglés. Es el nimero de puntos que una impresora o
escaner pueden generar o leer en el espacio de una pulgada. A mayor
definicién més puntos por pulgada. La medida de puntos por pulgada
va asociada a la calidad de impresién o escaneado. Mientras mas puntos
por pulgada tenga el escaner o la impresora mejor calidad tendra.

B Sensor CCD. CCD es Charge Coupled Device o dispositivo de cargas
eléctricas. Es un tipo de circuito integrado cuya alternativa son los
circuitos CMOS. Este tipo de circuitos se utilizan entre otros en los
sensores de las cAmaras fotograficas.

B SNR. Signal to Noise Ratio. Es la relacién entre la sefial y ruido. Se
mide en decibelios.

B Touchpad. Es la alternativa al ratén con la que van equipados muchos
portatiles. Normalmente es una zona cuadrada que permite manejar el
puntero de la pantalla.

m Xerox. Empresa de informatica. Es uno de los mayores distribuidores
de fotocopiadoras y accesorios mundiales.

En este capitulo no se van a tratar periféricos de almacenamiento pues
ya se trataron en el capitulo anterior y tampoco se trataran periféricos de
comunicaciones (modems, routers, dispositivos WIFI...) pues se trabajan més
en profundidad en otros médulos ajenos a este.

................................................................................................................

4 2 INTRODUCCIQN
. A LOS PERIFERICOS

................................................................................................................

ZIFX] ;QUE ES UN PERIFERICO?

Se puede considerar un periférico a todo aquel dispositivo que se pueda
conectar al sistema y que transmita o reciba informacion.
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Sistema

Memoria o
prihidl S = = Periférico

operativo

Figura 4.1. Funcionamiento del periférico.

En el periférico la informacién se transforma. Por ejemplo en un disco las
sefales magnéticas se transforman en impulsos eléctricos y en una impresora
pasaran cosas parecidas, se transformara en caracteres, puntos...

El sistema operativo es un intermediario, es el encargado de recibir y enviar
esta informacion desde y hasta el periférico y almacenarla en la memoria
principal o RAM.

LA CONTROLADORA DE LOS PERIFERICOS

Las controladoras son componentes hardware que son los que gestionan los
periféricos. Por ejemplo, para el raton, el teclado, los discos... necesitaremos
una controladora que pueda gestionar estos periféricos. Actualmente las
controladoras estan integradas en la placa base.

El driver

Figura 4.2. Drivers de una cdmara de fotos.
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En ocasiones, el sistema operativo necesita de un software que permita
la comunicacién entre el periférico y el microprocesador. Ese software se
llama driver. El driver lo proporciona el fabricante y este software debera ser
compatible con el tipo y version del sistema operativo.

Los driver lo que hacen es transformar las érdenes genéricas que les envia
el sistema operativo en otras mas entendibles por el dispositivo en cuestion.

La razéon de esto es bien clara, por ejemplo, los sistemas operativos no
tienen por qué conocer el funcionamiento de todas las impresoras existentes.
Ellos lo tnico que hacen cuando el usuario da la orden “print” o “imprimir”
es pasarle la informacién al driver y éste ya sabra cémo comunicarse con la
impresora para transformar esa informacién en el producto final que es una
pagina impresa.

ZIPYE] CLASIFICACION DE PERIFERICOS

Existen muchas clasificaciones de periféricos. De un libro a otro se pueden
ver distintas clasificaciones y no por ello alguna tiene por qué estar mal.

La primera clasificaciéon de periféricos mas sencilla suele ser la siguiente:
B Periféricos de entrada. Los ratones, teclados...
m Periféricos de salida. Las impresoras, monitores...

B Periféricos de entrada/salida. Como las regrabadoras de DVD,
discos, pendrives...

También se pueden clasificar los periféricos en:

m Periféricos de almacenamiento. Grabadora de CD, Grabadora de
DVD, Lector de CD, Lector de DVD, Disco duro, Memoria USB, Tarjeta
de memoria flash, Grabadora de cinta de copia de seguridad...

B Periféricos de entrada. CaAmara web (Webcam), Escaner, Ratén,
Teclado, Micréfono, Escaner de cédigo de barras, Joystick, Lapiz éptico,
Pantalla tactil, Tableta digitalizadora...

B Periféricos de salida. Monitor, Impresora, Pantalla, Altavoces,
Tarjeta de sonido...

B Periféricos de comunicacion. Fax-Mdédem, Tarjeta de red...

© RA-MA
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................................................................................................................

4 PERIFERICOS
. DE ENTRADA

................................................................................................................

ZJEN] EL RATON

El ratén es el elemento imprescindible en un equipo informatico. Fue
inventado por Douglas Engelbart en 1963 e implementado por Xerox en sus
sistemas en los afios 70. Se le llam6 ratén porque tiene aspecto de raton (la
cola seria el cable de conexion al ordenador). Es el elemento basico junto con
el teclado para interactuar con el interfaz del sistema operativo y los distintos

programas. Existen muchos sustitutos como los TrackBall, los famosos
touchpad de los portatiles o incluso las pantallas tactiles pueden ser un buen
sustituto.

Figura 4.3. Detalle de la bola de un ratén tipo Figura 4.4. Raton tipo trackball. Fuente Mana
TrackBall. Fuente joefutrelle. benz.

Tipos de Conexion
v PS/2. Tipico conector redondo de color verde. Actualmente en desuso.

" USB. Es el més utilizado. Permite conectar y desconectar el ratén con el
sistema operativo funcionando, cosa que el PS/2 no permitia.

" Inalambrico. Generalmente utilizan bluetooth o WIFI. Normalmente
tienen un pequernio conector a un puerto USB del equipo el cual se
sincroniza con el ratén y ya se puede trabajar con él.
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{Como funciona el raton mecanico?

RUEDA EJE X RUEDA SCROLL

RUEDA EJE 'Y

Figura 4.5. Interior de un raton.

El ratén tiene 2 ruedas internas. Una para controlar el movimiento en el eje
Xy laotra para detectar el movimiento en el eje Y. Ambas estan perpendiculares
entre si. Cuando se mueve la bola del ratén se mueven ambas ruedas porque
ruedas y bola estan en contacto.

EMISOR RECEPTOR

]

EMISOR

RECEPTOR

Figura 4.6. Funcionamiento de un raton.
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Las ruedas estan perforadas. Normalmente tienen 36 huecos en su cara
exterior.

A ambos lados de la rueda existe un emisor (LED) de infrarrojos y un
sensor de infrarrojos. El haz de infrarrojos pasa por los huecos de la rueda y
se interrumpe cuando choca contra el plastico que hay entre hueco y hueco. De
esa manera lo que detecta el receptor son pulsos de luz a una cierta cadencia.

Si1 esos pulsos de luz son muy rapidos es que estamos moviendo el ratén
muy rapido y por lo tanto el cursor se tiene que desplazar rapido. Si los pulsos
son lentos es porque el ratén se esta moviendo lentamente.

Mediante los sensores también es posible conocer la direccién. Por ejemplo,
s1 estamos desplazando el ratéon de derecha a izquierda o de izquierda a
derecha.

Interruptor botén derecho

Chip ratén

Rueda
¢ scroll
B S
~ LYl =
T Is 1‘4 =
L= Lk Interruptor
:3.1 scroll

1d

ol A

Ly 90
i
10°A3Y KC

Interruptor botén
izquierdo

Receptor Conector
del cable USB

Figura 4.7. Partes de la placa de un raton.

El procesador lee estos pulsos de ambos receptores y los codifica en datos
binarios los cuales los envia por el cable hasta el puerto (normalmente USB)
del equipo.

Los click de los botones del ratén lo que hacen es actuar sobre un interruptor
al igual que el click que podemos hacer con la rueda de scroll. Esta informacién
también tiene que ser transmitida a través del cable hasta el equipo.
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{Como funciona el raton 6ptico?

El raton optico utiliza laser y por lo tanto es mucho mas preciso que un
ratén mecanico. El ratéon mecanico depende mucho de la superficie donde
va rodando la bola, por eso se utilizan las famosas alfombrillas y cada cierto
tiempo hay que limpiarlo pues la bola es de un material poroso y va recogiendo
la suciedad de la superficie.

El raton éptico detecta los cambios de superficie bajo él. Tiene como una
pequenia cAmara que toma muchas imagenes por segundo y luego las procesa.

(2]

(1]
|:’> SENSOR :> PROCESADOR

-’ @

HAY NO HAY
CAMBIOS CAMBIOS
MOVER DETERMINAR NO SE
EL <———1| vELocIDAD HACE NADA
CURSOR Y COORDENADAS

Figura 4.8. Funcionamiento del ratén éptico.

1 El primer paso a realizar es detectar la imagen bajo el ratén, de ello se
encargara el sensor.

2 El sensor le pasa la imagen al procesador.

3E1 procesador compara la imagen del sensor con el patrén anterior.

4Si no hay cambios (patrén e imagen son iguales) no hay que hacer nada
pues el ratén no se ha desplazado.

En el caso de que haya habido cambios, el procesador tendra que determinar
la velocidad y las coordenadas actuales.

6En este ultimo paso hay que pasarle al sistema operativo la situacién de las
nuevas coordenadas para que en pantalla se mueva el raton.

7Vuelta al paso 1.
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Todo este proceso hay que hacerlo muchas veces por segundo para que el
movimiento parezca un desplazamiento suave.

L2l EL TECLADO

Figura 4.9. Disposicién habitual del teclado espariol.

Tipos de teclados

Figura 4.10. Teclado ergonémico Maltron.

v Ergonémicos. Este tipo de teclados esta disefiado para adaptarse a
la anatomia de la mano y los brazos. La finalidad de los mismos es que
el usuario trabaje lo mas comodo posible evitando posturas extranas
que le provoquen lesiones. Al principio es dificil acostumbrarse a estos
teclados, pero una vez que se trabaja con ellos resultan comodos.
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" Multimedia. Teclado normal al que se le han afadido teclas de play,
stop, subir volumen, bajar volumen...

v Inalambricos. Son ttiles por su falta de cables. Permiten un mejor
desplazamiento del teclado ya que no estan conectados por un cable al
ordenador. Suelen adquirirse en un pack junto con un ratén inalambrico.
Llevan unas pilas incorporadas para poder funcionar. Dependiendo de
la tecnologia inalambrica que se utilice se puede trabajar mas o menos
separado del receptor.

Figura 4.11. Teclado Mediacenter Microsoft.

v Teclados mediacenter. Suelen ser teclados inaldmbricos WIFI con
frecuencia de 2,4Ghz para poder trabajar con ellos a distancia del equipo.
Incorporan un touchpad o TrackBall para controlar la funcién de ratén
desde el teclado. Normalmente tienen teclas adicionales para control de
audio, video, email, Internet...

Figura 4.12. Teclado para juegos Wolfking.
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v Teclados para juegos. Son teclados especializados para jugar.
Pueden almacenar macros o secuencias de teclas. Normalmente son
teclados reducidos (no tienen todas las teclas, sélo las necesarias para
los juegos). Pueden ser compatibles con ambas manos y muchos estan
retroiluminados (luces bajo las teclas).

Funcionamiento del teclado

Un teclado es una matriz de contactos. Cuando se pulsa una tecla se cierra
un circuito al igual que al presionar un interruptor y de esa forma se envia
una sefnal o codigo tanto cuando se pulsa la tecla como cuando se libera. Estos
cédigos se envian a través del cable que va del teclado a la placa base del equipo
la cual los interpreta y procesa.

El funcionamiento fisico del teclado dependerd en gran medida del tipo de
teclas que se utilice. De todas formas, aunque haya distintos funcionamientos
fisicos, al final el teclado debera enviar codigos cuando se pulsen las teclas y
se liberen.

| / .......... >
f PASO DE
CORRIENTE

- ——

....____.’

SIN PULSAR PULSADA

Figura 4.13. Funcionamiento de una tecla.

a4

Importante

El teclado envia un cédigo cuando se pulsa la tecla y cuando se libera. De esa
manera se sabe si la tecla esta siendo pulsada en un momento determinado.
Esto es util para controlar teclas como Control, Alt o mayusculas.
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Limpieza del teclado

Figura 4.14. Spray limpiapolvo.

La limpieza de teclados y demaés elementos informéticos siempre es mejor
hacerla con sprays limpiapolvo que Gnicamente tienen aire comprimido. Estos
sprays estan especialmente indicados para equipos electrénicos (impresoras,
teclados, equipos, ratones, fotocopiadoras,...).

Figura 4.15. Teclado macbook. Fuente DeclanTM.
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a4

Recuerda

Para limpiar tu equipo utiliza un aspirador o mucho mejor, un spray
limpiapolvo. No utilices sprays no aptos para equipos electrénicos pues se
puede dafar el equipo.

Analisis del funcionamiento de un teclado

» Se propone al alumno que utilice un teclado antiguo a ser posible que
esté estropeado y que lo abra para conocer el funcionamiento interno
del mismo. Se debera analizar qué tipo de teclas tiene y qué sucede
cuando éstas han sido presionadas. Una vez terminado de hacer este
ejercicio se puede volver a montar el teclado y de esta forma otro
compafiero puede repetir el ejercicio.

L2l EL ESCANER

Qué es un escaner

La funcién de un escéner es explorar un documento u objeto y digitalizarlo.
Existen muchos tipos de escaner (escaner del cuerpo humano, escaner de
identificacion biométrica como pueden ser el escaner de huellas digitales,
escaner de cédigo de barras, escaner de metales como los utilizados en
aeropuertos...). En este apartado se van a estudiar los escaneres de documentos,
fotografias, diapositivas... Es decir, aquellos escaner que estamos habituados
a conectar a un equipo y son parte del trabajo de un técnico en sistemas
microinformaticos.
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Tipos de escaner

v Escéaner plano. Son parecidos a las fotocopiadoras. E1 documento
se coloca sobre un cristal, y un brazo va barriendo la superficie del
documento con la fuente de luz y el sensor CCD acoplado al mismo.

Este tipo de escaner suele ser econdémico y con una calidad bastante
buena, de hecho son los mas utilizados. La desventaja que tienen es que
el documento no puede ser mayor que la zona de captura del escaner
(normalmente A4).

v Escaner con alimentador. Puede ser un escaner como el anterior pero
con un alimentador de hojas, con lo cual se pasa de un trabajo manual
a automatico. Se suele utilizar el alimentador cuando el volumen de
paginas a escanear es grande. En algunos escaneres el alimentador
puede ser una opcién aparte. Su compra o no dependera del nimero de
paginas a escanear.

v Escaner de rodillo. En este tipo de escaner el documento pasa por un
rodillo y se va escaneando. Este tipo de escaneres se suele emplear para
documentos grandes tipo planos, mapas... El precio de estos escaneres
suele ser elevado dado que son productos muy especificos.

v Escaner de negativos. Estos escéneres son ttiles para escanear
negativos, transparencias u otro tipo de documentos que no es posible
escanear con un escaner normal. Por regla general los escaneres de
negativos suelen tener muy buena resolucién (cuanto mas limpio esté el
negativo mayor calidad).

v Escaner portatil. En este tipo de escaner el documento pasa por el
lector y de esa forma es escaneado. No suelen tener grandes dimensiones
porque estédn pensados para usuarios de ordenadores portétiles. Tampoco
pueden ofrecer mucha calidad dadas las reducidas dimensiones del
mismo.

v Escaner lector de texto. Son parecidos a un lapiz y ademas de la
funcién de escaneado tienen funciones de traduccién, incluso pueden
ser escuchados los textos al tener un sintetizador de voz inteligente.
Se conectan al equipo por el puerto USB y dada su funcionalidad son
escaner del tipo monocromo.

v Escaner de cédigo de barras. Estos tipos de escéner al pasar el cédigo
de barras por el lector avisan con un pitido (beep) indicando que el
cddigo ha sido leido y lo que envian al ordenador es un cédigo numérico

218



© RA-MA 4 m LOS PERIFERICOS

del codigo de barras, no la imagen del mismo. Este tipo de escaner es
frecuente encontrarlos en grandes almacenes, comercios...

OCR

OCR es el acrénimo de Optical Character Recognition (reconocimiento
6ptico de caracteres). Es una técnica que examina una imagen y extrae
los caracteres que encuentra en la misma. La finalidad es escanear un
texto y poder reconocerlo para procesarlo finalmente por un programa
de edicién de texto tipo Writer, Word...

Parametros de un escaner

Resolucion. La resolucién se mide en puntos por pulgada (ppp o dpi).
Tenemos que tener en cuenta que la resolucién real es la resolucién
Optica. La resolucién interpolada lo que hace es aumentar la resolucién
deduciendo pixeles. Es decir, averigua el valor que tendria un pixel
mediante el calculo del promedio de los pixeles circundantes.

Poniendo un ejemplo parecido y muy simplificado de lo que seria
interpolar, si se tiene una secuencia de pixeles (como la de abajo) con
un color determinado y se conoce solo el valor de los pixeles 1, 3y 5, se
podria deducir que los pixeles 2 y 4 serian grises y tendrian la siguiente
tonalidad.

Tabla 4.1. Escala de grises con valores interpolados

Recuerda

Resolucion real y resolucion interpolada no son iguales. La resolucién
interpolada es siempre mayor que la resolucién real u 6ptica del escaner. Por
ejemplo, un escéner puede tener una resolucion optica de 600X600 ppp y una
resolucion interpolada de 3.600X3.600.
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v Formato del documento. Normalmente los escédneres trabajan con
documentos en tamarnio A4. Mientras mayor sea el tamanio del documento
(A3 u otro formato més grande) més caro sera el escaner.

v Velocidad de captura. Al igual que en las impresoras, se expresa en
paginas por minuto. La velocidad dependera del tamafio del documento
y de la resolucién con la que se quiera escanear el mismo.

v Interfaz. Elinterfaz mas utilizado es el USB 2.0 aunque el FireWire por
su mayor velocidad puede ser muy recomendable. La ventaja del USB es
su universalidad, cualquier ordenador posee este puerto mientras que
no se puede decir lo mismo del FireWire.

v Otros tipos de caracteristicas. Existen otro tipo de caracteristicas a
la hora de elegir un escaner como pueden ser el peso, tamano, nivel de
ruido, consumo (en vatios o Watts)...

Funcionamiento de un escaner

El escaneado de un documento o imagen consiste en hacer un barrido con
una fuente luminosa potente. Las zonas del documento oscuras reflejan menos
la luz que las zonas maés claras. Eso permite que la luz reflejada pase por un
conjunto de espejos hasta un sensor CCD que capte estas diferencias de luz
y las convierta en impulsos eléctricos. Para los documentos en color lo que se
utiliza son tres sensores distintos y la luz generada se filtrara por los colores
basicos (RGB — Red, Green and Blue - rojo verde y azul)

Software

Generalmente los escaner van acompanados de un software para el manejo
del mismo. El software que acompana al escaner es de suma importancia.
Dependiendo de la calidad del escaner o de la marca llevara consigo un
software mejor o peor. Muchas veces este software incorpora programas de
reconocimiento de caracteres (OCR) o programas de retoque de imagenes.
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Z2I TABLETAS DIGITALIZADORAS

Figura 4.16. Tableta digitalizadora.

Una tableta digitalizadora es un periférico muy parecido a un ratén pero
con forma de lapiz que trabaja sobre una tablilla. La finalidad del mismo es
poder dibujar y pintar con un elemento lo mas parecido a un lapiz, pues con el
ratén se hace muy complicado. Se llama tableta porque el lapiz funciona sobre
una tablilla o superficie cuadrada.

Una de las ventajas de las tabletas digitalizadoras es la precisién. Ademaés
tanto la tableta como el lapiz tienen botones adicionales con lo cual se aumenta
la funcionalidad de los mismos. También las tabletas pueden detectar tanto la
presién como el angulo con el cual el 14piz incide sobre la tableta.

BAMBOO

Figura 4.17. Tableta digitalizadora. Fuente jeanbaptisteM.
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Existen una variedad de tabletas que van desde las mas sencillas hasta las
profesionales utilizadas por los disefiadores graficos en las que la tableta puede
detectar hasta 1024 niveles de presion del lapiz en ellas. Normalmente las
tabletas mas grandes (més o menos tipo A3) suelen ser de Ambito profesional
y mds caras mientras que las pequefias son mds econémicas.

Cuando se trabaja con una tableta la interaccion con el ordenador es mas
natural que con un ratén o teclado, es mas, cuando se trabaja con una tableta
digitalizadora no es necesario el ratén pues las funciones de éste las realiza el
propio lapiz.

a4

Sabias que
La tableta digitalizadora es una solucidn para aquellas personas que sufren
lesiones por el uso del ratén (sindrome del tunel carpiano).

................................................................................................................

4 4 PERIFERICOS
. DE SALIDA

................................................................................................................

ZIZ5] EL MONITOR

Tipos de monitor

" CRT (Cathode Ray Tube —tubo de rayos catédicos). Utiliza una tecnologia
muy antigua que es el tubo de rayos catddicos. Esta tecnologia esta
obsoleta hoy en dia y uno de sus principales inconvenientes es su alta
contaminacién al llevar altas proporciones de plomo.

v LCD (Liquid Crystal Display — pantalla de cristal liquido). Utiliza
moléculas de cristal liquido que se colocan en diferentes capas como si
fuera un sandwich. El monitor tiene en el fondo un emisor de luz blanca.
Aplicando corrientes eléctricas a las capas de cristal liquido, éstas se
polarizan y rotan y de esta manera se puede mostrar un color u otro.
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TFT (Thin Film Transistor — capa delgada de transistores). Estos
monitores son del tipo LCD pero ademads incluyen una capa delgada de
millones de transistores cada uno con un condensador el cual mantiene
la carga de los subpixeles y, de esa forma, los tiempos de respuesta
son mas rapidos y las imagenes son mas vivas. Cada pixel puede estar
controlado de 1 a 4 transistores de este tipo.

OLED y AMOLED (OLED = Organic LED - diodo LED orgénico). Esta
tecnologia es mas nueva que las anteriores. Las imagenes son mas claras
y brillantes ademas de ser los monitores rapidos y tener gran contraste.
Tienen un angulo de visién muy grande (alrededor de 160°) y su consumo
es minimo (ideal para portatiles, teléfonos méviles, PDA...)

Tamano del monitor

El tamanio del monitor se obtiene midiendo la longitud en pulgadas de su
diagonal. El tamafio util en los monitores CRT de tubo es menor, por eso un
monitor de 17 pulgadas LCD/TFT tiene mayor superficie util que un CRT.

Resolucion de pantalla

Figura 4.18. Dos letras iguales con distinta resolucion.

La resolucién de una pantalla son el nimero de pixeles o puntos que tiene la
misma. Si una pantalla tiene mucha resolucién, la imagen tendra mas detalle
y por lo tanto mas calidad.
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Tabla 4.2. Resoluciones mas frecuentes

Resolucion

VGA

SVGA

XGA

WXGA

SXGA

WSXGA o WXGA+

UXGA

WSXGA+

WUXGA

Tamaifio en puntos

(horizontales x verticales)

640X480

800X600

1.024X768

1.280X800

1.280X1.024

1.440X900

1.600X1.200

1.680X1.050

1.920X1.200

Relacion de aspecto

La relacion de aspecto es la relacion entre el tamafio horizontal y vertical
de la pantalla. Siempre en los televisores antiguos ha sido 4:3 pero la visién
humana estda mas cerca de los formatos panoramicos como puede ser el 16:9.

Normalmente se utiliza 4:3 para realizar las tareas normales (navegar

por Internet, editar textos...) y 16:9 cuando vamos a ver una pelicula. La

relacion de aspecto también esté relacionada con el formato y resolucion de la

pantalla.

Tamano del punto (dot pitch o pixel pitch)

Es el tamafio minimo del punto. La nitidez de la pantalla se ve afectada

mucho por el pixel pitch, sobre todo cuando se utilizan resoluciones muy

grandes. Este parametro se suele medir en milimetros.
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Pantallas tactiles

Las pantallas tactiles se van haciendo cada vez mas comunes en puntos de
informacién, maquinas de venta al publico, ordenadores personales, teléfonos
moéviles, PDA...

Las pantallas tactiles son una pantalla normal a la que se le afiade un
dispositivo tactil que reacciona cuando se hace presién sobre la misma.

Las tecnologias utilizadas son las siguientes:

v Resistiva. Compuesta por varias capas conductivas separadas por
diversos puntos formando una matriz. Cuando se pulsa sobre la pantalla
los puntos de las distintas capas se juntan produciéndose conduccién
eléctrica. Midiendo el voltaje se puede saber en qué punto el usuario
pulsé la pantalla. Tiene la ventaja de que se puede utilizar con guantes
o con cualquier objeto.

N

Figura 4.19. Pantalla tdctil resistiva.

v Capacitiva. Sé6lo reacciona al dedo desnudo y detecta la posicién
mediante la medida de capacitancia eléctrica y las variaciones de fase
eléctrica producidas al interrumpirse la corriente que circula por la
superficie de la pantalla.

" Onda actstica superficial. Estas pantallas tienen emisores de ondas
de ultrasonidos. Cuando el usuario pulsa la pantalla al mismo tiempo
absorbe parte de la energia de dichas ondas. Dependiendo de la energia
absorbida y la alteracion de las ondas el sistema detecta el punto exacto
donde se ha pulsado y la intensidad de la presion.
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Figura 4.20. Pantalla tdctil de onda actistica superficial.

v Infrarrojos. Normalmente utiliza LED invisibles al ojo humano y
detectores de los mismos. Cuando el usuario pulsa la pantalla los haces
de luz se interrumpen y de esa manera se puede saber déonde ha sido
pulsada la pantalla. Es una tecnologia cara.

Figura 4.21. Pantalla tdctil de infrarrojos.
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 Optica. Utiliza cdmaras épticas para escanear la pantalla y detectar
dénde y cuando se produce la pulsacién. Estas pueden instalarse a
posteriori. No afectan a la calidad de la imagen. La desventaja es que no
puede interpretar la intensidad de la presién a la pantalla. Se utiliza en
los famosos touchpad de los portatiles que sustituyen al ratén.

v Reconocimiento del pulso acustico. Dependiendo del sonido que
se produce al tocar la pantalla, éste se compara con unos patrones y se
determina el lugar exacto donde se ha pulsado la pantalla. Las motas de
polvo o arafnazos no impiden su utilizacién.

Figura 4.22. Pantalla tdctil de reconocimiento del pulso actistico.

L% LA IMPRESORA

La impresora es uno de los periféricos mas utilizados. Las impresoras han
ido evolucionando tanto en tamafio como en calidad y precio.
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Figura 4.23. Impresora Epson® GS6000 para grandes formatos. Fuente elevate_printing.

Las caracteristicas mas importantes de las impresoras son:

v La velocidad de impresion. Normalmente se mide en péginas por
minuto (ppm). Muchas veces las ppm que nos anuncia el fabricante son
engafnosas porque cuenta sélo paginas que tengan muy poca superficie
impresa, y por lo tanto, nuestras impresiones siempre tardaran mas.

v La resolucién. Se mide en puntos por pulgada (ppp o dpi en ingles
—dots per inch). Cuanta mas resolucion tenga la impresora mejor calidad
de imagen tendra. La resolucién puede ser distinta en color y en blanco
y negro. No obstante dos impresoras con la misma resoluciéon pueden
dar resultados diferentes de impresion dependiendo de la calidad de las
mismas.

v El buffer y memoria de impresién. Cuanto mayor sea el buffer
mejor sera el rendimiento de la impresora. En las impresoras laser este
parametro si es importante, porque para imprimir una pagina ésta tiene
que estar en la memoria de la impresora (si la impresora tiene muy poca
memoria las paginas se pueden imprimir a medias).

v Tiempo de impresiéon de la primera pagina. Este pardmetro tiene
su importancia. Las impresoras laser suelen ser mas lentas que las
demads, no obstante, una vez que calientan y empiezan a imprimir se
hacen mas rapidas.
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v Interfaz de conexién. Puede ser de varios tipos:

— USB. La mayoria de las impresoras caseras son de este tipo. Es
econdémico y tiene un rendimiento correcto.

- Ethernet o WIFI. Pensadas para ser utilizadas por varios puestos
a la vez. Normalmente tienen un coste superior a las anteriores.
Permiten colocarlas mas lejos de los equipos desde los que se imprime
y ofrecen maés posibilidades al no tener que estar conectadas a un
equipo.

" Los drivers. Un buen driver puede hacer que una impresora funcione
mejor. En el caso de que el sistema operativo no detecte la impresora
habra que instalar los driver que suelen acompafnar a la impresora o
bien se pueden descargar desde la pagina web del fabricante.

v Coste de impresiéon por pagina. Los consumibles. Los consumibles
son en algunas ocasiones el elemento mas importante a la hora de
adquirir una impresora (sobre todo en las de tinta). Muchas impresoras
(sobre todo las de marca mas conocida) tienen consumibles no de la
misma marca que la impresora pero compatibles con ella y en ocasiones
cuando la calidad no importa mucho suelen salir mas econémicos.

Consejo
Si vas a adquirir una impresora de tinta mira antes el coste del cartucho (tanto
original como compatibles) y evalla su rentabilidad.

Tipos de impresoras

v Impresoras matriciales. Ya tinicamente se utilizan en bancos, oficinas
y comercios porque permiten obtener copias multiples. Actualmente
estan en desuso.
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v Impresoras de tinta. Son las més baratas. Utilizan un sistema que por
medio de un inyector expulsa una pequena gota de tinta al papel (del
orden de picolitros).

Suelen tener cartuchos en blanco y negro y en color (también las hay con
los colores béasicos independientes por si se gasta més de un color que
de otro). Aunque las resoluciones de estas impresoras suelen ser altas,
la calidad del resultado no suele ser muy buena. A igual resolucion las
impresoras laser tienen mas calidad.

El coste por pagina es elevado pues los consumibles son caros.

a4

Consejo

Evitar en lo posible los sistemas de recarga con jeringuillas. Aunque hacen que
la recarga del cartucho sea muy barata tienen el inconveniente de que se pone
todo perdido de tinta.

v Impresoras laser y LED. Son las més répidas y las que dan mejor
calidad. Por medio de procedimientos electrostaticos se impregna la
pagina con un polvo muy fino llamado téner. A este polvo se le aplica
calor y se derrite fijaindose sobre la superficie del documento. Tienen el
inconveniente de que suelen ser mas voluminosas que las impresoras
de tinta pero por el contrario, la calidad es mayor y el coste por pagina
es mucho menor.

Otro tipo de impresoras

v Impresoras fotograficas. Este tipo de impresoras pueden utilizar
diferentes tecnologias. Ya suelen incorporar ranuras para tarjetas SD y
demas para imprimir las imagenes sin tener que encender el ordenador.
Pueden incluir una pantalla LCD e incluso posibilidad de retoque y
zoom.

v Plotters. Trabajan con grandes formatos y sirven para imprimir planos
de arquitectura o ingenieria.
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v Impresoras grupales. Se utilizan cuando se va a imprimir de forma
masiva. Tienen alimentadores muy grandes y mucha velocidad.
Suelen tener un volumen muy grande. Algunas son fotocopiadoras con
posibilidad de impresién.

ZIZTE] LAS MULTIFUNCIONALES

Las multifuncionales estan cada vez mas extendidas. Reducen el consumo
eléctrico, el espacio y salen mas econdémicas que comprar cada una de las
funciones por separado. Hay diferentes tipos de multifuncionales:

" Multifuncional con fax. Suelen constar de una copiadora, impresora
y un fax. En ocasiones suele hacer de teléfono también. Es muy tutil en
pequenios comercios u oficinas. Los modelos mas econémicos son de tinta
mientras que los mas profesionales son laser.

" Multifuncional de tinta con escaner. Son las mas utilizadas en
casa. Tienen funcién de copia lo cual permite fotocopiar una pagina sin
necesidad de encender el ordenador aunque dado el precio de las copias
no es rentable hacer un uso masivo de esta funcién.

" Multifuncional laser. La ventaja de estas multifuncién es el coste més
bajo por pagina. Suele elegirse esta opcion frente a la anterior cuando se
va a hacer un uso mas frecuente de la impresora. Suelen utilizarse en
oficinas y el aspecto externo es el de una fotocopiadora.

v Multifuncional para fotografia digital. Orientadas al mundo de la
fotografia digital. Ademas de ser una multifuncional normal permite
insertar tarjetas de memoria flash para imprimir las fotos. Algunas
gracias a la tecnologia PictBridge pueden conectar la camara a la
multifuncional e imprimir fotos sin necesidad de estar conectada al
ordenador. Algunos modelos més avanzados tienen pantalla LCD lo cual
puede permitir hasta retocar las imagenes.
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a4

éSabias que una multifuncional ademas de ahorrar espacio es aconsejable
por su bajo consumo?

En el apartado 7.5.4 del capitulo 7 puedes conocer cuanto consumen los
equipos informaticos y sus periféricos.

................................................................................................................

4 5 DISPOSITIVOS
" MULTIMEDIA

La pregunta que se puede hacer el alumno en este punto es: ;Los
dispositivos multimedia no son periféricos de entrada, de salida o de entrada/
salida? La respuesta es SI. Los altavoces, proyector... son periféricos de
salida mientras que un micréfono, webcam, disco duro multimedia, camara
fotografica... pueden considerarse periféricos de entrada. Algunos de los
citados anteriormente incluso tienen las dos caracteristicas (entrada y salida).
La razén de estudiarlos en un apartado diferente es por la importancia que
estd teniendo ultimamente el aspecto multimedia en la informadtica y se prevé
que sea mucho méas importante en el futuro con la llamada industria del
entretenimiento (consolas, videojuegos...).

a4

Si quieres saber cuales son algunas tendencias en multimedia para el futuro
puedes mirar el apartado 9.6 del capitulo 9.

255 DISPOSITIVOS DE SONIDO

Aparte del altavoz del PC que de no estar integrado en la placa base lo
normal es que no exista, los dispositivos encargados de producir sonido son los
siguientes:

232



© RA-MA 4 = LOS PERIFERICOS

v Tarjeta de sonido. Incluyen procesadores de sonido (DSP — Digital
Signal Processor — procesador de sefales digitales) especificos que
permiten descargar al procesador y generar efectos de sonido asi como
otras operaciones.

v Sonido integrado en la placa base. El sonido integrado en placa
base puede ir desde un chip parecido al de una tarjeta de sonido hasta
un chip controlador mas chips CODEC adicionales (alternativa mas
utilizada) cuyas funciones en muchas ocasiones se realizan por software
sobrecargando el microprocesador. El estdndar més empleado es el
CODEC AC97 aunque existe una versiéon mas actualizada (HD, HDA o
Azalia) con mas calidad.

v Dispositivos de sonido externo USB. No suelen ser muy utilizados.
Este tipo de dispositivos no llegan a ser tan potentes como los anteriores

pero aportan una solucién razonable. Normalmente suelen ser USB o
PCMCIA (para portatiles).

a4

Consejo
Al comprar una tarjeta de sonido fijate en:
Los conectores.

" Soporte para altavoces mdltiple (minimo 5.1 y mejor 7.1)

" Frecuencias de muestreo y niimero de bits de los ADC y DAC (mayores
de 48 KHz y 16 bits)

" Relacién sefial/ruido (SNR o S/N)

Formatos de sonido

El sonido se almacena en el disco del equipo en forma de archivo. Este
archivo puede reproducirse con igual o menor calidad que el sonido original.
Para escribir o reproducir el archivo necesitamos un CODEC (COdificador/
DECodificador). Estos CODEC pueden estar en el hardware con lo cual existe
una limitaciéon porque pueden existir formatos que no se puedan grabar o
reproducir. El CODEC software no tiene esta limitacion (el inico inconveniente
es que hace trabajar mas al microprocesador).
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Existen diversos formatos algunos con compresion y otros sin compresion.
Los mas comunes son los siguientes:

v Sin compresion.

— WAV. Formato de sonido por defecto de Microsoft

v Con compresion.

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3). Formato muy conocido. La calidad
depende del CODEC empleado.

- WMA (Windows® Media Audio). Formato desarrollado por
Microsoft.

— AAC(Advanced Audio Coding). Es parte del MPEG-4.
— OGG Vorbis. Alternativa Open Source.

- AC-3 (Dolby Digital). Formato empleado en muchas peliculas de
DVD (estéreo con 5.1 canales).

— DTS (Digital Theater System). Més calidad que el AC-3 pero menos
utilizado.

MIDI

MIDI es el acrénimo de Musical Instrument Digital Interface (interfaz
digital para instrumentos musicales). MIDI es como una partitura que luego
se tendra que interpretar por instrumentos (pueden estar sonando hasta 16
instrumentos de forma simultdnea). Salvo en el &mbito profesional, MIDI se
utiliza bastante poco. Lo més comun es utilizar sonido real no polifénico.

Altavoces y sonido envolvente

Los sistemas de altavoces varian mucho en calidad y en precio. También
dependiendo de cémo se conecten los altavoces (cables, inalambricos,
infrarrojos...) dependera el precio de los mismos.
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El nimero de altavoces mas utilizado son los siguientes:

v 2.0. Sonido estéreo.
v 2.1. Sonido estéreo + 1 Subwoofer.
4 5.1. 3 altavoces delanteros + 2 traseros + 1 Subwoofer.

4 17.1. 3 altavoces delanteros + 2 laterales + 2 traseros + 1 Subwoofer.

Los micréfonos
Las caracteristicas mas importantes de los micréfonos son las siguientes:

4 Sensibilidad del micréfono. A més sensibilidad més calidad. Los
instrumentos musicales normalmente necesitan micréfonos mas
sensibles.

" Ruido. Los mejores micréfonos tienen mucha sensibilidad pero bajo
nivel de ruido.

Los micréfonos son elementos mecdnicos y, como todo elemento mecanico,
dependiendo de la calidad de los materiales y la fabricacion, asi sera el producto
final.

Figura 4.24. Webcam. Fuente Creative Tools.
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Las Webcams en portatiles y monitores han dejado de ser un apdsito encima
o enganchado a la pantalla a estar integradas dentro de la pantalla.

INFORMACION
DIGITAL (archivo)

ESCENA LENTE SENSORES

101010101
000010001
100111111
110001001
101010101
000010010
000100100
111010110
101010101
110010101

Figura 4.25. Funcionamiento de una Webcam.

Las caracteristicas de una WebCam son las siguientes:

Resolucion. Tenemos que tener en cuenta dos factores, la resolucién
optica (VGA, SVGA...) y los frames por segundo que procesa la cAmara.
Cuanto mayor sean estos parametros mejor sera la cAmara.

Optica. En la éptica tenemos las lentes y los sensores. Las lentes
plasticas son las mas utilizadas mientras que en los sensores tenemos
los CMOS y los CCD. Aunque los CCD tienen mucha calidad, los CMOS
son la alternativa de futuro.

Micréfono. El micréfono integrado puede ser un extra, aunque
normalmente este tipo de micr6fonos tiene poca calidad.

Conectividad. Pueden ser inaldmbricas o cableadas. Actualmente las
camaras inalambricas se estan utilizando mucho en temas de seguridad
(algunas equipadas también con elementos de visién nocturna). Dentro
de las cableadas tenemos las que se pueden conectar a la red o bien las
que se conectan mediante USB al ordenador.

Otras opciones. Hay diversas opciones a tener en cuenta como el
disenio, si tienen visiéon nocturna o no (desde LED de iluminacién hasta
infrarrojos), el software incluido, etc...
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ZJ-JE] EL VIDEO DIGITAL Y EL PC

El video digital y el analégico

Una de las ventajas del video digital es su posibilidad de tratamiento por
un equipo informatico ademas de no sufrir ningtn tipo de deterioro por el uso.
Un original y la copia de un video digital son exactamente iguales, si se pierde
el original se puede echar mano de la copia (no ocurre lo mismo con un video
analdgico).

Sistemas de emision televisiva
El video digital o analdgico esta compuesto por frames en movimiento (parecido
al cine). En el sistema NTSC (EEUU y Japén) se emiten unos 30 frames por

segundo mientras que en el sistema PAL (casi toda Europa incluida Espana)
se emiten 25 frames por segundo.

Formatos de archivo de video digital

v MPEG-1. Obsoleto. Empleado en los video-CD. Tiene menor calidad
(parecida al video VHS) pero se puede reproducir en un reproductor de
DVD.

v MPEG-2. Formato de los DVD comerciales. Tiene més calidad que
MPEG-1.

v MPEG-4. Existen muchos subformatos como DivX, XviD, Windows®
Media Video (WMV), VC-1 o H.264/AVC. Actualmente casi todos los
reproductores de DVD soportan los formatos DivX y XviD.

" DV. Formato de muchas cdmaras digitales. Parecido al MPEG-2.

v HDV y AVCHD. Formato de videocAmaras de alta definicién (HD).

v Motion JPEG. Obsoleto. Utiliza una secuencia de imagenes JPEG.

" Huffyuv. Formato con compresién sin pérdida y que se codifica muy
rapido.

237



238

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

a4

Sabias que
Muchos de los formatos anteriores utilizan la extensidon de archivo AVI (propia
de Microsoft), aunque hay otro tipo de formatos mas avanzados como OGG.

F

Importante

Para reproducir o crear cada formato de forma correcta se necesita un
COdificador/DEcodificador (codec). Si un dispositivo no dispone del codec
correspondiente no podra reproducir el archivo.

El BIT rate

Es la tasa de bits o informacién en millones de bits por segundo. Cuanto
mayor sea el bit rate mejor sera la calidad del video.

ZIE LA TELEVISION DIGITAL Y LAS SINTONIZADORAS DE TV

Antes de comprar algin grabador de television a disco duro o algo parecido
hay que plantearse el comprar una sintonizadora de television. Estas
sintonizadoras de television suelen venir en infinidad de formatos (PCI, PCle,
PCMCIA o USB) y tienen unos precios realmente competitivos. Normalmente
vienen acompanadas de un software que ayuda a sintonizar las cadenas,
reproducirlas, realizar grabaciones... Generalmente las sintonizadoras vienen
con un mando a distancia que realiza la mayoria de las funciones de un mando
a distancia de una televisién normal.

Gran parte de las sintonizadoras ofrecen sintonizacién de la senal digital
(TDT) y analbgica.
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Sabias que

La TDT espafiola aunque tiene mejor calidad que la analdgica no llega a la
definicién de la HDTV (televisidn de alta definicién). No todos los canales se
emiten en alta definicidén. Esto quiere decir que va ser dificil aprovechar las
resoluciones de las nuevas televisiones digitales.

Fetaa
FE e

OPTICAL
COAXIAL

Figura 4.26. Disco duro multimedia + mando.

Los discos duros multimedia se componen de una carcasa a la que se le ha
equipado con un disco. Esta carcasa posee un hardware y firmware capaz de
reproducir video, fotos y musica.

Las carcasas generalmente vienen equipadas con un disco pero no
necesariamente. En ocasiones, si es un dispositivo de alta calidad puede venir
sin disco interno y hay que adquirirlo aparte. Se recomienda en ese caso elegir
un disco que genere poco ruido (el minimo posible).
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Las caracteristicas a tener en cuenta en un disco duro multimedia son las
siguientes:

Capacidad

Normalmente es una de las razones de peso mas importantes a la hora de
la compra.

En un disco de 1 TB pueden almacenarse alrededor de 1.300 peliculas de
video de 700 MB (MP4), 372.000 fotos de 2,5 MB 0 232.000 canciones de musica
de 4 MB (MP3).

Conexion al PC

La conexion al PC normalmente es por puertos USB en ambos dispositivos,
aunque no es descartable

Conexioén al televisor

Ademas de las conexiones tradicionales, hoy en dia se hace necesario que
tenga conexién HDMI.

Puertos USB

Ademas del puerto USB necesario para conectar al PC, muchos modelos
disponen de puertos USB adicionales para poder conectar un pendrive u otros
dispositivos USB y de esta manera poder reproducir archivos multimedia
almacenados en ellos.

Funcion NAS

Almacenamiento en red. Permitira si el disco esta correctamente configurado
acceder al mismo desde la red via WIFI o Ethernet. Se podra acceder al disco
desde cualquier equipo de la red para almacenar, eliminar o ejecutar archivos
sin tener que tener el disco conectado al equipo mediante el cable USB.

Sintonizador de television

El que un disco disponga de un sintonizador analdgico/digital (el analégico
dentro de poco no servira para nada) permitira grabar video desde la televisién.
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Previamente a grabar contenido de la televisién ya sea analégica o digital,
hay que sintonizar las cadenas. Para la grabacién, estos dispositivos pueden
grabar directamente al disco en un lugar determinado o tener una propia
particién con un sistema de ficheros independiente para grabar. En ocasiones
estas particiones utilizan sistemas de ficheros tipo UDF que estan disefiados
especialmente para almacenar contenido multimedia.

Compatibilidad

Al ser un equipo dedicado a la reproduccién de material multimedia por
supuesto se necesitara la compatibilidad con los distintos formatos multimedia.
El firmware debera tener los codecs de todos o la mayoria de formatos
multimedia existentes.

Radio web

Algunos de estos dispositivos permiten escuchar radio a través de Internet.
Para ello previamente hay que configurar correctamente el puerto ethernet o
wireless del disco.

Actualizacion del firmware

La actualizacién del firmware la cual incluye nuevas funcionalidades o
corrige algunos fallos, normalmente se hace a través del puerto USB del disco.
Consultar con el manual del fabricante para realizar el proceso correctamente.

La actualizacion del firmware es un proceso delicado y por lo tanto hay que
realizarlas con el mayor de los cuidados.

Figura 4.27. Proyector Epson®. Fuente: orfeol?.
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Los proyectores son cada vez mas comunes tanto en casa (home theater o
cine en casa) como en otro tipo de ubicaciones (salas de reuniones, bibliotecas,
aulas, salones de actos...).

Es importante a la hora de elegir un proyector tener en cuenta sus
caracteristicas.

Tecnologia

" CRT. Tecnologia en retroceso pues las que se estan utilizando mas en la
actualidad son la LCD y DLP.

v LCD. La tecnologia funciona como un cafién de luz (2.000 limenes o
mas) que atraviesa 3 pantallas LCD, una por color. Esta tecnologia al
igual que en los televisores esta bastante evolucionada.

v DLP. El sistema DLP es més nuevo que el LCD. Los dos utilizan
una tecnologia diferente pero al final consiguen unos resultados algo
parecidos. Los proyectores DLP tienen normalmente factores de
contraste algo mayores que los LCD tradicionales.

Resolucion

Junto con la luminosidad son los aspectos mas importantes de un
proyector.

La resolucion para proyectar imagenes de televisién seria una SVGA como
minimo (800x600) siendo recomendable una XGA (1.024x768). Si lo que se
quiere es proyectar imagenes de alta resolucion, entonces necesitaremos
UXGA (1.280x720) como poco, siendo recomendable WUXGA (1.920x1.080).
La resolucién también serd muy importante segin el tamario de la pantalla
que vamos a utilizar, mientras mas grande sea la pantalla méas resolucién
necesitaremos.

Luminosidad

La luminosidad depende del sitio donde se va a realizar la proyeccién y la
pantalla donde va a proyectar el proyector.
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Mientras el sitio sea mas oscuro mejor sera la proyeccion. Hay que evitar
que las fuentes de luz incidan sobre la pantalla de proyeccién.

También hay que tener en cuenta que si queremos proyectar en una
pantalla mas grande, deberemos tener mas luminosidad porque ésta se tiene
que repartir en una superficie mayor. Asimismo a pantallas mas pequenias mas
calidad puesto que los puntos que conforman la imagen estaran mas juntos.

La luminosidad se mide en limenes o lux. Un proyector con 2.000 lumen
o0 mas es mas que suficiente para uso doméstico o para una pequena sala de
reuniones. También depende mucho de la luz ambiente. Si la estancia esta poco
iluminada se necesitard un proyector de menos limenes.

Duracioén y coste de la lampara

Este punto es muy importante. Al igual que las impresoras de chorro de
tinta, el coste de los consumibles, en este caso las ldmparas, es muy importante
sobre todo si vamos a tener funcionando el equipo muchas horas.

Figura 4.28. Lampara de proyector DELL.
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Las lamparas estan previstas para durar una serie de horas y van perdiendo
luminosidad hasta que dejan de funcionar y hay que sustituirlas.

a4

Sabias que

Existen ya proyectores con tecnologia LED cuyas ldmparas duran 50.000 horas
o incluso mas. Con este tipo de lamparas ya no hay necesidad de preocuparse
por el cambio de la ldmpara.

Peso y portabilidad

El peso de los proyectores actuales esta sobre los 2 kilos de media llegando
muchos de ellos a estar sobre el kilo de peso.

Practicamente la mayoria de los proyectores estan preparados para colgarse
del techo (existen soportes universales para la mayoria de los proyectores).

Ruido

Cuando lo que se requiere es que sea silencioso el proyector, hay que evitar
los modelos pequenios y compactos pues tienen ventiladores pequenos de alta
velocidad que son mucho més ruidosos que los grandes. También los proyectores
suelen tener un modo econémico en el que la luz no funciona a toda intensidad
y los ventiladores pueden funcionar a menos revoluciones.

(Qué se puede conectar a un proyector de video?

Practicamente se puede conectar de todo, desde un PC, una videoconsola,

un disco duro multimedia, un televisor, una camara de fotos, cAmara de video,
un DVD...

Los proyectores actuales tienen todo tipo de conectores HDMI, VGA, RCA,
S-Video... con lo cual no sera dificil conectar cualquier aparato.
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RESUMEN DEL CAPITULO

Introduccién

Periféricos de
entrada
Los
Periféricos

Periféricos de
salida

Periféricos
multimedia

« La controladora
« Clasificacion (entrada, salida,
comunicacién y almacenamiento)

« Ratén

« Teclado

« Escéner

+ Tableta digitalizadora

* Monitor
+ Impresora
+ Multifuncionales

+ Dispositivos de sonido
+Webcam

+ Video digital y PC

« Television digital

« HD multimedia

« El proyector

Figura 4.29. Esquema del capitulo.

En este capitulo se hace una primera aproximacién a los periféricos.

Existen una infinidad de periféricos cada uno con unas caracteristicas

diferentes. El alumno debe conocerlos y saber su importancia.

Eltecladoy el raton se estudian méas en profundidad por su universlalidad

e importancia. Aunque el ratén de bola esta obsoleto, el conocer el

funcionamiento interno del mismo es importante para comprender el

funcionamiento mecanico de los periféricos.

Los dispositivos multimedia cada vez son mas importantes y por eso se

les dedica un apartado aparte.

Se recomienda al alumno que tome este capitulo como una primera

aproximaciéon a los periféricos y que siga investigando y profundizando

mas sobre el tema de forma independiente y auténoma.
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EJERCICIOS PROPUESTOS

m 1. OCR online. El ejercicio consis-
te en hacer un OCR online de una
imagen cualquiera. Obviamente este
tipo de paginas Web dan un servi-
cio gratuito pero con ciertos limites
(normalmente de tamano de la ima-
gen). Utiliza para ello la siguiente
pagina web:

http://www.free-ocr.com/

Free QOCR

Home About

Privacy Contact

Upload image for OCR

Language: [English (v
Galectihe language of the daeument ks imprave recognition of language specific atter variants

Serd file

Text recognition result:

Poniendo un sjempla aproximada y muy Simplificads de lo que

Gaiia inferpolar, Siyo tango una Secusncia de piXelsS (zamo 2

Figura 4.30. Pdgina web
http./ /www.free-ocr.com/.

Esta no es la tinica pagina, hay mu-
chas. Basta con teclear “free online
OCR” y nos saldran un montén de
ellas. La ventaja de ésta es que no
necesita ni registrarse ni direccién
de email.

La forma més rdpida de crear una
imagen con texto es abrir un editor y
pulsar el botén de imprimir pantalla
en el teclado. Ya tenemos en la me-
moria una instantanea del escritorio
que podemos trasladar a una imagen
y recortar la zona que nos interese.

m 2. Calcula el nimero de pixel pa-
ra las resoluciones abajo descritas.
Puedes utilizar K para Kilopixel y M
para Megapixel.

Tamaiio Namero

Resolucién en de

puntos pixel

VGA 640X480
SVGA 800X600
XGA 1.024X768
WXGA 1.280X800
SXGA 1.280X1.024
WSXGA o
1.440X900
WXGA+
UXGA 1.600X1.200
WSXGA+ 1.680X1.050
WUXGA 1.920X1.200

m 3. Investiga si existen resoluciones
mas grandes de las descritas en la
tabla anterior. Si existen, completa
la tabla con 5 filas mas.

m 4, ;Qué es un video Splitter?
Investiga por Internet qué es este
dispositivo y responde a las siguien-
tes preguntas:

JPara qué sirve?

,Qué ventajas se obtiene con el mis-
mo?

© RA-MA
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de este tipo?

m 5. Escribe SI o NO en cada casilla

Mediacenter

Es la relacion entre la sefial y ruido. Se mide

en decibelios.

Es uno de los mayores distribuidores de

: ; LA Picolitro
dependlendo S1 el perlferlco es de ese fotocopiadoras y accesorios mundiales.
tipo o no. ) ’
Es un sistema que permite tener la
informacion almacenada en un dispositivo
PCMCIA
externo y accesible a través de la red por
Dispositivo | Entrada Almacenam. | Comunic. ) »
medio de protocolos especificos.
Es la pelicula fotografica marrén necesaria
Mouse
R para imprimir el positivo (foto) en papel. Las
Tableta nuevas camaras digitales ya no utilizan esta

digitalizadora

tecnologia.
Existen ya dispositivos de este tipo con

Teclado Cuadro o frame tecnologia LED cuyas ldmparas duran 50000
inaldmbrico horas.
Fraccion muy pequefia de la unidad de
OCR
Hub USB volumen.
Equipo adaptado a reproducir fotos, musica,
Tarjeta de red Xerox .
peliculas...
. Es la alternativa al ratén con la que van
Tarjeta
equipada muchos portatiles. Normalmente es
de red proyector
P . una zona cuadrada que permite manejar el
inaldmbrica
puntero de la pantalla.
Impresora Identificacion Es el software que puede ser distribuido y
biométrica desarrollado libremente.
Monitor a .
, Es el ndmero de puntos que una impresora o
La actualizacién )
escaner pueden generar o leer en el espacio
Web-cam del firmware
de una pulgada.
Lapiz dptico Es un tipo de circuito integrado cuya
s alternativa son los circuitos CMOS. Este tipo
heloeret] de circuitos se utilizan, entre otros, en los
E e e sensores de las cdmaras fotogréficas.
tarjeta de Incluye nuevas funcionalidades o corrige
memoria Negativo algunos fallos, normalmente se hace a través
del puerto USB del disco multimedia.
Tarjeta de
infrarrojos Asociacion cuya finalidad es disefiar tarjetas
normalmente para portétiles. Hay muchos
Sensor CCD
tipos de tarjetas de formato PCMCIA (tarjeta
mdédem, tarjeta de red, tarjeta de sonido...)
m 6. Describe qué es un driver y qué Es una imagen dentro de una secuencia
: : . 4 Touchpad o sucesion de imagenes. Un video es una
funciones realiza. ;Por qué son nece- e E
. . . oy sucesion de frames.
sarios los driver? ;Es posible utilizar — :
Es el acrénimo de Optical Character
., . o . . .
algun dlSpOSlthO sin dI‘lVeI‘? Punto por Recognition. Es una técnica que examina una

m 7, Une cada concepto con la frase que

mas lo identifique:

pulgada (ppp).

Open Source.

imagen y extrae los caracteres que encuentra
en la misma.
En esta técnica se utiliza el propio cuerpo
humano para detectar al usuario (huellas

digitales, patrones del iris del ojo...)




248

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

m 8. Abajo se muestra parte de la ficha
técnica de un monitor. Explica cada
uno de los siguientes parametros:

Tipo de pantalla
« Pantalla LCD/matriz activa TFT
« Tecnologia TFT

Tamano de punto / Tamano de
pixel
v/ 0,282 mm

Resolucion maxima
v1.680 x 1.050

Soporte color
+ 24 bits (16,7 millones de colores)

Velocidad sincronizaciéon max.
(VxH)
v/ 75 Hz x 83 kHz

Tiempo de respuesta
V5 ms

Coeficiente de contraste de ima-
gen
+20.000:1 (dindmico)

Maximo angulo de vista H ima-
gen
/170

Maximo angulo de vista max. V
imagen
/170

Estandar de video digital
+ (HDMI)

© RA-MA

Consumo eléctrico en modo de
espera/reposo
/1 vatios

Estandares medioambientales:
+ De acuerdo con EPA Energy Star

9. Abajo se muestra parte de la ficha
técnica de un proyector. Explica cada
uno de los siguientes parametros:

Tipo de dispositivo
« Proyector LCD

Brillo de imagen
v 3.000 ANSI lumens

Coeficiente de contraste de
imagen
v 500:1

Resolucion
v1.024 x 768

Relacion de aspecto nativa

v/ 4:3

Tipo de lampara
v'NSH 210 vatios

Salida de video
/' RGB

Alimentacion
v CA 120/230 V ( 50/60 Hz)

Consumo eléctrico en funciona-
miento
/295 vatios
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m 10. A continuacién se presentan las  Fuente de alimentacién
partes més comunes de una impre- + Placa légica o placa electrénica
sora de inyeccién de tinta. Explica  Puerto de interfaz

qué son cada una de ellas:
' Bandeja de alimentacién de papel = 11. ;Qué es el cartucho continuo de

+ Rodillos tinta de las impresoras (de chorro de
+ Motor del alimentador de papel tinta)? ;En qué consiste?

+ Correa dentada

 Barra estabilizadora m 12. ;Qué cuidados tenemos que te-
V Cartuchos de tinta ner con los cartuchos de las impreso-
V Cabezal de impresién ras de chorro de tinta?

 Motor del cabezal

N

tes software que son los que ges-
]. Un NAS es... tionan los periféricos.
a) Un dispositivo adaptado a repro- ¢) El tamano del monitor se obtiene
ducir fotos, musica, peliculas... midiendo la longitud en pulgadas
b) Un sistema que permite tener la de su diagonal.

informacién almacenada en un
dispositivo externo y accesible a 3
través de la red por medio de Elige la frase més correcta:

protocolos especificos. a) Un driver de un dispositivo elec-
¢) Un tipo de circuito integrado cu- trénico sirve para cualquier sis-
ya alternativa son los circuitos tema operativo.
CMOS. b) En la resolucién hay que tener en
cuenta dos factores, la resolucién
2 6ptica y los frames por segundo.
Elige la frase mas correcta: c) Las lentes de cristal térmico
a) En todos los periféricos las se- son las maés utilizadas mientras
niales magnéticas se transforman que en los sensores tenemos los
en impulsos eléctricos. CMOS y los CCD.

b) Las controladoras son componen-
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4Elige la frase més correcta:

a) En un video digital, el original y
la copia de un video digital son
casi iguales, la Unica diferencia
estriba en el ratio de compresion
del formato del original.

b) El video digital o analégico esta
compuesto por frames o cuadros
en movimiento como en el cine.

c¢) E1 MPEG-1 es el formato de los
DVD comerciales.

5Cuél de los siguientes formatos no
es un formato de video:

a) HDV

b) AVCHD

c) Huffyyuv

60ué1 de las siguientes afirmaciones
es falsa:

a) El bit rate es la tasa de bits o
informacién en miles de bits por
segundo.

b) El funcionamiento fisico del te-
clado dependera en gran medida
del tipo de teclas que se utilice.

¢) Los teclados para juegos pueden
almacenar macros o secuencias
de teclas.

7Elige la afirmacién falsa:

a) En el escaner de rodillo el docu-
mento se coloca sobre un cristal,
y un brazo va barriendo la super-
ficie del documento con la fuente
de luz y el sensor CCD acoplado
al mismo.

b) La resoluciéon se mide en puntos
por pulgada (ppp o dpi).

¢) La funcién de un escéner es ex-
plorar un documento u objeto y
digitalizarlo.

8Elige la afirmacién falsa:

a) Resoluciéon real y resolucion in-
terpolada no son iguales.

b) La resolucion interpolada es
siempre mayor que la resolucién
real u optica del escaner.

c¢) La resoluciéon interpolada es
siempre menor que la resolucién
real u 6ptica del escaner.

9Elige la afirmacién falsa:

a) El escaneado de un documento
0 imagen consiste en hacer un
barrido con una fuente luminosa
potente.

b) Normalmente las tabletas mas
grandes suelen ser de ambito do-
meéstico mientras que las mas es-
tilizadas y pequenas suelen utili-
zarse en el Ambito profesional.

c) La tableta digitalizadora es una
soluciéon para aquellas personas
que sufren lesiones por el uso del
raton.

1 OElige la afirmacién falsa:

a) Todos los monitores del tipo LCD
incluyen una capa delgada de mi-
llones de transistores cada uno
con un condensador.

b) En la tecnologia OLED las ima-
genes son mas claras y brillantes
ademas de ser los monitores ra-
pidos y tener gran contraste.

¢) Para limpiar un equipo hay que
utilizar un aspirador o mucho
mejor un spray limpiapolvo apro-
piado.

© RA-MA



Ensamblado
de equipos
microinformaticos

Objetivos del capitulo

v Vas a aprender a como montar
un PC desde cero. Conoceras los
componentes necesarios para
el funcionamiento de un PC y
como hacerlos funcionar.

v Conocerés distintas
posibilidades para la
refrigeracion del procesador y
demas micros del equipo.

v Aprenderas nociones béasicas de
técnicas interesantes como el
modding o el overclocking.

v Deberés seguir y tener muy en
cuenta las precauciones en el
montaje para evitar accidentes
y preservar los componentes.

v Recuerda que cualquier
manipulacién incorrecta de un
componente anula su garantia.
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........

........

5 ® ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

........................................................................................................

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL
CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

Alcohol isopropilico. El alcohol isopropilico no deja humedad al
evaporarse por eso se utiliza en informatica para limpieza.

Control PWM. Control de velocidad de un ventilador mediante pulsos.
Utilizado para controlar la velocidad de un ventilador (por ejemplo
el del disipador de la CPU) y que éste vaya mas rapido o mas lento
dependiendo de la temperatura de la CPU.

Baybus. Dispositivo que aumenta o disminuye la velocidad de un
ventilador utilizando el voltaje que se suministra al mismo.

Crossfire. Es un modo de interconexiéon de méas de una tarjeta de
video de tal manera que puedan funcionar como si fuera una Unica
tarjeta combinando sus GPU’s para que funcionen conjuntamente. Esta
tecnologia es del fabricante de tarjetas ATI

Dual channel. Tecnologia para memorias que permite aumentar su
rendimiento debido a que se puede acceder simultaneamente a dos
moédulos distintos de memoria.

Estanqueidad o estanco. Quiere decir que no tiene fugas de agua ni
es permeable al agua. El agua ni entra ni sale de un sistema estanco.
Un reloj sumergible es estanco.

Fan. Ventilador.

Fanbus. Un fanbus es un hub o concentrador de ventiladores. Un
dispositivo mediante el cual se pueden conectar multiples ventiladores
y controlarlos.

FSB. Front Side Bus o bus frontal. Es el bus que interconecta
los principales elementos de un equipo (procesador, memoria y
northbridge).
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B Heat-pipe. Es un tubo de cobre generalmente que se utiliza como
elemento de refrigeracion. El tubo contiene un liquido que se evapora
en la zona mas caliente y se condensa en la zona mas fria transfiriendo
el calor. De esa manera se traspasa el calor de una zona a otra para
refrigerarla. A diferencia de los ventiladores no emite ruido.

B Numero primo. Numero primo es aquel nimero natural que solo tiene
por divisores él mismo y el 1.

m PATA o Parallel-ATA. Es el interface IDE o ATA de siempre, el cual
esta siendo sustituido por el SATA (Serial ATA).

B Rheobus. Es un controlador para ventiladores, permite controlar la
velocidad de los ventiladores y en algunos casos medir la temperatura
de los dispositivos (de esa forma se ajustaran las RPM de los
ventiladores).

B SATA. Serial ATA. Es el interface que sustituye al PATA. Mas delgado,
manejable y con mas prestaciones que su predecesor. Estos interfaces
conectan generalmente el disco duro o lector 6ptico con la placa base.

m SLI (Scalable Link Interface).Es un modo de interconexién de mas
de una tarjeta de video de tal manera que puedan funcionar como
si fuera una unica tarjeta combinando sus GPU para que funcionen
conjuntamente. Esta tecnologia es del fabricante de tarjetas NVidia®.

m Slot. Puerto de expansién de una placa base. Permite conectar en él
tarjetas de expansién como tarjetas graficas, tarjetas de red, tarjetas
expansoras de puertos USB... Los mas comunes son los PCI, PCI
Express o AGP.

B Socket o z6calo. Es el lugar donde se encaja el microprocesador en
la placa base. Zécalo y microprocesador encajan solo en una posicién
concreta.

B Termoconductor. Material que por sus propiedades permite que el
calor pase a través de él (aluminio, cobre...).

B Underclocking. Al contrario de overclocking es la bajada de velocidad
o prestaciones de algin elemento hardware por ejemplo el micro. De
esta manera se consigue un menor consumo de energia.

B Zoécalo LGA. Zécalo para micros con contactos. LGA es Land Grid Array
(se podria traducir como base con matriz de contactos). En este caso los
pines o contactos estan situados en el zdécalo en vez de en el micro.
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B Zocalo ZIF. Zoécalo para micros con pines. ZIF es Zero Insertion Force
(fuerza de insercién cero). En este tipo de zdécalos no hay que hacer
ningun tipo de fuerza para insertar el micro. Tienen una patilla que al
ajustarse es la que hace que el micro quede correctamente encajado.

................................................................................................................

5 2 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
" DE SEGURIDAD

................................................................................................................

EF3] LUGAR DE TRABAJO

Iluminacion del sitio de trabajo

Una buena iluminacién del sitio de trabajo es fundamental. No hay que
descartar el utilizar una luz adicional tipo flexo o portatil para iluminar
ciertas partes del interior del ordenador que nos haga falta que estén mejor
1luminadas.

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo debera estar despejado y acondicionado para las
operaciones que vamos a realizar.

EF3F) PRECAUCIONES SOBRE LA ENERGIA ELECTRICA

Nunca manipular los componentes con el ordenador encendido, hay que
asegurarse de que el ordenador esta apagado. Esto quiere decir que se debe
desconectar el cable de alimentacién al aparato y el interruptor de la fuente de
alimentacion si tiene.

Utilizar siempre enchufes con toma de tierra. Evitar utilizar enchufes que
no tengan toma de tierra.
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EF2E] PRECAUCIONES SOBRE LA ENERGIA ESTATICA

La energia estatica puede hacer que se dafien los componentes electrénicos.
La electricidad estatica puede producir descargas de 4.000 o incluso mas
voltios que hacen que se estropee un componente electronico. Muchas de estas
descargas que se producen no son visibles al ojo humano.

Acciones que evitan problemas con la energia estatica:

" Tocar un grifo (las tuberias cuando son metélicas hacen de toma de
tierra)

" Tocar continuamente la parte metalica de la carcasa para descargarse
V' Utilizar una pulsera con toma de tierra y utilizarla correctamente

" Utilizar un spray antiestético. Rociar un trapo con el spray y frotar el
monitor, caja y teclado.

Acciones que pueden provocar problemas con la energia estatica (HAY QUE
EVITAR):

" Trabajar en moquetas que no sean antiestiticas

V" Utilizar Zapatos con suela de goma

V" Utilizar pulseras conductoras (metélicas)

v Coger los componentes por zonas que no son los cantos

" No descargarse estaticamente antes y mientras se estd trabajando.

PRECAUCIONES SOBRE SISTEMAS DE REFRIGERACION
LiQUIDA

Todas las empresas de componentes hacen pruebas de sus productos antes
de su distribucién, no obstante, para evitar problemas que se pudieron producir
en la distribucién se recomienda hacer una prueba de estanqueidad fuera del
chasis antes de montarla dentro del mismo. En el apartado de instalacién
de sistemas de refrigeracién liquida se mostrard esta prueba previa de
estanqueidad.
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EF25] PRECAUCIONES SOBRE LOS COMPONENTES

Microprocesador

" No poner a funcionar el equipo con el microprocesador montado sin el
disipador del microprocesador.

v Cuando se cambie el disipador hay que limpiar la pasta térmica
anterior y volver a aplicar pasta nuevamente antes de montar otra vez
el disipador.

" Nunca manipular el procesador por los pines o patillas.

\

Nunca instalar un disipador en un microprocesador sin pasta térmica.

" Normalmente los disipadores de los microprocesadores tienen ya
un material con pasta térmica preaplicado, si se decide utilizar
otro tipo de material consultar si es apropiado utilizarlo o no en ese
microprocesador.

Fuente de alimentacion

" No desenchufar el cable de tensién cuando el equipo esté funcionando.
Puede ocurrir que daries la fuente y los demas componentes. Recuerda
que un equipo hibernando o en stand-by esta funcionando.

" No ubicar el equipo o la fuente de alimentacién en un lugar con alta
temperatura o humedad.

v Las fuentes de alimentacién tienen altos voltajes en su interior (jIncluso
después de desconectadas!). Con lo cual se aconseja mucho cuidado en su
manipulacién y si no se esta seguro de lo que se hace mejor no tocar.

Placa base

Cuando compramos una placa base viene protegida en su parte inferior por
un material que impide que se deterioren los contactos situados en esa cara y
envuelta en una bolsa antiestatica.
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No agarres la placa por los componentes, siempre agarrala por los
cantos.

No saques la placa de la bolsa hasta que tengas que montarla, mientras
menos la manejes mejor.

No pongas la placa encima de la bolsa puesto que puede haberse
almacenado la carga electrostatica en la zona externa.

No apiles las placas una encima de otra pues se pueden danar. Colécalas
encima de algin material aislante.

No toques los componentes con la mano.

Memoria

Sigue los mismos consejos que con la placa base. Al igual que la placa base,

evita manejar en exceso la memoria dado que es uno de los componentes mas

sensibles del equipo. La energia estatica es uno de los peores enemigos de las

memorias.

Discos duros

v
v

NN

\

\

Maneja los discos a temperatura ambiente.

La placa con circuiteria electrénica es muy sensible a la energia estatica,
por lo tanto maneja el disco por los cantos.

Su uso debe ser en posicién horizontal (preferentemente).
No tocar nunca la circuiteria electréonica del disco.
No manipules el disco conectado a la corriente.

No golpees, ni manejes el disco de forma brusca pues las cabezas pueden
dafar el plato.

No exponer los discos a fuentes magnéticas pues dafian la informacién
que contienen.

No abrir el disco bajo ningin concepto.

No utilizar tornillos muy largos cuando se fije a la caja.
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EIFX7 PRECAUCIONES GENERALES

V" No forzar nunca los componentes. No hagas fuerza a la hora de atornillar,
fijar una memoria, insertar la placa en su zdécalo...

 Evitar el contacto de los liquidos con el equipo. En caso de que se derrame
cualquier liquido sobre algin componente electrénico dejarlo secar
algunos dias en ambiente lo mas seco posible. Los liquidos provocan
cortocircuito.

 Evitar la acumulacién de polvo en el interior de los equipos. Para
eliminarlo utilizar un pincel suave, un aspirador pequefio o un spray
limpiador especifico para eliminar polvo de componentes electrénicos.

v Y ante todo y para problemas que no hemos enumerado utilizar el
sentido comun.

a4

Recuerda
Sigue las recomendaciones anteriores ya que cualquier manipulacién incorrecta
de un componente anula su garantia.

................................................................................................................

5 3 HERRAMIENTAS
. Y UTILES

................................................................................................................

Destornilladores

Figura 5.1. Juego de destornilladores.
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Se utilizaran destornilladores de distintos tamanos y puntas (Phillips o
estrella y planos). También podemos tener algun destornillador tipo Tork para
la apertura de discos duros.

Asimismo se recomienda en el caso de que tengamos que montar o reparar
varios equipos el tener un destornillador eléctrico pues facilita y agiliza el
trabajo.

Alicates

Figura 5.2. Juego de alicates. Figura 5.3. Juego de alicates (detalle).

De derecha a izquierda:

B De mordaza. Servirdn para operaciones como agarrar las chapas de las
bahias o de los slots de expansién y retirarlos de la placa base.

m Alargados. Necesarios para operaciones como enganchar jumpers y
poder realizar configuraciones con ellos.

B De corte. Para cortar bridas y otros materiales duros que una tijera
normal no puede cortar.

Bridas

Las bridas de pldstico o nylon nos serviran para organizar el cableado
interior del equipo evitando roces con ventiladores y demds elementos.
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Figura 5.4. Brida.

Polimetro

Figura 5.5. Polimetro.

Para verificar el correcto funcionamiento de los componentes se necesitara
un polimetro con el cual se podran medir principalmente los voltajes de
los componentes como la fuente de alimentacién, transformadores de
portatiles...
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Pasta térmica
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Figura 5.6. Disipador de aluminio con pasta térmica en el centro.
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La superficie del disipador y el procesador no son estrictamente lisas.

La pasta térmica se utiliza para cubrir esos huecos que quedan entre
ambas superficies cuando se montan en la placa base. En los huecos entre el
microprocesador y disipador quedaria aire y dado que la pasta térmica conduce
mejor el calor que el aire por eso se aplica.

Se debe aplicar solamente la justa sobre la superficie superior del
microprocesador y extender posteriormente con una tarjeta de visita, carnet o
similar para que quede bien distribuida.

No hay que aplicar pasta térmica en exceso pues es mucho menos conductora
que el aluminio y bastante peor que el cobre. También decir que hay pastas
térmicas que contienen particulas metdalicas y por lo tanto hacen de conductor
eléctrico por lo que un exceso de pasta podria provocar problemas.

Hay disipadores como el de la figura anterior que ya vienen con pasta
térmica de fabrica, con lo cual no hace falta aplicarla.

Figura 5.7. Jeringa de pasta térmica.
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En cuanto al tipo de pasta térmica a utilizar inicamente decir que cuanto
mas conductora sea mejor, puesto que podemos reducir unos cuantos grados
menos la temperatura del microprocesador.

a4

Recuerda

La pasta térmica es diferente de la silicona térmica. La silicona térmica no
transmite tan bien el calor pero pega mucho mas, con lo cual nos sera mas dificil
separar el microprocesador del disipador.

Otras herramientas

Estas herramientas pueden ser de utilidad pero seguramente las uses con
menos frecuencia salvo que seas un modder:

m Cutter.

B Soldador y estano. Para acortar o empalmar cables, sustituir
componentes... La recomendacién es que se utilice con sumo cuidado y
sabiendo lo que se hace.

B Herramienta multifunciéon. Dremel o similar. Muy ttil para todo tipo
de trabajos (cortar, lijar, amolar...).

m Utiles varios

— Metacrilato o plexiglass. Material transparente como el cristal pero
con mas posibilidades al ser un plastico. Hay distintos tipos de
materiales los cuales difieren en la calidad y el precio. Para ciertos
acabados podemos utilizar algunos méas econémicos y la apariencia
puede ser parecida.

- Lija de agua. Se utilizara para lijar los bordes del metacrilato
quitando las rebabas y que quede un acabado perfecto.

- Pegamento instantaneo.

- Ete.
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................................................................................................................

5 SECUENCIA DE MONTAJE DE UN
" ORDENADOR

................................................................................................................

Componentes minimos:

m Caja o chasis. La caja de la placa base incluira el cable de corriente y la
tornilleria para fijar la placa base al chasis de la caja. Se supone que la
caja incluye la fuente de alimentacién, si no habria que adquirir una.

m Placa Base. Normalmente el paquete de la placa base ademaés incluira
cables SATA o PATA, drivers y la chapita de ajuste con la caja.

B Memoria.

B Microprocesador. Normalmente el paquete del microprocesador
incluye el manual, el micro y el disipador (que en la mayoria de las
ocasiones tiene ya fijada la pasta térmica).

® Disco duro.

® Lector 6ptico (opcional). No es requisito indispensable pero nos
ayudara a instalar y configurar el sistema operativo ademaés de los
distintos drivers.

Pasos a realizar en el montaje de un ordenador:
1 Apertura de la caja

2 Montaje de la placa base

3 Montaje del microprocesador y disipador
4 Montaje de la unidades épticas

5 Montaje del disco duro
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6 Montaje de las tarjetas de expansién (si son requeridas)

7Conexionado del resto de componentes

8Verificacién final de la instalacién

........

........................................................................................................

5 5 MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA CAJA
|

O CHASIS

Figura 5.8. Interior de la caja de una placa base.

Componentes habituales de la caja que contiene la placa base:

Placa base. Cubierta por su bolsa antiestatica y protegida su parte
trasera por un material blando para proteger los contactos.

Cable PATA.
Cable transformador Molex a SATA.
CD con los drivers de la placa (audio, red...).

Chapita de encastre de los puertos de entrada salida (PS/2, RJ45,
VGA, USB, Serie, Paralelo, Audio...). Sustituir la que trae la caja por
ésta cuando la localizacion de los puertos no es la misma.
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EIE] APERTURA DE LA CAJA

Las cajas se abren de multiples formas. Las mas utilizadas son las que los
paneles laterales van atornillados y se desplazan hacia atras por unas guias
separandose del chasis, en otras cajas se levanta la tapa superior para abrirlas
desplazandose por unos railes...

Sobre la fijacién algunas van atornilladas, otras van con clips o
pestanas...

Como consejo decirte que en el caso de que utilice la caja pestaiias u otro
sistema parecido no fuerces el mecanismo para no inutilizarlo.

EIElF] FIJADO DE LA PLACA BASE AL CHASIS DE LA CAJA

a4

Recuerda
Sujeta la placa base por los bordes. No toques la circuiteria con los dedos.

La tornilleria que viene con la caja incluye piezas de plastico o metal que
evitan que la placa base esté en contacto directo con la caja.

TORNILLO PLACA
PLACA BASE
ARANDELA BASE
[ |
CcLIP
SEPARADOR
TORNILLO
SEPARADOR ' \
CHASIS
Figura 5.9. Tornillo de fijacién placa-chasis. Figura 5.10. Clip de fijacién placa -chasis.
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Normalmente son tornillos macho hembra o clips de plastico que tendran
que colocarse en los huecos apropiados dependiendo de las dimensiones de
nuestra placa.

a2

Recuerda

m Comprueba antes de fijar la placa base que todos los tornillos macho-hembra
o clips quedan perfectamente alineados con los orificios de la placa y no queda
ninguno libre. De esta manera no tendremos que desmontar y volver a montar
la placa de nuevo.

m No dejes separadores sin atornillar pues pueden producirse falsos contactos.
m Atornilla la placa al chasis por todos los sitios marcados.

M Pon arandelas de carton o plastico antes de introducir y atornillar los
tornillos.

Una vez que tenemos fijados los tornillos macho hembra o clips en el chasis
de la caja fijaremos la placa base a la misma utilizando los orificios rodeados
de estano de la misma.

Figura 5.11. Orificio de la placa donde se atornilla al chasis.

Los tornillos haran que la placa quede firmemente fijada al chasis de la caja.
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EIEJE] CONEXIONADO DE LA PLACA BASE A LA FUENTE DE
ALIMENTACION

a4

Recuerda
Antes del conexionado de alimentacién de la placa base, consulta el manual de
la misma para hacerlo de forma correcta.

J 7
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Figura 5.12. Conector ATX de la placa de 24 pines.

Los conectores ATX de las placas base actuales son de 24 pines. Si tenemos
una fuente antigua de 20 pines también se puede instalar pero tiene que
hacerse en los primeros 20 pines dejando libres los 4 tltimos (deberemos
conectar el conector ATX de la fuente de alimentacién utilizando los pines 1
y 13).

Figura 5.13. Insertando el conector de la placa ATX.
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En ocasiones es dificil encajar el conector de alimentacion ATX a la placa
base. No fuerces demasiado la placa base pues se puede danar.

Figura 5.14. Conector ATX de 12 voltios.

Cerca del microprocesador hay un conector ATX de 12 voltios de 4 u 8 pines
que va a servir para proporcionar la suficiente electricidad al mismo. Hay que
colocar el conector ATX 12 V macho de cuatro u ocho pines de la fuente de
alimentacion al conector hembra de la placa base.

a4

éQuieres saber mas sobre las fuentes de alimentacion?
En el apartado 7.3 del capitulo 7 se explican las fuentes de alimentacion a
fondo.
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................................................................................................................

5 6 ENSAMBLADO DEL PROCESADOR Y
5 ELEMENTOS DE REFRIGERACION DEL

MISMO

Recuerda

Si se va a instalar una CPU ya utilizada hay que limpiarla bien. Para ello habra
que limpiar tanto la superficie del microprocesador como la base del disipador
con alcohol isopropilico que eliminara la pasta o compuesto térmico que ya tenia
anteriormente.

F

Recuerda
Puedes instalar el microprocesador y disipador antes o después de fijar la placa
base al chasis de la caja. Suele ser mas comodo hacerlo antes.

En los ejemplos veremos como se instala un microprocesador tipico en un
z6calo con un disipador comun. Existen diferentes tipos de zécalos y formatos
de instalacién aunque todos suelen ser similares. Consulta el manual del
fabricante para conocer la forma de instalacién. Leyendo detenidamente las
instrucciones del fabricante no te resultara dificil montar el microprocesador
y sistema de refrigeracion.

La instalacién requiere realizar los siguientes pasos:

1. Leer antes de ensamblar el microprocesador.

2. Preparacién del zécalo para recibir el microprocesador.
3. Instalacién del microprocesador en el zécalo.

4. Fijacién del disipador al zécalo y conexién del ventilador.

Veremos cada uno de estos pasos a continuacién con detenimiento.
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EF] LEER ANTES DE ENSAMBLAR EL MICROPROCESADOR

Figura 5.15. Manual de la placa base, instalacién del microprocesador.

Figura 5.16. Manual de la placa base, instalacion del disipador.

Hay que leer detenidamente las instrucciones del fabricante antes de
instalar el microprocesador pues es uno de los componentes mas sensibles del
equipo. Una mala manipulacién o instalaciéon danaria el microprocesador.

En las instrucciones se explicara como montar el microprocesador y su
disipador.

a4

Recuerda
Comprueba que la placa base y el microprocesador que vas a montar son
compatibles. Para ello puedes consultar la documentacién del fabricante.
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PREPARACION DEL ZOCALO PARA RECIBIR EL
MICROPROCESADOR

1 Liberar la patilla del zécalo

“Ndd ® 1yl o)
Juem noK ssejun des sjuy

z
!
i

Figura 5.17. Zocalo.

2 Retirar el plastico protector

Figura 5.18. Zocalo sin el protector.

3 Abrir el zécalo

Figura 5.19. Zocalo abierto.
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F

Recuerda

El zocalo suele llevar un plastico que le previene del contacto con los pines del
mismo. Quita el plastico justo cuando vayas a instalar el microprocesador. Si
retiras el microprocesador del zécalo vuelve a colocar el plastico en el zdcalo
para que no se dafie.

F

Recuerda
Zbcalo ZIF (Zero Insertion Force - fuerza de insercion cero). Estas siglas
significan que no hay que forzar o hacer fuerza sobre el micro hacia el zécalo.

EJE] INSTALACION DEL MICROPROCESADOR EN EL ZOCALO

F

éQuieres saber mas sobre los microprocesadores?
En el apartado 2.9 del capitulo 2 tienes toda la informaciéon sobre
microprocesadores (disipacion, parametros, fabricacion, overclocking...)

F

Recuerda

Alinea correctamente el microprocesador al zdcalo.

El indicador de la Conexién 1 debe coincidir con el Pin 1 del zocalo de la
CPU. Comprueba que las muescas o chaflan del zécalo coinciden con las del
microprocesador.

Los microprocesadores sdlo encajan en una posicion determinada.
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1 Colocar el microprocesador suavemente en la posicion correcta dentro del
zécalo.

Figura 5.20. Colocacion del micro en el zécalo.

2 Cerrar la portezuela del zécalo

Figura 5.21. Micro encajado en el zécalo.

3Ajustar la patilla para que el micro haga contacto con los pines del zdcalo

Figura 5.22. Ajuste del micro al zécalo.
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S1J%] FIJACION DEL DISIPADOR AL ZOCALO

a4

Recuerda
Colocar pasta térmica en el microprocesador antes de instalar el disipador en
caso de que el disipador NO venga con compuesto térmico de fabrica.

Procura colocar pasta térmica (la justa) y distribuir una capa fina por toda la
superficie del microprocesador.

Figura 5.23. Disipador + ventilador de Intel. Figura 5.24. Ajuste del disipador + ventilador.

Nétese como el ventilador esta colocado de tal forma que hace que el calor
ascienda. Expulsa el aire caliente del disipador y lo saca fuera del mismo.

Figura 5.25. Alimentacién del ventilador de la CPU.
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El ensamblaje del ventilador tiene un conector de alimentacién de 3 pines
(normalmente en las placas viene marcado como CPU FAN). Si encontramos
uno de 4 (con control PWM) este cuarto es para instalar un ventilador silencioso
y poder controlar la velocidad del ventilador (Si es de solo 3 pines, este conector
se conectara generalmente en los 3 primeros —del 1 al 3 -. No obstante, consultar
con el manual de la placa base para su correcta instalacion).

a4

Recuerda
Conectar el cable del disipador al conector de la placa base. Consulta el manual
del fabricante para saber en qué pines irad conectado el ventilador.

................................................................................................................

5 7 FIJACION DE LOS MODULOS DE
. MEMORIA RAM

................................................................................................................

F

Recuerda

Puedes instalar la memoria (igual que el microprocesador y disipador) antes o
después de fijar la placa base al chasis de la caja. Hacerlo antes suele ser mas
comodo.

PASOS ANTES DE MONTAR LA MEMORIA

1 Consultar en el manual de la placa base si la memoria que se va a instalar
es compatible.

Figura 5.26. Memoria RAM DDR y DDR-2.

Consultar en el manual en qué bancos de memoria se deben colocar los

moédulos de RAM.
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E¥/F) INSTALACION FiSICA

Seguiremos los pasos que siguen a continuacion.

]_ Alinear las muescas de la RAM con las muescas del banco de memoria.

Figura 5.27. Instalacion de RAM-1.

2 Empujar suavemente hasta que la RAM haya encajado perfectamente.

Figura 5.28. Instalacion de RAM-2.

3Fijar la RAM con las pestanas para que quede bien asegurada.

GIGABY
€ Ga-ep3s-psiL PL

Figura 5.30. Memorias RAM insertadas en su banco.
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En el caso de que tengamos que montar mas de un médulo el procedimiento
es el mismo. Como se dijo antes, consultar en el manual de la placa base los
bancos de memoria donde tienen que ir colocados.

a4

Recuerda

Hay placas que admiten mas de un tipo de memoria pero no se aconseja colocar
tipos de memoria diferentes en una placa.

Procura montar memorias iguales (misma marca, tamafo...) sobre todo si vas
a hacer Dual Channel.

................................................................................................................

5 FIJACION Y CONEXION DE LAS UNIDADES
|

DE DISCO F1JO

Recuerda
Para la instalacion y manipulacién del disco sigue las recomendaciones dadas al
principio de este capitulo.

S| PASOS A SEGUIR

Los pasos a seguir en la instalacion de un disco duro de una manera muy
simplificada son los siguientes:

Configuracién de los Jumper (solo discos PATA). Muchos discos PATA
1Vienen de fabrica configurados en la posicién cable-select. Dependiendo
de la configuracién particular deseada puede ser necesario que haya que
modificarlo a la posicién de Maestro o esclavo. Mas adelante se mostraran las
distintas configuraciones de un disco duro PATA.

2 Instalar fisicamente el disco en la bahia conectando el cable de datos.
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Detectar o ver que se autodetecta correctamente el disco duro desde la
BIOS.

1 Crear una particién y formatearla si es un disco que no alberga el sistema
y s1 no instalar el sistema operativo.

E:lF] HERRAMIENTAS NECESARIAS

Figura 5.31. Cable SATA.

® Destornillador de estrella o Phillips.

B Alicates alargados en caso de que se necesite modificar la
configuracion de los jumpers del disco PATA.

m Cable Ultra ATA o PATA /cable SATA para conectar la placa
base al disco.

CONFIGURACION DE LOS JUMPERS (SOLO EN LOS
DISCOS IDE)

a4

Recuerda

No todos los discos tienen la misma configuracién de los jumpers. Consulta las
instrucciones del fabricante en cada caso.

En los discos SATA no deberemos configurar ningtn tipo de Jumper puesto
que no es necesario.
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Figura 5.32. Pines de configuracion de un disco.

Tipos de configuraciones:

B Maestro o tGnico disco (master or single drive). Este es el caso de que
solamente tengamos un disco o el disco sea maestro y tenga un esclavo.

B Esclavo (slave). Se configura de esta forma cuando ya existe un
maestro.

B Maestro con un esclavo no ATA compatible (master with a non-ATA-
compatible). Este es un caso raro. Configurar de esta forma cuando el
disco esclavo no se esta reconociendo correctamente.

B Seleccion por cable (Cable Select). Se autoconfigura a partir de la
posicién que ocupa en el cable.

B Limitar la capacidad a 32 GB (Limit capacity to 32 GB). Si el sistema
no permite la instalacion de discos de capacidad mayor a 32 GB se
configurard de esta manera. Si el sistema lo soporta no configurar de
esta manera.

La siguiente figura muestra la configuracién de un disco barracuda de
Seagate (uno de los mas vendidos):

E’g oo MAESTRO O UNICO DISCO

cooa ESCLAVO

cooa

oo MAESTRO CON UN ESCLAVO NO ATA
58l COMPATIBLE

gmg o CABLE SELECT

oa Sm LIMITA LA CAPACIDAD A 32 GB

7531

8642

Figura 5.33. Esquema de configuracién de un disco duro mediante jumpers (1).
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En este otro disco, vemos que la configuracién es diferente:

Figura 5.34. Esquema de configuracién de un disco duro mediante jumpers (2).

Figura 5.35. Esquema de configuracién de un disco duro mediante jumpers (3).

B Atendiendo a la configuracién de jumper de este disco, explica cudles
son las siguientes configuraciones que se han dispuesto:

Configuracion 1: Configuracion 2:

Figura 5.36. Configuracién de un disco Figura 5.37. Configuracién de un disco
duro (1). duro (2).
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MAESTRO O UNICO DISCO

[e=]
a0
ao
ao

ESCLAVO

oo
oo

MAESTRO CON UN ESCLAVO NO ATA
COMPATIBLE

oo | oo
oo | oo

CABLE SELECT

o |[=5]

oo | oo

[=2]| oo

LIMITA LA CAPACIDAD A 32 GB

753

1
L7777

864

N

Figura 5.38. Esquema de configuracion de un disco duro mediante jumpers (4).

» Atendiendo a la configuraciéon de jumper de este disco, se necesita
configurar el disco como master, pero con la limitacién que tiene el
sistema de 32 GB. Describe la configuracion de los jumpers.

Sl CONEXIONADO DEL CABLE PATA Y SATA

Cable PATA

A diferencia del cable SATA el cual se conecta al puerto SATA de la placa
y al del disco, el cable PATA se instala en una posicién determinada. El disco
dependiendo si es maestro (o Ginico) o esclavo se conectara en un conector

determinado.

MAESTRO ESCLAVO PLACA BASE
DISCO UNICO

Figura 5.39. Cable PATA.

El cable PATA es un cable plano y ancho. Tiene 40 u 80 hilos (ya es muy
dificil ver uno de 40 hilos).
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Normalmente los cables PATA tienen los conectores que se ven en la figura.
Un extremo del cable ira a la placa base y el otro a 1a unidad maestra o tinica.
Si se quiere montar un segundo dispositivo en el mismo cable ir4 en el conector
central.

Noétese que el conector que va a la placa base normalmente es de otro color
(azul). También los conectores para conectar las unidades estan algo méas
juntas que el conector que va a la placa base.

Normalmente las placas base tienen 1 6 2 conectores PATA en los que se
puede instalar 2 6 4 unidades PATA como maximo.

Cable SATA

Figura 5.40. Cable SATA (1). Figura 5.41. Cable SATA (2).

Los cables de datos SATA van conexionados al disco y a la placa base.
Tienen solo dos conectores con lo cual s6lo se puede conectar una unidad
(disco duro, lector 6ptico,...) por cable.

Figura 5.42. Detalle del conector de un cable SATA.Conector de datos SATA
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Los conectores de los cables de datos SATA tienen un conector de 7 pines.

Un extremos del cable se conectara a la placa base y el otro extremo al conector
de datos SATA del disco.

a4

éQuieres saber mas sobre el nuevo conector SATA III?
En el apartado 9.4.2 del capitulo 9 se explica a fondo este nuevo conector.

SIS INSTALACION FiSICA

1 Desenchufar de la corriente
2 Quitar las tapas laterales del ordenador

3 Introducir el disco en una de las bahias disponibles de 3 %

Figura 5.43. Alojando un disco en su bahia.

Fijar el disco al chasis con los tornillos o presas. Dependiendo de la caja
tendra un sistema u otro.
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Figura 5.44. Detalle de una pestana de sujecion.

El sistema de presas permite un montaje y desmontaje mas rapido.

Figura 5.45. Ajuste de una pestania de sujecion.

El disco tiene que quedar bien fijo pues gira a mucha velocidad (normalmente
a 7.200 RPM).

5 Conectar el conector Molex/SATA de corriente.

Figura 5.46. Conector de alimentacion SATA. Figura 5.47. Conectando el cable de alimentacién
SATA.
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Conectar el cable PATA/SATA de datos (un extremo a la unidad o disco y el
otro al puerto SATA de la placa base).

Figura 5.48. Conector de datos  Figura 5.49. Ajustando el Figura 5.50. Ajustando el
SATA. conector de datos SATA al disco. conector de datos SATA a la
placa base.

Recuerda

Los cables SATA de corriente y datos sélo encajan en una posicidn, pues tienen
forma de “L". No fuerces la conexidn pues se puede dafiar el conector.

................................................................................................................

5 9 FIJACION Y CONEXION DE LAS UNIDADES
. OPTICAS DE LECTURA/ESCRITURA

................................................................................................................

Recuerda

Para la instalaciéon y manipulacién del disco sigue las recomendaciones dadas al
principio de este capitulo.

EEE] PASOS A SEGUIR

Los pasos a seguir en la instalacién de una unidad éptica de una manera
muy simplificada son los siguientes:
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Configuracion de los Jumper (sélo discos PATA). Muchas unidades PATA
].Vienen de fabrica configuradas en la posicion cable-select. Dependiendo
de la configuracién particular deseada puede ser necesario que haya que
modificarla a la posicién de Maestro o esclavo. Més adelante se mostraran las
distintas configuraciones de una unidad PATA.

2 Instalar fisicamente la unidad en la bahia conectando el cable de datos.

3Detectar o ver que se autodetecta correctamente la unidad desde la BIOS.

E:)F] HERRAMIENTAS NECESARIAS

m Destornillador de estrella o Phillips.

B Alicates alargados en caso de que se necesite modificar la configuracién
de los jumpers de la unidad PATA.

m Cable Ultra ATA o PATA/cable SATA para conectar la placa base a la
unidad.

CONFIGURACION DE LOS JUMPERS (SOLO EN LAS
UNIDADES IDE)

Enlas unidades SATA a diferencia de las IDE o PATA no hay que configurar
ningun tipo de Jumper puesto que no es necesario.

- DIGITAL ANAL OG
AAUDIOS - AUDIO
1 1
DG RG C-E 1
' |II l !~| /:

4

Figura 5.51. Lector dptico PATA configurado como esclavo.
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Tipos de configuraciones:

B Maestro o inica unidad (master or single drive). Este es el caso
de que solamente se tenga una unidad o la unidad sea maestro y tenga
un esclavo.

m Esclavo (slave). Se configura de esta forma cuando ya existe un
maestro.

m Seleccion por cable (Cable Select). Se autoconfigura a partir de la
posicién que ocupa en el cable.

DIGITAL — ANAI O

; |I/‘.U|l‘|() [ 2UDIO
|

DG RGI GE

B =1 5] S

I ACTIVIDADES

Figura 5.52. Configuracién de un lector dptico.

» Atendiendo a la configuracién de Jumper de esta unidad Optica.
Explica las unidades PATA que puede tener el equipo y como estan
configuradas.

Sl CONEXIONADO DEL CABLE PATA Y SATA

Cable PATA

A diferencia del cable SATA el cual se conecta al puerto SATA de la placa y
a la de la unidad éptica, el cable PATA se instala en una posiciéon determinada.
La unidad dependiendo si es maestra (o Uinica) o esclava se conectara en un
conector determinado.
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-

MAESTRO ESCLAVO PLACA BASE

o
DISCO UNICO

Figura 5.53. Cable PATA.

La conexién de las unidades épticas es igual que para los discos duros.

Cable SATA

Figura 5.54. Cable SATA (1). Figura 5.55. Cable SATA (2).

Los cables de datos SATA van conexionados a la unidad y a la placa base.
Tienen sélo dos conectores con lo cual s6lo podremos conectar una unidad
(disco duro, lector 6ptico,...) por cable.

Figura 5.56. Detalle de un conector SATA.
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Conector de datos SATA

El conector SATA es igual que el utilizado para conectar un disco duro.

EIENE] INSTALACION FiSICA

1 Desenchufar de la corriente.
2 Quitar las tapas laterales del ordenador.

31ntr0ducir la unidad 6ptica en una de las bahias disponibles de 5%.

Figura 5.57. Encastre de un lector dptico a su bahia de 5 %.

Fijar la unidad al chasis con los tornillos o presas. Dependiendo de la caja
tendra un sistema u otro.
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Figura 5.58. Detalle de una pestarna de sujecion.

El sistema de presas permite un montaje y desmontaje mas rapido.

|

Figura 5.59. Ajuste de una pestania de sujecion.

La unidad tiene que quedar bien fijada pues los discos giran a mucha
velocidad y ésta tiene que quedar bien firme.

Asegurarse que los tornillos (si es que utilizamos tornillos) con los que
fijamos la unidad son los correctos.

5C0nectar el cable PATA/SATA de datos (un extremo al lector y el otro al
puerto SATA de la placa base).

Figura 5.60. Conector SATA Figura 5.61. Ajuste del conector Figura 5.62. Ajustando el
de datos. SATA de datos a la unidad. conector de datos SATA a la
placa base.
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600nectar el conector Molex/SATA de corriente.

Figura 5.63. Conector SATA de corriente. Figura 5.64. Ajuste del conector SATA de

corriente.

Recuerda
Los cables SATA de corriente y datos sélo encajan en una posicion pues tienen
forma de “L". No fuerces la conexién pues se puede dafiar el conector.

PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UNA UNIDAD DE DISQUETE

Las disqueteras han sido muy utiles hace tiempo para almacenar
datos y arrancar el sistema operativo desde ellas, ahora los equipos
no vienen equipados con ellas. Disquetera es equivalente a FDD
(Floppy Disk Drive). Estos dispositivos trabajan con disquetes de 3
1/2 pulgadas.

Para alimentar la disquetera utilizaremos un conector de alimentacién
Berg de la fuente de alimentacidon o bien un adaptador. También
deberemos conectar el cable de datos de la disquetera a la placa
base.

Para la instalacion fisica sigue los pasos que empleamos en la
instalacién de las unidades épticas y disco duro.

No olvides fijar bien la disquetera al chasis del equipo.
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CAS DE TALLER

INSTALACION DE UN DISCO EN UNA CARCASA EXTERNA
USB IDE

En ocasiones necesitamos conectar nuestro disco duro a otro equipo
o bien tenemos un disco duro extra que no sabemos qué utilidad
darle. En esos casos una opcidn es el ensamblarlos en una carcasa
con conector USB con el cual podemos leerlo desde cualquier equipo
informatico.

Figura 5.65. Elementos de una carcasa USB IDE.

Estas carcasas como se puede ver en la imagen anterior tienen los
conectores Molex y PATA y la circuiteria necesaria para hacer que los
datos pasen del USB al PATA y viceversa.

Figura 5.66. Conexionado de la carcasa al disco.

La instalacion es sumamente sencilla. Se conectan los dos conectores
Molex y PATA y luego se atornilla al rail que se encastra dentro de
la carcasa.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UN DISCO EN UNA CARCASA EXTERNA
USB IDE (conT.)

Figura 5.67. Fijando el frontal de la carcasa al disco.

Una vez bien fijado el disco duro (hay que fijarlo bien pues éste gira
a muchas revoluciones por minuto — unas 7.200) se encastra en la
carcasa.

Figura 5.68. Encastre del disco en la carcasa. Figura 5.69. Fijacion de la carcasa.

Se atornilla la carcasa y ya esta listo para utilizarse.

|

Figura 5.70. Conexion de la carcasa al puerto USB y al transformador.

Falta alimentar el disco y conectarlo al portatil o sobremesa y el
equipo lo reconoce al instante como cualquier disco externo USB.
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CAS DE TALLER

INSTALACION DE UN DISCO EN UNA CARCASA EXTERNA
USB SATA

Este ejemplo es muy parecido al anterior. Lo Unico que difieren
ambos ejemplos es el conector (ahora el conector es SATA).

L1 1 TN

I

Figura 5.71. Ajuste del disco al frontal de la carcasa.

La forma de encastrarlo es parecida a la anterior (con railes).

Figura 5.72. Fijacion del disco.

Los railes iran atornillados al disco duro, y frontal y disco iran
encastrados en la carcasa.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UN DISCO EN UNA CARCASA EXTERNA
USB SATA (CONT.)

Figura 5.73. Detalle del frontal de la carcasa.

Al igual que en el ejemplo anterior, la carcasa tiene un cable de
alimentacién y un cable USB el cual se conecta directamente a un
puerto USB del equipo. El disco externo se reconoce inmediatamente
una vez conectado.

También existen cables adaptadores sin necesidad de utilizar
una carcasa y obviamente son mas econdémicos. No obstante es
preferible el utilizar una carcasa pues el disco queda mas estable y
protegido.

................................................................................................................

5 10 FIJACION Y CONEXION DEL RESTO DE
. ADAPTADORES Y COMPONENTES

................................................................................................................

EEJE! INSTALACION DE LA TARJETA DE VIDEO

Una tarjeta de video es el elemento electrénico que permite que el equipo
se comunique con un monitor. Las tarjetas de video mas recientes son las PCI
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Express (PCle) aunque también se pueden encontrar en el mercado tarjetas
AGP o PCI. La instalacién de todo este tipo de tarjetas es similar.

Instalacion fisica

Se seguirdn los siguientes pasos:

1 Retirar el cable de corriente del equipo.

Figura 5.74. Retirada de la chapa del slot. Figura 5.75. Hueco del slot.

Liberar un slot de la plaquita metalica. Utilizar para ello un alicate de
mordaza y un destornillador. Cuidado con esta chapa pues puede provocar
cortes en las manos.

Figura 5.76. Ajuste de la tarjeta a la placa base.

Alinear la tarjeta de video con el slot y la ranura de expansién de la placa
base.

a4

Recuerda
Algunos conectores AGP o PCle tienen un mecanismo de seguridad para fijar
mejor la tarjeta. Ten cuidado y no lo fuerces para no romper la fijacion.
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1 Presionar de manera suave la tarjeta de video hasta que quede encajada
correctamente. No forzar en exceso.

Figura 5.77. Fijacion de la tarjeta grdfica.

5Fijar la tarjeta con un tornillo o bien con el sistema que traiga la caja o
chasis.

Algunas tarjetas de alta gama necesitan un conector eléctrico suplementario
pues el voltaje suministrado por la placa base no es suficiente. En ese caso no
hay que olvidarse conectarlo.

a4

Recuerda

Si necesitas instalar mas de una tarjeta en una placa base para que funcionen de
forma agrupada mediante Crossfire o SLI deberas unirlas mediante un puente
0 conectar la tarjeta maestra a la esclava. Consulta el manual del fabricante en
todo caso para comprender correctamente la forma de instalacion.

E[F] INSTALACION DE UNA TARJETA DE EXPANSION USB

Una tarjeta de expansion de USB es un dispositivo bastante barato a
comparaciéon de otras tarjetas y nos permite ampliar los puertos USB de
nuestro equipo sin necesidad de utilizar concentradores u otros elementos.
También nos permitird disponer de algin USB interno para conectar algtin
dispositivo como displays, paneles...
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Instalacion fisica

Seguiremos los siguientes pasos:

1 Retirar el cable de corriente del equipo.

Figura 5.78. Retirada de la chapa del slot. Figura 5.79. Hueco del slot.

Liberar un slot de la plaquita metalica. Utilizar para ello un alicate de
mordaza y un destornillador. Cuidado con esta chapa pues puede provocar
cortes en las manos.

Figura 5.80. Insercion de la tarjeta al puerto PCL

Alinear la tarjeta expansora con el slot y la ranura de expansion de la placa
base.

1 Presionar de manera suave la tarjeta de video hasta que quede encajada
correctamente. No forzar en exceso.

Figura 5.81. Fijacion de la tarjeta.

5Fijar la tarjeta con un tornillo o bien con el sistema que traiga la caja o
chasis.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE VARIAS NIC

Por regla general las placas base ya tienen integradas la NIC
(Network Interface Card). No obstante en caso de servidores u
equipos que necesiten otro adaptador de red adicional porque se
van a conectar a mas de una red, se le puede instalar una u varias
tarjetas adicionales. Igualmente si la NIC de la placa base deja de
funcionar se puede instalar una adicional que supla las funciones de
la que se ha estropeado.

Las NIC utilizan las ranuras de expansion PCle y PCI de la placa
base.

Como actividad se pide que instales las siguientes NIC:
NIC instalable en el puerto PCI Express (PCle) x1
NIC PCI inalambrica

Recuerda que para instalar una tarjeta de expansion deberas seguir
los siguientes pasos:

]. Retirar el cable de corriente del equipo.

© RA-MA

Liberar un slot de la plaquita metalica. Utilizar para ello un alicate
de mordaza y un destornillador. Cuidado con esta chapa pues puede

provocar cortes en las manos.

3 Alinear la tarjeta con el slot y la ranura de expansién de la placa

base.

4Presi0nar de manera suave la tarjeta hasta que quede encajada

correctamente. No forzar en exceso.

5Fijar la tarjeta con un tornillo o bien con el sistema que traiga la

caja o chasis.

Una vez instalada la tarjeta comprueba que ésta funciona
correctamente, para ello deberas previamente configurarla.
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ST CONEXIONADO DE LOS DEMAS CABLES DEL CHASIS

1 Conectar los conectores molex que alimenten a los distintos ventiladores.

Figura 5.82. Detalle de Molex e interior de la caja.

2 Conexién de los demaés cables del chasis:
—  Speaker del chasis.
— Conectores USB.

— Panel del sistema (power o encendido de la torre, reset, LED del disco
duro,...).

— Conector de los demas ventiladores del chasis.

Figura 5.83. Conectores del frontal de la caja.

a4

Recuerda
Los cables de los indicadores LED tienen polaridad, si observas que no encienden
quizas tienes que cambiarlos de orientacion.
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FIN DE LA INSTALACION. REVISION DE LA
INSTALACION

Antes de enchufar el cable de alimentacién y encender el ordenador hay que
parar un momento para comprobar las siguientes cosas:

v (Est4d la RAM correctamente instalada en el banco correspondiente y
cerradas las pestanas de fijacién?

\

(Esté correctamente fijada la placa al chasis?

v (Esta el disco duro correctamente fijado y con sus conectores de datos y
alimentacion?

v (Esté el microprocesador correctamente fijado a la placa y al disipador
con pasta térmica?

\

(Esta conectado el conector ATX y ATX 12V a la placa base?

\

(Esta correctamente conectado el cable del ventilador de la CPU?

v (Estan correctamente conectados los cables de encendido, reset, LEDs,
USB...?

v (Los demés conectores eléctricos de la placa estdn correctamente
conectados?

Ademas de estas comprobaciones, dependiendo de la configuracién particular
del equipo se deberan hacer algunas otras comprobaciones complementarias.

................................................................................................................

5 1 SISTEMAS DE REFRIGERACION
. LiQUIDA

................................................................................................................

En este apartado se va a mostrar como se instala un kit de refrigeracion
liquida paso a paso.

Hay muchos kits de refrigeracién liquida en el mercado y aunque todos son
parecidos cada uno tiene sus propios componentes que pueden instalarse de
una forma algo distinta a otros.

Aunque en el desarrollo de esta seccién sélo se vera la instalacién de la
refrigeracién de la CPU, también podemos refrigerar otros microprocesadores
importantes del equipo como el northbridge, southbridge o la GPU.

© RA-MA
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a4

Importante

Por mas que refrigeremos el procesador, los disipadores sdlo evactuan el calor
trasladandolo a otro sitio. Para que un sistema de refrigeracion sea efectivo
deberemos sacar ese calor FUERA de la caja (colocando un ventilador de
evacuacion).

Ojo, asegurate cuando instales el ventilador que el aire sale de dentro a fuera
del procesador y no al contrario

EF ! MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE UNA
REFRIGERACION LiQUIDA

REFRIGERANTE

MANGUERA
MOTOR

BOTELLA CON CANULA

Figura 5.84. Componentes de un kit de refrigeracion liquida.

B Manual de instalacién. Imprescindible. En él se mostrard cémo se
monta el sistema de refrigeracién y las operaciones de mantenimiento a
realizar sobre el mismo.

B Liquido refrigerante. Suelen tener distinto color (naranja, verde...)
dependiendo de la sustancia quimica que se utilice como refrigerante.

® Bloque motor. Consistira en el tanque, bomba, refrigerador y demaés
elementos como conectores, mangueras...

B Manguera. Serd necesaria para conectar el disipador y las mangueras
que salen y entran a la bomba.
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B Botella con canula. Esta botella tiene una canula en forma de
gancho. Es sumamente util, pues el rellenado y vaciado del tanque de
refrigerante cuando esté instalado el bloque motor se va a hacer con la
misma. De otra forma nos resultaria sumamente complicado llenar y
vaciar el tanque.

B Pasta térmica. Se utilizard como material termoconductor para unir
disipador y microprocesador.

PASOS A DAR EN LA INSTALACION DE LA
REFRIGERACION LiQUIDA

1 Leer bien las instrucciones antes de montar el sistema.
2 Prueba de estanqueidad.

8 Ensamblado del disipador del micro.

4 Encastre del motor en el chasis.

5 Puesta en funcionamiento.

EIFETE] INSTALACION FiSICA

1 Leer bien las instrucciones antes de montar el sistema.

Figura 5.85. Libro de instrucciones del kit de refrigeracion liquida.
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Hay que leer concienzudamente las instrucciones de montaje antes de
ponerse a manipular los componentes prestando atencién a los siguientes
puntos:

v Precauciones y advertencias de seguridad.

/ Sistema de interconexién de la manguera (sistema de presillas,

abrazaderas, racores...).
" Modo de interconexién y fijacién del disipador al microprocesador.

" Modo y secuencia de interconexién en el caso de que se desee refrigerar

més de un elemento.

2 Prueba de estanqueidad.
El objetivo de este paso es verificar que los componentes no tienen fugas.

Todas las empresas de este tipo de componentes hacen pruebas de sus
productos antes de su distribucion y certifican que los componentes
distribuidos son estancos, no obstante, para evitar problemas que se
pudieron producir en la distribucién o el transporte se recomienda hacer
una prueba de estanqueidad fuera del chasis antes de montarla dentro del
mismo. Nuestro fabricante asi nos lo indica. De no hacerlo asi puede caer
liquido refrigerante en los componentes y provocar cortocircuitos en los
mismos dafnandolos irreversiblemente.

Figura 5.87. Tubo, presillas y sujecion a las mangueras.

Dentro de este paso lo que se debe hacer es medir la cantidad de manguera
que se va a utilizar para la instalacién, y se corta de tal manera que el corte
sea lo méas perpendicular posible.
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Una vez recortados los trozos de manguera, se colocan las presillas a las
piezas que se unen a las mangueras de la bomba, y los racores que se fijan
al disipador del microprocesador.

Figura 5.88. Fijacién del tubo al disipador por medio del racor o tuerca.

Se conectan los racores en el disipador apretando las roscas para que
queden bien fijos.

Figura 5.89. Puenteo del conector de alimentacion ATX.

Se puentea la fuente de alimentacién conectando con un clip los cables verde
y cualquier negro para hacer que la fuente funcione de forma auténoma sin
estar conectada a la caja.

Figura 5.90. Conexién de la refrigeracion liquida a la fuente de alimentacion.
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Se conectan los molex del bloque motor y la fuente de alimentacién.

¥ N

Figura 5.91. Tapon del tanque del liquido refrigerante.

Se retira el tapén del tanque para empezar a llenarlo con el liquido
refrigerante. En este caso se puede utilizar la botella de refrigerante
directamente pues es mas rapido que rellenarlo con la botella con canula.

Figura 5.92. Tanque del liquido refrigerante.

Se rellena el tanque hasta el maximo (high) pues en el funcionamiento va a
bajar debido a que las tuberias se tienen que llenar de liquido refrigerante.
Es mas, se debera estar atento a que el liquido refrigerante no baje de su
nivel minimo (low).

Figura 5.93. Encendido de la fuente de alimentacién.
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Se conecta la fuente de alimentacién a la corriente y se pone el sistema a
funcionar.

Figura 5.94. Refrigeracion liquida funcionando.

Se verifica que la bomba funciona correctamente.

Figura 5.95. Liquido refrigerante fluyendo por los tubos.

También se verifica que el refrigerante fluye y el sistema no tiene fugas.
Se comprueba que el nivel del tanque no baja del nivel minimo, si es asi, se
rellena hasta que el nivel esté situado entre el minimo y el maximo.

Una vez llegado a este paso, los siguientes no son mucho mas complicados.
El objetivo de los siguientes pasos es montar el sistema con los componentes
dentro del chasis.
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a4

Importante
No olvidar retirar todo el liquido refrigerante del circuito.

3 Ensamblado del disipador del micro.

Figura 5.96. Detalle de la pieza de sujecién en la parte trasera de la placa..

Una vez se tiene el micro instalado en la placa base, se colocan las
fijaciones en la parte trasera de la placa, aplicando pasta termoconductora

al microprocesador extendiéndola bien dejando una pelicula fina sobre el
mismo.

Figura 5.97. Fijacion del disipador al microprocesador.

Se fija el disipador al microprocesador y se atornilla. Hay que hacer un

sandwich de placa — microprocesador — disipador. No hay que forzar en
exceso los tornillos.
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4 Encastre del motor en el chasis.

Figura 5.98. Motor de la refrigeracién encastrado en la bahia de 5 Y.

Se fija la placa al chasis si no estaba previamente fijada.

Se encastra la bomba a la bahia de 5 % que previamente se ha desalojado
y se interconectan bomba y tuberias.

Se rellena el tanque hasta su nivel maximo con la botella con canula.

5 Puesta en funcionamiento.

Una vez que terminamos de instalar todos los componentes se tiene que
poner el sistema en funcionamiento. Una vez encendido el equipo hay que
verificar que funciona la bomba y recircula el liquido refrigerante.

Al igual que en la prueba de estanqueidad, no permitir que el nivel baje
por debajo del minimo rellenando el tanque hasta que el nivel esté entre el
minimo y el maximo.

310



© RA-MA 5 # ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

................................................................................................................

5 12 INSTALACION DE ELEMENTOS DE
" MODDING

................................................................................................................

Sobre el modding se podria escribir un libro. En esta seccién vamos a ver
solo algunos elementos de modding muy sencillos y ejemplos de instalacién de
los mismos.

El modding proporciona beneficios estéticos y funcionales a los equipos. Los
modders o personas que realizan modding en el ordenador o mod estan entre
un perfil de técnico y artista. Al igual que esté ocurriendo con el tunning y los
coches, los productores de equipos electrénicos toman ideas del modding para
incorporar a sus componentes.

a4

¢Sabias que en el apartado 9.9 del capitulo 9 tienes mas informacién sobre
modding?

S FX1 INSTALACION DE NEONES

Existen muchos tipos de neones, algunos de ellos estan combinados con
otros componentes (cables, ventiladores) y otros no.

La instalacién de neones es sumamente sencilla. Los neones mas comunes
estan conectados a un pequeno transformador (estos transformadores pueden
albergar un solo nedn o varios) y este a su vez estd conectado con un conector
Molex hembra (el mismo conector de alimentacién de una unidad de disco). La
instalacién eléctrica consistird en conectar el Molex hembra del neén con un
Molex macho que sale de la fuente de alimentacién.

Algunos neones también tienen un interruptor para tenerlos encendidos o
apagados cuando el equipo esté encendido. En ese caso se tiene la opcién de
dejar el interruptor siempre encendido o apagado o bien hacer alguna tarea de
bricolaje para dejar el interruptor accesible desde fuera de la caja.
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n EJEMPLO 5.1

EJEMPLO DE CONEXION DE UN NEON O CATODO

En este ejemplo se muestra cdmo se realiza el conexionado de un
nedn a una fuente de alimentacion, se hace la conexion fuera de la
caja para que se vea mejor como funciona. La instalacion dentro de
la caja es exactamente igual.

La fuente de alimentacion debera estar totalmente desenchufada
de la corriente y el interruptor de la misma en posicion de
apagado.

-

Figura 5.99. Botén de encendido de la fuente de alimentacion.

2Puentea la fuente de alimentacion con la ayuda de un clip para
poder alimentar el nedn. Coloca el clip en forma de C e introduce
uno de los extremos en el interior del cable verde y el otro en
cualquier cable negro para de esta manera establecer un puente
entre ambos.

L TN

mugﬁum

Figura 5.100. Puenteo de la fuente de alimentacion mediante un clip.

8Conecta los conectores Molex de la fuente de alimentacion y el
neon.

Figura 5.101. Conexién de los molex de la fuente de alimentacién con los del neén.

© RA-MA
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n EJEMPLO 5.1

EJEMPLO DE CONEXION DE UN NEON O CATODO (CONT.)

4Conecta la fuente de alimentacion a la corriente.

Figura 5.102. Detalle de la fuente de alimentacion.

5Enciende el interruptor de la fuente de alimentacion y el del nedn
si tiene.

Figura 5.103. Encendido de la fuente de alimentacion.

Este es el resultado:

Figura 5.104. Cdtodo funcionando. Figura 5.105. Dos cdtodos funcionando
en la oscuridad.

Ahora que ya sabes conectar un nedn o catodo fuera de una caja, la
actividad que te proponemos es montar un nedn dentro de una caja
con un equipo totalmente operativo.
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EEFIF] CABLES IDE O SATA ILUMINADOS

n EJEMPLO 5.2

EJEMPLO DE CONEXION DE UN CABLE PATA ILUMINADO

En este ejemplo se muestra como se realiza el conexionado de
un cable PATA iluminado a una fuente de alimentacién para ver el
efecto.

Para este ejemplo hemos necesitado utilizar:
B Una fuente de alimentacion
B Un cable PATA con iluminacion

Los pasos a seguir son exactamente los mismos que para la instalacion
de un neodn, solamente te vamos a mostrar el resultado:

Figura 5.106. Cable PATA luminoso.

La actividad que te proponemos es que reemplaces un cable PATA/
SATA normal por un cable PATA/SATA con iluminacion de un equipo
totalmente operativo.
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INSTALACION DE CONTROLADORES DE VENTILADORES
(FAN CONTROLLERS)

n EJEMPLO 5.3

EJEMPLO DE CONEXION DE UN CONTROLADOR DE
TEMPERATURA/VENTILADORES

En este ejemplo se muestra como se realiza el conexionado de un
controlador de ventiladores (fan control) y temperatura del disco
duro y de la CPU.

Para este ejemplo se ha utilizado:
B Un equipo con al menos una bahia libre de 5 V4
B Un controlador de temperatura/ventiladores

B Un ventilador que permita conectarlo a nuestro fan control

Figura 5.107. Elementos de un control de ventiladores.

Los materiales que vamos a utilizar los vemos en la imagen, en la
parte superior esta el controlador y en la parte inferior un ventilador
que vamos a colocar en la chapa lateral.

Los accesorios estan a la izquierda del fan control y el ventilador.
Entre ellos encontraremos cables para conectar el fan control a los
ventiladores y sensores de temperatura para conectar el fan control
con el disco duro y la CPU.
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EJEMPLO DE CONEXION DE UN CONTROLADOR DE
TEMPERATURA/VENTILADORES (CONT.)

1 La fuente de alimentacion debera estar totalmente desenchufada
de la corriente y el interruptor de la misma en posicion de

apagado.

Figura 5.108. Bahia de 5 Y.

25e debe liberar una bahia de 5 % para poder instalar el fan
control. Se elige aquella bahia a la que se tenga mas acceso pues

se van a tener que conexionar varios cables.

Figura 5.109. Configuracion de los ventiladores.

35e conectan los cables de la alimentacién, sensores de
temperatura y controlador de los ventiladores, antes de encajar
el fan control en la bahia. Si se hace después va a ser mas dificil.
Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante, de lo

contrario se pueden estropear los componentes.

Figura 5.110. Detalle del conexionado del fan control.
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n EJEMPLO 5.3

EJEMPLO DE CONEXION DE UN CONTROLADOR DE
TEMPERATURA/VENTILADORES (CONT.)

Figura 5.111. Encastre del panel a la bahia.

Encajar el fan control a la bahia pasando primero todos los cables
que hay conectados.

Figura 5.112. Panel encastrado y fijado.

El resultado tras fijar el fan control con tornillos debera ser
parecido al de la figura anterior.

Figura 5.113. Detalle de un sensor de temperatura.
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EJEMPLO DE CONEXION DE UN CONTROLADOR DE
TEMPERATURA/VENTILADORES (CONT.)

5Conectar los sensores a la CPU y el disco duro. Para ello antes
se debera limpiar bien la zona donde van a alojarse (mejor con
alcohol isopropilico) y utilizar la cinta adhesiva para que los sensores
hagan contacto con el disco duro y la CPU. Seguir las instrucciones
del fabricante en este caso.

Figura 5.114. Fijacion del sensor al disco duro.

Los sensores deberan colocarse en una zona donde hagan buen
contacto con la CPU (disipador) o el disco duro. Nunca colocar el
sensor entre el disipador y la CPU.

Figura 5.115. Ventilador del lateral de la caja.
Ahora se conecta el ventilador que se va a instalar en el lateral de

la caja. Se probara antes de atornillarlo definitivamente a la chapa
lateral.
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n EJEMPLO 5.3

EJEMPLO DE CONEXION DE UN CONTROLADOR DE
TEMPERATURA/VENTILADORES (CONT.)

7Se conecta la corriente y se pone a funcionar el equipo
verificando que todo funciona correctamente.

Este es el resultado:

Figura 5.116. Panel funcionando.

Se comprueba que funcionan correctamente los sensores de
temperatura en CPU y disco duro y los ventiladores que estan
conectados. También se prueba que se puede variar la velocidad de
giro de los ventiladores.

Tras la instalacion completa, verificar que el sentido de entrada de
aire o salida de los ventiladores es el correcto.

La actividad que te proponemos es que montes un dispositivo igual
0 parecido. Prueba a conectar varios ventiladores.

ElFPIC] INSTALACION DE PANELES O DISPLAYS

PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UN PANEL

En este ejemplo se muestra como se realiza el conexionado de un
panel en dos bahias de 5 'a.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UN PANEL (CONT.)

Figura 5.117. Detalle del panel.

Para este ejemplo se ha utilizado:

B Un equipo con al menos dos bahias libres de 5 V4 y con sistema
operativo windows® (nuestro display desafortunadamente no
funciona en Linux).

m Un panel o display.

La instalacién de este tipo de displays es tremendamente sencilla.
La Unica conexidn existente es un USB. Todos los datos que muestra
los recoge con el software que hay que instalar a continuacion. Este
software desafortunadamente solo funciona en Windows®.
La fuente de alimentacion deberd estar totalmente desenchufada
de la corriente y el interruptor de la misma en posicion de

apagado.

ZSe liberaran dos bahias quitando los protectores de plastico y
chapa para poder instalar nuestro display.
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CAS DE TALLER

INSTALACION DE UN PANEL (CONT.)

8 Se instala el display y se fija al chasis.

Figura 5.118. Conexién del panel al puerto USB.

Se conecta el display a un USB interno (si se dispone de alguno)
40 bien a un USB externo. Algunas placas no disponen de USB
internos, la solucidon es comprar una tarjeta expansora de puertos
USB (son tarjetas bastante econdmicas) que normalmente tienen
uno o mas puertos internos (mas los externos).

5 Se instalan los driver y el software del display.

_Motherboard Monitor5 |

;008
=H 0,0 °C

1% 0 rpm
0 rpm

message: MENS not fo

Figura 5.119. Panel funcionando.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE UN PANEL (CONT.)

Una vez instalado el software se debe configurar segun nuestras
necesidades y lo que se quiera que aparezca en el mismo.

El resultado es el siguiente:

Figura 5.120. Personalizacion del panel.

La actividad que te proponemos es que instales un dispositivo
parecido.

................................................................................................................

................................................................................................................

EFENT QUE ES EL OVERCLOCKING

El overclocking es forzar los componentes del equipo para que trabajen a
una velocidad mas rapida que la fijada por fabrica con el objetivo de mejorar
el rendimiento del equipo.
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a4

Importante
La modificacion de los pardmetros de fabrica (overclocking) implica la pérdida
de la garantia sobre los componentes.

Aunque se lea las observaciones del fabricante avisando sobre los riesgos
fatidicos que puede tener el overclocking, lo normal es que si se realiza sabiendo
lo que se hace y de una forma controlada no deberia pasar nada.

Los componentes electrénicos que se fabrican normalmente tienen
un margen de seguridad que sirve para asegurar que estos componentes
trabajando en esas condiciones y bajo esos parametros no van a sufrir ningin
tipo de fallo. No obstante, los componentes pueden trabajar mucho mas rapido,
pero el fabricante ya no garantiza que todos estos productos que ha fabricado
funcionen sin problemas a ese rendimiento més exigente.

Igual que pasa con los componentes electronicos pasa con otro tipo de
aparatos como los coches. Hace tiempo fui a comprar un coche de una marca
japonesa y en el concesionario me hicieron una superoferta “el modelo de 140
caballos al precio del de 120”. Cuando miré las especificaciones técnicas, el
motor era exactamente el mismo, lo inico es que estaba “overclockeado” a 140
caballos (o el de 120 caballos estaba “underclockeado”). jVaya oferta!

EFElF) QUE PUEDE PASAR

' La primera consecuencia de esto es perder la garantia del fabricante.
Aunque si se gana en prestaciones se puede correr el riesgo. No obstante
se aconseja realizar este tipo de operaciones en equipos con la garantia
vencida.

v Que funcione pero se caliente mas el microprocesador (normal, a mas
velocidad mas generacion de calor).

v Que se estropee el componente. Si la subida se hace escalonadamente
no deberia de haber problemas. Entre esas pruebas hay que probar la
estabilidad del sistema y el incremento de calor generado.

" En ocasiones puede ser que no funcione correctamente a la velocidad que
se le ha marcado y se puedan perder hasta datos del disco duro.
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a4

La electromigraciéon

La electromigracion es el desgaste del microprocesador debido a varios factores
(calor, voltaje...). El overclocking puede producir electromigracidn y esto quiere
decir que ird cada vez mas lento hasta que termine por estropearse por
completo.

EFENE] REALIZAR EL OVERCLOCKING

Frecuencia base
FSB

|
v v v

Velocidad del Velocidad de Velocidad de
Microprocesador la memoria los buses

Figura 5.121. Relacion de la frecuencia base del FSB con la velocidad de los componentes.

Para realizar el overclocking hay varias opciones. Segun el grafico anterior,
se puede:

 Elevar la frecuencia base del sistema o FSB (o HTT, LDT, bus HT o
Hipertransport en microprocesadores AMD®) lo que redundaria en una
subida de la velocidad del micro, memoria y buses (PCI, AGP y PCle).

" Subir aisladamente la velocidad del micro, memoria o buses.
v Alguna combinacién de las anteriores.

v Mejorar el rendimiento de otros elementos del equipo como la tarjeta
grafica...

Recuerda estas formulas muy sencillas:
Velocidad del micro = Multiplicador X Velocidad base FSB

La velocidad del microprocesador sera la velocidad base del FSB por un
multiplicador. Por ejemplo, un micro Pentium 4 con un FSB a 200MHz y un
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multiplicador de 14x daria una velocidad de 2.800 MHz (200x14=2.800) o lo
que es lo mismo 2,8 GHz.

Velocidad real del FSB = Velocidad base FSB X Indice de
aprovechamiento

Por ejemplo, un FSB a 200 MHz con un cuadruple aprovechamiento
alcanzaria una velocidad real de 800 MHz.

n EJEMPLO 5.4

Nos disponemos a averiguar cuales son los parametros de nuestro
equipo como la velocidad base de mi FSB, la velocidad efectiva o
real, el multiplicador del microprocesador...

Para ello se va a utilizar el programa CPU-Z el cual es libre y se
puede descargar de la pagina Web:

http://www.cpuid.com/cpuz.php

Este programa no necesita instalacion, basta tan solo con
descomprimir el zip descargado en un directorio y ejecutar el
programa.

La informacién que muestra es la siguiente:

CPU | Cache | Meinboard | Memory | SPD | About |

Processor

Name | Itel Alom N270 i@

Code Name Diamondville rand

Package Socket 437 FCBGAS Atom
Technology | 45nm CoreviD | 1200V
Specification Intel(R) Atom(Th) CPU N270 @ 1 B0GHZ
Famiy | 6 Model | C Stepping | 2
Ext.Famiy | 6 Ext.Model | 1C Revision | CO

Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3

Clocks (Core #0) Cache
Core Speed 7982 MHz LiDsta | 24 KBytes
Multiplier | x60 Liinst. | 32KBytes
Bus Speed 133.0 MHz Level2 | 512KBytes

Rated FSB 5321 MHz

Selection [Froce * ~| cores [ 1 Threads | 2

Version 1.50

CPU-Z

Figura 5.122. Detalle de la informacién del programa CPU-Z.
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(CONT.)

Aqui se puede ver la informacion sobre el microprocesador, el
modelo, socket, tecnologia...

Cédigo que se le dan a los micros

. " A Modelo de microprocesador
Silverthorne, diamondville, nehalem...

Processor

Narme Intel Atom N270 /I_D
Code Name |\ Diamondville (inte:
Package Socket 437 FCBGAS E
Technology | 45nm CoreVID | 1200V ‘ Socket
ecification Intel(R) Atom(TM) CPU N270 1.60GHz
= Lo, = Voltaje de la CPU
Tecnologia
de 45 nandémetros Especificaciones

del microprocesador

Figura 5.123. Informacién sobre el procesador del programa CPU-Z.

Algunos de los parametros mas importantes para el overclocking
son los siguientes:

Velocidad del micro
Clocks (Core #0) (12 x 133,3 = 1600,1)

Core Speed 1600.1 MHz

/ Multiplicador
Muttiplier X120

Bus Speed | 133.3MHZ = viejocidad base del FSB
Rated FSB | 533.4 MHz

Velocidad efectiva del FSB
(cuadruple aprovechamiento — 133,3 x 4 = 533,4 )

Figura 5.124. Informacion sobre las frecuencias del equipo del programa CPU-Z.

Aqui se puede ver cual es la velocidad real del microprocesador que
es un multiplo de la velocidad base del FSB, También se puede ver
la velocidad real del FSB que se consigue al aprovechar por cuatro
la velocidad base del bus.

Para overclokear el sistema ya hemos visto que se puede jugar
con elevar la velocidad del bus y el multiplicador. Estos son los

parametros que se suelen modificar con mas frecuencia pero no son
los Unicos.

Del programa CPU-Z se han visto los parametros mas interesantes
de la primera pestafia. Realiza lo mismo para las demas pestaias.
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{Como se deberia de hacer el overclocking para que funcione?

El overclocking para que sea seguro deberia hacerse de forma gradual y
verificando en cada pequefia subida que el sistema funciona correctamente
realizandole una bateria de tests o un test de tortura. Realizando este test de
tortura durante cierto tiempo continuado se puede garantizar la estabilidad del
sistema, o lo que es lo mismo, que el sistema esté funcionando correctamente
(cpu, memoria, placa base).

& INICIO
MODIFICACION
DE UN
PARAMETRO
\ 4
SI PASA e NO PASA
TORTURA
< MARCHA
sl ATRAS
SEGUIR NO
MEJORANDO
FIN

Figura 5.125. Pasos a dar en el overclocking.

En la figura anterior se muestra como funciona este proceso. Intentar
modificar sélo un parametro y luego comprobar si el sistema esta funcionando
correctamente porque si el test no es superado no sabremos cual de los
parametros modificados ha hecho que el sistema no funcione (aunque puede
ser que el problema sea justamente la combinacién de éstos).

Durante la realizacién del test de tortura se debe monitorizar el
microprocesador sobre todo mirando la temperatura que esta alcanzando para
no llegar nunca a temperaturas en las que la salud del micro vaya a verse
afectada. Hay que cerciorarse de que la temperatura que va a alcanzar ahora
el microprocesador (que serd supuestamente superior) no va a incrementarse
de tal manera que el micro se pueda estar degradando rapidamente.

Si se va a aumentar de una forma considerable la velocidad del
microprocesador se aconseja cambiar el disipador de serie por otro con mejores
caracteristicas (si el aumento de velocidad es leve no haria falta) para de esta
manera tener el microprocesador mejor ventilado.
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{Como se modifican estos parametros?

Antiguamente el overclocking se hacia configurando los jumpers de la
placa base. En la actualidad se modifican via software estos pardmetros de la
siguiente manera:

B Mediante la BIOS. Esta es la forma méas comun.

m Con el programa de overclocking que proporciona el fabricante de la
placa base.

m Conalgian programa especifico para modificar parametros de overclocking
tipo microguru o similar.

A veces puede ser que se encuentren problemas al hacer overclocking, bien
porque los valores del multiplicador estén fijos en algtin valor concreto (para
impedir la falsificacién de los microprocesadores entre otras razones) o que sélo
permitan underclocking impidiendo subir el valor del multiplicador.

n EJEMPLO 5.5

TEST DE TORTURA

Para realizar el test de tortura se va a utilizar el programa prime95
(freeware). En realidad este programa se utiliza para busqueda de
numeros primos muy grandes, pero dado que esta blsqueda requiere
de un funcionamiento intensivo del sistema, se suele utilizar y esta
mundialmente aceptada para testear el rendimiento en condiciones
extremas (overclocking).

fit  Advanced Beladfayel ‘Window Help

CPU...
Preferences...

|
i Torkure Test...

Benchmark

v Tray Icon
Mo Icon
Skart at Bootup

Figura 5.126. Detalle del programa Prime95.
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EJEMPLO 5.5

TEST DE TORTURA (CONT.)

Se elegira la opcidn torture test y aparecera la siguiente ventana:

F#\ Main thread

Run a Torture Test
" Small FFTs (mawimum FPU stress, data fits in L2 cache. RAM not tested much]

4 Invplace large FFT s [masimum heat, power consumplion, some RAM tested) e
ancel
£ Blend (tests some of eventhing, lots of FAM tested)

" Custom

Nurnber of torture test threads to un: |2

~ Torture test selting:

[Main thread Apr 15 10.

Min FET size: (it )

For Help, press F1

Figura 5.127. Programa Prime95, test de tortura.

En ella se elige la segunda opcidn la cual estd indicada para equipos
con un solo nlcleo que es en el que se va a realizar la prueba.
En esta prueba se fuerza al micro a que genere el maximo calor,
consuma mas energia y se hace un testeo de la RAM.

Prime95 - [Worker #1 - Not running] (%]
24 Test Edt Advanced Options Window Help -8 x

[Apr 15 10:40] Worker starting

[Apr 15 10:40] Setting affinity to run worker on logical CPU #0

[Apr 15 10:40] Beginning a continuous self-test to check your computer.

[Apr 15 10:40] Please read stress.txt. Choose TesyStop to end this test.

[Apr 15 10:40] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M13922945 using FFT length 1024K.
[Apr 15 10:40] Torture Test completed 0 tests in 0 minutes - 0 errors, 0 warnings.

[Apr 15 10:40] Setting affinity to run worker on legical CPUs 0.1

[Apr 15 10:40] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Apr 15 10:40] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this tesl
[Apr 15 10:40] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M139 gth 1024K.
[Apr 15 10:41] Torture Test completed 0 tests in 1 minute: -

[Apr 15 10:41] Worker stopped.

[For Help, press FL (| A

Figura 5.128. Realizacién de un test de tortura con el programa Prime95.

Para parar el test se ejecuta la opcion de menu test->stop.
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n EJEMPLO 5.5

TEST DE TORTURA (CONT.)

Como se puede ver en el ejemplo el test ha estado funcionando
durante muy poco tiempo. Lo ideal es tenerlo trabajando horas
para asi poder hacerle el mayor nimero de pruebas posible y poder
verificar de manera fiable la estabilidad del sistema.

En este caso no ha dado ningln error como se puede observar. En el
caso de que si se produzca algun error, el sistema no seria estable y
por lo tanto no esta funcionando correctamente.

P Realiza un test de tortura a tu equipo con el software prime95 u otro
de caracteristicas similares durante un tiempo no inferior a una hora.

B Comprueba si tu sistema es estable.

a4

Puedes utilizar el equipo si es necesario durante la ejecucién del test. Solamente
notards una disminucién en el rendimiento del equipo.

EFENC] SUBIR EL MULTIPLICADOR DEL MICROPROCESADOR

Frecuencia base

FSB \

. Velocidad del
X Microprocesador

Figura 5.129. Relacion de la frecuencia del FSB y el multiplicador con la velocidad del micro.
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Figura 5.130. Relacion de la frecuencia del FSB y el multiplicador con la velocidad del micro.
Informacion proporcionada por la BIOS.

El microprocesador funciona a dos velocidades:

m Externa. Es la velocidad con la que se comunica con la placa base y es
la velocidad del FSB.

B Interna. Es la velocidad del FSB multiplicada por el multiplicador.

Mediante la variacién del multiplicador tnicamente se modificara la

velocidad interna del microprocesador, con lo cual no tendra efecto sobre otros
componentes del equipo.

Recuerda

Existen micros con multiplicador fijo que impiden la modificacién del mismo.

EFENS SUBIR LA VELOCIDAD DEL BUS FSB
En este caso lo que se modifica es la velocidad base del bus FSB.

Velocidad del micro
 Clocks (Core #0) (12 x 133,3 = 1600,1)

Core Speed | 1600.1 MHz Multiplicador
Muttiplier | x12.0 —

Bus Speed | 1333MHZ S \e|ocidad base del FSB
Rated FSB | 533.4 MHz

Velocidad efectiva del FSB
(cuédruple aprovechamiento — 133,3 x 4 = 533,4 )

Figura 5.131. Detalle de la informacién sobre las frecuencias del FSB y micro del programa CPU-Z.
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En este ejemplo en la modificacion de la velocidad base del FSB por ejemplo
a 150 MHz se obtendrian los siguientes resultados:

m Velocidad del micro (core speed): 12 x 150 = 1.800 MHz
m Velocidad efectiva del FSB (rated FSB): 133,3 x 4 = 600 MHz

Esta modificacién de la velocidad base del bus si tiene efecto sobre otros
componentes del equipo como la memoria, la cual funciona en proporcién a la

velocidad del FSB o los buses PCI, PCle 0 AGP.

CAMBIAR EL MULTIPLICADOR DEL MICROPROCESADOR
Y SUBIR LA VELOCIDAD DEL BUS FSB

En este caso estamos jugando con dos parametros. Hay que tener en
cuenta que si se modifica la velocidad del FSB, automaticamente se modifica
la velocidad del microprocesador, con lo cual el incremento del multiplicador

no tiene por qué ser tan grande.

EFEl/ ELEVAR EL VOLTAJE

Elevar el voltaje es una de las posibles opciones que tenemos para aumentar
la velocidad del sistema.

Todos los expertos aseguran que es la opcién mas arriesgada puesto que
no solo se puede producir un deterioro de los materiales por el aumento,
claro est4, del calor producido, sino también por un aumento de la corriente
al propio componente. Elevar el voltaje incrementa mucho la posibilidad de

electromigracién de los componentes.

Existen placas que permiten regular el voltaje y de esta manera se puede
aumentar el voltaje que la misma suministra a los componentes, otra forma
de hacerlo es mediante la BIOS (en las placas mas modernas). No obstante y
pese a las advertencias, si se opta por este tipo de overclocking se recomienda
aumentar como mucho solamente 0,1 6 0,2 voltios.
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a4

Importante

Hay veces que cuando se aumenta la frecuencia del microprocesador es inevitable
subir el voltaje (para estabilizar el sistema). Una subida de la frecuencia u
overclock en ocasiones requiere una subida del voltaje pues los componentes
demandan mas corriente.

S EN: OVERCLOCKING DE LA TARJETA GRAFICA

Muchas veces el cuello de botella en un ordenador se encuentra en la
tarjeta grafica. Si se utiliza el equipo para disefio o simplemente para jugar,
el disponer de una tarjeta grafica con mejores prestaciones hara que todo el
equipo vaya mucho més rapido. No obstante el cambio de una tarjeta de video
a otra es bastante caro y no queda méas remedio que optar por el overclocking.
(Qué opciones tengo para overclockear la tarjeta grafica?

v Aumentar la velocidad de la GPU.

" Aumentar la velocidad de la memoria de video.

" Aumentar las dos anteriores.

(Como puedo modificar estos parametros?

Estos parametros se pueden modificar mediante los drivers de la tarjeta
grafica u otra utilidad como PowerStrip.

EFEN) OVERCLOCKING DE LA MEMORIA

La memoria funciona a una velocidad proporcional al bus FSB.
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® CPUZ (=3

CPU | Cache | Mainboard D | About |
General
Type DDR2 Channels # Single
Size | 1024 MBytes M

Timings
DRAM Freguency 333.3 MHz
FSB:DRAM 25
CASH# Latency (CL) 4.0 clocks
RASH to CAS# Delay (tRCD) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks

Bank Cycle Time (tRC) 16 clocks

Version 1.50

|

Figura 5.132. Informacién sobre la memoria del programa CPU-Z.

En el caso anterior vemos que la proporciéon FSB:DRAM es 2:5. Esa
proporcién quiere decir que si el FSB duplica su velocidad, la velocidad de la
RAM se quintuplicaria.

Numéricamente la proporcién seria la siguiente:

Velocidad de la RAM =5 x velocidad FSB / 2

5x133,3/2=2333,3

Como se puede observar 333,3 MHz es la velocidad de la RAM que marca
el programa CPU-Z.

Para un overclocking de la RAM se puede aumentar la velocidad del FSB o
bien modificar la proporcién FSB:DRAM.

Importante

Mientras mas parametros modifiques, mas posibilidades de error se produciran
y mejores prestaciones conseguiras.

El objetivo es conseguir un mejor rendimiento con un sistema estable.
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................................................................................................................

5 1 UTILIDADES DE CHEQUEO Y
. DIAGNOSTICO

................................................................................................................

o

r =
[ [ ——
L iy

Figura 5.133. Arranque del equipo por primera vez. El sistema operativo no estd instalado.

a4

Recuerda
La primera comprobacion del equipo deberas hacerla con la caja abierta.

Si una vez montado el equipo, enchufado el monitor, ratén y teclado y se
procede a encenderlo, se escucha un solo pitido y aparece un mensaje como el
siguiente:

a4

“Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot
device and press a key”.

eso puede ser un buen sintoma. Seguramente quiere decir que el sistema esta
correctamente instalado.
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Comprueba también que todos los LED estan funcionando y que todos los
ventiladores estan funcionando correctamente. En el caso de que un LED
no esté funcionando correctamente puede ser bien o que el LED o que el
dispositivo no esté correctamente conectado.

Sl TENEMOS PROBLEMAS

a4

Recuerda
Un solo pitido corto normalmente indica que el equipo funciona correctamente.

En esta seccidon se dan una serie de pistas para poder resolver los problemas
que se tengan con la instalacién. Las comprobaciones que se resumen aqui
no van a resolver todos los tipos de problemas que existen por supuesto, pero
pueden servir de guia y ayuda.

" El ordenador no responde.

Si el ordenador no hace nada de nada comprueba:

— Los cables de los conectores de encendido del ordenador.

— Si el cable de alimentacion ATX esta conectado a la placa y esta

conectado correctamente.

— Puede que la fuente de alimentacién funcione pero no llegue corriente
a la placa. Mira si existe un LED en la placa que evidencie que le esta
llegando corriente y estd encendido.

— La memoria estda conectada correctamente (antes de insertarla
en el zécalo comprobamos que era compatible con todos nuestros
componentes).

— El microprocesador esta correctamente instalado (antes de instalar
el micro nos aseguramos que era compatible con la placa base).
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v El ordenador enciende pero no se ve nada en el monitor.

Si parece que el ordenador enciende (da un pitido y parece arrancar)
pero no se ve nada en el monitor comprueba:

— El monitor funciona en otros equipos.
— La tarjeta de video esta perfectamente instalada.
— El cable VGA del monitor esta correctamente conectado.

— La RAM est4 correctamente ensamblada.

" El ordenador no pita, no se escucha nada pero parece que enciende.

- (Es posible que se haya conectado el cable del speaker
correctamente?

— Puede ser que falle el speaker.

" El ordenador emite un pitido continuo.

— Puede ser que la fuente de alimentacién esté averiada
(compruébalo).

— La corriente no esta llegando al equipo correctamente.

' Cuando el equipo pita més de una vez: Mensajes de la BIOS.

— Cuando arranca el equipo, la BIOS examina los componentes criticos
del sistema y determina si estan funcionando correctamente o no. En
el caso de haya algiin componente o error en el sistema nos avisa con
una serie de pitidos. Dependiendo de la marca de la BIOS, el mensaje
es uno u otro. En el punto 6.4.1 del siguiente capitulo se muestran los
avisos sonoros de la BIOS y su descripcion.

a4

En los apartados 6.5.1 y 6.5.2 del capitulo 6 encontrards mucha mas informacion
sobre fallos comunes de componentes, causas, sintomas y soluciones a posibles
averias.
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RESUMEN DEL CAPITULO

- Precauciones y advertencias de
seguridad.
- Herramientas y utiles.
- Secuencia de montaje de un ordenador.
- Montaje de la placa base en la caja o
chasis
- Ensamblado del procesador y elementos
Ensamblado de de refrigeracion del mismo.
equipos - Fijacion de los médulos de memoria
microinformaticos RAM.
- Fijaciéon y conexion de las unidades de
disco fijo.
- Fijacion y conexion de las unidades
opticas de lectural/escritura.
- Fijacion y conexion del resto de
adaptadores y componentes.
- Sistemas de refrigeracion liquida.
- Instalacién de elementos de Modding.
- Overclocking.
- Utilidades de chequeo y diagnéstico.

Figura 5.134. Esquema del capitulo.

El resumen de este capitulo va a ser una serie de referencias apartado
por apartado:

Apartado 5.1 Conceptos importantes del capitulo.

En este apartado se estudiaran conceptos y acronimos importantes para
una mejor comprension de todo el capitulo.

Apartado 5.2 Precauciones y advertencias de seguridad.

En este apartado del capitulo se dan una serie de pautas para comenzar
a trabajar con cierta seguridad en el montaje de equipos informaticos.
Es muy importante tenerlas muy claras antes de ponerse a manipular
un equipo informatico.

Apartado 5.3 Herramientas y utiles.

Herramientas mas utilizadas en el montaje de un ordenador. Son las
minimas para poder ponerse a trabajar.

Apartado 5.4 Secuencia de montaje de un ordenador.

En este apartado se enumeran los componentes minimos de los que
consta un ordenador y su secuencia normal de montaje.
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(CONT.)

Apartado 5.5 Montaje de la placa base en la caja o chasis.

Estas son las primeras operaciones en el montaje de un equipo. La
correcta fijacién de la placa base a la caja es fundamental.

Apartado 5.6 Ensamblado del procesador y elementos de
refrigeracion del mismo.

Estos son los pasos en los que hay que poner un poco mas de atencién.
Ten en cuenta que el microprocesador es uno de los elementos mas
delicados del equipo.

Apartado 5.7 Fijacion de los modulos de memoria RAM.

Aunque la instalacién de la RAM es una tarea sumamente fécil, hay que
poner mucha atencién a la configuraciéon de la RAM antes de instalarla.

Apartado 5.8 Fijacion y conexion de las unidades de disco fijo.

La conexién de un disco SATA es sumamente facil, en el caso de las PATA
hay que configurar previamente los jumpers y colocar las unidades en el
conector de la faja adecuado.

Apartado 5.9 Fijacion y conexion de las unidades de lectura/
escritura.

Los pasos y recomendaciones son similares a la fijacién de un disco duro.

Apartado 5.10 Fijacion y conexion del resto de adaptadores y
componentes.

Estos son los ultimos pasos en la instalacién de un equipo informatico.
Hay que cuidar estos ultimos detalles para que todos los componentes del
equipo funcionen correctamente.

Apartado 5.11 Sistemas de refrigeracion liquida.

En los sistemas de refrigeracién liquida hay que cuidar que no caiga
liquido refrigerante en los deméas componentes y que este recircule y esté
entre los niveles marcados.
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Apartado 5.12 Instalacion de elementos de Modding.

Los elementos de modding suelen ser en ocasiones algo méas practico que
estético (controladores de ventiladores, paneles que muestran la hora,
temperatura de micro, temperatura de los discos...). Este es un campo
que cada vez tiene méas adeptos.

Apartado 5.13 Overclocking

En este apartado se explican las nociones béasicas sobre el overclocking.
Las operaciones mas comunes son la modificacién del multiplicador o la
modificacién de la velocidad base del FSB aunque existen muchas otras.
Se trata de operaciones bastante delicadas para el sistema. El consejo es
no modificar nada si no se sabe lo que se esta haciendo.

Apartado 5.14 Utilidades de chequeo y diagnéstico.

El inicio de la computadora por primera vez es la prueba de fuego. Aqui
sabremos si todo ha sido montado correctamente o no. No obstante si ha
habido algun problema, todavia estamos a tiempo de solucionarlo.

© RA-MA
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EJERCICIOS PROPUESTOS

= 1. Montaje y desmontaje de un equi-

po informaético.

En esta practica deberas tomar nota
de como esta montado el equipo para
volverlo a montar. No hace falta se-
parar el disipador del microprocesa-
dor o cualquier otro elemento como
clips de sujecidn... si crees que puede
dafiarse en su desmontaje. Consigue
el manual de la placa pues te va a
hacer falta para entender la confi-
guracién del equipo. Comprueba
el sistema antes del desmontaje y
después comprobando que funcio-
nen todos los elementos del mismo
(lectores 6pticos, disco duro, LEDs,
puertos USB...). Recuerda las reco-
mendaciones de seguridad que se hi-
cieron al comienzo del capitulo.

2. Montaje de un equipo informatico
desde cero.

Esta practica consistira en el montaje
de un equipo desde cero. Al contrario
que en la primera practica, ahora
no tienes la referencia del sistema
ya montado. Lee atentamente toda
la informacién disponible (placa
base, microprocesador...) antes de
empezar con el montaje. Recuerda
las recomendaciones de seguridad
que se hicieron al comienzo del
capitulo.

3. Sustituciéon de una refrigeracién
normal por una refrigeracién
liquida.

5 # ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

Extremar las precauciones al
separar microprocesador y disipador.
Averiguar con un programa software
la mejora o no de temperatura del
microprocesador con la refrigeracién
por aire y la refrigeracién liquida.

4. Montaje de una segunda unidad
Optica.

Una segunda unidad 6ptica puede
sernos de utilidad cuando se requiere
copiar o clonar discos con backups
o datos personales. Si es posible y
el equipo lo soporta, instalar una
segunda unidad SATA y otra PATA.

5. Ampliacién de la RAM.

Se ampliara la RAM para un portatil
y para un equipo sobremesa. Antes
de la instalacién cerciorarse si la
RAM a instalar es compatible y
en qué banco de memoria se ha de
instalar.

6. Sustitucién del procesador.

Se sustituira el procesador de un
equipo sobremesa. Habra que tener
cuidado enno danar los componentes.
Antes de fijar el microprocesador
verificar en el manual de la placa
base si el zbécalo soporta ese tipo
de microprocesadores. No olvidar
anadir material termoconductor
(pasta térmica) entre disipador y
microprocesador.

m 7, Sustituciéon o ampliacion del disco

duro en un portatil.
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Esta es una situacién cada vez mas
frecuente. Cada vez existen més
portatiles en el mercado y este tipo
de operaciones se demandan con
mas frecuencia.

m8, Sustitucién de la fuente de
alimentacion.
Esta es una situacién muy comtn en
lareparacion de equiposinforméticos.
Las fuentes de alimentacién se
deterioran con el paso del tiempo
o con un mal uso. Comprueba que
la nueva fuente de alimentacién
tiene las mismas dimensiones y al
menos igual potencia que la antigua.
Recuerda las recomendaciones de

© RA-MA

seguridad que se hicieron al comienzo
del capitulo.

9. Sustituciéon del disipador y
ventilador de la CPU por otro mas
silencioso.

Normalmente existen disipadores
y ventiladores mejores que los que
vienen de serie cuando compramos
el microprocesador. Habra que
comprobar la temperatura antes y
después de haber instalado el nuevo
componente para ver las ventajas
del mismo. Si es posible, instalar
un controlador de ventiladores o
controlador de temperatura para la
CPU.
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Cual de las siguientes afirmaciones

es falsa:

a) Cuando se cambie el disipador
hay que limpiar la pasta térmica
anterior y volver a aplicar pas-
ta nuevamente antes de montar
otra vez el disipador.

b) Los zapatos con suela de goma
evitan problemas con la energia
estatica.

c¢) La electricidad estatica puede
producir descargas de 4.000 vol-
tios.

Cual de las siguientes afirmaciones

es falsa:

a) Es posible tener un equipo con 2
discos duros master conectados
en distinto puerto IDE.

b) En los procesadores AMD el FSB
se puede denominar también bus
HDT.

¢) Muchas descargas de energia es-
tatica que se producen no son
visibles al ojo humano.

Cual de las siguientes afirmaciones

es falsa:

a) Los conectores de ventiladores
con control PWM tienen 4 pines.

b) La velocidad del microprocesador
serd la velocidad base del FSB
por un multiplicador.

¢) No ubicar el equipo o la fuente
de alimentacién en un lugar con
baja temperatura o humedad.

5 # ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

Cual de las siguientes afirmaciones

es falsa:

a) Cuanta méas pasta térmica se
ponga en el micro més refrigera-
do estara.

b) No poner a funcionar el equipo
con el microprocesador montado
sin el disipador del microproce-
sador.

¢) Los conectores ATX de las placas
base actuales son de 24 pines.

Cual de las siguientes afirmaciones

es falsa:

a) La pasta térmica es mds termo-
conductora que el aluminio.

b) Las fuentes de alimentacién tie-
nen altos voltajes en su interior
incluso después de desconecta-
das.

¢) Microguru es un programa de
overclocking.

6[,Qué producto puede provocar un
corto en un circuito?

a) El aceite.

b) El agua.

c) El polvo.

7Los discos duros es mejor manejarlos
a:
a) Bajas temperaturas.

b) Altas temperaturas.
c¢)Temperatura ambiente.
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b) 256 hilos.
8NIC es... ¢) 128 hilos.
a) Network Internet Card.
b) Network Interface Card. Cual de los siguientes elementos
¢) Network Internet Connector. 1 es mas termoconductivo:

a) Pasta térmica.
b) Cobre.
9 Un cable PATA tiene... ¢) Aluminio.
a) 80 hilos.



rr' Mantenimiento

'.l 6 de equipos
I I microinformaticos

;' Objetivos del capitulo

v Aprenderés a diagnosticar
problemas en equipos
microinformdticos y resolverlos.

Conoceras las operaciones de
mantenimiento mas frecuentes
en equipos informaticos.

Aprenderas a prevenir
problemas y averias que se
puedan producir en un equipo
informético.

Aprenderéas a realizar
operaciones de mantenimiento
sencillas en portatiles y otros
equipos.

Conoceras los problemas

mas comunes que se puedan
presentar en equipos portatiles
y sobremesa.

Aprenderés a realizar
ampliaciones de equipos
informaticos.

Conoceras los problemas
y limitaciones que tienen
los portatiles frente a las
ampliaciones.
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6 ® MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL
CAPITULO

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

Benchmark. Es una técnica o programa para medir el rendimiento de
un sistema.

Checksum. Conocido también como suma de verificacién. Este
cédigo permite saber si la informacién o los datos en cuestiéon han sido
modificados o estan corruptos.

Cristal de silicio. El cristal de silicio es un semiconductor con una
estructura tetraédrica parecida a la del carbono.

Deshumidificador. Aparato que condensa la humedad y expulsa el
aire reseco a temperatura ambiente. Se utiliza en ambientes con mucha
humedad. Los deshumidificadores permiten configurar el nivel de
humedad en el que los equipos funcionen de una forma 6ptima.

Jumper. Es un dispositivo o elemento que permite unir o puentear dos
conectores de una forma no definitiva. Es parecido a una abrazadera
metalica con una cubierta plastica.

Live CD. Es una distribuciéon o CD auténomo el cual permite arrancar
el sistema operativo directamente desde el CD sin necesidad de estar
instalado en el disco duro. Es més lento pues la unidad 6ptica siempre
va a ser mas lenta que un disco duro pero permite evaluar el sistema
operativo sin tener que ser instalado.

Loopback. Es un interfaz de red virtual que identifica el propio equipo.
Util para testear la pila TCP/IP cuando no se dispone de conexién de
red.

Malware. MAlicious soft WARE. Se dice de todo software malicioso
(virus, troyanos, spyware...).

NIC. Network Interface Card. Tarjeta de red.

Parametro. Es una variable que puede tomar unos valores
determinados.

347



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

m Standby. En espera. Muchos componentes electrénicos permiten
configurarse en espera, eso quiere decir que tendran un consumo maés
reducido que en pleno funcionamiento y no hara falta iniciarlos de nuevo
cuando se vuelvan a necesitar.

m Ultraportatil. Son ordenadores portatiles de bajo coste y con unas
prestaciones reducidas. También se suelen denominar netbooks.

B Vinilo. Material plastico.

Un PC puede dejar de funcionar por muchas razones. Hay multiples causas por
las cuales un equipo deja de funcionar correctamente (incluso se pueden dar
varias a la vez). En este capitulo se van a tratar algunas de las averias mas
frecuentes pero obviamente no todas. Se debe tomar este capitulo como una
primera aproximacion en la materia para luego profundizar mas en ella con el
trabajo y la experiencia.

Las averias pueden dividirse en software y hardware. En este capitulo se van a
abordar las segundas (averias hardware) primero por el caracter de la asignatura
y segundo porque las averias software pueden ser tan variopintas y pueden ser
tantas que seria muy dificil abarcarlas en un solo capitulo.

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

6 TECNICAS DE MANTENIMIENTO
5 PREVENTIVO

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

En el mantenimiento preventivo lo que se pretende es preservar y prevenir
que ocurran averias en el equipo informatico. En ocasiones en estas tareas
de mantenimiento se pueden incluir operaciones de reemplazo de piezas en
previsiéon de que éstas puedan fallar aunque no suele ser habitual (cambiar
piezas como un disco duro en prevision de que pueda fallar no suele ser muy
econdémico pues el disco podria haber seguido funcionando mucho tiempo).

Existen otras formas de mantenimiento que pueden ser el mantenimiento
predictivo que se anticipa a los fallos que puedan ocurrir en el hardware como,
por ejemplo, la funcién SMART de los discos duros o bien el mantenimiento
correctivo que espera a que el componente falle para luego sustituirlo.
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(P3| FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO O
DURABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE UN EQUIPO
INFORMATICO

Figura 6.1. Placa base abit IX38. Fuente aresauburn.

La temperatura

La temperatura es uno de los principales factores de averia y degradacién
de los dispositivos electrénicos. En realidad muchas veces son los propios
dispositivos electrénicos los que se destruyen a si mismos dado que gran parte
de la energia que reciben la transforman en calor.

Los microprocesadores son los elementos que més se calientan en un equipo
informatico. Eso es debido a que estan formados por millones de transistores.
Cada transistor tiene varios estados y cuando cambia de un estado a otro necesita
energia (este consumo de energia hace que se caliente el microprocesador).

En electrdonica existen unas reglas y una serie de soluciones a las mismas
que actualmente se estan aplicando:

m Reglal

A mas velocidad -> Mas calor

® Regla 2

A maés consumo de energia (mas voltaje) -> Més calor
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Solucién a la regla 1

Aumentar el namero de nucleos. Se reduce la velocidad pero se aumenta el
rendimiento.

Solucioén a la regla 2

Reducir la tecnologia de fabricacién para asi poder reducir el voltaje. Por
ejemplo, pasar de 45 nanémetros a 32 nanémetros.

a4

Recuerda
El calor no solo destruye los chips y microprocesadores, también otros elementos
como los discos duros mecanicos sufren debido al exceso de temperatura.

La solucién mas barata contra el calor es la disipacién del calor de los
microprocesadores a base de disipadores y ventiladores. La fuente de
alimentacion tiene un ventilador que suele apuntar hacia el microprocesador.
El microprocesador tiene un disipador y un ventilador encima, la grafica
también, al igual que el northbridge y southbridge (en estos tltimos quizés no
haga falta ventilador y en algunos southbridge incluso carecen de disipador).

a4

Recuerda

Cuando instales ventiladores extra en la caja de un equipo informatico, colécalos
de tal forma que el aire recircule dentro de la caja. “Para que esté fresquito
dentro tiene que haber corriente”. Elige ventiladores cuanto mas grandes mejor
pues seguramente sean menos ruidosos.
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(Qué pasa si se averia el ventilador?

Si el ventilador falla (porque esté averiado o porque la suciedad no permita
que funcione correctamente) los componentes se pueden danar de forma muy
rapida pues en poco tiempo alcanzan grandes temperaturas. El corazén del
micro esta compuesto de cristal de silicio y éste puede llegar a romperse a
temperaturas extremas. No obstante, por regla general los microprocesadores
dejan de funcionar cuando la temperatura del microprocesador supera un
umbral determinado.

a4

Recuerda
El cobre es un metal mucho méas conductivo (conduce mejor el calor) que el
aluminio. Por lo tanto mejor elegir disipadores de cobre.

a4

Recuerda

Cuando pongas pasta o silicona térmica procura no poner demasiada. La
silicona es mucho menos conductiva que el cobre y por tanto si pones mucha el
microprocesador se calentara mucho mas.

Figura 6.2. Sistema de refrigeracién de un Figura 6.3. Sistema de refrigeracion de un
portatil. portdtil (detalle).

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales 351



352

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

Cosas que se deberian hacer para disminuir la temperatura de los
equipos:

Poner un ventilador trasero en la caja que evacte el aire caliente y si es
posible uno delantero que introduzca aire a la caja (de esa manera hay
corriente de aire dentro de la caja).

Las cajas deben estar ventiladas. No meterlas en armarios o cajones que
hacen que el aire no circule desde dentro hacia fuera de la caja.

Escoger graficas que estén bien ventiladas.

Si es necesario poner sistemas de ventilacion en los discos duros (muy
recomendable cuando hay méas de uno).

Normalmente las cajas de calidad estan mejor ventiladas. No elegir
una caja sélo por el precio, hay otros factores que también son muy
importantes.

Los filtros antipolvo suelen funcionar bastante bien sobre todo cuando
los equipos estan colocados en el suelo.

Evitar la exposicién directa de los equipos a la luz solar.

El tener un termdémetro interno no reduce la temperatura pero puede
indicarnos la misma y se pueden tomar acciones al respecto.

Tabla 6.1. Temperaturas maximas aceptables de los

componentes
PROCESADOR 659
DISCO DURO 550
CAJA 450
FUENTE DE ALIMENTACION 990

Supuestamente los componentes descritos anteriormente deberian funcionar
en temperaturas inferiores a las citadas. Es cierto que estos componentes
pueden trabajar a temperaturas superiores (por ejemplo microprocesadores
trabajando regularmente a 90°) pero ello lo inico que provoca es una vida del
componente mas corta.
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La temperatura se puede medir via software o hardware mediante
sensores.

Polvo y particulas

El polvo estd en todas partes suspendido en el aire y se va depositando
sobre las superficies de los objetos.

El problema con respecto a los dispositivos electrénicos es que el polvo
depositado hace que disminuya la refrigeracién de los componentes al obstruir
las ranuras de ventilacién, los ventiladores...

Para evitar el polvo en los equipos se pueden utilizar rejillas antiparticulas,
limpiar la parte exterior de la caja con un trapo himedo con algin producto
antipolvo y periédicamente hacer una limpieza interior del equipo (cada 6 meses
—1 afio) desplazando el polvo con algun spray antipolvo. Estos sprays llevan aire
a presioén y por su composicién no danan los componentes electrénicos. Evitar
rociar con otro tipo de sprays porque se pueden dafiar los componentes.

a4

Recuerda
A la hora de pasarle un spray antipolvo hacerlo lejos de otros equipos pues el
polvo que sacamos de un equipo puede ir a parar a los otros.

Las pantallas de ordenador, las impresoras y fotocopiadoras son algunos
de los equipos que generan mas polvo. Habria que limpiarlos frecuentemente
teniendo en cuenta que los monitores planos tienen una pantalla fragil y se
recomienda limpiarlos sin hacer fuerza contra la pantalla.

a4

Recuerda

¢Sabias que el humo perjudica seriamente la salud de tu equipo? Las cenizas
y el humo que contiene alquitréan funcionan de una manera parecida al polvo y
acortan la vida de los equipos informaticos.
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Humedad y corrosion

Normalmente los equipos estan disenados para trabajar con un grado alto de
humedad. La humedad hace que se produzca corrosion sobre los componentes
de los equipos. No obstante si se prevé que el equipo va a funcionar en algin
sitio con una humedad muy alta (superior al 80%) bastaria con utilizar un
deshumidificador.

Los liquidos son otro peligro. En caso de que caiga algtin liquido sobre algin
componente electrénico lo primero que hay que hacer es apagarlo. Una vez
apagado se recomienda desensamblarlo lo mejor posible, secarlo bien pieza
a pieza y volver a ensamblarlo. En el caso de que el liquido no sea agua hay
que retirar el liquido utilizando la minima agua posible y secarlo bien antes
de ensamblarlo. Es necesario que las piezas estén bien secas antes de poner el
dispositivo en funcionamiento.

Impactos y vibraciones

Figura 6.4. Equipo golpeado durante el transporte.

Normalmente el elemento que sufre mas los impactos es el disco duro.
No es lo mismo un impacto cuando el equipo estd apagado que cuando esta
encendido. En este Gltimo caso resulta mucho peor.

Las vibraciones pueden estropear el disco duro y en ocasiones pueden hacer
que los componentes se suelten de sus conectores o zocalos. Para evitar que las
vibraciones afecten al equipo hay que fijar adecuadamente los componentes.
También una buena caja reduce en gran parte las vibraciones.

https://dogramcode.com/sistemas-computacionales
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Energia electrostatica (descargas electrostaticas)

La energia estatica se acumula en el cuerpo humano. A veces es inevitable.
Puede ocurrir caminando sobre una alfombra, desempaquetando y quitando el
plastico de algtin producto...

Cuando una persona esté cargada estaticamente y toca algiin componente
entonces se descarga. Estas descargas muchas veces no son visibles al ojo
humano pero son letales para los componentes electrénicos.

Los consejos para evitar descargas electrostaticas son:

 Evitar trabajar sobre alfombras, moquetas o suelos pldsticos como
vinilos.

V' Evitar utilizar prendas de lana o materiales sintéticos.

" Mantener los componentes en su bolsa antiestdtica hasta que se
monten.

Utilizar pulseras antiestaticas a la hora de montar equipos y en su defecto
tocar elementos metalicos (sin pintar) como el chasis del equipo, ventanas,
grifos...

Magnetismo

Los imanes y electroimanes suelen afectar negativamente a los dispositivos
magnéticos como discos duros, disquetes, cintas... Dado que los elementos
magnéticos cada vez se utilizan menos, el magnetismo esta dejando de ser tan
peligroso para la informatica.

Algunos dispositivos que tienen efectos magnéticos, por ejemplo, pueden
ser los altavoces potentes, las impresoras, los monitores de tubo (CRT),
destornilladores magnéticos, timbres, imanes para fijar notas...

[F2F) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS
PORTATILES

A la hora de utilizar un portatil hay varias reglas que hay que seguir
para prevenir posibles fallos o averias. Se podrian llamar normas de buena
conducta.
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m Software. Realizar backups periddicos tanto de los datos como de todo
el sistema. Existen muchas alternativas para esto (CD, DVD, pen-
drive, discos duros externos, unidades de red...). Una forma efectiva
de salvaguardar los datos es realizar una imagen del disco cada cierto
tiempo y copia de los datos del usuario con mas frecuencia. En el capitulo
8 se explica como. También habra que proteger al equipo contra posibles
virus y deméas malware con antivirus, firewall...

B Liquidos y demas productos. Evitar que caigan liquidos, migas,
polvo... al equipo. Normalmente caen al teclado y de éste al interior del
equipo. En el caso de que caiga algtn liquido hay que apagar el portatil,
retirarlo y secarlo durante mucho tiempo (48 horas al menos) en un
lugar seco y ventilado para que seque del todo. No volver a encender el
equipo hasta que no esté completamente seco.

m Transporte. Hay que transportar el portatil en las mejores condiciones.
Utilizar para ello un maletin o mochila en la que se pueda fijar
correctamente el equipo (v los accesorios). La bolsa de transporte tiene
que ser dura y estar correctamente acolchada para evitar posibles dafos
si se golpea.

B Funcionamiento. Colocar el portatil en una superficie lisa y dura para
trabajar. Si se coloca en una superficie blanda las entradas y salidas de
aire se taponan y el portatil terminara recalentandose en exceso.

B Modo de utilizacion. Cuando no va a ser utilizado durante tiempo, el
portatil hay que apagarlo. Utilizar el standby o hibernacién s6lo cuando
es necesario, no hay que abusar de esta funcionalidad (se ahorra energia
y se alarga la vida del portatil).

B Bateria. Trabajar siempre con la bateria. Cuando la bateria tenga
poca carga se pondra a cargar el portatil (el propio equipo avisa cuando
hay que cargar la bateria). Si el equipo se va a utilizar durante mucho
tiempo se puede desconectar la bateria y enchufarlo a la corriente si se
desea. No obstante hay que tener en cuenta que siempre con el uso las
baterias van perdiendo capacidad de carga.

4

Recuerda

No hace falta que la bateria del portatil se descargue completamente, algunas
baterias de ION-litio pueden estropearse si se quedan durante mucho tiempo sin
carga (igual se recomienda para PDA y mdviles).
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(P2 LA GARANTIA DE LOS EQUIPOS

La garantia es un documento que puede exigir el comprador al vendedor en
la que se deberia expresar:

v El producto.

v Garante (el que se hace cargo del producto que puede ser el fabricante
o el importador).

" Titular de la garantia.
" Derechos del titular de la garantia.

" Plazo de duracién de la garantia.

De acuerdo con la ley 23/2003 del 10 de Julio, de Garantias en la venta de
bienes de consumo, los productos de naturaleza duradera como pueden ser los
equipos electrdénicos, la duracion minima de la garantia deberia ser de 2 afos.
En el caso de que el producto sea de segunda mano ésta sera de 1 ano.

Durante el plazo de la garantia las reparaciones y sustituciones seran
gratuitas para el comprador (incluidos gastos de envio, mano de obra,
piezas...), deberan producirse en un plazo razonable teniendo en cuenta el
producto y en el caso de que la reparaciéon no sea satisfactoria y el equipo no
funcione correctamente, el comprador puede exigir el cambio por otro igual
o de idénticas condiciones, la rebaja del precio o la resolucién del contrato
(devolucion del dinero y entrega del aparato).

12+1 CONSEJOS PRACTICOS A LA HORA DE
ENCONTRARNOS CON UNA AVERIA

1. Como ya se ha dicho muchas veces no hay que manipular el equipo con
el cable de alimentacién enchufado.

2. La energia estatica es el peor aliado de los componentes.

3. Cuando las averias se dan una vez arrancado el sistema operativo hay
que descartar un posible error software utilizando un live CD de linux
(para ver si un sistema operativo puede funcionar correctamente en la
maquina), actualizar los Gltimos drivers...
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4. En el caso de que se haga una operacion se debe saber en todo momento
qué se esta haciendo. Si tocamos sin control y sin precauciones podemos
averiar mas el equipo.

5. Pensar en alguna operacion hardware o software realizada recientemente
para ver si puede estar relacionada con la nueva averia.

6. Cuando se hace un cambio se prueba individualmente. Si se realizan
muchos cambios el técnico se puede perder y desconocer qué es lo que
verdaderamente esta fallando.

7. Siempre es mejor (y a veces méas rapido) utilizar herramientas de
diagnéstico tipo parted magic, hdtune, test de tortura... antes que
manipular el equipo. Hay que abrir justo cuando toca.

8. Las averias pueden ser de los propios componentes o en ocasiones DE
UNA MALA CONEXION de los mismos. Una tarjeta grafica puede no
funcionar porque no esté bien instalada y por eso la tarjeta no tiene por
qué estar rota.

9. Analizar detenidamente los sintomas de las averias e intentar encontrar
el componente que esta fallando. Para ello si hace falta se consultaran
foros de Internet, paginas Web especializadas...

10.Cuando no se sabe a ciencia cierta qué es lo que estd pasando se
comprobara por eliminacién probando componente a componente. En
ocasiones lo que falla es la combinacién de componentes, por lo tanto
hay que tener esto en cuenta (a veces la fuente de alimentacién no puede
con todos los componentes instalados y retiramos un disco y el equipo
funciona. Seria incorrecto pensar que la culpa es del disco jno crees?).

11.;Y si hay mas de un componente estropeado? Nunca hay que descartar
este punto.

12.Muchos errores se pueden detectar desde el POST y la BIOS. Hay que
prestar atencién a los mensajes y sonidos del equipo durante antes del
arranque del sistema operativo.

13.Hay muchos componentes o modelos de equipos que presentan los
mismos fallos. Normalmente el problema con el que nos enfrentamos
seguro que no es el primero. Para eso una buena herramienta son los
foros y demés paginas especializadas.
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(2] MONITORIZACION DE LA PLACA BASE

Practicamente en la mayoria de las placas base, la BIOS ofrece funciones de
monitorizacion del procesador, placa base y otros dispositivos. Normalmente se
encuentra en un menu que se llama “Health Status”, “Hardware Monitoring”

o algo equivalente.

-== System Hardware ==

Vcore

Vee2 5V

Veed. 3V

Vee

+12V

SB3V

-12v

SB5Y

VBAT

SYSTEM Fan Speed 2163 RPM
CPU Fan Speed 2410 RPM
SYSTEM Temperature 25°C/77°F
CPU Temperature 27°¢/80°F

Quit

: Help

: Old Value

: Load Optimal Settings
: Load Best Settings

Figura 6.5. Monitorizacion del hardware a través de la BIOS.

Mediante esta herramienta se pueden monitorizar los voltajes del equipo, las
revoluciones por minuto (RPM) de los ventiladores del equipo y del procesador,
la temperatura de la placa base (se puede tomar como temperatura de la caja)

y del micro entre otros.

Todos estos valores pueden ser accesibles en remoto (desde otro equipo de
la red) o bien mediante programas especificos.
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Existen muchos programas de monitorizacién de temperaturas en un
equipo. Para este ejercicio se ha elegido un programa portable. Los

programas portables tienen la ventaja de no tener que estar ins
en el equipo que se va a ejecutar. Otra ventaja es que un téc

talados
nico en

mantenimiento y reparacion de equipos puede tener un pendrive con
una serie de utilidades portables que puede utilizar en el desempeno

de sus actividades y realizar todos los chequeos pertinentes

en las

maquinas con las que esté trabajando sin tener que hacer ninguna
instalacion.

% HWiNFO32
Program Report  Bemchmarks  Monitoring  Help

i

About

o H = |
Summary Report

= 48 PICHOM

Benchmark  Senzors

HWiINFD32 Sensor Status

& cerntral Processor(s N

B8 Motherboard Sensar Walue Min Max
= Memary % CPU Digital Thermal Sensor

o Bus B crusocoren 39.0 °C 32.0 °C 46,0 °C
@ video Adapter

Maonitar B 1ntel GMCH

i Drives

‘B, audio B smarT

- Network B wDC wo1s00BEVT-2225T0 39,0 °C 39.0 °C 40,0 °C
- ¥ ports

-~ Smart Battery

Temperature units

(&) Celsius

[ chse |

(o] [ e

HWINFO3Z

Figura 6.6. HWiNFO32. Valores de los sensores.

Para obtener los valores de temperatura del equipo hay que acceder
a la opcidn “Sensors” y en esta opcion se pueden ver los valores
actuales, minimo y maximo de temperatura tanto de la CPU como
de los discos.
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................................................................................................................

6 DETECCION DE AVERIAS EN UN EQUIPO
. INFORMATICO

................................................................................................................

Atencioén: iPeligro!

Los dos sitios mas peligrosos a la hora de la manipulacion son el interior de la
fuente de alimentacidn y el interior del monitor. No deberian abrirse salvo que
sea un técnico especialista en este tipo de aparatos.

La deteccion de averias es en algunos casos un enigma. Dependiendo de
la experiencia del técnico los misterios se van despejando en mayor o menor
medida. La experiencia ayuda mucho a la resolucién de problemas.

a4

Importante

Recuerda que para abrir un equipo informatico este debe estar apagado y
sin bateria (en el caso de que sea un portatil). Siempre que se abra y se
manipule un equipo informatico hay que hacerlo con herramientas adecuadas
teniendo en cuenta no dafiar los componentes internos del mismo (cuidado con
la electrostatica).

Hay que distinguir entre averias software y hardware. Normalmente las
averias software pueden resistirse mas que las averias hardware.

Entre los fallos hardware hay que distinguir entre los fallos del montaje
y los fallos que puedan ocurrir una vez que el equipo ya ha funcionado
correctamente.
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Comprobaciones ANTES de encender el equipo POR PRIMERA VEZ

Supuestamente antes de montar el equipo se ha comprobado que todos
los componentes son compatibles y que ensamblandolos juntos no deberia de
haber problemas.

V' La placa esta correctamente fijada al chasis.

" El microprocesador estd correctamente alojado y el sistema de
refrigeracién (normalmente disipador + ventilador) estdn sujetos

correctamente.
" Los lectores 6pticos y los discos estan correctamente fijados al chasis.

v Los lectores 6pticos tienen correctamente conectados los cables de
datos y de alimentacion. En caso de dispositivos IDE comprobar que la

configuracién de los Jumper sea la correcta.

v Se ha conectado la alimentacién de la placa base y micro (conector ATX

20+4 contactos para la placa base y ATX 12V para el micro).

" Los conectores frontales del equipo (USB, sonido, leds de power, disco

duro, reset...) estan correctamente conectados.
' Las tarjetas de expansién estan correctamente alojadas y sujetas.

" En el caso de necesitar la tarjeta grafica un conector de alimentacién

PCle 6+2 éste esta correctamente conectado.
" Los fan o ventiladores extra estén correctamente conectados.
" Las dem4s conexiones y configuraciones extra estan realizadas.

" Los cables del interior de la caja estan recogidos y sujetos por bridas u

otro sistema de enganche.
" El monitor, teclado y el ratén estan conectados al equipo.

" El cable de alimentacién est4 conectado y tiene corriente.

362 https://dogramcode.com/sistemas-computacionales



© RA-MA 6 ® MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

a4

Importante

No confundir el conector ATX 12V de 8 contactos con el PCle de 6+2 contactos.
En caso de que se confunda uno con otro se puede dafiar la placa base y la
grafica. Supuestamente en los nuevos componentes este posible fallo esta
subsanado y no se pueden intercambiar este tipo de conectores.

Una vez comprobados estos puntos se procederd a enchufar el cable de
alimentacion al equipo y encenderlo por primera vez.

Si una vez encendido aparece por pantalla el logo de la placa base (hay
veces que aparece tan rapido que practicamente no se ve) y el equipo muestra
un mensaje avisando de que no hay sistema operativo suele ser una senal de
que al parecer todo ha ido bien. No obstante faltaria probar y verificar que todo
lo instalado funcione correctamente.

a4

Recuerda

Cuando se enciende un equipo y se escucha un Unico pitido corto, éste es
sintoma de que la BIOS ha realizado el chequeo rutinario y todo ha ido bien. Si el
equipo no tiene speaker o éste no esta conectado obviamente no sonara nada.

EI ordenador El ordenador
no enciende emite pitidos
cont|nuament

J
El ordenador
enciende pero
no se ve
nada

Y

”J‘/Kparece un >

(" mensaje de \
errorenla /

%f’i”‘a"%/

Figura 6.7. La problemdtica de los errores en los equipos informdticos.
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Para la deteccién de una averia es necesario conocer bien los sintomas,
dependiendo de los sintomas que se aprecien en el equipo se optara por una
opcién u otra. En el punto 6.4 del capitulo se abordardn més en profundidad
distintos fallos de hardware y posibles causas y soluciones.

................................................................................................................

6 4 SENALES DE AVISO, LUMINOSAS Y
. ACUSTICAS

................................................................................................................

[FZH] SENALES ACUSTICAS DE LA BIOS

Cuando el equipo arranca y el speaker del equipo funciona, el escuchar un
pitido es sintoma de que el chequeo que ha realizado la BIOS ha terminado
con éxito. En caso contrario la BIOS mostrara una serie de pitidos indicando
el fallo encontrado. Dependiendo del tipo de BIOS estos cddigos significaran
una cosa u otra.

A continuacién se muestra un resumen de estos cédigos de error para las
BIOS AMI y AWARD:

a4

Recuerda
AMI BIOS

1 pitido. TODO CORRECTO.

2 pitidos. Problema de memoria (RAM o tarjeta de video). Si tras comprobar
que la RAM esta correctamente instalada sigue el problema, cambiar la placa
base.

3 pitidos. Igual que con dos pitidos.

4 pitidos. Igual que con dos pitidos o error en el reloj del sistema.

5 pitidos. No se detect6é la memoria RAM.

6 pitidos. Controladora de teclado estropeada.

7 pitidos. Procesador no detectado.

8 pitidos. Tarjeta de video no detectada.

9 pitidos. Cddigo corrupto de la BIOS.

10 pitidos. Imposible leer o escribir los datos de la CMOS.

11 pitidos. Problema con la memoria caché del sistema.
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Recuerda

AWARD BIOS

Tonos cortos constantes. Puede ser un problema fisico del hardware.

1 largo. Problema con la memoria.

1 largo y 1 corto. Cddigo invalido de la BIOS.

1 largo y dos cortos. Tarjeta grafica estropeada.

1 largo y 2 cortos. Tarjeta grafica integrada estropeada. Se confirma si
aparece en pantalla “No video card found”.

1 largo y 3 cortos. Si aparece en pantalla “*No monitor connected” es el error
anterior.

1 largo y varios cortos. Si aparece en pantalla “Video related failure” es el
error anterior.

2 largos y 1 corto. Placa base o tarjeta grafica estropeada.

2 cortos. Si aparece en pantalla “Parity Error”. Hay que desabilitar la paridad
de memoria en la BIOS.

3 cortos. Si aparece en pantalla “Base 64 Kb Memory Failure”. Fallo en la
RAM.

4 cortos. Si aparece en pantalla “Timer not operational”. La placa esta
estropeada.

5 cortos. Si aparece en pantalla “Processor Error”. La CPU falla porque el
procesador o la memoria de video tienen algin problema.

6 cortos. Si aparece en pantalla "8042 - Gate A20 Failure”. Aparece cuando se
conecta o desconecta el teclado con el equipo encendido

7 cortos. Si aparece en pantalla “Processor Exception / Interrupt Error”. El
procesador esta fallando.

8 cortos. Si aparece en pantalla “Display Memory Read / Write error”. La
Tarjeta grafica no funciona.

9 cortos. Si aparece en pantalla "ROM Checksum Error”. Se resetean los
valores de la CMOS y se vuelven a configurar. Si persiste: fallo en la BIOS o
RAM.

10 cortos. Fallo en la CMOS.

11 cortos. Fallo en la caché.

1 pitido largo y 8 pitidos cortos. Error en la tarjeta de video.

1 pitido largo y 3 pitidoscortos. Fallo en la comprobacién de la RAM.
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MENSAJES DE ERROR DE LA BIOS POR PANTALLA

Tabla 6.2. Mensajes de error de la BIOS por pantalla

m ExplicaCién

RAM Refresh
Failure

No video
card found o
No monitor
connected o
No monitor
connected

Parity Error

Base 64 Kb
Memory
Failure

Timer not
operational

CMOS
cheksum
error

CMOS
checksum
error -
Defaults
loaded

Processor
Error

8042 - Gate
A20 Failure

Indica que hay un problema en el refresco de la memoria
RAM. Se deberia cambiar la RAM de banco vy si persiste el
problema reemplazar por otro moédulo de memoria.

Falld la tarjeta grafica integrada. Hay dos soluciones, una es
utilizar una tarjeta grafica la cual la pincharemos en algun
puerto AGP, PCI o PCIe o bien cambiar la placa base.

Este error puede ser debido a una mala configuracion de la
BIOS al no soportar paridad de memoria. Se deshabilita en
la BIOS y se vuelve a arrancar el equipo.

Si no se manipuld la RAM y antes el equipo funcionaba
correctamente la memoria RAM se ha estropeado. Solucion:
cambiar el mdédulo de memoria estropeado.

Reloj de la placa base estropeado. Hay que cambiar la placa
base.

Generalmente aparece este error cuando la pila de la BIOS
se ha agotado. Reemplazar la pila por otra.

Generalmente aparece este error cuando la pila de la BIOS
se ha agotado o se estd agotando. El sistema avisa que
el codigo de la BIOS no es correcto y se han cargado los

valores de la BIOS por defecto. Reemplazar la pila por otra.

Problema con el procesador o la memoria de video. Reiniciar
el sistema y si persiste comprobar ambos.

Controlador del teclado averiado o se ha conectado/
desconectado el teclado con el equipo encendido.
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Error Explicacion
Processor
Exception
/ Interrupt Fallo en el procesador.
Error
Display
Memory . .
Read / Write Tarjeta de video estropeada.
error
Fallo en el checksum o comprobacién de la BIOS (el cédigo
BIOS ROM de la BIOS no es correcto). El procedimiento a seguir cuando
Checksum aparece este mensaje es configurar la BIOS con los valores
Error por defecto. Si tras reiniciarlo persiste, la BIOS (situada en
la placa base) o la memoria RAM estan estropeadas.
CMOS
Shu_tdown Imposible escribir en la memoria CMOS, con lo cual se
el 7 perderan las configuraciones y datos de la BIOS
Read/Write ’
Error

Cache Error
Fallo en la memoria caché del procesador o de la placa base.

/ External
Cache Bad
CMOS La pila de la BIOS se ha agotado. Reemplazar la pila por
battery failed otra.
Floppy .
disk(s) Fail Disquetera estropeada o mal conectada.
Keyboard
error or no Generalmente es cuando el teclado no esta conectado (en
keyboard ocasiones estropeado).
present

Memory Test Probablemente exista un error en la memoria RAM. Hacer
Y un chequeo de los médulos de memoria RAM instalados y

Fail reemplazar los defectuosos si existen.
Override . )
El sistema no puede arrancar con los parametros
enabled - o 1
Defaults especificados en la CMOS. La BIOS carga los parametros por
loaded defecto para que el sistema funcione de forma correcta.

Fallo en el disco de arranque (disco maestro en el

Primary
master hard controlador IDE primario). Hay que comprobar tanto
diskfail conexiones como la configuracién del disco.
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Error Explicacion

RAM Refresh
Failure

No video
card found o
No monitor
connected o
No monitor
connected

Parity Error

Base 64 Kb
Memory
Failure

Timer not
operational

CMOS
cheksum
error

CMOS
checksum
error —
Defaults
loaded

Processor
Error

8042 - Gate
A20 Failure

Processor

Exception

/ Interrupt
Error

Display
Memory
Read / Write
error

Indica que hay un problema en el refresco de la memoria
RAM. Se deberia cambiar la RAM de banco vy si persiste el
problema reemplazar por otro mdédulo de memoria.

Fallo la tarjeta grafica integrada. Hay dos soluciones, una es
utilizar una tarjeta grafica la cual la pincharemos en algin
puerto AGP, PCI o PCIe o bien cambiar la placa base.

Este error puede ser debido a una mala configuracion de la
BIOS al no soportar paridad de memoria. Se deshabilita en
la BIOS y se vuelve a arrancar el equipo.

Si no se manipuld la RAM y antes el equipo funcionaba
correctamente la memoria RAM se ha estropeado. Solucidn:
cambiar el médulo de memoria estropeado.

Reloj de la placa base estropeado. Hay que cambiar la placa
base.

Generalmente aparece este error cuando la pila de la BIOS
se ha agotado. Reemplazar la pila por otra.

Generalmente aparece este error cuando la pila de la BIOS
se ha agotado o se estd agotando. El sistema avisa que
el codigo de la BIOS no es correcto y se han cargado los

valores de la BIOS por defecto. Reemplazar la pila por otra.

Problema con el procesador o la memoria de video. Reiniciar
el sistema y si persiste comprobar ambos.

Controlador del teclado averiado o se ha conectado/
desconectado el teclado con el equipo encendido.

Fallo en el procesador.

Tarjeta de video estropeada.
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Error Explicacion

Fallo en el checksum o comprobacién de la BIOS (el cédigo
BIOS ROM de la BIOS no es correcto). El procedimiento a seguir cuando
Checksum aparece este mensaje es configurar la BIOS con los valores
Error por defecto. Si tras reiniciarlo persiste, la BIOS (situada en

la placa base) o la memoria RAM estan estropeadas.

CMOS
ShuFdown Imposible escribir en la memoria CMOS, con lo cual se
REGTELER perderan las configuraciones y datos de la BIOS
Read/Write ’
Error

Cache Error

Fallo en la memoria caché del procesador o de la placa

/ External base
Cache Bad ’
CMOS La pila de la BIOS se ha agotado. Reemplazar la pila por

battery failed

otra.

Floppy .
disk(s) Fail Disquetera estropeada o mal conectada.
Keyboard
error or no Generalmente es cuando el teclado no estd conectado (en
keyboard ocasiones estropeado).
present

Memory Test
Fail

Probablemente exista un error en la memoria RAM. Hacer
un chequeo de los mddulos de memoria RAM instalados y
reemplazar los defectuosos si existen.
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Error Explicacion

Override . z
El sistema no puede arrancar con los parametros
enabled - o 2
Defaults especificados en la CMOS. La BIOS carga los parametros por
defecto para que el sistema funcione de forma correcta.
loaded
Primary Fallo en el disco de arranque (disco maestro en el
master hard controlador IDE primario). Hay que comprobar tanto
diskfail conexiones como la configuracién del disco.

SENALES LUMINOSAS DEL EQUIPO

Led de encendido del equipo. Cualquier equipo tiene Led de encendido. El
Led de encendido es un testigo que indica que el equipo esta funcionando o en
caso contrario que esta recibiendo suministro eléctrico.

Led de actividad del disco duro. El Led de actividad del disco en una caja
mostrara la actividad de los discos duros del equipo. Una desventaja de este
tipo de Led es que si un equipo tiene varios discos duros mostrara actividad
cuando en al menos uno haya actividad.

Cuando este Led permanece continuamente encendido evidencia un fallo
en el equipo (generalmente de tipo software). Si se sospecha que es un fallo
hardware lo principal es verificar que el disco y el cable funcionan correctamente
(lo ideal es probarlo en otro equipo). Si una vez comprobado este punto persiste
el error, el fallo puede estar en la placa base (probablemente en la controladora
de disco).

Led de actividad de la unidad 6ptica. Muy parecido al del disco duro.
Muestra actividad cuando hay alguna operacién de lectura o escritura en el
soporte.

Otros testigos

LED del cargador del portatil. La luz del portatil indica la actividad del
cargador. Como en todo este tipo de testigos, la falta de luz o una intermitencia
del mismo evidencia algtun fallo en el cargador.
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WIFTI habilitada o webCam habilitada. Este tipo de testigos normalmente
en portatiles indican si la conectividad inalambrica o la WebCam estan
habilitadas o no. En algunos equipos es posible deshabilitarlos mediante algin
botén o interruptor.

................................................................................................................

6 5 FALLOS COMUNES E
" INCOMPATIBILIDADES

................................................................................................................

En la deteccion de fallos en equipos informéaticos la experiencia siempre es
muy importante. No sélo a la hora de realizar la operacién sino en el momento
de conocer qué pieza es la que realmente esta fallando. En este apartado se van
a ver las averias mas frecuentes, se veran los sintomas, qué es lo que puede

estar ocurriendo al equipo y qué soluciéon tomar para resolver el problema.

a4

Importante

Utiliza siempre la Ultima version de los drivers para tu equipo. Hay algunos
errores que se solucionan instalando la ultima versién del driver del componente
(en las ultimas versiones tienen corregidos los errores detectados hasta la
fecha).

Antes de instalar el driver proporcionado en el CD mira en la pagina web del
fabricante por si existiese alguna versién mas reciente.

Recuerda

Siempre que quites un micro y lo vuelvas a colocar en su zécalo deberas retirar
la pasta térmica antigua y colocar nuevamente mas pasta.
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CAUSAS, SINTOMAS Y SOLUCIONES A POSIBLES AVERIAS

Tabla 6.3a.

m

Puede ser que al
montarlo no se haya Poner pasta térmica (la justa) y volver a
puesto pasta térmica probar.
al microprocesador.

El ventilador no
funciona por culpa
de la suciedad.

Limpiar la suciedad y comprobar que el
ventilador funciona correctamente.

El ventilador no Cambiar el ventilador y, si no se
funciona (esta encuentra uno, cambiar disipador y
averiado). ventilador.

El ventilador
o disipador no

refrigeran lo Cambiar disipador y ventilador por otro
suficiente (son modelo mas eficiente.
pequenos para el
micro).

Evaluar si es seguro aumentar este
parametro en la BIOS y modificarlo a
; : un valor superior pero seguro. Si tras
Fl equipo  sobrecalentamiento aumentar gl valofel e uig 0 se sigue
S€ apaga es muy bajo. lentand | bl q dp b 9 t
de repente recalentando, el problema debe ser otro.

El valor en la BIOS
para parada por

Puede haber un error en el sistema
operativo, drivers o en alguno de los
programas que se estan ejecutando.
Una opcidon muy buena es arrancar
¢Podria ser un error con un live CD de Linux por ejemplo y
de software? trabajar con él durante un buen rato por
si se reproduce el problema. Si con el live
CD funciona correctamente tenemos dos
opciones: investigar, o reinstalar (esta
ultima a veces es mucho mas rapida).

En ocasiones la fuente de alimentacién

puede provocar apagados y reinicios

del sistema de forma caprichosa sobre
¢Podria ser la fuente todo si son de poca potencia. Una buena

de alimentacién? forma de comprobar esto es teniendo
otra fuente de alimentacion de mayor
potencia y enchufando los componentes
a esta nueva fuente.
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Tabla 6.3b.
Er:1§?1|i3t|§rdae|l Antes de pasar a comprobar un fallo mas
ordenador grave hay que descartar estas obviedades.
e A SfEm Descartar también que el cable esté
conectado haciendo un falso contacto.

Para comprobar esto se puede instalar
en el equipo alguna grafica en el caso de
Fallo en la tarjeta  que la grafica esté integrada en la placa o
grafica cambiarla por otra. Si haciendo esto sigue
sin funcionar, el problema podria estar en
otro componente.

El equipo
enciende Si hemos comprobado los distintos
pero el Fallo en la placa componentes y funcionan, el faI_I(? puede
monitor base estar en la placa base. La solucion pasa
no por cambiarla.
muestra
nada en
pantalla
En ocasiones puede ser un falso ajuste
Fallo en la (Se quita y se pone). Sustituir la memoria
memoria por otra que funciona y es compatible

para descartar este punto.

¢Se tocd algun
parametro de la A veces al hacer overclocking suele pasar.

BIOS?
Ifuente de Comprobar las tensiones de la fuente y si
alimentacion - -
. la potencia es suficiente.
averiada
Fallo del monitor Se puede comprobar.conectandolo a otro
monitor.
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Tabla 6.3c.

¢Esta
conectado?

Fuente de
alimentacion
averiada

Fallo en la placa
base
El equipo
no
enciende

Fallo en el
microprocesador

Fallo en la
memoria

Comprobar que el cable conectado al
equipo tiene corriente (por ejemplo
conectandolo al monitor). Mirar si el
interruptor de la fuente esta en off.

Realizaremos las comprobaciones
pertinentes a la fuente de alimentacion
(puentear la fuente y ver si funciona el

ventilador).

Para comprobar esto lo mejor seria tener
otro equipo para cambiar los componentes
del averiado menos la placa (micro,
memoria...) o bien otra placa base para
probar.

Si el fallo esta en el microprocesador, el
ordenador no hace nada de nada (ni pita,
ni muestra nada por pantalla porque el
POST no se ejecuta). La comprobacion mas
rapida es sustituir el microprocesador por
otro igual o compatible con el equipo. Si el
equipo ahora funciona, el microprocesador
se puede haber “quemado”.

No olvidar echar la pasta o silicona térmica
cuando se cambia un microprocesador.

Antes hay que asegurarse de que lo que
esta fallando es la memoria. Deberiamos
sustituirla por otra y arrancar de nuevo el
PC. Si persiste el error no era la memoria.

Recuerda

Cuando un ordenador falla o no arranca, la mejor solucién es dejar el equipo con
los minimos componentes para que funcione (quitar las tarjetas de expansidn,
quitar los lectores opticos, los discos duros, si tiene varios modulos de memoria
dejar solo uno...). De esa manera podemos descartar que el error esté en alguno
de esos componentes o bien al conectarlos todos juntos.

© RA-MA
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[EIF] FALLOS COMUNES POR COMPONENTES

Fuente de alimentacion

Las fuentes de alimentacién pueden averiarse como cualquier otro
componente electréonico. En muchas ocasiones la fuente de alimentacién no
hace nada (en ese caso se suele decir que la fuente esta muerta). Otras veces,
la fuente de alimentacién tiene un comportamiento anormal llegando en
ocasiones a afectar a los componentes del equipo.

En ocasiones si la fuente de alimentacién tiene poca potencia para el
funcionamiento del equipo se pueden producir apagados y reseteos.

Existen aparatos de medicién de fuentes de alimentacién. Se conecta el
conector ATX, miden voltajes y avisan en el caso de que la fuente tenga algtin
error. Otra forma de medir una fuente de alimentacién es mediante el polimetro
(més lento pero igual de efectivo).

Fallos en la caja

La caja la verdad es que tiene pocos componentes que puedan estropearse
(botones de encendido y reset, leds, ventiladores, conectores USB y de audio).

Cuando no funcionan los botones tanto de encendido como los de reset, lo
que se puede hacer es probarlos con un polimetro. Cuando estin sin pulsarse
la resistencia de éstos serd muy alta y muy pequena cuando estan pulsados.

Los LED tienen polaridad, esto quiere decir que funcionan sélo cuando se
colocan en la posicién correcta (conector +y -), por lo tanto si se ha manipulado
el equipo y no funcionan éste puede ser el fallo.

Los ventiladores pueden dejar de funcionar porque falle el motor interno o
porque tengan mucha suciedad. Para la suciedad utilizar un spray limpiapolvo
y limpiarlos en un sitio abierto. Si se limpian en la misma sala lo que puede
pasar es que el polvo vuelva al equipo. Cuando la caja no esta muy refrigerada,
el equipo se calienta en exceso. Esto puede medirse con algun termémetro
(algunas cajas ya lo incorporan) y si se ve que la temperatura es alta se puede
colocar un ventilador adicional o cambiar el existente por uno mas potente.
En ocasiones el Unico problema es simplemente que el aire no recircula
correctamente por la caja.

375



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

Los puertos USB frontales, que son los que mas fallan. se pueden probar
conectando el cable a otros conectores USB de la placa para ver donde puede
estar el problema.

Microprocesador

Uno de los problemas que suele tener el microprocesador es el
sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento se puede medir con alguna utilidad
desde el sistema operativo o mediante la BIOS.

Los microprocesadores tienen sistemas de proteccién frente a
sobrecalentamientos los cuales hacen parar el micro antes de que tome una
temperatura excesiva.

Los sintomas cuando el microprocesador esta roto es que el equipo no hace
nada de nada, no ejecuta ni el POST, aunque estos sintomas también pueden
deberse a un fallo en la placa base o en la fuente de alimentacién entre otros.

Otros problemas que pueden afectar al microprocesador son los referentes a
su refrigeracion. Si el ventilador no gira o lo hace lentamente, el micro se vera
afectado. Igualmente, si el disipador no esta correctamente pegado al micro
también puede haber problemas.

Placa base

El problema que existe con las placas base es que cada vez ejecutan maés
funciones y tienen integrados més chips (red, sonido, video, controladoras de
discos...). Esto provoca que fallen mucho mas.

En ocasiones un fallo que parece de otro componente en realidad es un fallo
de la placa base (por ejemplo un disco, su fallo puede deberse a la controladora
de discos). También algin mal funcionamiento de la BIOS puede hacernos
pensar que la placa esta averiada (los valores por defecto y las actualizaciones
de la BIOS nos ayudaran en este punto).

a4

Recuerda
Un tornillo suelto en contacto con la placa base puede ocasionar problemas.
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Memoria

E1 POST puede detectar errores en la memoria. Cuando el POST encuentra
algun error avisara con una serie de pitidos. No obstante puede haber problemas
que deben ser chequeados con algin programa especifico el cual comprobara
todas las celdas de la memoria de una manera mas exhaustiva.

Tarjetas de expansion

Algunos de los problemas que pueden tener las tarjetas de expansién pueden
ser debidos al driver, por lo tanto antes de dar por estropeada una tarjeta de
expansién hay que actualizar el driver a la Gltima versién. Normalmente la
deteccién de los problemas en las tarjetas de expansion no es complicada pues
deja de funcionar el dispositivo en cuestién (tarjeta de red, tarjeta grafica,
tarjeta wireless, tarjeta expansora de puertos, tarjeta sintonizadora de TV...

PRACTICAS DE TALLER

COMPROBACION DE UNA TARJETA DE RED

Para la comprobacion de una tarjeta de red lo primero que hay que
preguntarse es si estan instalados los drivers de la misma en el
equipo. Hay que tener en cuenta que muchos sistemas operativos
al instalarse ya configuran las NIC con sus drivers y no es necesario
recurrir a los drivers proporcionados por el fabricante.

La herramienta que se va a utilizar es el comando ping. El comando

ping se ejecuta desde un terminal y es valido para Linux o Windows®.

Para ver la ayuda de este comando basta con teclear lo siguiente:

C:\> ping /?
O también:

C:\> ping /help
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COMPROBACION DE UNA TARJETA DE RED (CONT.)

PASO 1: Comprobacion de la direcciéon de loopback

En este primer paso se comprobara la direccion de loopback (el
propio interfaz) o 127.0.0.1

C:\Documents and Settings“JUAM CARLOS»ping 127.8.8.1
Haciendo ping a 127.8.8.1 con 32 bhytes de datos:

Rezpuesta desde 127.8.8.1: bytes=32 tiempo<im TTL=128
Rezpuesta desde 127.8.8.1: bytes=32 tiempo<im TTL=128
Rezpuesta desde 127.8.8.1: bytes=32 tiempo<im TTL=128
Rezpuesta desde 127.8.8.1: bytes=32 tiempo<im TTL=128

Estadisticas de ping para 127.8.8.1:
Pagquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = @
B¢ perdidos),

Tiempos aproximadosz de ida vy vuelta en milisegundos:
Minimo = Bms, Maximo = Bms, Media = Bms

C:“Documents and Settings“JUAN CARLOS>

Figura 6.8. Ping a la direccion de loopback.

Un tiempo de respuesta alto o una pérdida de paquetes
indicara que existe un problema.

Si en este paso tenemos problemas habria que reinstalar los archivos
que conforman la pila TCP/IP por si estuviesen dafiados o corruptos.
Antes de desechar el interfaz vale la pena comprobar esto.

PASO 2: Comprobacion de la tarjeta de red

El siguiente paso a realizar es la comprobacién de la tarjeta de red
mediante su direccidon IP. Para conocer la direccion IP de una tarjeta
de red basta con teclear el comando en un terminal de Windows®:

C:\> ipconfig /all
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COMPROBACION DE UNA TARJETA DE RED (CONT.)
O bien (en un terminal de linux):

$ ifconfig

Adaptador Ethernet Conexiones de red inalamhricas

Sufijo de conexidn especifica DHS :
i o - . N : 882.11in Wireless LAN Card
B-22-43-13-EE-CA

Direccidn

DHCP habilitad

ﬂutucunflgmaclun habilitada. . .
cidn IP .163..192

ra _de
a de enlace predeterminada

Concesién obtenida .

Concesidn expira : miércoles, 28 de octubre de 2089
53
fdaptador Ethernet Conexidn de Area local

Estado de los medios. . . .: medln_. desconectados

Descripcidn Realtek RTLBleE Family PCI-E Fast E|

hernet NIC
Direccidn fisica : BP-21-85-4D-A4-14

Figura 6.9. Resultado del comando ipconfig.

Es posible que el interfaz esté configurado para obtener una direccion
IP de forma dindmica y el DHCP o servidor encargado de servir
esta direccién no se la haya podido asignar. En ese caso el equipo
carecera de direccidén de red. Eso no quiere decir que el interfaz no
funcione, habra que comprobar otras cosas antes de completar este
paso.

En el ejemplo anterior la direccion IP es la 192.168.0.192

IC:~Documents and Settings“JUAN CARLOS>ping 192.168.8.192
Haciendo ping a 192.168.8.192 con 32 bhytes de datos:

Rezpuesta desde 192.168.8.192: bytes=32 tiempo<im TTL= 128
Rezspuesta desde i

Rezspuesta desde - - y

Respuesta desde 192.168_8.192: hyte¢—32 tiempo<{im TTL= 123

Eztadisticas de ping para 192.168.8.192:
Paguetes: enviados = 4, recibidos = 4. perdidos = 8
(@x perdidos).

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Minimo = Bms, Maximo = Bms, Media = Bms

C:\Documents and Settings*JUAN CARLOS>

Figura 6.10. Ping a la direccion IP del equipo.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPROBACION DE UNA TARJETA DE RED (CONT.)

En este caso funciona el ping a la direccién IP de la maquina, luego
se puede decir que la tarjeta aparentemente esta funcionando
correctamente. El siguiente paso seria hacer un ping a una direccién
externa a la maquina por ejemplo al propio Gateway o puerta de
enlace (direccion IP 192.168.0.1 en este caso). De esta manera se
comprobaria que el equipo puede conectarse con equipos externos.

a4

Recuerda
Una tarjeta de red con un funcionamiento incorrecto en una red de area local
puede hacer que la red no funcione correctamente.

Discos duros

Los discos duros cuentan con una utilidad de nombre SMART que
permite predecir si un disco va a fallar o si ya estd dando sintomas de un mal
funcionamiento. Para utilizar SMART en un disco duro hay que habilitarlo
en la BIOS y utilizar un programa que reciba e interprete esos valores que
dara el disco duro (tipo Smartmontools para Linux, HDTune para Windows® o
similar). También se pueden utilizar utilidades que escaneen la superficie del
disco en busca de errores, generalmente este tipo de utilidades escriben y leen
la superficie del disco como método de andlisis.

a4

Recuerda
Un ruido anormal en el disco duro generalmente es sintoma de que el disco va
a fallar en un futuro.
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La temperatura excesiva en discos evidencia que el disco puede tener
problemas en un futuro (més de 50° empieza a ser un mal sintoma). Para medir
la temperatura del disco se pueden utilizar utilidades SMART.

Los cables de conexién y la configuracién maestro/esclavo en los discos
PATA también son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar
si un disco funciona o no.

Unidades 6pticas

Las unidades 6pticas también pueden dar problemas, sobre todo las
unidades épticas de los portatiles. La mejor comprobacién es la sustitucién por
otra unidad éptica. En el caso de los equipos sobremesa una sustitucién de un
dispositivo éptico es sencilla y mas complicado es cambiarla en un portatil.

Cables de datos

Es raro que un cable se estropee salvo que se desconecte tirando de él. Los
cables PATA si suelen dar problemas pero los demés no, salvo que el conector
esté danado.

PRACTICAS DE TALLER

REALIZACION DE UN BENCHMARK A UN EQUIPO CON
HWINFO32

Una buena practica tras montar un equipo informatico o hacer una
reparacion del mismo puede ser pasarle un benchmark o una serie de

benchmark para cerciorarse de que todo funciona correctamente.
El benchmark que se le va a pasar al equipo en este caso practico

es muy sencillito y rapido pero podemos optar por hacerle pruebas
mas exhaustivas.
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PRACTICAS DE TALLER

REALIZACION DE UN BENCHMARK A UN EQUIPO CON
HWINFO32 (CONT.)

En los casos en que los errores son aleatorios o que ocurren
cuando el usuario ya lleva tiempo trabajando con el equipo vy, tras
haber descartado que el software sea el causante del mismo o la
temperatura, lo mejor es pasarle una serie de pruebas exhaustivas
por si la memoria tuviese celdas estropeadas, la placa base tuviese
algun componente averiado o el micro no estuviese funcionando
como debiera. Podemos optar por realizar un test de tortura
u otro tipo de benchmark o pruebas mas especificas. En estos
casos siempre es mejor realizar una configuracion minima con los
componentes imprescindibles y testearlos a fondo para luego ir
afiadiendo componentes y seguir testeando.

% HWiNFO32

Program Report Benchmarks Mggitorog el _
Select Benchmark(s) Te Perform, |5|

» BT
w 1 cPU
Summary  Report  Benchmal [¥] cPU Integer Benchmark

O single-threaded

= ﬁ PICHOMN [¥] CPU Floating Paint Benchrark
O central Pracessor]  [Z1CPU MMX Benchmark © Mutti-threaded
U8 Motherboard
= Memary Mernory L1510
o Bus [#] Memory Benchmark F
§ Wideo Adapter
H¥ Monitar Digk
5 Drives [#] Disk Drive Benchmark: indows ¥P Home E...
@, pudio k 3
2 Network NOTE
F Ports Please close all applications befare starting a benchmark, 05
@ Smart Battery do not move the mouse or press any keys |

Start | Cancel

HinilFO 32

Figura 6.11. Benchmark con HWiNFO32.

Para realizar el benchmark al equipo elegimos la opcién “Benchmark”
del mena principal y pulsamos “Start” con todas las opciones
activadas.

© RA-MA
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PRACTICAS DE TALLER

REALIZACION DE UN BENCHMARK A UN EQUIPO CON
HWINFO32 (CONT.)

X

HWiNFO32 Benchmark Results

Processor

FPU Benchrmarl:

CPU Benchmarlk;:

MM Benchmark:

15450
10780
14571

Compare
Compare

Compare

Merory

Transfer Speed: 1620 | MBytesfs | Compare

Disk

Read Burst Rate: B6.92

MBytes/s | Compare

Random Read: 2440 | MBytes/s | Compare

Random Access; 16.83 | ms Compare

_

’ Save Results I Close ]

Figura 6.12. Resultado del benchmark de HWiNFO32.

Este benchmark es rapido y realiza las operaciones necesarias para
recopilar los valores que luego presentara pero al menos ha hecho
una minima comprobacidén de la memoria, el procesador y el disco
duro que son los componentes basicos del equipo.
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................................................................................................................

................................................................................................................

[({7¥] LIMITACIONES DE LOS PORTATILES

Los equipos portatiles tienen muy limitada su ampliacién por las siguientes
razones:

v La pantalla es la que hay, y un cambio de la misma sin averia de por
medio casi siempre no es rentable.

v La tarjeta grafica es muy dificil de actualizar (en ocasiones imposible)

" El disco duro en la mayoria de ocasiones se reemplaza por el antiguo
resultando imposible tener méas de un disco en el equipo.

' Para la memoria hay pocas ranuras, si encima estan ocupadas lo tnico
que se puede hacer es sustituir un médulo por otro.

" Los microprocesadores también son dificiles de actualizar por no decir
la placa base. Una averia en micro o placa base muchas veces equivale
a dar por muerto el equipo.

[{7¥] AMPLIACIONES EN PORTATILES

Las ampliaciones en portatiles tienen las limitaciones descritas
anteriormente, pero en esta seccion se van a ver ejemplos practicos de algunas

ampliaciones frecuentes en equipos portatiles.
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CAS DE TALLER

SUSTITUCION DE UN MODULO RAM EN UN PORTATIL
POR OTRO DE MAS CAPACIDAD

La memoria RAM en un portatil normalmente es un componente
que esta bastante accesible. En el caso de los ultraportatiles cambia
bastante la cosa porque para hacer cualquier manipulacién dentro
del portdtil hay que abrir completamente el equipo. En este caso
practico hablaremos de la configuracion mas habitual.

Figura 6.13. Portezuela de acceso a los componentes internos del portatil.

Antes de nada tenemos que cerciorarnos de cuantos bancos de
memoria tiene el portatil y cuantos estan ocupados con mddulos de
memoria. Para eso hay que abrir la portezuela del portatil. Una vez
que sabemos estos datos hay varias opciones, completar los bancos
libres con mddulos de RAM o bien sustituir los mddulos actuales por
otros de mas capacidad.

Importante: Hay que cerciorarse que la nueva memoria a instalar es
compatible con el equipo y con la ya existente (en caso de existir).

En nuestro supuesto practico nos encontramos con un equipo que
tiene 2 bancos de memoria y 2 mddulos ocupando los dos bancos.
Se quiere hacer una sustitucion por otros 2 médulos de memoria
idénticos pero de mayor capacidad. Los pasos a seguir son los
siguientes:

Paso 1: Retirar la portezuela de acceso a los componentes
internos.

Los mddulos de memoria son facilmente identificables.
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SUSTITUCION DE UN MODULO RAM EN UN PORTATIL
POR OTRO DE MAS CAPACIDAD (CONT.)

Figura 6.14. Detalle de los médulos de memoria RAM.
Paso 2: Liberar los médulos de memoria RAM y extraerlos.

Generalmente para extraer los médulos de su banco simplemente
hay que liberar las dos pestafias que los sujetan y salen solos.

Figura 6.15. Instalacion de los nuevos modulos de memoria RAM.
Paso 3: Instalar los nuevos médulos de memoria RAM.

Si extraer los mddulos fue facil, la instalaciéon es también muy
sencilla. Basta con encajarlos en su ranura correspondiente y
presionar ligeramente para que las pestafias abracen el maddulo y lo
fijen a la placa base.

Hay que tener en cuenta que por falta de espacio hay un modulo
encima de otro, con lo que para acceder al mddulo inferior hay que
liberar el colocado en la parte superior.

Recuerda que tienes que manipular los médulos de memoria RAM
por los bordes
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CAS DE TALLER

SUSTITUCION DE UN DISCO DURO EN UN PORTATIL
POR OTRO DE MAS CAPACIDAD

El disco duro al igual que la memoria RAM normalmente estd bastante
accesible. Generalmente los portatiles tienen dos portezuelas de
acceso, una a la memoria y otros componentes internos (tarjetas
wireless, pila BIOS...) y otra para el disco duro.

Para la sustitucion del disco duro en un portatil no hay que tener
en cuenta muchas mas cosas que para un disco normal ({Es IDE o
SATA? Si es IDE ¢La configuracion de jumpers es la correcta?). En
una sustitucion tenemos ademas la ventaja de que podemos ver el
disco antiguo y tenemos las respuestas a estas preguntas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1Retirar la portezuela de acceso al disco duro. Hay que tener en
cuenta lo siguiente:

B El disco puede venir protegido con una carcasa y algun que
otro accesorio.

B No esperes encontrar un cable pues el disco puede estar
conectado encajado a su conector.

Figura 6.16. Disco duro IDE de un ordenador portdtil.
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PRACTICAS DE TALLER

SUSTITUCION DE UN DISCO DURO EN UN PORTATIL
POR OTRO DE MAS CAPACIDAD (CONT.)

Extraer el disco duro y reemplazarlo por el otro tal y como estaba.

Si es IDE mantener la configuracion de jumpers. El disco duro si
esta encajado tendra algun sistema con alguna lenglieta o parecido
para poder extraerlo sin problemas (fijarse en la lenglieta gris que
tiene el disco de la imagen anterior).

Figura 6.17. Detalle del conector IDE del disco duro.

Figura 6.18. Disco duro IDE fuera del equipo portdtil.
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PRACTICAS DE TALLER

SUSTITUCION DE UN DISCO DURO EN UN PORTATIL
POR OTRO DE MAS CAPACIDAD (CONT.)

3Vo|ver a instalar el disco duro tal y como venia instalado el
anterior.

Figura 6.19. Instalacion del nuevo disco duro.

Procura no forzar el disco cuando haya que encajarlo pues se pueden

estropear los conectores.

Por ultimo, quedaria instalar el sistema operativo, drivers y deméas

software necesario en el nuevo disco duro.
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................................................................................................................

6 7 PRINCIPALES OPERACIONES DE
. MANTENIMIENTO EN ORDENADORES
PORTATILES

................................................................................................................

Importante
Antes de abrir o manipular cualquier portatil hay que desconectar el cable de
alimentacion y la bateria (no olvidar nunca la bateria).

Las averias en los portatiles por regla general suelen ser méas caras que las
averias en un PC sobremesa. En muchas ocasiones hay que recurrir al servicio
técnico especializado y eso significa un desembolso mayor que la mayoria de
tiendas de confianza.

Los portatiles tienen una desventaja y es que en el mismo aparato esta el
monitor, teclado, pila, placa base, memoria, disco duro, tarjeta de red... Es
decir, que las posibilidades de que el equipo falle son mucho mayores al tener
los componentes agrupados.

Fallos en la alimentaciéon

® La bateria se agota en seguida. Las baterias no duran eternamente,
como las baterias de los méviles tienen una vida determinada y al llegar
un cierto tiempo dejan de funcionar correctamente. Dependiendo del
trato y del uso que se le dé pueden llegar a durar mas o menos. El
reemplazo de la bateria se puede hacer por una de la misma marca o
bien alguna compatible con un coste inferior. La duracion de la garantia
de las baterias suele ser de poco tiempo (3 meses la mayoria de las
marcas).

a4

Recuerda
Para alargar la vida de la bateria del portdtil es mejor dejarla agotarse por
completo antes de conectar el transformador a la corriente para que se cargue.
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m El transformador no funciona. En ese caso por experiencia lo mas
rentable es comprar un transformador universal. Normalmente los
transformadores tienen una luz testigo que indica si esta funcionando
el transformador o no.

Recuerda

A la hora de utilizar un cargador de portatil universal configura correctamente
los voltios y los amperios de salida. Tienen que ser los mismos que los de tu
transformador original.

Consejo
Para proteger el sistema eléctrico del portéatil trabaja siempre con la bateria
puesta. De esta forma evitaras picos, sobretensiones...

m Fallala conexion con el transformador. En ocasiones lo que falla es
la conexion con el transformador en el propio portatil. En ese caso hay
que reparar esa conexion.

(Cémo sabemos que puede ser el conector?

— El portatil funciona con la bateria pero ésta no carga.

— El transformador da corriente (lo podemos comprobar con el
polimetro).

Figura 6.20. Placa con conector hembra de Figura 6.21. Detalle del conector hembra de
corriente y demds conexiones de alimentacién asi corriente.
como puertos USB.
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En la figura anterior podemos ver una placa interna de un portatil
(vista desde arriba) que es la que tiene el conector hembra de corriente,
también se pueden observar los puertos USB y los conectores de corriente
que alimentaran a los deméas componentes del equipo. En la figura de la
derecha se puede apreciar mejor el conector hembra de corriente.

La conexién puede fallar porque un punto de soldadura del conector
se haya soltado (solucién: se aplicara ese punto de soldadura). Si el
problema es el macho o la hembra de los conectores habra que cambiar
el que esta averiado (si encontramos uno igual) o bien cambiar ambos.
Estos conectores son baratos y no es muy dificil encontrarlos. Es muy
frecuente que debido al uso estos conectores se estropeen.

a4

Consejo

En ocasiones el transformador falla porque el cable estd machacado o retorcido.
Cuando sospeches que puede ser el transformador, haz una revision de todo el
cableado del transformador, ahi podria estar el problema.

Fallos en el teclado

El teclado de los portatiles es mas fragil que un teclado normal. Ademaés
tiene la caracteristica de que debajo estan los componentes mas sensibles del
equipo (placa base, memoria, tarjetas...). Como se ha dicho en el mantenimiento
preventivo de los equipos portatiles hay que evitar que le caigan liquidos,
migas u otro producto al teclado para alargar la vida del mismo y del propio

equipo.

Si se averia el teclado puede sustituirse por otro compatible o bien utilizar
un teclado externo lo cual no suele ser muy practico.

392



© RA-MA 6 ® MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

PRACTICAS DE TALLER

SUSTITUCION DEL TECLADO EN UN PORTATIL

El principal escollo a la hora de la sustitucion del teclado en un
portatil es el acceso al mismo. Ademas de los problemas que pueda
tener el teclado por caida de liquidos o suciedad, las teclas de un
teclado son muy sensibles y si en algin momento se liberan o se
estropean sera muy dificil volver a colocarlas tal y como estaban. En
ese caso puede ser necesario cambiar el teclado.

Otra razdén por la cual cambiar el teclado es por la compra de un
teclado en otro pais y la necesidad de su utilizacion en Espaia. La
distribucion del teclado no es la misma. En el sistema operativo es
facil cambiar la distribucién del teclado a espafol pero las teclas
seguiran siendo diferentes. La solucién en este caso es el cambio
del teclado. Se sustituird por uno idéntico o alguno compatible con
el anterior.

Paso 1: El primer paso es el acceso al teclado.

Dependiendo del modelo seré facil o muy dificil teniendo en ocasiones
que desmontar gran parte del portatil.

PRESILLA

BASE

TECLADOTlevantado 90°)

Figura 6.22. Conexion del teclado de un portdtil.
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SUSTITUCION DEL TECLADO EN UN PORTATIL (CONT.)

Paso 2: Una vez accedido al mismo se procede a liberar el
viejo teclado y sustituirlo por el nuevo.

El sistema de fijacion que se muestra en la figura anterior es de
tipo presa pero puede cambiar dependiendo del modelo. La faja
o cable de datos estd sujeto al equipo mediante una presilla o
pestafia. Sacando la pestafa hacia fuera se liberara el cable de datos
y ajustandola se fijara el cable de datos.

Paso 3: El Gltimo paso consistira en volver a montar el equipo
y comprobar el funcionamiento del nuevo teclado.

Los touchpad también se averian pero suele ser menos frecuente,
normalmente son muy robustos (siempre tendremos la solucién del ratén, para
portatiles los hay de todo tipo y de todos los tamafios).

Memoria

Los problemas con la memoria son exactamente los mismos que para un
equipo sobremesa. El acceso a la memoria suele ser bastante facil salvo en los
equipos ultraportatiles o demasiado compactos en los que hay que desmontar
bastante el equipo para acceder a ella.

Unidades opticas

Las unidades épticas suelen ser mas delicadas que una unidad 6ptica
normal de 5 % dado que son mas delgadas y se llevan muchos mas golpes.
Muchas veces los errores son fallos de lectura o simplemente que no lee el
disco. En ese caso la solucion es sustituir el lector dafniado por otro compatible
con nuestro equipo.
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Disco duro

Los discos duros salvo unidades SSD suelen dar més problemas que un
disco duro de un ordenador sobremesa debido a que el ordenador se mueve,
sufre golpes, estd menos ventilado...

a4

Consejo
Si escuchas un pequefio ruido anormal cuando el disco esta funcionando puede
ser sintoma de que el disco duro no esta bien.

Aqui podemos utilizar las mismas técnicas que con un disco duro
convencional. La sustitucién de un disco duro es bastante sencilla y frecuente
en la mayoria de los portatiles. Ademaés en el mercado hay cientos de utilidades
que chequean discos duros y podemos examinarlos para ver si tienen sectores
danados. Es muy frecuente que un disco comience por algunos sectores danados
y termine por estropearse del todo.

a4

Consejo

No muevas el equipo cuando esta funcionando o durante el apagado. Es muy
comun apagar el portatil y mientras éste esta realizando la funcién de apagado
lo cogemos y lo guardamos. Esto acorta la vida del disco duro del equipo.

Placa base

Un fallo en placa base equivale muchas veces a decir adids al portatil si éste
no esta en garantia. Si el equipo ni enciende o no arranca y descartamos que
sea un problema de alimentacién, entonces hay muchas probabilidades de que
la placa base esté estropeada. Antes de sefialar como culpable a la placa base
hay que cerciorarse de que el disco duro funciona correctamente conectandolo
a un dispositivo USB. A la conclusién de que la averia estd en la placa base se
llega normalmente cuando se descarta que los demas componentes funcionan
correctamente (alimentacién, HD, memoria, micro...).
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La placa base se puede cambiar pero la pieza puede salir algo cara. En
muchas ocasiones puede ser méas barato sustituir el equipo por otro dado que
los equipos bajan de precio y aumentan sus prestaciones y ya no sale rentable
reparar el antiguo.

Fallos en la pantalla

La pantalla en un portatil es un elemento muy sensible. Las pantallas
de los portatiles son mas delicadas que un monitor LCD normal, el sistema
de retroalimentacién es mas delicado y ademaés la pantalla hace de tapa del
portatil con lo cual se suele llevar muchos méas golpes que un monitor de
sobremesa. Ademas las pantallas de un portatil suelen dar mas problemas que
una pantalla LCD normal.

1
Puede estar rota
la misma

pantalla
N 2
oseve
nada en la Puede estar
pantalla _roto el
inverter
3
Puede estar
rota la
grafica

Figura 6.23. Posibles fallos de una pantalla cuando no se ve nada en ella.

Cuando esté rota la pantalla puede ser debido a tres causas. La primera
es que esté rota la misma pantalla (el TFT), también puede tener estropeado
el inversor o inverter (es una placa que suele estar en la parte posterior de
la pantalla y se encarga de suministrar corriente eléctrica al sistema de
emision de luz de la pantalla). El inversor es menos costoso que una pantalla y
generalmente suele averiarse con mas frecuencia que la pantalla.

Figura 6.24. Inverter de una pantalla LCD.
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a4

Consejo

Si la pantalla se ve oscura o simplemente no se ve y cuando conectamos un
monitor externo éste se ve perfectamente, el problema estard seguramente
en el inverter o inversor. En otras ocasiones por culpa del inversor la pantalla
parpadea y por momentos se deja de ver.

La tercera opcién es que la tarjeta grafica esté estropeada. Normalmente
s1 conectamos un monitor externo y no se ve nada o se sigue viendo la imagen
distorsionada es muy probable que la tarjeta grafica esté danada. Muchas
veces la tarjeta grafica estd integrada en la placa base y la reparacion de la
misma pasa por cambiar la placa base completa, lo cual es costoso y en muchas

ocasiones no es rentable.

a4

Consejo

En el caso de que la pantalla esté rota, generalmente la reparacion consiste
en comprar otra pantalla totalmente nueva. Es el propio fabricante el que
suministra la pantalla (también se puede buscar alguna pantalla compatible
de coste inferior) y el precio dependera del modelo. Generalmente este tipo de
reparacion no es rentable.

También la pantalla tiene bisagras, cables de conexidén entre pantalla y
placa y éstos se pueden estropear pero es menos frecuente. Normalmente
cuando la pantalla se ve mal pero al moverla o girarla se ve bien, esto suele ser
debido a que la conexién entre la placa y la pantalla est4a fallando. Esta averia
suele repararse porque la solucién mas dréstica pasa por cambiar la pantalla
y suele ser muy caro.
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PRACTICAS DE TALLER

REEMPLAZO DE UNA TARJETA WIFI DEFECTUOSA

Tenemos un equipo con una tarjeta WIFI estropeada. Ya se han
realizado las operaciones pertinentes descartando otros posibles
fallos y se ha llegado a la conclusién de que la tarjeta WIFI ha dejado
de funcionar porque esta averiada.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1: Retirar la portezuela de acceso a la tarjeta WIFI.

TORNILLOS CONEXIONES
ANTENA

Figura 6.25. Tarjeta WIFI de un equipo portatil.

398



© RA-MA 6 ® MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

PRACTICAS DE TALLER

REEMPLAZO DE UNA TARJETA WIFI DEFECTUOSA
(CONT.)

Paso 2: Extraer la tarjeta WIFI defectuosa y reemplazar por
una tarjeta idéntica.

La tarjeta generalmente viene atornillada y sujeta a la antena
mediante dos conexiones. La antena recorre partes del ordenador
para recoger mejor la sefial. Retirar las conexiones que van fijas por
presion y los tornillos de fijacion.

100SS6Z0EL00:OVIN  BUIUD UL 9PE ;‘O
900-6£8920 V.1 90/20/90 :@3eq By ..

Figura 6.26. Detalle tarjeta WIFIL.

Paso 3: Volver a instalar la nueva tarjeta tal y como venia
instalada la anterior.
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RESUMEN DEL CAPITULO

- Factores que afectan al rendimiento o duracion dej
Técnicas de | los componentes
mantenimiento | - Mantenimiento preventivo en portatiles
preventivo - La garantia
- Consejos cuando nos encontramos con averias
Monitorizacién de la placa base

- Deteccion de averias

- Sefiales de aviso, luminosas y aclsticas

Mantenimiento

de equipos

informaticos - Fallos comunes e - Causas, sintomas y soluciones a averias
incompatibilidades - Fallos comunes por componentes

- Ampliaciones | - Limitaciones de los portatiles

de hardware Ampliaciones en los portatiles

- Principales operaciones de mantenimiento en ordenadores
portétiles

Figura 6.27. Esquema del capitulo.

En este capitulo se explican conceptos como las técnicas de mantenimiento
preventivo que son importantes en la actividad profesional de un técnico
en sistemas microinformaticos. También son de suma importancia
la detecciéon de averias, fallos e incompatibilidades en un equipo
microinformatico. En este capitulo se dan una serie de pautas para la
deteccion de averias pero como se explica en el mismo, un equipo puede
fallar por multiples causas que es imposible describir solamente en un
capitulo.

Se les ha dedicado un apartado a las ampliaciones en los portatiles. La
reparacion y ampliacién de portatiles es de suma importancia pues el
mercado de éstos esta desplazando al de ordenadores de sobremesa.
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EJERCICIOS PROPUESTOS

En los siguientes ejercicios se va a hacer una serie de manipulaciones a los
equipos. Lo ideal es que se realicen este tipo de pruebas a equipos de practicas y
que el alumno no trabaje con el equipo de trabajo.

a4

Importante

Antes de la apertura de un equipo hay que cerciorarse si el equipo esta en garantia
o no. Los fabricantes no se hacen responsables de la garantia en el caso de que un
equipo NO se haya abierto por su servicio técnico. Mejor hacer este tipo de ejercicios
en equipos que no estén en garantia.

m 1. Con el equipo desconectado de la menta el procesador. Una vez desco-

corriente abrelo y desconecta el cable
SATA o IDE del disco de sistema del
equipo. Una vez desconectado este
cable cierra el equipo y enciéndelo.
,Qué mensajes de error o sintomas
presenta?

Una vez comprobado este punto res-
taura el equipo a su configuracién
original.

2. Con el equipo desconectado de la
corriente abrelo y retira los médulos
de RAM que haya instalados en el
equipo. Una vez desconectado este
cable cierra el equipo y enciéndelo.
,Qué mensajes de error o sintomas
presenta?

Una vez comprobado este punto res-
taura el equipo a su configuracién
original.

3. Con el equipo desconectado de la
corriente abrelo y retira el conector
ATX 12V de la placa base que ali-

nectado este cable cierra el equipo y
enciéndelo. ;Qué mensajes de error o
sintomas presenta?

Una vez comprobado este punto res-
taura el equipo a su configuracién
original.

4. Con el equipo desconectado de la
corriente abrelo y retira el procesa-
dor. Una vez retirado cierra el equi-
po y enciéndelo. ;Qué mensajes de
error o sintomas presenta?

Una vez comprobado este punto res-
taura el equipo a su configuracién
original.

5. Con el equipo desconectado de la
corriente abrelo y deja s6lo un médu-
lo de memoria en tu equipo. Prueba
a arrancar el equipo con el médulo de
memoria en cada uno de los bancos
que tenga la placa base. ;Funciona
la memoria en todos los bancos?
Busca en Internet si da igual colocar
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la memoria en el banco que se quiera
para todas las placas.
Una vez comprobado este punto res-

taura el equipo a su configuracién

original.

= 6. Empareja cada error con su posi-

ble causa.

Tabla 6.4.

Mensaje por
pantalla al iniciar
el equipo: Parity

Error.

Tenemos una
BIOS AMI y
escuchamos

al encender el

ordenador 2

pitidos.

El equipo se
apaga de
repente.

El equipo
enciende pero
el monitor no

muestra nada en
pantalla.

Mensaje por
pantalla al iniciar
el equipo: No
video card found
o No monitor
connected.

Tras instalar un
nuevo disco duro,
la fuente tiene un
comportamiento

anormal. En
ocasiones

se producen

apagados y
reseteos.

La fuente tiene poca
capacidad.

El cable del monitor
al ordenador no esta
bien conectado.

Problema de
sobrecalentamiento.

Fuente de
alimentacién averiada.

Problema en el
refresco de la
memoria RAM.

El valor en la BIOS
para parada por
sobrecalentamiento es
muy bajo.

El equipo se apaga

debido a una mala
configuracién de la
BIOS al no soportar
paridad de memoria. Se
deshabilita en la BIOS y
se vuelve a arrancar el
equipo.

Mensaje por
pantalla al iniciar
el equipo: RAM
Refresh Failure.

Problema de

de repente. sobrecalentamiento.
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m 7. El microprocesador de un equipo

se calienta demasiado. Con un soft-
ware de medicién de temperaturas
se ha comprobado que funciona nor-
malmente por encima de los 80° - 90°.
Qué soluciones se pueden adoptar?

8. /Qué es la energia electrostatica?

9. Se desea cambiar el disipador y
el ventilador de mi microprocesador
porque se ha averiado. Un dia de-
j6 de funcionar y se ha comprobado
que el ventilador no funciona. En la
tienda de informA4tica hay en venta 2
disipadores, uno de aluminio y otro
de cobre con las mismas caracteristi-
cas, dimensiones y al mismo precio.
., Cudl aconseja el alumno y por qué?

10. Mi amigo Miguel que monta or-
denadores en sus ratos libres me ha
dicho que cuanta mas pasta térmica
se le ponga a un micro sera mejor
pues estara mucho méas ventilado
;Debo creerle? Si el alumno no esta
de acuerdo que lo explique razonan-
do la respuesta.
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m 11. El disco duro de un equipo ha-

ce unos ruidos que antes no hacia.
;Qué puede estar pasando? Razona
tu respuesta.

12. En la oficina de Raul que es
fumador siempre hay mucho polvo
porque hay reformas en el edificio.
;Qué consejos le puedes dar para
que los equipos se conserven lo me-
jor posible?

13. Maria es nueva en esto de la
informéatica y se ha comprado un
portatil. Puedes darle uno o mas
consejos con respecto a la bateria
del equipo pues dice que no sabe si
tiene que tenerla siempre enchufa-
da o desconectada. También explica
las caracteristicas que tienen las
baterias de los portatiles y aconsé-
jale cudl seria la mejor opcién dado
que ella es representante y trabaja
fuera de casa.

14. Acabo de montar un equipo.
Dime 7 cosas que deberia verificar
antes de poner el equipo en mar-
cha.

15. El equipo no arranca. ;Cémo
puedo verificar si lo que esta estro-
peado es la fuente de alimentacién?

16. Mi equipo al arrancar da 2 piti-
dos largos y 1 corto antes de arran-
car. ;Qué puede estarle pasando?

17. Qué es més seguro frente a gol-
pes. (Una unidad SSD o un disco
duro?

18. Quiero ampliar la memoria y la
capacidad del disco duro de mi equi-
po pero no sé nada de informatica.
;Qué posibilidades hay si me gus-
taria conservar el disco y memoria
que ya tiene?

19. El equipo con el que trabajo
esta en un mueble. El equipo cabe
justo en el hueco del mueble que
esta también pegado a la pared. El
equipo se apaga muchas veces y mi
vecino que ha estudiado un ciclo de
grado medio de informética me ha
dicho que puede ser por la falta de
ventilaciéon de la caja (Es eso cier-
to o puede deberse a otros factores?
;,Como puedo comprobar si ésto es
cierto?
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TEST DE CONOCIMIENTOS

1 Elige la respuesta falsa:

a) Un benchmark es una técnica o
programa para medir el rendi-
miento de un sistema.

b) El cristal de silicio es un conduc-
tor con una estructura tetraédri-
ca parecida a la del carbono.

¢) El checksum es conocido también
como suma de verificacion.

2 Elige la respuesta verdadera:

a) El mantenimiento preventivo se
anticipa a los fallos que puedan
ocurrir en el hardware.

b) Los microprocesadores son los
elementos que menos se calien-
tan en un equipo informaético.

¢) Reducir la tecnologia de fabrica-
cion permite reducir el voltaje.

8Elige la respuesta falsa:

a) En practicamente la mayoria de
las placas base, la BIOS ofrece
funciones de monitorizaciéon del
procesador.

b) El conector ATX 12V de 8 con-
tactos y el PCle de 6+2 contactos
son compatibles.

¢) Los dos sitios mas peligrosos a la
hora de la manipulacién son el
interior de la fuente de alimenta-
cion y el interior del monitor.

4Elige la respuesta falsa:

a) La solucién mas barata contra el
calor es la disipaciéon del calor de
los microprocesadores a base de
disipadores y ventiladores.

b) Si un equipo se apaga de repente
es seguro que el microprocesador
esta roto.

¢) Siempre es mejor (y a veces mas
rapido) utilizar herramientas de
diagnostico tipo parted magic,
hdtune, test de tortura... antes
que manipular el equipo.

5Elige la respuesta falsa:

a) Si el equipo no enciende, siempre
es porque la fuente de alimenta-
cién esta averiada.

b) De acuerdo con la ley, en los equi-
pos electrénicos la duracién mini-
ma de la garantia deberia ser de
2 anos.

c¢) Nunca hay que manipular el
equipo con el cable de alimenta-
cién enchufado.

6Elige la respuesta falsa:

a) Normalmente los equipos estan
disefiados para trabajar con un
grado alto de humedad.

b) Las alfombras, moquetas o suelos
plasticos como vinilos aumentan
la carga electrostatica de las per-
sonas.

© RA-MA
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¢) Mientras maés funciones realice
una placa base, existirdn menos
posibilidades de que falle.

7Elige la respuesta falsa:

a) Algunos de los problemas que
pueden tener las tarjetas de ex-
pansién pueden ser debidos al
driver.

b) La energia estatica se acumula
en el cuerpo humano.

¢) Es un mito bastante extendido el
que la temperatura excesiva en
discos evidencia que el disco pue-
de tener problemas en un futuro.

8Elige la respuesta falsa:

a) E1 POST no puede detectar erro-
res en la memoria pero si en la
placa base o tarjeta grafica.

b) El calor no sé6lo destruye los chips
y microprocesadores, también
otros elementos como los discos
duros mecdanicos sufren debido al
exceso de temperatura.

¢) No hace falta que la bateria del
portatil se descargue completa-
mente, algunas baterias de ION-
litio pueden estropearse si se
quedan durante mucho tiempo
sin carga.

6 ® MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMATICOS

9Elige la respuesta falsa:

a) Hay muchos componentes o mo-
delos de equipos que presentan
los mismos fallos.

b) No es posible que una tarjeta de
red con un funcionamiento inco-
rrecto en una red de area local
haga que la red no funcione co-
rrectamente.

¢) La silicona es mucho menos con-
ductiva que el cobre y por tanto
si se pone mucha el microproce-
sador se calentara mucho mas.

1 OElige la respuesta falsa:

a) Es imposible predecir si un disco
va a fallar pero si es posible saber
mediante una utilidad de nombre
SMART si ya estd dando sinto-
mas de un mal funcionamiento.

b) E1 problema con respecto a los
dispositivos electrénicos es que el
polvo depositado hace que dismi-
nuya la refrigeracién de los com-
ponentes.

c) El corazén del micro estd com-
puesto de cristal de silicio y éste
puede llegar a romperse a tempe-
raturas extremas.

405



Medicion de
parametros

eléctricos,

prevencion laboral y

v

Objetivos del capitulo

Aprenderas conceptos de
electricidad basicos que son
necesarios para comprender
los parametros eléctricos de los
equipos.

Conoceras el consumo de los
diferentes equipos electrénicos y
normas para evitar el consumo
innecesario de energia.

Conoceras como afecta el
mundo de la informatica al
medio ambiente. Conoceras los
componentes nocivos para el
entorno y te ayudara a tener
una conciencia mas ecoldgica de
la informatica.

Aprenderas que se puede
trabajar igual pero consumiendo
mucha menos energia, lo cual
redunda positivamente en el
medioambiente.

Aprenderas a medir algunos
parametros eléctricos y
conoceras como funcionan
algunos dispositivos como
los sistemas de alimentacién
ininterrumpida.
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7 = MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS,...

........................................................................................................

1 CONCEPTOS IMPORTANTES
DEL CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

AC. Corriente alterna

Burnout. Sindrome del trabajador quemado. Es un tipo de estrés
prolongado por hacer una serie de esfuerzos en los que la persona no
encuentra ninguna satisfaccién personal.

CC. Corriente continua.

CO,. Di6xido de carbono. Este gas junto con otros son los responsables
del calentamiento global de la atmésfera.

CPD. Centro de Proceso de Datos. Lugar o instalacién donde se
procesan gran cantidad de datos. Esta instalacion cuenta con equipos
potentes (servidores, workstations...), buenas comunicaciones e
infraestructuras.

DC. Corriente continua.

Emisiones de efecto invernadero. Estos gases absorben parcialmente
las emisiones infrarrojas de la tierra reemitiéndolas de nuevo a la
superficie, lo que provoca un sobrecalentamiento de la misma.

GND. Ground (tierra). Conexion a tierra.

Granja de servidores. Grupo de servidores los cuales realizan una
serie de funciones relacionadas. Normalmente estdn ubicados en una
misma localizacién como un CPD o sitio analogo.

HUB. Dispositivo que permite interconectar varios equipos. Cuando
recibe un paquete de datos lo retransmite a los demés nodos.

Logout. Salida del sistema.
Material conductor. Material que conduce la energia eléctrica.

Mobbing. También llamado acoso laboral.
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B Pentium MMX. Procesador Pentium que ejecuta instrucciones MMX
que son instrucciones que mejoran el rendimiento multimedia del
sistema.

m PPM. Paginas por minuto.

m Switch. Elemento més complejo que un hub. Realiza la interconexién
de redes pero en la capa OSI 2 (enlace de datos) mientras que los hub lo
realizan en la capa 1 (fisica).

B Virtualizacion. Las maquinas virtuales son fruto de la virtualizacién.
La virtualizacién consiste en emular via software el comportamiento de
un equipo hardware. De esa manera podemos tener uno o varios Linux
corriendo sobre Windows® y viceversa.

B Workstation. Se suele denominar a equipos que tienen méas potencia
que un equipo normal pero no llegan a tener las caracteristicas de un
servidor, es mas, hay algunas estaciones de trabajo que pueden tener
mas capacidad de procesamiento que un servidor pequeno.

................................................................................................................

7 MEDICION DE
. PARAMETROS ELECTRICOS

................................................................................................................

72F2] CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD

Tension eléctrica

Potencial eléctrico negativo Potencial eléctrico positivo
(exceso electrones) (falta de electrones)
&) @ 2 &
® 09 ® ®@®
Qo0 @@ Pgp
&) ®
e®
&) © @ . @
) & ®a*

Figura 7.1. Potenciales eléctricos negativos y positivos.
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Cuando se ponen en contacto dos cuerpos con distintas cargas (positiva
y negativa) se produce un paso de electrones desde el cuerpo mas cargado

negativamente (con mas electrones) al cuerpo méas cargado positivamente
(falta de electrones).

Potencial eléctrico negativo Potencial eléctrico positivo
{exceso electrones) (falta de electrones)
@ &
se2 2=
@ o o% e D PG
@ -
P e ®
@ e @® @

Figura 7.2. Contacto de potenciales eléctricos negativos y positivos.

Los electrones van fluyendo desde el cuerpo cargado negativamente hasta
el cuerpo cargado positivamente hasta que las cargas entre ambos cuerpos se
igualan. Llegados a ese punto cesara la circulacién de corriente.

Q@Q @@%Q
e %P
e 29 e 29
e ®g o ®g

Figura 7.3. Contacto de potenciales eléctricos negativos y positivos (estado final).

Voltaje (V)
V' La diferencia de potencial se llama también voltaje o tension.
+ La unidad es el voltio y se representa con la letra V.

v El voltaje se puede medir con un aparato llamado voltimetro.

Intensidad (1)

" Es la cantidad de corriente (electrones) que pasa por un conductor por
unidad de tiempo.

v Se mide en amperios y se representa con la letra I.
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Resistencia (R)

 La resistencia es la dificultad u oposicién que presenta un material al
paso de la corriente eléctrica.

" La unidad es el Ohmio y se representa por la letra omega mayuscula

Q.

V' La resistencia se puede medir mediante un aparato llamado ohmimetro
u 6hmetro.

Materiales aislantes y materiales conductores

Figura 7.4. Cinta aislante.

Los materiales aislantes impiden el desplazamiento de electrones en su
interior y por tanto la corriente eléctrica. El material aislante méas utilizado
es el plastico.

Por el contrario, los materiales conductores permiten un paso de electrones
en su interior cuando en un extremo y otro hay una diferencia de potencial
(tensidn eléctrica). Los metales son materiales muy conductores, en especial la
plata es el mas conductor. También el cobre es muy utilizado por su relacién
propiedades/precio.

Potencia
' La potencia es la energia consumida.
' Se mide en watios.

" La potencia se representa con la letra P y los watios, vatios o watts con
la letra W.
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Recuerda

La potencia es la velocidad con la que se consume la energia. Al igual que los
coches que consumen X litros de combustible a los 100, los equipos electronicos
consumen X watios a la hora.

Corriente continua y corriente alterna

La corriente continua es un flujo continuo de electrones de un lado a otro
con un sentido determinado. Ese flujo ira del polo negativo al polo positivo.

L

O o0 0O O

\

....(:j...’-

Figura 7.5. Esquema de funcionamiento de una pila.

Por el contrario la corriente alterna funciona de una manera diferente:

Varia su valor desde 0 a un valor méximo y luego disminuye hasta llegar
a 0.

Posteriormente cambia de sentido y decrece desde 0 hasta un valor
minimo y aumenta hasta llegar a 0.
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Graficamente se ve esto en la siguiente figura:

Voltaje
[

-

Tiempo

Figura 7.6. Grdfica de la corriente alterna.

Dada la grafica anterior es facilmente entendible que se represente la
corriente alterna con el simbolo ~.

Los equipos necesitan corriente continua para trabajar.

Energia estatica

La energia estatica se produce cuando se acumulan cargas eléctricas en
un objeto. Por ejemplo, cuando se frota la lana contra el plastico se liberan
electrones y como no tienen donde irse se concentran ahi hasta que mediante
un material conductor (metal) encuentran camino a tierra.

a4

Recuerda

Prueba a frotar una regla de plastico contra tu jersey de lana (o contra algun
material parecido). Una vez bien cargada intenta atraer pequefos papelitos de la
mitad del tamafo de una ufa tuya. Veras cdmo se quedan pegados a la regla.

La energia estatica puede ser nefasta en el momento del ensamblado de un
equipo, dado que una descarga puede hacer que se estropeen los componentes.
Hay que descargarse bien antes de realizar cualquier operaciéon de ensamblado
0 mantenimiento de un equipo tocando objetos metalicos como la carcasa del
equipo, un radiador o cualquier otro objeto metdlico que haga contacto con el
suelo.
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PRACTICAS DE TALLER

ENTENDER LAS CARACTERiS,TICAS ELECTRICAS DE UN
TRANSFORMADOR DE PORTATIL

Voltaje entrada

Intensidad entrada

Frecuencia entrada

Voltaje salida

Intensidad salida

Figura 7.7. Detalle del transformador de un portatil.

Las dos lineas que nos muestran los parametros eléctricos del
transformador son las siguientes:

B AC Input: 100-240 V~, 2 A, 50-60 Hz
B DC Output: 19V, 3,42 A

En la primera linea:
B AC Input (AC = alternating current): Entrada de corriente
alterna.

B 100-240 V: Es el voltaje permitido de entrada, de 100 a 240
Voltios. El voltaje en Espafia es de 220 Voltios.

~ : Es el signo ya visto de la corriente alterna.

2 A: Intensidad de entrada 2 Amperios

50-60 Hz: Es la frecuencia de entrada en hercios. En Espafia la
frecuencia de la corriente eléctrica es de 50 Hz.

En la segunda linea:

m DC Output (DC = direct current): Salida de corriente
continua.

m 19 V: Es el voltaje de salida, 19 Voltios.
m 3,42 A: Es la intensidad de salida 3,42 Amperios.
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EL MULTIMETRO O POLIMETRO

Qué es un polimetro o multimetro

Figura 7.8. Multimetro.

Un multimetro o polimetro es un instrumento de medida con el cual podemos
medir entre otras:

Voltaje en corriente continua y alterna (voltimetro)
Intensidad en corriente continua (Amperimetro)
Resistencia (Ohmetro)

Probar diodos y transistores

Probar la continuidad de un circuito

Como funciona el multimetro

Medicion Voltaje
(corriente alterna)

Medicién Voltaje B
(corriente continua) ”“”":Y r/
600 I~

Medicién Intensidad
(corriente continua)

Medicién
Resistencia

Prueba de continuidad

Figura 7.9. Detalle del conmutador rotativo de un multimetro.
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B Medir voltajes

Figura 7.10. Conexién de las puntas al multimetro.

1 Hay que colocar las puntas en los terminales correspondientes.

Colocar el conmutador rotativo en el rango adecuado a la tensiéon que se
zva a medir (si se desconoce el valor de tension a medir, se recomienda
comenzar por el valor mas alto del conmutador e ir bajando las escalas hasta
conseguir un valor de lectura en pantalla. No olvidar desconectar las puntas
en cada cambio de escala).

8Conectar las puntas al circuito o fuente sometido a prueba.

4Cuando el aparato indique que se esta fuera de rango subir al rango
superior.

5Tener en cuenta las polaridades cuando se estan efectuando mediciones en
corriente continua.

B Medir resistencias

1 Hay que colocar las puntas en los terminales correspondientes.

Asegurarse que el circuito no estd alimentado y los condensadores estan
descargados.

Colocar el conmutador rotativo en el rango adecuado a la tensién que se
8va a medir (si se desconoce el valor de tensién a medir, se recomienda
comenzar por el valor més alto del conmutador e ir bajando las escalas hasta
conseguir un valor de lectura en pantalla. No olvidar desconectar las puntas
en cada cambio de escala).
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4Conectar las puntas al circuito o fuente sometido a prueba.

5Cuand0 el aparato indique que se esta fuera de rango subir al rango
superior.

( ;Tener en cuenta las polaridades cuando se estan efectuando mediciones en
corriente continua.

B Medir intensidades en corriente continua.

a4

Recuerda

Para medir intensidades: En vez de conectar el multimetro en paralelo como
anteriormente, ahora hay que abrir el circuito. Hay que desconectar algin
cable para intercalar el multimetro en SERIE y asi de esa forma la intensidad
circulara por dentro del multimetro.

Figura 7.11. Puntas de un multimetro.
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]. Hay que colocar las puntas en los terminales correspondientes.

200100&1‘ el conmutador rotativo en el rango adecuado a la tensién que se
va a medir (si se desconoce el valor de tensién a medir, se recomienda
comenzar por el valor més alto del conmutador e ir bajando las escalas hasta
conseguir un valor de lectura en pantalla. No olvidar desconectar las puntas
en cada cambio de escala).

8C0nectar las puntas EN SERIE al circuito o fuente sometido a prueba.

4Cuand0 el aparato indique que se esta fuera de rango subir al rango
superior.

5Tener en cuenta las polaridades cuando se estan efectuando mediciones en
corriente continua.

Consejos para un uso correcto

" No tocar las puntas metdlicas al hacer mediciones.
" No exceder los margenes indicados para cada valor de escala.

" Regular la funcién y el rango a valores apropiados en concordancia con

las mediciones.
Desconectar las puntas antes de cambiar la escala.
No realizar pruebas de resistencias en circuitos alimentados.

v No realizar medidas de capacidades sin comprobar antes que el

condensador esta descargado.

" No utilizar el multimetro con las manos mojadas o en un ambiente muy

humedo.
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MEDIR EL VOLTAJE DE SALIDA DE UN TRANSFORMADOR
DE PORTATIL

1Antes de realizar la lectura hay que averiguar cual es el voltaje de
salida del transformador.

Por la informacién “DC Output: 19V" ya se sabe que el voltaje de
salida es de 19 Voltios.

21nsertar las puntas negra y roja en los terminales COM y VQMa.

Figura 7.12. Configuracion de las puntas del multimetro.

Colocar el conmutador rotativo en el rango adecuado a la
tensién.

BACK LIGHT ‘
600 OFF 600~ V~

\200 i

2004

Figura 7.13. Posicion del conmutador rotativo.

En nuestro caso 20 voltios en corriente continua puede ser suficiente,
de todas formas es posible que si el voltaje supera esa cantidad nos
aparezca un “1” en pantalla avisando que se esta fuera de rango y
hay que pasar al nivel superior “200V".

© RA-MA
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PRACTICAS DE TALLER

MEDIR EL VOLTAJE DE SALIDA DE UN TRANSFORMADOR
DE PORTATIL (CONT)

4Enchufar el transformador y medir la tensién.

Figura 7.14. Medicion del voltaje ayuddndose de un clip.

Para medir el voltaje hay que ayudarse de un clip u otro objeto
metalico.

Figura 7.15. Resultado de la medicién del voltaje.

En este caso aparece un valor ligeramente superior al valor de
referencia del aparato lo cual puede darse por bueno. Los valores
medidos suelen ser aproximados y es comuUn que varien ligeramente
por encima o por debajo del valor de referencia.
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................................................................................................................

7 LA FUENTE
. DE ALIMENTACION

................................................................................................................

¥ QUE ES UNA FUENTE DE ALIMENTACION

La fuente de alimentacién transforma la corriente alterna de la red en
corriente continua que es la que soporta un PC.

Figura 7.16. Fuente de alimentacion.

Una fuente de alimentacién realiza los siguientes procesos:

Figura 7.17. Esquema de funcionamiento de una fuente de alimentacion.

B Transformacion. Reduce la tensiéon de entrada a la fuente de
alimentacién mediante un transformador.
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B Rectificacion. Se transforma la corriente alterna en corriente continua
mediante el puente rectificador o de Graetz. De esta manera el voltaje
siempre va a ser mayor que 0.

m Filtrado. En este paso tenemos ya la corriente continua, pero no es
constante. En esta fase de filtrado se aplana la sefial eliminando las
oscilaciones con uno o varios condensadores. De esta manera se suaviza
la senal.

m Estabilizacion. En la fase de estabilizacién lo que se consigue mediante
un regulador es que no le afecten a la senial de salida las variaciones de
la sefial de entrada a la fuente.

7ZEI¥] TIPOS DE FUENTES DE ALIMENTACION

Las fuentes que se utilizan en la actualidad son las fuentes ATX. Las
fuentes anteriores AT son muy antiguas y solo se encuentran equipos con
procesadores anteriores al Pentium MMX.

Las dimensiones de las fuentes estandar para equipos son:
® Ancho 15 cms
® Fondo 14 cms

m Alto 8,6 cms

8,6 cms

14 cms

15 cms

Figura 7.18. Dimensiones de una fuente ATX.

Existen fuentes con dimensiones mas reducidas pero resultan mucho mas
caras, con lo cual hay veces que en vez de cambiar la fuente de alimentacién
hay que plantearse el cambio de caja y fuente al salir mas econémico. En
ocasiones es dificil encontrar un repuesto salvo que lo podamos conseguir desde
el mismo fabricante.
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a4

Sabias que

Las nuevas fuentes de alimentacion vienen equipadas con ventiladores cada
vez mas silenciosos. Son ventiladores mayores que evaclan el mismo aire pero
dando menos vueltas.

Algunas caracteristicas de una fuente de alimentacién

v PFC (Power Factor Correction). Factor de correccién de potencia. Todas
tienen PFC pero puede ser activo o no activo. Las fuentes con active PFC
(activo) son mas eficientes (95% o superior) y la calidad de la corriente es
mejor, asi como reduce la emisién de interferencias electromagnéticas.

v Eficiencia. Normalmente la eficiencia la da el fabricante en %. Mientras
mas eficiente sea la fuente de alimentaciéon mejor. Mas de un 80% o 90%
suelen ser valores aceptables.

v Nivel de ruido. Cuanto menor sea el nivel de ruido mejor sera la fuente.
Las fuentes silenciosas tienen unos ventiladores de mejor calidad y de
ahi su bajo nivel sonoro.

v Conectores SATA. Cuantos mas conectores SATA traiga la fuente
mejor. De esa forma no habra que utilizar adaptadores. Actualmente
todos los discos duros y lectores 6pticos son SATA.

" Single Fan, Dual Fan... Ntimero de ventiladores que tiene la fuente de
alimentaciéon. A mayor numero de ventiladores mas refrigerada estara.

a4

Recuerda
Las fuentes que no especifican PFC activo es porque no lo son (son PFC no
activo). Las fuentes con PFC activo son mucho mas caras y de mejor calidad.
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Conectores ATX de las fuentes de alimentacién
Existen dos tipos de conectores:
m ATX. Conector de 20 pines.

m ATX 2.2. Conector de 24 pines.

Figura 7.19. Conector hembra ATX.

m Conector ATX 12V con 4 y 8 pines

Figura 7.20. Conector ATX 12V de 8 pines.

Las placas base que funcionan con conectores ATX de 24 pines suelen
admitir conectores de 20 pines siempre que estén conectados por los pines 1
y 13.

Las fuentes de alimentacién ademas de con el botén de encendido también
pueden activarse mediante el médem o la tarjeta de red.

a4

Recuerda

No confundas un conector 24+4 con uno 20+4. El conector extra de 4 pines de
12 voltios es para alimentar al micro mientras que esos 4 pines extra son para
reforzar voltajes que suelen utilizar algunos componentes.
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Colores de los cables y tensiones

El color de los cables de los conectores ATX de 24 pines es el que se muestra
en la siguiente figura.

1 13
+3.3VDC N N | +3.3VDC
+ 3.3VDC N @ -12VDC o AZUL
GND |@ | @] GND ® RroJo
+5VDC | @ | ¥ | PS_ON N) NARANJA
GND | @ | @] GND V) VERDE
+5VDC 1@ | @] GND G GRIS
GND | @ | @] GND [} VIOLETA
PWwR oK | 6 |O] NC(5v) A AMARILLO
+3VSB | | @ | +5vDC @ n:ecroO
+12VDC | A | @ | +5VvDC O sLANCO
+12vbc | A | @ | +5vDC
+33vDc |® | @| oND

12 24

Figura 7.21. Tensiones del conector macho ATX de 24 pines.

Como se puede observar en la figura siguiente, el conector ATX de 20 pines
es igual que el de 24 nada mas que al primero se le anadieron 4 pines mas, uno
de cada voltaje(12 voltios, 5 voltios, 3,3 voltios) y uno de masa.
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1 1
+33VDC | W | @™ | +3.3VDC 0 20
+ 3.3VDC N Q -12VDC @ ROJO
GND | @ (@] GND ) NARANJA
+5voc [ @ [ @ | Ps_on =
6ND [@ [ @] GND S s
*3VDC 1@ (@] cND [} VIOLETA
GND | @ [@ ] GND A AMARILLO
PWR OK | 6 |O] NC(5v) ® nccro
*3VSB @ [@] +5vDC (O BLANCO
+12VvDC | A |@ | +5VDC
10 20

FALLOS EN LAS FUENTES DE ALIMENTACION

Sabias que
Un fallo en la fuente de alimentacién puede danar los componentes del equipo.
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Fallos comunes

a4

Importante
Nunca manipules una fuente de alimentacion conectada a la corriente.

Los fallos mas comunes en la fuente de alimentacién son:

v La fuente deja de funcionar. El ordenador no enciende y cuando se
prueba la fuente de forma aislada no da signos de vida.

" La fuente deja de suministrar tensiones correctas. Este fallo es mucho
maés dificil de localizar. Lo grave del mismo es que puede daiar los
componentes del equipo (memoria, placa, micro, disco duro...). Se puede
testear el funcionamiento correcto por software (Everest, Hardinfo...) o
mejor por hardware (tester de fuentes de alimentaciéon o multimetro).

El origen de los fallos en una fuente de alimentacién, entre otros, puede
ser debido a:

S
s

{

Figura 7.23. Fusible.

® La sobretensién. La sobretension normalmente lo que provoca es una
rotura de la fuente de alimentacién que en algunos casos simplemente
se funde el fusible de seguridad (Este fusible puede ser sustituido y la
fuente puede seguir funcionando). En otras ocasiones la averia puede
ser mas grave llegando a dafiar componentes del equipo.

B Exceso de temperatura. El exceso de temperatura puede deberse entre
otras cosas al mal funcionamiento del ventilador, obstaculos en la
entrada y salida de aire de la fuente o la acumulacién de suciedad y
polvo.
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a4

Sabias que

Los condensadores de una fuente de alimentacion almacenan energia incluso
después de estar apagada. No intentes tocarlos salvo que la fuente lleve mucho
tiempo apagada.

a4

Consejo
Cuando se estropea una fuente de alimentacidn la solucidn casi siempre pasa por
cambiarla (salvo que sea de calidad y muy cara y merezca la pena repararla).

PRACTICAS DE TALLER

PRUEBA DEL VENTILADOR EN UNA FUENTE DE
ALIMENTACION

Esta prueba no sirve para ver si la fuente de alimentacion funciona
correctamente, para ello deberiamos verificar las tensiones. Esta
prueba nos servira para ver si la fuente no estd muerta y en ese caso
le podriamos echar la culpa de un mal funcionamiento del equipo
a otro componente (micro, placa...). En muchas ocasiones cuando
no se enciende el equipo es una forma rapida de encontrar el fallo
(fuente rota).

]_ Desconectar la fuente de la corriente

Siempre hay que manipular los equipos con la fuente desconectada
desconectando el cable de corriente y el botén de encendido si
tiene.
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PRACTICAS DE TALLER

PRUEBA DEL VENTILADOR EN UNA FUENTE DE
ALIMENTACION (CONT)

2Puentear la fuente de alimentacion

Con un clip u otro objeto hay que puentear el cable verde (PS_ON)
con cualquier negro (GND) como se muestra en la figura.

Figura 7.24. Puenteo del conector macho ATX.

8Conectar la fuente de alimentacion

Conectar el cable de alimentacion y pulsar el boton de encendido.

Figura 7.25. Encendido de la fuente de alimentacion.

En este momento pueden pasar dos cosas:

B El ventilador da vueltas. Esto quiere decir que es posible que la
fuente esté funcionando correctamente.

m El ventilador no funciona. Signo de que la fuente esta averiada.
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PRACTICAS DE TALLER

TESTEO DE LAS TENSIONES EN UNA FUENTE DE
ALIMENTACION

Este ejercicio va a servir para comprobar que la fuente de alimentacién
que se va a comprobar proporciona los voltajes esperados. Para ello
se va a utilizar un polimetro y algun clip para puentear la fuente. La
fuente tiene que estar funcionando para poder medir los voltajes.

]_ Desconectar la fuente de la corriente.

Siempre hay que manipular los equipos con la fuente desconectada
desconectando el cable de corriente y el botén de encendido si
tiene.

2Puentear la fuente de alimentacion.

Con un clip u otro objeto hay que puentear el cable verde (PS_ON)
con cualquier negro (GND).

3Conectar la fuente de alimentacion.

Conectar el cable de alimentacién y pulsar el botén de encendido.

4Conectar y configurar el polimetro.

Colocar las puntas en la posicion correspondiente y el conmutador
rotativo en el rango adecuado a la tensidon que en este caso seran
20 Voltios en corriente continua pues el valor maximo que se va a
medir son 12 voltios.

600 OFF  goo

200 ,, \zeo A,

Ty

Q 200k

‘CEJFV

Figura 7.26. Detalle de la configuracién del rotor conmutativo.
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TESTEO DE LAS TENSIONES EN UNA FUENTE DE
ALIMENTACION (CONT)

En nuestro caso 20 voltios.

5Medir los voltajes.

Hay que medir los voltajes colocando la punta negra en el cable
negro del conector ATX y la punta roja en el cable que se quiere
testear. Una vez testeado cumplimentar la siguiente tabla:

Tabla 7.1.

Cable color Valor medido

Naranja
Azul
Rojo

Blanco

Morado

Amarillo

El voltaje a veces no es exacto al valor de referencia pero tiene que
ser muy parecido. Si los voltajes medidos son muy diferentes al de
referencia o fluctian la fuente podria estar averiada.

a4

Recuerda

Para medir los voltajes de una fuente de alimentacién de una forma rapida
existen tester que permiten insertar en ellos todos los conectores ATX de 24
y 20 pines, molex o conector de alimentacion SATA y realizan de una manera

rapida y sencilla la comprobacion (incluso informando mediante LEDs verde/rojo
su funcionamiento).
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................................................................................................................

7 SISTEMAS DE ALIMENTACION
. ININTERRUMPIDA

................................................................................................................

QUE ES UN SAI (SISTEMA DE ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA)

Un SAI o Sistema de Alimentacién Ininterrumpida como su nombre indica
lo que va a proporcionar a los equipos que estan conectados a él es energia
cuando existe un corte en el suministro eléctrico. También los SAI tienen
reguladores y rectificadores de tensiéon para poder proteger al equipo de las
subidas y bajadas de tensién que se producen en la red.

Figura 7.27. 2 SAI Inline paralelos junto a un generador.

({Cuando debemos instalar un SAI?

Un SAI se puede instalar siempre. No obstante est4 altamente recomendado
en aquellas empresas que trabajan con un volumen alto de informacién y un
corte de electricidad repentino podria hacer que se perdiese esa informacién
de manera irrecuperable.
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(En qué equipos debemos instalar un SAI?

Figura 7.28. Granja de servidores. Fuente sfllaw.

Aunque siempre viene bien instalar un SAI en todos los equipos, normalmente
por cuestiones econémicas se suelen instalar en servidores. Sobre todo si estos
servidores trabajan las 24 horas al dia. En ese caso tanto los datos como el
servicio que esté realizando nunca se llegaran a perder.

a4

Imagina
Si el servidor de una empresa que se dedica a vender material informatico por
Internet sufre un apagén, las consecuencias para ella podran ser:
1. Se queda sin vender productos durante el tiempo que el servicio no esté
disponible.
2. Puede perder datos de pedidos y tener problemas con clientes.
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En los equipos domésticos también se puede instalar un SAI, pero un corte
de corriente no es tan grave como en una empresa.

Dependiendo del nimero de equipos y el tiempo que vayan a ser alimentados
se necesitara un SAI de mayor o menor potencia. Un SAI cuando hay un
corte de suministro funciona como una pila, por lo tanto cuantos mas equipos
conectemos al SAI, menos tiempo de bateria podra proporcionar.

7/L%¥) DEFECTOS DE LA SENAL ELECTRICA

Una senal eléctrica de calidad es aquella que es generada con el formato
mas parecido a lo que tedéricamente es una senal perfecta. Esto no siempre
es asi, no siempre la senal eléctrica es perfecta y por lo tanto se utilizan
entre otros sistemas los SAI, los cuales son un elemento auxiliar que permite
obtener una sefial de calidad cuando la sefial de la red sufre algin tipo de
problema. Dependiendo del problema que sufra esta sefial y su magnitud las
consecuencias seran unas u otras para los equipos electrénicos.

Algunos de los problemas que puede experimentar la sefial son los
siguientes:

B Interrupcion o corte de energia

Figura 7.29. Interrupcion o corte de energia.

Caida de la energia por debajo de un 10% causada por multiples factores
(rotura de cables o fusibles, trabajos de mantenimiento y reparacién de
la compania de electricidad...)
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Microcortes del voltaje

Figura 7.30. Microcorte de energia.

Son caidas muy breves del suministro eléctrico. Pueden ser causadas
por ejemplo por las propias centrales de distribucién eléctrica.

Bajo voltaje momentaneo

Figura 7.31. Bajo voltaje momentdneo.
Son maés frecuentes que los cortes de energia. Es cuando la bajada de

tensién se sitia entre el 10 y el 90%. Muchos aparatos eléctricos no
estan preparados para funcionar con estos niveles de energia.

Bajo voltaje permanente

Figura 7.32. Bajo voltaje permanente.
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Es una disminucién del voltaje por debajo del 90% del valor nominal
durante mas de un minuto. Hay veces que la propia compania eléctrica
disminuye el voltaje a propésito para poder satisfacer la demanda.

Solucioén: Utilizar un estabilizador de voltaje.

Sobrevoltaje momentaneo

Figura 7.33. Sobrevoltaje momentdneo.

El sobrevoltaje momentdneo se produce cuando se aumenta méas de un
110% el voltaje frente al valor nominal. Es menos frecuente que ocurra
que el bajo voltaje momentaneo.

Solucioén: Utilizar un estabilizador de voltaje.

Sobrevoltaje

vV

Figura 7.34. Sobrevoltaje.

El sobrevoltaje se produce cuando se aumenta mas de un 110% el voltaje
frente al valor nominal durante mas de un minuto. El sobrevoltaje
puede producir la rotura de los aparatos electrénicos al sobrecalentarse
los mismos.

Solucioén: Utilizar un estabilizador de voltaje.
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B Sobretensiones transitorias o transitorios

Figura 7.35. Sobretensiones transitorias o transitorios.

Las sobretensiones transitorias o transitorios son picos de muy corta
duracién. Pueden producirse en ocasiones por caidas de rayos.

Existen SAI que poseen filtros contra este tipo de distorsion.

® Ruido eléctrico

Figura 7.36. Ruido eléctrico.

El ruido eléctrico como se puede apreciar en la figura es una distorsién de
la onda eléctrica. El ruido puede provocar sobrecalentamiento, desgaste,
fallos en los equipos, corrupcion de datos...

Los SAI de alta gama evitan estas distorsiones proporcionando una
onda de buena calidad.
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Cambio en la frecuencia

Figura 7.37. Cambio en la frecuencia.

La frecuencia de la senal eléctrica en Espania es de 50 Hz (en Estados
Unidos 60 Hz). Aunque una alteracion de la frecuencia en la red es
muy improbable, esto provocaria en los equipos electrénicos un mal
funcionamiento de los mismos.

TIPOS DE SAI

Los SAI lo que proporcionan es una solucién a los defectos de la sefal
eléctrica vistos anteriormente. Dependiendo de la tecnologia, la efectividad y
calidad de la senal de un SAI serd mejor.

Entre la gama baja de SAI, los mas demandados son los standby e
interactivos, mientras que en la gama alta los mejores son los On-line. Los
On-line de conversién Delta son dentro de los On-line unos de los que dan
mejor rendimiento y estabilidad.

Tabla 7.2. Tipos de SAI

Tipos de SAI

Standby

Gama baja .
Interactivo

Gama alta On-line de conversion Delta
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SAI STANDBY
SUPRESOR DE
SUBIDAS
DE TENSION
INTERRUPTOR
-T— & —> FILTRO _|_DiTRANSFERENCIA
| ———r
(NP
: BATERIA mversor |

I
CARGADOR cc
“=» BATERIA =" - /CA u
Figura 7.38. Esquema de un SAI standby.

Estos SAI estan pensados para ordenadores personales y pequefios equipos.
El interruptor de transferencia esta preparado para tomar tensién de la red y
en el caso de que suceda alguna anomalia en el suministro de corriente tomar
la tension de la bateria por medio del inversor.

Estos SAI pueden tener supresores de subidas de tensién y filtros, lo que
hace que la sefial que le llegue al aparato tenga un minimo de calidad.

SAI INTERACTIVO

INTERRUPTOR
DE TRANSFERENCIA

:=.\

1
o .

carga normal |

descarga J

INVERSOR

—>

BATERIA

(fallo eléctrico)

Figura 7.39. Esquema de un SAI interactivo.

Estos equipos tienen un inversor que siempre esta funcionando. En estado
normal estan cargando la bateria y en caso de corte de corriente cambian el
sentido de la corriente para alimentar el equipo.
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SAI ON-LINE DE CONVERSION DELTA

Estos SAI son de utilizacién profesional y normalmente tienen una gran
capacidad y un sistema mas complejo que los anteriormente vistos. El inversor
siempre esta funcionando con lo cual no hay ningin tiempo de transferencia
(red — bateria) y hace que la sefial sea de alta calidad. Este tipo de modelos
suele tener protecciones adicionales para que la sefal sea lo mas estable
posible y carezca de los defectos vistos anteriormente.

Recuerda
Se debe utilizar como maximo un 75% de la capacidad del SAI dejando un 25%
como porcentaje de crecimiento.

Tabla 7.3. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos
de SAI

Standb Coste muy bajo. Eficaz. La mejor Poco practico por
Y opcidn para equipos pequefos. encima de 2.000 VA.

Muy fiable y eficaz. Buena regulacion Poco practico por

Interactivo de la tension. encima de 5.000 VA.

-, -, Poco practico por
Excelente regulacion de la tension. P P

On-line . debajo de los 5.000
e Excelente eficacia.
conversion Apropiado para muchos equipos o VA
Delta prop P quip Mas caro que las

servidores potentes. . .
opciones anteriores.

CALCULO DE LA CARGA DE UN SAI

La carga de un SAI se mide en VA (voltiosamperios). También se puede
expresar la carga (aunque se ve con menos frecuencia) en VApc y Vai.

1 VAio VApc=1.6 x VA

Aunque no sea exacta la potencia marcada por los fabricantes (normalmente
una vez arrancado, el equipo consume el 70% de lo marcado), podemos hacernos
una idea de la potencia que consumiria un equipo tan sélo mirando la pegatina
que tiene por detras por ejemplo en los portatiles (la que tiene las letras CE).

7 = MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS,...
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CALCULO DE LA POTENCIA EN VOLTIOSAMPERIOS DE
VARIOS EQUIPOS

Portatil ACER® Aspire 5612

En la etiqueta trasera (o en el transformador) se puede ver el voltaje
que recibe el aparato:

19V 4,74 A

Eso significa que le llegan al aparato 19 voltios y una intensidad de
4,74 amperios.

Multiplicamos ambas cantidades:

19 x 4,74 = 90,06 VA

Impresora Lexmark® 2640

En la etiqueta trasera se puede ver el voltaje que recibe el
aparato:

30DC 0,4 A

Esto significa que el equipo recibe 30 voltios de corriente continua
(DC - Direct Current) con una intensidad de 0,4 amperios

Multiplicamos ambas cantidades:

30x0,4=12VA

Ultraportatil Akoya® Medion

En la etiqueta trasera (o en el transformador) se puede ver el voltaje
que recibe el aparato:

19V 3,42 A

Eso significa que le llegan al aparato 19 voltios y una intensidad de
3,42 amperios.

Multiplicamos ambas cantidades:

19 x 3,42 = 64,98 VA

© RA-MA
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I ACTIVIDADES

Calcula el consumo en VoltiosAmperios de todos los equipos de tu

clase (incluyendo routers, impresoras...).

En el caso de que no haya oportunidad de poder mirar las etiquetas
o simplemente no se disponga de los datos, esta tabla puede servir como

referencia de consumos orientativos:

Tabla 7.4. Calculo de la carga en VA de varios equipos

Equipos a proteger Carga en VA

1 equipo PC + monitor

2 equipos PC + monitores

4 equipos PC + monitores

6 equipos PC + monitores

14 equipos PC + monitores

300 VA

600 VA

1.000 VA

1.500 VA

3.000 VA

Consejo

Se debe utilizar como méaximo un 75% de la capacidad del SAI dejando un 25%

como porcentaje de crecimiento.
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ALI-] ALTERNATIVAS A LOS SAI

Regleta con protector de sobretensiones

Estas regletas lo que suelen tener es un mecanismo de proteccién contra
sobretensiones, picos de la red o los efectos de los rayos.

Conviene comprar un modelo que tenga algin tipo de indicador que avise
que los componentes estan dafiados. Hay algunas de estas regletas que una vez
que sus componentes estan dafiados dejan de proteger a los equipos que estan
conectados a ellas.

También estas regletas suelen tener conectores hembra RJ45 (red) y RJ11
(teléfono) que acttian como filtros de la sefial. En ocasiones, en edificios antiguos
los rayos derivan por el cableado telefénico y de red lo que puede provocar,
entre otros problemas, la rotura de las tarjetas de red que estén conectadas
sin ningun tipo de filtro.

a4

Sabias que

La autonomia de un SAI es el tiempo que el SAI puede alimentar a los equipos
conectados a él. Suele expresarse en minutos y dependera del % de carga que
tiene conectado el SAIL.

Un equipo que ofrece 10 minutos a un nivel de carga maximo (100%) suministrara
20 minutos de corriente si el nivel de carga conectado es de un 50%.

................................................................................................................

7 5 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
g PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y
PROTECCION AMBIENTAL

................................................................................................................

7Z=1¥] PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En esta seccién se van a dar una serie de consejos a tener en cuenta cuando
se trabaja en una oficina con sistemas informaticos:
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v Intentar que los cables estén lo mas recogidos posibles para

evitar caidas. Las instalaciones de redes deberian estar por paredes y
techos evitando siempre el suelo.

Las instalaciones eléctricas deberan estar en buen estado y
revisadas por el personal competente.

Evitar sobrecargar las tomas utilizando adaptadores multiples
y regletas. Intentar repartir la carga entre los enchufes que tengamos
disponibles. En muchas ocasiones las sobrecargas producen incendios.

Intentar que los enchufes y aparatos tengan toma de tierra.
Instalar tomas de tierra e interruptores diferenciales de
corriente.

Disponer de un sistema contra incendios adecuado. Extintores
y salidas de incendios deben estar correctamente sefalizados y
operativos.

Evitar la fatiga visual colocandonos frente al monitor en la
posicion adecuada.

Utilizar siempre que sea posible el material mas ergonémico
posible (ratén, teclado, sillas, mesas...) y de la forma mas adecuada
(ratén, teclado y monitor siempre en la posiciéon adecuada).

La climatizacion en la oficina es siempre importante. Evitar
colocarnos en las salidas del aire acondicionado, al lado de radiadores...
Una temperatura de 20 a 22 grados suele ser la mas adecuada, estando
la humedad entre un 30 y un 70% (si hay riesgo de energia estatica
debera de estar por debajo de un 50%).

Los ruidos dificultan la concentracién. Estos no deberian sobrepasar
los 55 decibelios. Intentar que la oficina sea un lugar NO ruidoso (tanto
por ruidos externos como internos). Si es necesario habilitar una sala
para los equipos que més ruido hacen (servidores) y realizar de forma
periddica exdmenes audiométricos para verificar el nivel de ruido.

El factor psicosocial en la oficina es muy importante. Hay que
intentar que los procedimientos de trabajo estén claros y la organizacién
sea la adecuada. Hay que fomentar las relaciones interpersonales y
evitar el mobbing y el burnout.
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v Los empleados que trabajen en el montaje y reparacion de
equipos informaticos deberan seguir las instrucciones del
fabricante.

v Utilizar siempre que se pueda la luz natural. Si se utiliza
la luz artificial hay que tener en cuenta que no deberia producir
deslumbramiento ni reflejos. Los tubos deben estar cubiertos y no incidir
directamente sobre la mesa o equipo. La intensidad de la luz debe ser
la adecuada.

PROTECCION AMBIENTAL: LOS RESIDUOS
ELECTRONICOS

Cada afio se estdn consumiendo mas productos electrénicos (moviles,
portatiles, monitores...) Estos productos contienen sustancias quimicas toxicas
y metales pesados que tienen que ser reciclados.

a4

Sabias que

La directiva RoHS de la Unidn Europea restringe el uso de sustancias peligrosas
en equipos electrdnicos y eléctricos como por ejemplo plomo, cadmio, mercurio,
cromo hexavalente y los retardantes de la llama bifenil polibrominado (PBB) y
éter difenil polibrominado (PBDE).

Figura 7.40. Material con el que se sustituye la antigua soldadura de aleacion de estarnio por una nueva

aleacion de estario plata y cobre sin utilizar plomo. Cortesia Intel.
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Los fabricantes cada vez estdn mas preocupados en este punto y estan
sustituyendo algunos de los componentes mas contaminantes por otros que
lo son menos. Por ejemplo, los nuevos procesadores de 45 nanémetros de
Intel estan libres de plomo que como ya se sabe es un material sumamente
contaminante.

Figura 7.41. Pila BIOS. Nunca tirarla sino reciclarla.

Otra cosa que se debe lograr es el que se recojan todos estos residuos
electrénicos y se procesen en plantas especificas. Tirar un aparato a la basura
implica que vaya a un vertedero o se incinere generando mas contaminacion,
por lo tanto hay que evitar que esto ocurra.

Sabias que

Nokia® lidera el ranking verde de electrénicos de Greenpeace (marzo 2009). Sus
esfuerzos en cuanto a la recogida de residuos, eliminacion de sustancias quimicas
toxicas en sus productos y compromiso de reduccion de emisiones de CO2 hacen
que sea el lider verde entre los productores de equipos electrénicos.

Sabias que

Nintendo® es una de las compafiias que ha sacado peor nota en el ranking verde
de electrénicos de Greenpeace (marzo 2009). Aunque se ha comprometido a
reducir las emisiones de CO2 (y otras emisiones de efecto invernadero) y evitar
utilizar materiales contaminantes, todavia le queda mucho por hacer en este
sentido.
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" Unmoévil o portatil puede llegar a contener entre 500 y 1.000 componentes.
Entre ellos podemos encontrar mercurio (el compuesto de algunas pilas
que las hace muy contaminantes), plomo, berilio, cadmio, retardantes
de llama bromados, PVC...

" El mercurio se puede encontrar en las pantallas planas. Su exposicién
en nifios provoca dafnos en el cerebro y sistema nervioso central.

" El plomo se encuentra en los tubos de rayos catédicos y puede provocar
danos en el sistema nervioso, sanguineo y reproductor.

v El PVC si se quema emite dioxinas las cuales son sumamente
contaminantes incluso en pequenas cantidades.

" El cadmio puede encontrarse en las baterias de los portatiles y puede
afectar a rinones y huesos.

Figura 7.42. Monitor CRT. Este monitor tiene alto contenido en plomo.

a4

Recuerda

Devuelve todos tus viejos aparatos al fabricante o a una empresa dedicada al
procesamiento de residuos electrénicos (punto limpio de tu ciudad). No lo tires
a la basura ni lo abandones en la calle.
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NORMAS PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA
INFORMATICA

Muchas de las normas que se van a dar a continuacién son dificiles de aplicar
en entornos de producciéon como centros de calculo, CPD’s... En estos sitios
se requiere tener SAI, equipos conectados las 24 horas, routers, servidores,
hubs... Sin embargo, en entornos domésticos, pequenas oficinas (los mas) e
incluso grandes son normas muy facilmente aplicables y son mas abundantes
que los primeros.

a4

Sabias que

La mayor parte de la energia eléctrica producida en el mundo actualmente
proviene de combustibles fosiles (carbdn y petréleo). El consumo de electricidad
implica quemar carbdn y petrdleo, lo cual genera entre otros gases CO2. El CO2
es el responsable del calentamiento global del planeta, lo cual se conoce como
efecto invernadero.

" Utilizar el menor niimero de equipos posible.

En cuestién de eficiencia es mejor tener trabajando pocos equipos y a
mucho rendimiento que muchos equipos y a poco rendimiento. Si es
posible, lo mejor es tener pocos servidores con muchos servicios o utilizar
técnicas como la virtualizacién.

a4

Buscando informacion
Busca en Internet en qué consiste la virtualizacion y qué ventajas ofrece.

" Tener apagados los equipos que no se estén utilizando.

Los equipos y discos duros que no se estan utilizando deberian estar
apagados.
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" Optimizar los equipos.

Quitar el software que no produce beneficios, utilizar sélo el software
necesario y poner a punto los equipos para que funcionen lo més
eficientemente posible.

" Utilizar técnicas de ahorro de energia.

No utilizar nunca el modo standby si no es necesario, mejor apagar el
equipo. Los salvapantallas consumen més recursos de los que se piensa,
el mejor salvapantallas es el negro (sin nada més). Hay que configurarlo
para que se active tras 10 minutos de inactividad mas o menos. Utilizar
las funciones de gestién de energia del PC y del Monitor.

" Desconectar los periféricos.

Las impresoras y otros periféricos (altavoces) deben desconectarse al
final de la jornada. Si se deja una impresora u otro periférico conectado
estara gastando energia por poca que sea. A veces es comodo enchufar
todos los periféricos y equipo en una regleta y desconectarla una vez
utilizados los mismos.

-orergdr.

Figura 7.43. Logo Energy Star.

" Comprar equipos de bajo consumo.

Comprar equipos que estén certificados mediante Energy Star u otro
distintivo similar que evidencie sus caracteristicas de bajo consumo
energético.
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a4

Sabias que

ENERGY STAR es un programa voluntario de etiquetado para la eficiencia energética
iniciado por la Agencia de proteccion del medio ambiente estadounidense (EPA)
en 1992. La Comunidad Europea, a través de un acuerdo celebrado con el
gobierno de los Estados Unidos, participa en el programa ENERGY STAR para los
equipos ofimaticos.

 Utilizar equipos que consuman menos.

Un portatil suele consumir mucho menos que un equipo sobremesa
dado que estan diseniados para consumir poco (pantallas, discos duros,
adaptadores y microprocesadores).

Un portatil potente puede consumir unos 30 watios frente a 120 watios
de un PC sobremesa, a eso hay que anadirle la pantalla (25 watios en
caso de un LCD 17”7 u 80 en caso de una CRT ya obsoleta).

Dada la diferencia de consumo, los fabricantes de microprocesadores
crean versiones maéviles de los micros que incluyen funciones de gestién
del consumo como SpeedStep de Intel o Powernow! de AMD®.

a4

Recuerda
El equipo que menos energia consume es el que no estad enchufado.

 Utilizar procesadores mas eficientes.

No supone lo mismo un procesador reciente tipo Intel Atom (2,5 watios
de consumo/hora) que un procesador antiguo como por ejemplo un
Pentium 4 a 3,8 GHz (115 watios de consumo/hora).

' Cerrar las aplicaciones que no se utilizan y apagar el monitor cuando
no se necesite.
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v No utilizar viejos PC como servidores.

Obviamente un PC cuanto méas viejo sea mas consumird y si ademas
se le asigna el rol de servidor estando encendido todo el dia el gasto se
multiplicara.

" Usar equipos multifuncionales.

Sitenemos una impresora, un escaner, un fax y una fotocopiadora vamos a
gastar el doble de energia que si utilizamos un equipo multifuncional.

Recuerda

Se genera mucha mas energia en producir una hoja de papel que la necesaria
para imprimir la cara de una hoja.

Por esta razoén, siempre y cuando sea posible, imprime a doble cara.

v Consume menos un dispositivo USB que uno conectado directamente a
la red.

Como ya se sabe, un dispositivo USB estd disefiado para consumir
poco. Por ejemplo, los discos duros que sélo tienen una conexién USB
consumen menos energia que un disco que ademas del USB tiene que
estar conectado a la red.

/" Redes de PC.

En cuanto a las redes de PC ya se ha dicho que el utilizar un equipo
multifuncional es méas econémico que tener un fax, fotocopiadora,
impresora y escaner por separado. También hay que recordar que un
médem USB es energéticamente mas eficiente que un router ADSL, éste
se utiliza Uinicamente cuando se necesita. Los hubs o switches también
consumen bastante energia puesto que suelen estar encendidos las 24
horas. Si a eso le afiladimos que tenemos un PC méas o menos antiguo que
hace de router con un SAI el gasto se nos dispara.

Hay que reflexionar y pensar cudles de los equipos son necesarios y
cudles no y si hay una alternativa més eficiente energéticamente de la
que estamos utilizando actualmente. En ocasiones se podra utilizar una
configuracién mas eficiente y en otras ocasiones no pero por lo menos se
ha evaluado esta posibilidad.
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v Interruptores y equipos que se apagan automaticamente.

El utilizar programadores o software que apaga automaticamente el
equipo puede ser una solucién muy econémica y comoda. El programador
puede estar conectado a una regleta y a ésta pueden estar conectados
equipos y sus periféricos (altavoces, impresora, escaner...).

APAGADO AUTOMATICO DEL EQUIPO CON VISTA
SHUTDOWN TIMER DE WINDOWS®

Vista shutdown timer es un programa que no necesita instalacion y
con él se puede programar tanto el apagado de la maquina como la
hibernacion, logout, standby y reinicio.

Vista Shutdown Timer .. # 7

d g d 8 9

Logolf  Hibemate  Standby  Restal  Shuidown

Time: 14:31:03

Figura 7.44. Programa vista shutdown timer.

Una vez elegida la accién a temporizar (en nuestro caso el apagado
o shutdown), se elige la hora o los minutos restantes en los que
queremos apagar la maquina.

Vista Shutdown Timer:s -

d o g8

Logolf  Hibemate  Standhy Restat  Shutdown

Shutdown in 1 = minutes
Selected time: 03]:[60]

ut souna ¥oiume —
B
e to System Tray

14:32:34
Update

ue
-]

Figura 7.45. Temporizacion de apagado de vista shutdown timer.

453



MONTAIJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

PRACTICAS DE TALLER

APAGADO AUTOMATICO DEL EQUIPO CON VISTA
SHUTDOWN TIMER DE WINDOWS® (CONT)

Una vez temporizado, se puede elegir que se minimice en la barra
de herramientas y se pulsa el boton Run Timer situado en la parte
baja del programa.

Figura 7.46. Icono del programa.

La barra de herramientas tendra ahora un icono mas.

[ Shutdown in: |
@ 90 sec

Figura 7.47. Tiempo restante para el apagado.

Cuando vaya quedando poco tiempo el programa nos ira avisando
de un inminente apagado del equipo.

» Ejecuta vista shutdown timer desde el CD de recursos y deja
programado el equipo para que se apague cuando finalice la clase.
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O equipos ofimaticos

Fd otros equipos eléctricos

M@ calefacciény
refrigeracién

O calderas eléctricas

flelectrodomésticos

M iluminacién

M electrénica de consumo

Figura 7.48. Consumo doméstico de energia en tanto por ciento en el anno 2010. Fuente UE.

En la Unién Europea en el afio 2010 el tanto por ciento del consumo eléctrico
en un hogar es el que se muestra en la figura anterior. Supuestamente el gasto
que mas va a crecer es el de los equipos ofimaticos. En algunos aparatos como
lavadora, calderas, aires acondicionados el intentar consumir menos equivale a
privacién, pero en entornos ofimaticos no, podemos seguir teniendo los mismos
Servicios pero con menos consumo.

A continuacién se muestra una tabla con los consumos de distintos aparatos
informaticos cuando estan funcionando:

Tabla 7.5. Consumo en watios/hora de los equipos
electrdénicos

“ Gasto Watios / hora

PC econémico 100

Servidor pequeno 100

PC multimedia 146

Workstation o estacion de trabajo 250
Portatil 12

Portatil econémico 22

Portatil grande 36
Ultraportatil 9
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Tabla 7.6. Consumo en Watios/hora de los monitores

Monitores Gasto Watios / hora

CRT 17" 73
CRT 21" 122
LCD 17" 25
LCD 19” 38
LCD 227 45

Tabla 7.7. Consumo en Watios/hora de las impresoras

Gasto Watios| Gasto Watios

Impresoras / hora / hora
(espera) (imprimiendo)

Econdmico inyeccidon de tinta 10-6 ppm 1 15
Econdmico laser b/n 20 ppm 7 300
Laser b/n 22 ppm 3 400

Laser a-r b/n 22 ppm 9 550

Laser de grupo b/n 32 ppm 40 650
Laser de grupo a-r b/n 32 ppm 40 650
Econdmico laser color 16-4 ppm 13 200
Laser color de grupo a-r 22 ppm 13 650
Econdémico Multifuncional 10-6 ppm 4 25
Laser color Multifuncional 12-6 ppm 15 600
Multifuncional a-r 12-6 ppm 15 500
Multifuncional laser b/n 15 ppm 10 500

Multifuncional laser de grupo b/n a-r*

25copia/70escaneos ppm o ALY

* a-r (anverso — reverso)
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Servidor pequeno: servidor econémico, tipico del hogar o de una oficina

pequena (Celeron® o P4 /2,8 GHz / 256 MB RAM).

PC econémico: Sobremesa (por ejemplo Celeron (2 GHz), Sempron®

(3000+) o similar /512 MB RAM / 250 GB).

PC Multimedia: Escritorio multimedia, por ejemplo Athlon® X2, Core
2 Duo® o similar / 2,4 GHz / 1.024 MB RAM / 320 GB y gréficos més

potentes.

Estacion de trabajo: PC de escritorio a medida para CAD, graficos o
investigacién cientifica, por ejemplo, doble procesador (Opteron®, Xeon®,

Core 2 Quad® o similar) / 3 GHz/ 8 GB RAM / 1 TB/ 64 bit OS.

Portatil: Optimizado para la duracién de la bateria y la portabilidad
(ultra ligero y plano). Tipicamente Core Duo® / Turion® X2, pantalla
15,4” XGA LCD-TFT. Las mejores caracteristicas de ahorro de energia

pero el precio no resulta econémico.

Portatil econémico: Mobile Sempron® o Celeron® M, pantalla 15”

XGA LCD-TFT (pantalla 15”= similar a una de 16” CRT).

Portatil grande: Como el anterior pero con gran pantalla 16-17” (ancho)
LCD y los mejores graficos moviles. Excelente sustituto del ordenador de
escritorio. El consumo energético es elevado para ser un portatil aunque
sigue siendo alrededor de un 50% menos en comparaciéon con un sistema

de PC de escritorio.

Ultraportatil: Optimizado para la duracién de la bateria. Procesador
Intel® Atom 1,6 GHz y pantalla de 8,9 a 10,2 pulgadas (Ecafe® EC900,
Akoya® Medion...).
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PRACTICAS DE TALLER

EMPRESA :‘EL DERROCHE S.L.” FRENTE A LA EMPRESA
“LA ECONOMICA S.L.”

Hacemos una visita a la oficina de la empresa El derroche S.L
para hacer una reparacién. El responsable de la empresa esta
continuamente quejandose de la elevada factura de la luz. La
configuracion de equipos es la siguiente:

PC SOBREMESA. HUB, SWITCH O ROUTER
SERVIDOR (40 w)
ROUTER = (220 W)
ADSL (40 W) I
PUNTO DE ACCESO
WIRELESS
(40 W)
SAl
{220 W) PC CLIENTE
(300 W)
PC CLIENTE
(300 W)
IMPRESORA
(60 W)
FAX FOTOCOPIADORA
(45 W) (45 W)
ESCANER

(45 W) é

Figura 7.49. Configuracion de equipos y dispositivos de la empresa El Derroche S.L.

Una vez realizada la reparacion tomamos nota de los equipos y
demads aparatos que tienen conectados y le decimos al responsable
que vamos a estudiar su caso y dentro de unos dias le vamos a
hacer un informe con varias configuraciones especificando el ahorro
de cada una de ellas.
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PRACTICAS DE TALLER

EMPRESA “EL DERROCHE S.L.” FRENTE A LA EMPRESA
“LA ECONOMICA S.L.” (CONT)

Una vez en nuestra oficina calculamos el gasto en Watios de cada
equipo:

Gasto Watios /

Equipos hora
Router ADSL 40
SAI 220
Impresora(**) 60
Escaner(**) 45
Fax(**) 45
Fotocopiadora(**) 45
PC Servidor 220
Hub 40
Punto de acceso 40
PC Cliente X 2(*) 600

Total: 1.355 Watios/hora

(*) Los PC clientes son equipos multimedia, monitor CRT de 21",
con altavoces no USB alimentados por red, concentrador USB y
regrabadora externa de DVD. Estimamos que pueden gastar 300
Watios/hora.

(**) Para la impresora, fax, escaner y fotocopiadora, hemos hecho
un célculo teniendo en cuenta la frecuencia de uso de los mismos
(No gasta lo mismo una impresora imprimiendo que en modo de
espera).
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PRACTICAS DE TALLER

EMPRESA “EL DERROCHE S.L.” FRENTE A LA EMPRESA
“LA ECONOMICA S.L.” (CONT)

Después de eso vamos a la oficina de la empresa La econémica S.L.
Esta empresa esta preocupada por conseguir maxima funcionalidad
y minimo gasto de energia. Van a sustituir una vieja impresora, un
escaner, un fax y una vieja fotocopiadora por una multifuncional.

Su configuracion es la siguiente:

MODEM USB = PORTATIL (40 W) PORTATIL (40 W)
ADSL (10 W)
MULTIFUNCIONAL
(IMPRESORA/FOTOCOPIADORA/ESCANER/FAX)
(40 W)

Figura 7.50. Configuracion de equipos y dispositivos de la empresa La Econémica S.L.

Visitando esta oficina se nos enciende la bombilla y pensamos que
los equipos que estan utilizando ofrecen la misma funcionalidad que
los de la oficina anterior.
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PRACTICAS DE TALLER

EMPRESA “"EL DERROCHE S.L.” FRENTE A LA EMPRESA

“LA ECONOMICA S.L.” (CONT)

Realizamos el calculo del consumo de todos los equipos.

. Gasto Watios /
Equipos

hora
Mdédem USB ADSL 10
Portatil X 2 82
Multifuncional 40

Total: 130 Watios/hora

Los portatiles los hemos calculado al alza por si los usuarios quieren
enchufar algun periférico que no sea USB y por lo tanto consuma
mas.

Dado que ambas oficinas trabajan 8 horas diarias y 300 dias al afo.
Suponiendo que el kilovatio/hora esté a 12 céntimos de Euro. Vamos
a calcular el ahorro entre una oficina y otra.

Las oficinas trabajaran las siguientes horas:

8 horas x 300 dias = 2.400 horas

Gasto de la oficina La econémica S.L. :

2.400 horas x 0,13 KiloWatios/hora * 0,12 Euros = 37,44 Euros/afo
Gasto de la oficina El derroche S.L. :

2.400 horas x 1,355 KiloWatios/hora x 0,12 Euros = 390,24 Euros/afo

i352,8 Euros de diferencia!

Eso sin tener en cuenta en el calculo que tanto el router ADSL,
hub, SAI, fotocopiadora y Fax funcionan las 24 horas porque no se
apagan.
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ACTIVIDADES »

Redacta una propuesta en OpenOffice Writer para el responsable de la
empresa El derroche S.L. ofreciéndole tres soluciones:

a. Solucién de la empresa La econémica S.L.

b. Solucién Alternativa: cambiar los PC por portatiles eliminando el
punto de acceso.

c. Solucion Intermedia: cambiar los PC por portatiles eliminando
el punto de acceso y cambiando el fax, impresora, escaner y
fotocopiadora por una multifuncional con el mismo consumo que la
de la empresa La econémica S.L.

RESUMEN DEL CAPITULO

parametros

- Medicién de - Conceptos basicos de electricidad
eléctricos

- El multimetro o polimetro

La fuente de Que es una fuente de alimentacion
alimentacion - Tipos de fuentes de alimentacion

Medicién de - Fallos en las fuentes de alimentacién

parametros

eléctricos,
prevencion . Sistemas de Que es un SAI

laboral y alimentacién - Defectos de la sefial eléctrica

proteccion ininterrumpido - Tipos de SAI

ambiental Calculo de la carga de un SAI
Alternativas a los SAl

- Cumplimiento de | . prevencion de riesgos laborales

las normas de - Proteccién ambiental: Los residuos
prevencion de electronicos

riesgos laborales - Normas para reducir el impacto ambiental de
y proteccion la informatica

ambiental Gasto de los equipos electrénicos

Figura 7.51. Esquema del capitulo.

Apartado 7.2 Medicion de parametros eléctricos.

En este apartado del capitulo se van a ver conceptos basicos sobre
electricidad y también a medirlos mediante un multimetro. El tener
claros estos conceptos y saber medirlos puede ayudar mucho al
profesional a resolver ciertos problemas que normalmente no son
muy frecuentes.
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(Cont.)

Apartado 7.3 La fuente de alimentacion.

En este apartado se estudian en profundidad las fuentes de alimentacion,
tipos, su funcionamiento y fallos frecuentes.

Apartado 7.4 Sistemas de alimentacion ininterrumpida.

En este apartado se conocera como funcionan los SAI, sus caracteristicas
y cual es el tipo de SAI y potencia para cada instalacién.

Apartado 7.5 Cumplimiento de las normas de prevencion de
riesgos laborales y proteccion ambiental.

En este apartado se dan una serie de consejos sobre prevencién de
riesgos laborales y unas nociones sobre protecciéon ambiental para que el
alumno recapacite y tenga siempre presente en su trabajo la proteccion

sobre el medio ambiente.

EJERCICIOS PROPUESTOS

m . Tenemos este cargador de portatil y se
necesita encargar uno similar. Realmente
lo que se va a comprar es un cargador que
sirva para multiples portéatiles intentando
que sea de la mejor calidad posible.

s i SHW NTERIATIOIAL EHTERPRISE CORP
-« ACADAPTER 1 Z#%5/% :

MODEL : ¥ %/4 #:LSE0202C1990

INPUT : ¢ 100-240V~,50/60Hz 1.5A

OUTPUT: £1V=4.T4A

/\ WARNING: i ¢ : 0—6—®
RISKOF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
For Indoor Use Only

ENCIA

Figura 7.52. Detalle caracteristicas de un

cargador de portatil.

Detalla cuéales son las caracteristi-
cas (voltajes, intensidad...) del nuevo
cargador a pedir.

m 2. Ordena de forma adecuada la siguiente

tabla
Tipo de

Ventajas Inconvenientes
SAI

Poco practico por  Coste muy bajo. Eficaz.
Standby debajo de los 5.000 La mejor opcidn para
VA. equipos pequefos.
Excelente regulacién de

5 . la tensién. Excelente
Muy fiable y eficaz. X
, eficacia.
Interactivo  Buena regulacion )
, Apropiado para muchos
de la tension. : .
equipos o servidores

potentes.

On-line Poco practico por , X
Poco practico por encima

de 5.000 VA.

conversion  encima de 2.000
Delta VA.
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m 3. Sobre la proteccion de riesgos laborales

haz un andlisis de tu clase y enumera una
serie de elementos que podrian mejorarse
para lograr un ambiente de trabajo mas
seguro. Asimismo enumera aquellas co-
sas que consideras positivas y no debe-
rian modificarse.

m 4, Tenemos una oficina con 7 equipos (3

de ellos portatiles). En la etiqueta de la
parte trasera del equipo pone lo siguien-
te:

PC:220V1,5A

Portatiles: 19 V4 A
Encuentra en Internet 2 SAI que puedan

con la carga que suponen estos equipos.
Encuentra una solucién cara y otra mas
econémica enumerando las ventajas e in-
convenientes de ambas soluciones.

m 5. Une en la tabla cada defecto de la sefial

eléctrica con su definicién.

Defecto Defi

Interrupcion o corte de ) .,
. Son picos de muy corta duracién.
energia
Microcortes del voltaje
Se produce cuando se aumenta
Bajo voltaje mas de un 110% el voltaje frente
momentaneo al valor nominal durante mas de
un minuto
X i Se produce cuando se aumenta
Bajo voltaje , )
mas de un 110% el voltaje frente
permanente )
al valor nominal
Sobre voltaje Son caidas muy breves del
momentaneo suministro eléctrico
i Es cuando la bajada de tension se
Sobre voltaje o,
situa entre el 10 y el 90%

Sobretensiones , .
Caida de la energia por debajo de

un 10%

transitorias o
transitorios

Ruido eléctrico Distorsion de la onda eléctrica

: Es una disminucién del voltaje por
Cambio en la : :
) debajo del 90% del valor nominal
frecuencia .
durante mas de un minuto

© RA-MA

Nota: Observa en este ejercicio que uno
de los defectos eléctricos se debe quedar
sin emparejar.

m 6. Completa las frases siguientes a las

que se les ha eliminado una o varias pa-
labras.

Bl momentineo se
produce cuando se aumenta mas de un
110% el voltaje frente al valor nominal.

Las o

son picos de muy corta duracion.

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos
con distintas cargas se produce un
paso de desde el cuerpo mas
cargado negativamente al cuerpo mas
cargado positivamente.

La . __ es la dificultad u
oposicién que presenta un material al
paso de la corriente eléctrica.

Las nuevas

vienen equipadas con ventiladores cada
vez mas silenciosos.

La normalmente lo
que provoca es una rotura de la fuente
de alimentacion que en algunos casos
simplemente se funde el fusible de
seguridad

La se produce

cuando se acumulan cargas eléctricas en
un objeto.

m 7, Accede a la pagina web http://www.

extreme.outervision.com/PSUEngine

y calcula la potencia consumida por el

siguiente equipo:

- Placa base normal.

- AMD Phenom IT X4 940 3.000 MHz
Deneb.

- 2 médulos de RAM.
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- 2 discos duros convencionales de 7.200 -
RMP de 1 TB de capacidad.

- Tarjeta de sonido Sound Blaster®.

- Tarjeta sintonizadora de televisién por cable.

- Controlador de ventiladores.

AS

(Cudl de los siguientes no es un
]. acréonimo de parametros eléctricos?

a) AC.

b) CC.

c) PPM.

2La intensidad eléctrica es:

a) La diferencia de potencial entre
dos polos.

b) La cantidad de corriente que pa-
sa por un conductor por unidad
de tiempo.

¢) La dificultad u oposicién que pre-
senta un material al paso de la
corriente eléctrica.

3La potencia se mide en...
a) Ohmios.
b) Amperios.
c) Watios.

(,Cudl de los siguientes procesos
4n0 realiza una fuente de
alimentacion?

a) Transformacién.

b) Filtrado.

¢) Amperizaje.

7 = MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS,...

- Tarjeta de video integrada.

- 2 ventiladores de 8 cm.

- 1 regrabadora DVD y CD.

- 1 lector de Blu-Ray.

- La caja va equipada con 2 catodos frios.

5El PFCes...
a) Power Force Control.
b) Power Factor Control.
c) Power Factor Correction.

Una caida de la energia por debajo
de un 10% es una o un:

a) Interrupcion o corte de energia.
b) Bajo voltaje momentaneo.

¢) Transitorio.

7Las sobretensiones transitorias...

a) Son picos de muy corta duracién.

b) Pueden provocar sobrecalenta-
miento.

¢) Se producen cuando se aumenta
mas de un 110% el voltaje frente
al valor nominal durante més de
un minuto.

Cual de los siguientes no es un tipo

de SAI

a) SAI STANDBY.

b) SAT HIPERACTIVO.

c) SATION-LINE DE CONVERSION
DELTA.
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La climatizacién en una oficina

deberia estar a una temperatura
de:

a) 22 a 24 grados.

b) 20 a 22 grados.

c) 20 a 24 grados.

En los tubos de rayos catddicos se
1 encuentra en grandes cantidades
un material muy contaminante:
a) Plomo.
b) Mercurio.
¢) Cadmio.



Fr- Utilidades para el

'.l 8 mantenimiento de
I | equipos informaticos

;' Objetivos del capitulo

v Conoceras la importancia de
la seguridad en un sistema
informatico.

Aprenderas aspectos de
seguridad de sistemas
informaticos domésticos o de
una pequenia/mediana empresa.

Aprenderas a utilizar
herramientas para la clonacién
de equipos.

Conoceras los riesgos a los que
estan expuestos los sistemas
informéticos en cuestién de
malware y las herramientas

a utilizar para proteger y
recuperar los mismos.
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........................................................................................................

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL
CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

Debian. Es el nombre de una distribucién Linux. Hay muchas
distribuciones que derivan de ésta como por ejemplo Ubuntu.

Distribucién. Una distribucién linux es una versiéon o compilacién de
linux la cual tiene unos programas incorporados y caracteristicas que la
hacen diferente a otras distribuciones. Existen muchas distribuciones
en el mercado (Ubuntu, Suse, Fedora, Red Hat, Debian, Slackware,
Knoppix...).

Encriptaciéon. Encriptar es igual que cifrar. Encriptar es volver la
informacién ilegible y s6lo mediante una clave se puede volver a obtener
la informacién original. El paso de recuperaciéon de la informacién
original se llama desencriptacion.

Imagen ISO. Es una copia de un sistema de archivos (normalmente un
CD o DVD) en un fichero con extensiéon ISO. Mediante este fichero se
pueden crear réplicas del CD o DVD inicial.

Live CD. Es una distribuciéon o CD auténomo el cual permite arrancar
el sistema operativo directamente desde el CD sin necesidad de estar
instalado en el disco duro. Es mas lento pues la unidad éptica siempre
va a ser mas lenta que un disco duro, pero permite evaluar el sistema
operativo sin tener que ser instalado.

Malware. Es todo tipo de software malicioso como virus, gusanos,
troyanos, Spyware, adaware, bots...

Overload. Es toda la informacién adicional que sirve para salvaguardar
la del usuario. Si por ejemplo tengo ficheros que en tamafo ocupan 50
Gigas y en disco ocupan 100, tendremos un overload de un 50%. El1 50%
de la informacion del disco esta dedicada a proteger al otro 50 (esto pasa
en los RAID 1 o mirror).

Paridad. Es la informaciéon adicional a los datos que utilizan los
sistemas RAID para recuperar los datos perdidos. Para la recuperacién
de los datos de los discos estropeados se utilizara la paridad més la
informacién de los discos sanos.
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B SMART. Sistema para detectar fallos en el disco duro. La deteccion
precoz de dichos fallos permite adelantarse a los acontecimientos

haciendo copias de seguridad.

B Privacidad. Cuando se habla de privacidad en informatica normalmente
se refiere a la preservacién de la informacién que poseen los individuos o

incluso de sus habitos (informacién a la que accede, frecuencia...).

u Ratio de compresion. El ratio de compresién es el volumen de la
informacién que se ahorra una vez comprimida. Cuanto més alto sea el

ratio de compresiéon mucho mejor.

m Stripe. Matriz o conjunto de discos.

En este capitulo se va a requerir que el alumno instale una serie de
programas (antivirus, antikeylogger, compresores...). Todos ellos son gratuitos

y se pueden instalar sin ningtin problema.

No nos hacemos responsables de los problemas que puedan tener los equipos
una vez instalado este software. La mejor manera de probar todo este tipo de

programas es utilizar alguna maquina virtual tipo virtualbox o similar.

Para instalar una versién actualizada a la proporcionada en el CD de
recursos, mejor acceder a la pagina del fabricante o a alguna pagina de

descargas tipo Softonic® o similar.

Se ha optado por recomendar el uso de programas portables. De esta manera
se evita su instalacion y estas herramientas pueden llevarse en un pendrive

para utilizarse en cualquier equipo y momento de una forma rapida.
Las instalaciones en Linux las hemos hecho sobre Ubuntu Linux.

Se aconseja que en las practicas de clonacion de discos y particiones se haga
previamente un backup de la informacién que sea importante y que dichas
practicas se hagan en equipos en los que la pérdida del sistema no tenga

importancia.

470



© RA-MA 8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

8 CLONACION
. DE EQUIPOS

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

Para la clonacién de discos vamos a utilizar un live CD con una distribucién
linux llamada Parted Magic.

éCoémo conseguir Parted Magic?

1. Primero tienes que bajarte la ISO del CDRom desde www.partedmagic.com
o utilizar la versién del CDRom de recursos (ésta puede no ser la Ultima
version).

2. Una vez descargada habra que descomprimirla si estd comprimida.

3. El ultimo paso es grabar la imagen ISO a un CD (Un CD basta pues son
menos de 100 MB).

Tu CD grabado estara disponible para arrancar desde él en un equipo.

iy
Dociments

HATAWATE)
Information:

Parted Magic
# Erase Disk \artitioning Tpolgl

£ G4L
GParted Partition Editor
— GSmartControl
@9 Grsyne

@ IS0 Master
7 Make Parted Magic USB
© Partition Image

Accessories
2 ) > @© PhotoRec
# Graphics . N

8 Saving Parted Magic
@ Internet )

w System Profiler and Benchmark
— & TestDisk

L]
Run H TrueCrypt

Logout Y2 UDPCast Disk Cloning

_ [Mount-gi]

Figura 8.1. Escritorio de la distribucién Parted Magic.

X Xorg Configure
X Xvesa Configure

| | [sdb1]
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a4

Ejecutar Parted Magic

© RA-MA

Para ejecutar Parted Magic asegurate que tu equipo arranca desde la unidad
Optica antes que desde el disco duro (quizas tengas que cambiar la secuencia

de arranque en la BIOS).

Una vez verificado este punto, introduce el CD en el lector y enciende el

equipo.

La mejor opcidn de arranque de Parted Magic es la primera en la que se carga
el sistema en RAM, de esa forma no tiene que acceder al CD y la ejecucion es

mas rapida.

Mount-gtk

(7.517 GiB, vfat) /media/sda1

/media/cdrom1

& #

Preferences Edit devices About Quit
Model:

(3.891 GiB, vfat) /media/hda1

Model:

(35.07 GiB, ntfs) /media/hdaz

Model:

(35.56 GiB, ntfs) /media/hda3

Model:

Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N [} .. . |

‘I Mount ‘
"Unmount‘

Figura 8.2. Herramienta Mount-gtk.

Con Parted Magic tenemos multiples herramientas como:

" G4L. Ghost for linux. Herramienta de clonacién de discos.

v Gparted. Herramienta para realizar particionamiento (crear, borrar y

cambiar el tamano de particiones).

v Partition Image. Herramienta para clonar particiones

v Make Parted Magic USB. Herramienta para hacer que funcione

Parted Magic desde un dispositivo USB.
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v Hardinfo. El Everest de Linux. Proporciona todo tipo de informacién

8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

sobre el sistema.

V" GSmartControl. Proporciona informacién SMART sobre nuestros
discos.

v XArchiver. Herramienta para realizar copias de seguridad.

" Mount-gtk. Monta y desmonta dispositivos en el sistema.

" Y muchas més.

Todas estas herramientas se pueden encontrar en System Tools del menu

principal.

_‘ G5SmartControl DDD

File Device Options Help
/dev/hda, 80.03 GB,
HTS541080G9ATo0
Basic health check: PASSED
< More
Model family: Hitachi Travelstar 5K100 series
Enable SMART

[ Enable Auto Offline Data Collection

Drive information:

L [
Unknown
model

Figura 8.3. Herramienta GSmartControl.

“JF3] CLONACION DE PARTICIONES Y DE DISCOS

a4

éQué es una clonacién?

Una clonaciéon es una copia exacta de algo. En nuestro caso serd una copia

exacta de un disco o una particion
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Cuando se tiene un disco que no contiene ningdn sistema operativo desde
el cual arrancar, basta con clonar las particiones y recuperarlas en otro disco

y el disco contendra los mismos datos.

Silo que se quiere hacer es un clon de un disco con el cual arranca el equipo
se debera clonar todo el disco. De esa manera se clonara el sector de arranque
y se estara seguro de que si se sustituyen los discos el sistema funcionara

perfectamente.

a4

Importante: Clonacién de equipos
Para clonar un equipo deberds hacer una replica del disco/s y tendras que
asegurarte de que EL HARDWARE ES EL MISMO.

Las clonaciones funcionan creando un archivo de imagen (al igual que una

imagen ISO de un CD/DVD) que es una réplica del disco o la particion.

Cuando se quiera volver el disco o particién a su estado anterior bastaria

con restaurar el disco con la imagen creada.

£JF3F] CLONACION DE PARTICIONES

Para la clonacién de particiones se va a utilizar Partition Image. Con este

programa es muy sencillo crear y recuperar una particion.

Es posible realizar (y por cierto bastante util) la opcién de crear imagenes
y almacenarlas en un equipo externo conectado al nuestro mediante la red. De

esta manera no hace falta almacenar la imagen en otro dispositivo como un

disco USB.
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CREACION/RECUPERACION DE UNA PARTICION CON
PARTITION IMAGE

Creacion de la imagen

El primer paso a dar es la eleccion de la particiéon a clonar.

- LILIL]

Partition Image 0.6.8_betal
# Partition to save/restore
sda3 -extended-
sdas swap (v1) 1.92 GiB
sda6 ext3fs 72.90 GiB
sdbl fat32 7.53 GiB
sdcl ntfs 465.76 GiB

Image file to create/use

/media/sdcl/imagenwindowsM NS L

Action to be done <Next (F5)>
(%) Save partition into a new image file

() Restore partition from an image filef <About>

() Restore an MBR from the imagefile]

[ ] Connect to server]
Tp/nane of the server: NG o [CECNN

ssL disabled at compile time

<Exit (F6)>

Figura 8.4. Herramienta Partition Image.

Se selecciona la accién a realizar que en este caso serd salvar la
particion en un fichero imagen y se tecleard (incluida la ruta) el
nombre del fichero a crear.

LI

save partition to image file

Compression level

(@) None (very fast + very big file)
() 6zip (.gz: medium speed + small image file)
() Bzip2 (.bz2: very slow + very small image file)

Options
[X] Check partition before saving
[X] Enter description|

[ ] Overwrite without prompt|

Image split mode
() Automatic split (when mo space left)

mig

[ ] Wait after each volume change]

<Continue (F5)> <Exit (F6)> <Main window (F7)>

initializing the operation. [* to cancel, CtrlS to pause, CtrlQ to resume]

Figura 8.5. Herramienta Partition Image.

475



476

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CREACION/RECUPERACION DE UNA PARTICION CON

PARTITION IMAGE (CONT.)

El siguiente paso es seleccionar las opciones del proceso (compresion
0 no, partir la imagen en ficheros de 2 GB por si se almacenan en

discos con sistemas de archivos FAT...).

En nuestro caso no se ha comprimido el fichero dado que existe
espacio en el disco duro externo que se va a emplear para alojar la
imagen y se pretende que el proceso vaya mas rapido al no tener
que comprimirse los archivos. También se ha fraccionado la imagen
en ficheros de 2.037 MB porque el disco externo USB que se va
a emplear esta formateado como FAT y no permite ficheros mas

grandes de 2 GB.

LI

{ save partition to image file |

Partition to save:........... Jdev/sdal
Size of the Partition:....... 74.22 GiB = 79694705664 bytes
Current image file:.......... /media/sdcl/imagenwindows.000

..356.40 MiB

.465.21 GiB = 499516481536 bytes
Detected file system:........ ntfs

Compression level:........... None

Time elapsed:................ 13sec

Estimated time remaining:.... 9m:40sec
SZLBcacoocacocaccacacocacor 1.60 GiB/min

Data copied:................. 354.00 MiB / 15.78 GiB

L -

copying used data blocks [* to cancel, CtrlS to pause, CtrlQ to resume]

Figura 8.6. Herramienta Partition Image. Proceso de creacion de una imagen.

En todo momento se puede ver el progreso del proceso y el tiempo

estimado que falta por completarse.
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PRACTICAS DE TALLER

CREACION/RECUPERACION DE UNA PARTICION CON
PARTITION IMAGE (CONT.)

Operation successfully finished
Time elapsed: 9m:57sec
/1

eed: 1.59 GiB/m
Data copied: 15.78 GiS

commiting buffer cache to disk. [* to cancel, Ctrls to pause, CtrlQ to resumel

Figura 8.7. Herramienta Partition Image. Proceso de creacion de una imagen completado.

Cuando se llegue al paso de la imagen anterior el proceso estara
completado. Ya sélo quedaria recuperar la particion.

RESTAURACION DE LA IMAGEN

El proceso de recuperacion de la imagen es analogo al anterior. Es
el paso opuesto.

7.53 618
465.76 GiB

<ext (Fs)>

<about> I

<exit (Fo)>

Figura 8.8. Herramienta Partition Image. Proceso de restauracion de una imagen.
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PRACTICAS DE TALLER

CREACION/RECUPERACION DE UNA PARTICION CON
PARTITION IMAGE (CONT.)

En este caso se elige la opcion de restaurar la particion desde un
fichero de imagen.

Partition Image
restore partition from image file

Options

[M] simulation of the restoration (nothing is written)
[ 1 Erase free blocks with zero values|

If finished successfully:

(*¥) Wait

() Halt

( ) Reboot]
() Quit|

<Continue (F5)> <Exit (F6)> <Main window (F7)>

Figura 8.9. Herramienta Partition Image. Proceso de restauracion de una imagen.

En este caso se dejan las opciones por defecto y ejecutaremos el
proceso.

Time elapsed: 9m:33sec
Speed: 1.65 GiB/min
Data copied: 15.78 GiB

Figura 8.10. Herramienta Partition Image. Proceso de restauracion de una imagen terminado.

El proceso finalizard mostrando un resumen de los datos copiados,
velocidad y tiempo empleado.

Ya solamente queda probar el sistema para corroborar que el proceso
se ha realizado correctamente.
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CLONACION DE DISCOS

Para la clonacién de un disco se va a utilizar la herramienta G4L (Ghost for
Linux). Como su nombre dice es un clon del Norton Ghost pero gratuito.

Con él se pueden hacer copias de seguridad o clones de los discos y particiones
en modo local y remoto.

CREACION O CLONACION/RECUPERACION DE UN
DISCO CON G4L

La primera ventana que nos encontramos al ejecutar G4L es la
siguiente:

- LILIL]

G4L v@.26a, Frank Stephen 2008 modifications by Michael D. Setzer II

-INFORMATION:
G4L - Disk Imaging with Linux
Frank Stephen 2008

GAL comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY !

This is free Software, and you are welcome

to redistribute it freely. Read the online Help
for more info on this delicate topic.

USE AT OWN RISK!

Accept these conditions? YES to proceed, NO to quit.

Figura 8.11. Herramienta Ghost for Linux.

No hay que tener panico. Obviamente como es un software gratuito
es légico que el creador no se quiera hacer responsable de cualquier
problema que pueda ocurrir puesto que no se esta pagando por su
utilizacion.
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CREACION O CLONACION/RECUPERACION DE UN
DISCO CON G4L (CONT.)

Creacion de la imagen

LILIL]

G4L v0.26a, Frank Stephen 2008 modifications by Michael D. Setzer II

MAIN MENU-
Choose your desired mode:

ile Mode Some filesystems only, only files, local+special server
tilities System info and tools
how Help Show IMPORTANT help

< [ > <Cancels>

Figura 8.12. Herramienta Ghost for Linux. Meni principal.

Para la réplica de un disco se utilizara el modo RAW para copiar toda
la informacién (todos los bits del disco).

LI

G4L v0.26a, Frank Stephen 2008 modifications by Michael D. Setzer II

AW MODI
Choose one of the following options:

etwork use Backup/Restore to/from network
ocal use Backup/Restore to/from local drive
[Click'n'ClonefDirectly clone a drive]

how Help Show IMPORTANT helpfile

<Cancel>

Figura 8.13. Herramienta Ghost for Linux. Clonacion de un disco.
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CREACION O CLONACION/RECUPERACION DE UN
DISCO CON G4L (CONT.)

Dado que se va a hacer un clon del disco en un disco USB externo
se elegira la opcién “Click'n’Clone”. Se podria crear una imagen del
disco solamente y en ese caso se podria elegir alguna de las dos
primeras opciones.

- LILIL]

G4L v0.26a, Frank Stephen 2008 modifications by Michael D. Setzer II

LICK"n ' CLONE
Choose one of the following options:

A: Select sourcefliSelect source drive ()|
: Select target Select target drive ()
: Click’'n’Clone Clone the drive now!

< Bk >} <Cancel>

Figura 8.14. Herramienta Ghost for Linux. Seleccion de discos origen y destino a clonar.

Se selecciona la primera opcién (A) para elegir el disco origen. En
nuestro caso se elegira el disco hda que es el disco IDE del sistema
(hdal, hda2 y hda3 son las particiones del disco hda).

O [
G4L v0.26a, Frank Stephen 2008 modifications by Michael D. Setzer II

SELECT SOURCI
Choose source drive to clone.
(Use Space Bar)
Select from:

() finda)
() dal ______4088511--Compaqdiagnostics
) 36772785~ -HPFS/NTFS
) 7286865 - -HPFS/NTFS
) - 7897087 -DISK
) 7897056 -WI5FAT32

O <Cancel>

Figura 8.15. Herramienta Ghost for Linux. Seleccion de disco origen.
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PRACTICAS DE TALLER

CREACION O CLONACION/RECUPERACION DE UN
DISCO CON G4L (CONT.)

Una vez elegido el disco a clonar se debe elegir el disco destino
(Opcién B). El disco destino debera tener como minimo la misma
capacidad del disco origen.

Para ejecutar el proceso se elige la opcién C.

El resultado de este proceso es una réplica del disco que se queria
clonar.

Se aconseja para la clonacion discos de la misma capacidad.

RECUPERACION DE UN DISCO/RESTAURACION DE LA
IMAGEN

El proceso de restauracién del disco es analogo al anterior.

En este caso se seleccionan los discos origen y destino y se haria
la copia.

Ya solamente queda probar el sistema para corroborar que el proceso
se ha realizado correctamente.

................................................................................................................

8 UTILIDADES PARA LA COMPRESION/
. DESCOMPRESION DE ARCHIVOS Y
BACKUP/RESTAURACION DE SISTEMAS

................................................................................................................

tJEl] QUE ES UNA COPIA DE SEGURIDAD O BACKUP

Una copia de seguridad es hacer una duplicacién de todo o parte del
sistema.

482



© RA-MA 8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

En caso de un fallo en el sistema (borrado accidental, rotura de un disco,
fallo del sistema operativo o alguna aplicacién...) se procedera a ejecutar el
proceso de restauracién del mismo. Este proceso permite dejar el sistema en el
estado del mismo momento en el que se hizo el backup.

Las copias de seguridad no deberian estar muy espaciadas en el tiempo.
Mientras mas tiempo exista entre copia y copia mayor serd el volumen de

informacién que se pueda perder.

a4

Recuerda

Cuando hay un fallo en el sistema se pierde la informacion existente entre el
Ultimo backup y el momento del fallo. Esa informacién es posible que no se
pueda recuperar.

:JElF] TIPOS DE COPIAS DE SEGURIDAD

Vamos a ver 3 tipos de copias de seguridad o backup:

m Total o completa: Es aquella que copia toda la informacién almacenada

en el sistema. Desactiva el atributo de modificado a todos los archivos.

B Incremental: Copia sélo los archivos que tienen el atributo de
modificado activado. Una vez realizada la copia de seguridad ese atributo

se desactiva.

B Diferencial: Es igual que la incremental, lo inico que el atributo
modificado no se desactiva (este atributo se desactivara cuando se haga

una copia de seguridad incremental o completa).

Cuando se trabaja con archivos y éstos sufren alguna modificacion el
atributo de modificado se activa.
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Total Inc.
O B
FICHERQ 2“5 e sressseageunaes &
FICHERQ 3 - SN Wi PR s
FICHERO 4 *+++5 geessees
FICHERO 5 =+=+5 eseses

FICHERQ 6 *=*=*# ¢ +=rer ®I? ....... ®I? .........

‘k Fichero incluido en el backup
& Fichero modificado

Dif. = Diferencial
Inc. = Incremental

Figura 8.16. Ejemplos de copias de seguridad.

En la figura anterior se puede ver como funcionan los backup totales,
incrementales y diferenciales. El aspa indica que el fichero ha cambiado de
contenido y la estrella marca los ficheros que se han incluido en el backup.

Recuerda
El backup diferencial nunca desactiva el atributo modificado.

El proceso de restauracion
El proceso de restauracion o restore consistira en:
Restablecer la dltima copia de seguridad total.

Posteriormente se restauran desde la mas antigua hasta la mas moderna
aquellas copias de seguridad incrementales desde la Gltima exportaciéon
total.

Por tltimo restablecer la dltima copia de seguridad diferencial realizada
siempre y cuando sea ésta la Gltima copia realizada (no existe ninguna
copia incremental ni total posterior).
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tJEJE] LOS 10 CONSEJOS DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Realizar copias de seguridad de cuanto se pueda, como minimo de los
ficheros de datos.

2Los backups deben ser comprobados para saber si funcionan. Deberan
también estar correctamente etiquetados (fecha, equipo, tipo de backup,
contenido...) y ordenados.

Mantener los backups en sitios diferentes a los que se encuentran los datos.

No desdenar opciones como almacenamiento a distancia o remote backup,
pues puede ser una opcién interesante. Un disco externo de red puede ser una
opcibn viable.

Realizar backups incrementales o diferenciales si no es posible realizar
4siempre backup total. En ocasiones un backup total lleva mucho tiempo,
por lo tanto no hay que olvidarse que existen otros tipos de backup més rapidos
que pueden salvaguardar nuestra informacién.

No demorar en el tiempo los backups. Mientras mas tiempo pase entre un
backup y otro més informacién puede perderse.

Automatizar los backups. Es la mejor forma de mantener la seguridad

de un sistema. Automatizando los backup se asegura de que los backup
se hacen y que no le quitan mucho tiempo al administrador. No estaria mal
realizar un plan de seguridad analizando las necesidades de proteccién de los
datos y realizando un calendario de backup (haciendo que se cumpla).

No fiarse de hacer copia de seguridad sélo en otro PC. ;{Qué pasaria si hay
7un incendio, terremoto,...? Hay muchos sucesos que son improbables pero
eso no evita que puedan suceder. Por experiencia profesional es desaconsejable
hacer backups en dispositivos que no nos proporcionan seguridad ante ciertos
sucesos, como discos externos USB. En muchas ocasiones como subidas y picos
de tensién puede fallar tanto el disco interno del equipo como el propio disco
USB conectado al equipo.
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Comprobar que el soporte en el que se hacen las copias de seguridad esta
8en uso y no esté obsoleto y proteger las copias de seguridad de su posible
deterioro. Asimismo hay que proteger los equipos en los que se realizan estas
copias de seguridad mediante SAI u otro elemento que estabilice la tensién
suministrada al equipo.

Hacer un simulacro de pérdida de informacién. ;Qué pasaria si hay un

fallo, error o descuido y tenemos que recuperar la informaciéon? Al igual
que los incendios este es un buen sistema para comprobar si se esta preparado
ante una contingencia de este tipo. Si hacerlo sobre el sistema real es costoso
se puede hacer sobre otro equipo, maquina virtual...

Las copias de seguridad tienen que estar protegidas. De nada nos sirve
]_ Otener varias claves de seguridad para acceder a nuestro sistema si luego
las copias de seguridad estan al alcance de cualquiera. Se deberan conservar
las copias de seguridad en un sitio protegido y no olvidar que existen sistemas
de proteccion con contrasenas y claves que impiden un robo de los datos.

a4

Recuerda
Los CD o DVD hay que manejarlos por los bordes y conservarlos en un lugar
fresco y seco.

F

Recuerda

Es practicamente imposible garantizar la seguridad de un sistema al 100%. De
todas formas, si no se sigue una adecuada politica de copias de seguridad, la
probabilidad de que algo ocurra al sistema se incrementa exponencialmente.
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UTILIDADES PARA COMPRIMIR/DESCOMPRIMIR
FICHEROS EN LINUX

La compresién permite al usuario o administrador reducir el tamano de un
fichero sin perder informacién.

XArchiver

XArchiver es una aplicacién similar a las que nos podemos encontrar en
Windows® como 7zip, Winzip y Winrar. Algunas de estas herramientas son
de pago mientras que XArchiver es GPL, por lo tanto se puede utilizar sin el
consabido problema de las licencias.

Con XArchiver podemos trabajar con los siguientes formatos:

m TAR
m ZIP
m 7-ZIP
m JAR
m LHA
m SIT.
m GZIP
= BZip,
m BZip2

® Y otros

a4

Recuerda
XArchiver también se puede ejecutar desde la linea de comando.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION EN LINUX CON
XARCHIVER

Proceso de instalacion:

Archivo Editar Ver Terminal So a

profe;or@profe§0(—desktqp:‘$ sudo pt—get install xarchiver

Figura 8.17. Herramienta XArchiver. Instalacién en Ubuntu.

En Ubuntu la instalacién es sencilla. Basta con ejecutar desde un
terminal el comando:

sudo apt-get install xarchiver

Ya podremos acceder al programa desde el menu principal.

Create a new archive *

Nombre: [ficherocomprimido |
Guardar en |z carpeta; |@E: o
7 Buscar otras carpetas
(<[5 e [iEcHRBD e caes)
Lugares [~][nombre v | Modificado 1~
&, Buscar & alumnos Hoy a las 09:37
sados reciente roken Vista
Usad t =2 Broken Vist: 26/02/09
& profesor &8 carpeta sin titulo 24/04/09
(&3 carpeta sin titulo 2 07/05/09
L sistema de archivi[ill (= esi 30/04/09
[ soporte de 35,7 [ ahorasiseve 29/04/09
& Docurmentos [ amaya_wx-11.2-pre2-ubuntul_i386 deb Ayer a las 09:46
& musica | | Broken Vista.tar.gz 11/03/09
& Imagenes (&) dd.html 03/04/09
& videos [ diskete img 02/04/09
[ Ejercicio?.Conflictos.doc 23/04/09 v
Afiadic|| = ouitar [ Allfles :]
Archive type: | .zip < Add the archive extension to the filename
‘ Qcancelar ‘ ‘ Create ‘

Figura 8.18. Herramienta XArchiver. Creacién de un archivo comprimido.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION EN LINUX CON
XARCHIVER (CONT.)

Los siguientes pasos a realizar son comunes con otros programas de
compresion, el primero sera crear el fichero o paquete comprimido
para posteriormente ir afiadiendo ficheros o directorios.

File Action Melp & Add files to the archive

_ | Files and directories to add
6 O | % coronare
|| fhome/profesor/Escritoriofxarchiverl.png

|| jhomejprofesor/Escritoriofxarchiver2.png

O Files -
() Directories | = Quitar | | =k Afadir |

Options
Recurse subdirectories
[] remove files after adding
|| Do not add file paths
[] Freshen an existing entry in the archive
[] Update an existing entry in the archive
[[] Password: |

Cormpression level: 8 { ==

| ogancelar | [ % Add l

|Choose Add to begifrerestmg trme-erermve: |

Figura 8.19. Herramienta XArchiver. Afiadir ficheros al archivo comprimido.

Al afiadir los ficheros se puede, entre otras opciones, aumentar
o disminuir el nivel de compresion (0-sin compresidon hasta
9-compresion maxima), actualizar los ficheros, no afiadir el path de
los ficheros o borrarlos una vez comprimidos.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION EN LINUX CON
XARCHIVER (CONT.)

ficherocomprimido.zip - Xarchiver 0.4.6

File Action Help

B

Filename | Original | Method| Compressed| Ratio| Date | Tirmi
! home/profesar/Escritoriofxarchiver2.png 496971 Defl:x 480851 3% 05-14-09 09:%
home/profesor(Escritoriofxarchiverl.png 729894 Deflx 713648 2% 05-14-09 09:7
( EEES—_—-—S_S___ >
Operation completed. |

Figura 8.20. Herramienta XArchiver. Detalles del fichero comprimido.

Una vez comprimidos los archivos se podra ver el ratio de compresidn
y otros atributos como la fecha y hora de creacién del fichero...

Recuerda que los ficheros comprimidos se utilizan también para
empaquetar archivos.

ficherocemprimido.
zip

Figura 8.21. Fichero comprimido en el escritorio.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION EN LINUX CON
XARCHIVER (CONT.)

Una vez creado el fichero comprimido se podria hacer doble click
sobre él y verificar su contenido o empezar a trabajar con él.

& ficherocomprimido.zip

GAAtras ? Lugar: l&] jhome/profesorfEscritoriof l
Nombre ~ | Tamafio | Tipo | Fecha de modificacii |
B xarchiverl.png 7128 KB imagen PNG 14 mayo 2009, 09:34
E xarchiver2.png 485,32 KiB imagen PNG 14 mayo 2008, 09:39
2 objetos (1,2 MiB) A

Figura 8.22. Abriendo el fichero comprimido con otra herramienta. File Roller.

P Como actividad propuesta se pide al alumno que instale el programa
y trabaje comprimiendo y descomprimiendo archivos comprobando
las diferentes opciones de la ventana “Add file to the archive - Afadir
ficheros al archivo”.
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UTILIDADES PARA COMPRIMIR/DESCOMPRIMIR
FICHEROS EN WINDOWS®

PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION CON 7ZIP PORTABLE

El funcionamiento de 7zip es muy parecido a winzip y winrar pero
éste tiene una ventaja y es que es gratuito y ademas portable, con
lo cual nos evitamos todos los problemas de la instalacion.

79 C:\Documents and Settings\JUAN CARLOS\Escritoriolicalemlamberonyx\

Archive  Ediar Ver Favorkos Herramientas Ayuda
- L S bi§
Agreger Extroer Prober | Copir  Mover Borar  Informacdén
2 [&c d Ay ~
Nonbre. Tamafio | Modficado Creado heceso Atrbutos Tamafo conpri.. | Comentaro A
4951 20090127 1625 Z00301-16 1101 20050506 17:24 a 4951
63714 20050127 1625 20090116 11101 20090505 17:24 A a1e
317 20050127 1625 20030116 11101 20090505 17:24 A e
65360 20000127 1625 20030116 11101 20090505 17:24 A 6530
15556 20090127 1625 200901-16 1101 20090506 17:24 A 15558
25535 20050127 16:3 20090116 11101 20090505 17:24 A 535 J
3510 20050127 16141 20030116 11101 20090505 17:24 A sss10
0737 20060127 16:41 20030116 1101 20090506 17:24 A w0737
320 20050127 16141 20030116 11101 20090505 17:24 A a0
3955 20050127 16142 20030116 11101 20090505 17:24 A e
16635 20050127 1642 200901-16 11101 20090506 17:24 A P
10205 20050127 1625 200901-16 1101 20090506 17:24 A 10203 L
19954 20090127 16142 200901-16 11101 20090506 17:24 A 15994 3
) seleccionadols) 415 782 18994 2008-01-27 16:42

Figura 8.23. Herramienta 7zip.

La ventana principal es muy parecida a los programas tipicos de
compresion con las opciones de agregar y extraer. Ademas de estas
dos opciones se puede utilizar la opcién de probar, en la cual nos
mostrara los ficheros comprimidos dentro de nuestro archivo(s), el
tamafo real y el comprimido.

Archivos: 1

Directorios: 0

Ficheros: 13

Tamafio: 415782 {0 MB)

Tamafio Comprimido: 408608 (0 MB)

Mo hay errores

Figura 8.24. Herramienta 7zip. Resultado de la opcion probar.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION CON 7ZIP PORTABLE
(CONT.)

Otras dos funciones muy Uutiles de esta ventana son la opcion de
copiar, mover, borrar e informacion. Esta Ultima funcidon nos mostrara
la informacién de los archivos y directorios seleccionados.

PASO 1: COMPRIMIR UN ARCHIVO

El primer paso que se va a realizar es una compresiéon de un grupo
de archivos empaquetandolos en un Unico archivo, por lo tanto, se
elegirad el conjunto de archivos a comprimir y se pulsara el botén
(+) agregar.

Anadir al archivo |£‘
Archive:
‘ambemnyx.?z £ | D
Pl o et il extrefimsin
Nivel de Compresidn:
Opciones
VDB EEEIH [ Crear archiva SFX [auto-estraible)
T amafio de Diccionario: 16 ME " [[] Comprimir aichivas ahiertos para escritura
Tamafio de la Palabra: 32 v Encriptacian
[ Ra—. Eserba s conlasefia
Nmero de hilos de CPU: 12
Esciiba nuevamente la contrasefia:
Memaria usada para Comprirnir: 192 MB ‘ ‘
Memaria usada para Descomprimir 18 MB [ Mostrar contraseia
Partir en fragmentos, bytes: Métado de Encriptacidn: AES-256 v
‘ v | [[] Encriptar nombres de fichero
Parametros:
[ Aceptar J [ Cancelar l [ Aypuda ]

Figura 8.25. Herramienta 7zip. Creacion de un archivo.
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PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION CON 7ZIP PORTABLE
(CONT.)

Se pasara a comentar las opciones de la ventana de compresion.

El programa soporta ficheros tar, zip y 7z. Este ultimo es el formato
propietario del programa con el que se tienen mas opciones de
configuracién. El formato RAR no es soportado en escritura debido
a que es un formato propietario de la empresa RarLabs (no puede
comprimir ficheros en formato RAR, pero si se pueden leer y extraer
los ficheros en este formato).

Es posible modificar el tipo y nivel de compresién (hasta 6 niveles).

También se pueden crear ficheros autoextraibles lo cual es cdmodo
muchas veces, y crear ficheros encriptados con una clave para
mayor seguridad.

En el caso de que se vaya a grabar ficheros muy grandes a un CD
o DVD, el programa permite “trocear” estos ficheros comprimidos
grandes con el tamafio del soporte.

PASO 2: DESCOMPRIMIR UN ARCHIVO
El paso siguiente es la descompresion de un archivo.

Extraer %

Extraer &

Modo de directorio Sobrescibir

O Directario completa @ Con confimacion

() Directario relativo O Sin confimacidn

O Sin directorio () Congervar archivos existentes
() Renaombrar automaticamente

O Auto-Rrenombiar archivos existentes

Contrasefia

I

[ Mostrar contrasefia

[ Acepar [ Cancelr | [ Awda |

Figura 8.26. Herramienta 7zip. Extraccion de un archivo.

494



© RA-MA 8 = UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

PRACTICAS DE TALLER

COMPRESION/DESCOMPRESION CON 7ZIP PORTABLE
(CONT.)

Al entrar al dialogo de descompresién se puede elegir el modo de
directorio:

e Directorio completo: Si se extrae con rutas absolutas.

e Directorio relativo: Si se extrae con rutas relativas.

e Sin directorio: Extrae los ficheros sin tener en cuenta las rutas.
También se puede introducir la contrasefia si el archivo la tiene y
escoger la opcion de sobreescribir.

Ademas de las opciones ya vistas, el sistema tiene una opcion de
benchmark en el que prueba la velocidad del sistema en comprimir
y descomprimir archivos.

Pruebas (Benchmark) B_
Tamafio de Diccionario: 32ME  + |  Usode Memoria: 426 1B
M de hilos de CPL: 42

umera de hilos de .
Velocidad Uszode CPU Resultante / Uso Taza
Compreszion
Actual 845 KB/z 148% 572 MIPS 848 MIPS
Fesultante 797 KB/ 153% 5396 MIPS 10 MIPS
[escompresidn
Actual 14261 KB/2 194% E91 MIPS 1341 MIPS
Fesultante 14261 KB/s 194% £31 MIPS 1341 MIPS
Tiempo a0:01:05 Taza Total
Tamafic: BME 173% B43 MIPS 1125 MIFS
Pasos: 1
Apuda ] [ Cancelar

Figura 8.27. Herramienta 7zip. Benchmark.
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» Como actividad complementaria se pide al alumno que investigue
las diferencias mediante varios ejemplos de los siguientes modos de
directorio en la extraccién:

a. Directorio completo.

b. Directorio relativo.

JEN UTILIDADES PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD EN
LINUX

Linux tar

El comando tar (Tape ARchiver) se utilizé para crear copias de seguridad
en cinta, de ahi su nombre. Ahora sigue siendo tutil a pesar de que se utilizan
las cintas cada vez menos.

El comando tar tiene multiples parametros. Seguramente muchos
administradores de sistemas no sepan ni la mitad de todos ellos. En este
apartado se van a ver ejemplos sencillos de cémo funciona este comando.

La sintaxis del commando tar es la siguiente:

tar [ - ] A --catenate --concatenate | ¢ --create |

d --diff --compare | r --append | t --list | u --update |

X -extract --get [ --atime-preserve | [ -b, --block-size N ]

[ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory DIR ]

[ --checkpoint | [ -f, --file [HOSTNAMEF ] [ --force-local ]

[ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental |
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[ -g, --listed-incremental F'] [ -h, --dereference ]

[ -1, --ignore-zeros | [ -}, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ]

[ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ]

[ -1, --one-file- system | [ -L, --tape-length N ]

[ -m, --modification-time | [ -M, --multi-volume ]

[ -N, --after-date DATE, --newer DATE ]

[ -0, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ]

[ -p, --same-permissions, --preserve-permissions |

[ -P, --absolute-names ] [ --preserve | [ -R, --record-number ]
[ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ]

[ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse |

[ -T, --files-from F ] [ --null ] [ --totals ]

[ -v, --verbose | [ -V, --label NAME ] [ --version ]

[ -w, --interactive, --confirmation | [ -W, --verify ]

[ --exclude FILE ] [ -X, --exclude-from FILE ]

[ -Z, --compress, --uncompress | [ -z, --gzip, --ungzip |

[ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress ]

[ -[0-7]Imh] ]

NombreDeArchivol [ NombreDeArchivo2, ... NombreDeArchivoN ]

directoriol [ directorio2, ...directorioN ]

Este es el resultado de ejecutar el comando man tar en un terminal.

497



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

n EJEMPLO 8.1

EMPAQUETAR UN DIRECTORIO

dsl@box:“/datos$ tar cvf dirl.tar dirl
dirl/
dirl/datos2,txt

dirl/datos,txt
ds1@box:"/datos$ i

Figura 8.28. Empaquetando un directorio con tar.

tar cvf dirl.tar dirl

Este comando creara un fichero dirl.tar que contendra el directorio
dirl (con todos sus ficheros y subdirectorios si existen).

n EJEMPLO 8.2

EMPAQUETAR VARIOS DIRECTORIOS Y ARCHIVOS

dsl@box:“/datos$ tar cvf dirl.tar dirl fichero,txt
dirl/
dirl/datos2,txt

dirl/datos,txt
fichero,txt
dsl@box:“/datos$

Figura 8.29. Empaquetando un directorio y un archivo con tar.

tar cvf dirl.tar dirl fichero.txt

Podemos especificar en el comando tar todos los archivos y directorios
que queremos empaquetar. En este caso dirl y fichero.txt (pero
podrian ser muchos mas).
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n EJEMPLO 8.3

DESEMPAQUETAR UN FICHERO TAR

dsl@box:“/datos$ tar xvf dirl,.tar
dirl/
dirl/datos2,txt

dirl/datos,.txt
fichero,txt
ds1@box:"/datos$ i

Figura 8.30. Desempaquetando un fichero tar.
tar xvf dirl.tar

Para desempaquetar un fichero tar en otra ubicacion afiadir al
final:

— C /ruta/directorio

n EJEMPLO 8.4

EMPAQUETAR DIRECTORIOS Y ARCHIVOS DE FORMA
COMPRIMIDA

ds1@box:“/datos$ tar cvzf dirl,tar,.gz dirl
dirl/
dirl/datos2,txt

dirl/datos,txt
ds1@box:~/datos$

Figura 8.31. Empaquetando un directorio con tar con compresion.

tar cvzf dirl.tar.gz dirl
0

tar cvzf dirl.tgz dirl

La opcidn z utilizara gzip para comprimir el fichero.
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n EJEMPLO 8.5

DESEMPAQUETAR UN FICHERO TAR QUE ESTE
COMPRIMIDO

ds1@box:“/datos$ tar xvzf dirl,tar.gz
dirl/
dirl/datos2,txt

dirl/datos,txt
ds1@box:“/datos$ i

Figura 8.32. Desempaquetando un fichero tar comprimido.

tar xvzf dirl.tar.gz

n EJEMPLO 8.6

LISTAR EL CONTENIDO DE UN FICHERO TAR

tar tuf dirl,tar
Ff

0 2009-05-1

Figura 8.33. Listando el contenido de un fichero tar.

tar tvf dirl.tar
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n EJEMPLO 8.7

LISTAR EL CONTENIDO DE UN FICHERO TAR
COMPRIMIDO

Figura 8.34. Listando el contenido de un fichero tar comprimido.

tar tvzf dirl.tar.gz

a4

Recuerda
Es el usuario quien tiene que ponerle la extension al fichero comprimido. Se
suele utilizar .tar.gz o .tgz

Linux Sbackup

Sbackup es un programa con el cual se pueden realizar de una forma
sencilla copias de seguridad en forma local o incluso de forma remota.

El funcionamiento es sencillo y aunque se disend esta aplicaciéon para
trabajar con Ubuntu, funciona para cualquier distribucién derivada de
Debian.
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PRACTICAS DE TALLER

MANEJO DE SBACKUP EN UBUNTU LINUX

Para la instalacién de esta herramienta en Ubuntu, basta con ejecutar
el siguiente comando:

sudo apt-get install sbackup
Una vez ejecutado este comando nos aparecerd en Sistema-
>administracion el acceso a la configuracion de las copias de respaldo

y la restauracion de las copias de respaldo.

El aspecto del programa se muestra en la siguiente figura:

& Propiedades de la copia de respaldo
General lincluir Excluir |Destino |Hora Purgando

) Usar parémetros de copia de respaldo recomendados

Realizar copias de respaldo estandar.
Por def les di <o aldo com|

seman.
local y var.

Los archivos multimedia, temporales y mayores a 100 Mb seran
excluidos.

() Usar ajustes de copia de respaldo personalizados
Generar copias de respaldo de acuerdo a lo definide en
las paginas siguientes a este dialogo.

® [Solo copias de respaldo manuales
No realizar copias de respaldo de sus datos auteméticamente. Nota:
esto no previene la realizacion de copias de respaldo manuales.

‘ @ Acercade || B3generar copis de respaldo anorat || || Guardar || [d cerrar

Figura 8.35. Herramienta Sbackup.

Se elegira utilizar copias de respaldo recomendadas, personalizadas
o manuales y en la siguiente pestafia se incluirdn los ficheros de los
que se quiere hacer copias de respaldo o respetar los ficheros que
propone el sistema:
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PRACTICAS DE TALLER

MANEJO DE SBACKUP EN UBUNTU LINUX (CONT.)

[ Propiedades de |a copia de respaldo:

General Incluir |Excluir | Destino |Hora Purgando

JhomejalumnoEscritorio]

ot T oteds it

[ quardar [ cerrar

€ Acercade ‘ ‘ s generar copia de respaldo Ahoral

Figura 8.36. Herramienta Sbackup. Directorios a comprimir.

Una vez se pulsa “Generar copia de respaldo ahora” se comienza a
ejecutar el backup automaticamente.

] ] | | Propiedades de la copia de respaldo

General  Incluir | Excluir| Destino | Hora Purgando |
® Use directorio de respaldo por defecto (varbackup)
) Use directoria lacal de copia de respalda personalizado

alumno.

() Use un directorio remoto (SSH o FTP)

Se hainiciado un proceso de copia de respaldo
en sequndo plano. £l id del proceso es: 15936,

sshijusuarioicontras

b cerrar

@ Acerca de || gasenerar copia de respaido ahoral || [Pguardar Il Edcerrar

Figura 8.37. Herramienta Sbackup. Generacién de la copia de seguridad.
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PRACTICAS DE TALLER

MANEJO DE SBACKUP EN UBUNTU LINUX (CONT.)

El directorio destino es configurable. El directorio que utiliza el
programa por defecto es /var/backup.

Propiedades|delaicopialde respaldo:

General Incluir Excluir| Destino| Hora |Purgando |

el et ‘semana\ v | O simply @ fprecisely  en
Dia del mes Dia de la semana Hora Minuto
1 “[1unes H
2 | martes Q‘A ‘:H“
3 miércoles
a4 ~liveve =

Definicién de tiempo cron personalzado: 01+ +

Realizar una copia de respaldo completa al menos una vez cada |21 3 dies

Puede configurar cuan frecuentemente empezar la ejecucidn de un
proceso de respaldo y cuando hacerlo
(1] Amenos que un nimero determinado de dias hayan pasado desde
el Gitimo proceso completad, se harén respaldos incrementales.
Vea *man 5 crontab* por la definicién de tiempo en cron.

‘ ) Acercade ‘ ‘ # Generar copia de respaldo Ahorat ‘ ‘ | “guardar ‘ ‘ | cerrar

Figura 8.38. Herramienta Sbackup. Programacion de las copias de seguridad.

También es posible programar las copias de seguridad. Esta
herramienta lo que hace es automatizar la copia mediante la
herramienta cron del sistema pero de una manera mas facil e
intuitiva para el usuario.

Cliplderl on

Archivo Editar Wer Terminal Solapas Ayuda
Se instalaron de forma automética los siguientes paguetes y ya no son necesarios|=

1ibdc1394-13 libgsml
Utilice «apt-get autoremove» para eliminarlos.
Se instalaran los siguientes paquetes NUEVOS:
sbackup
0 actualizados, 1 se instalaran, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Necesito descargar 67,5kB de archivos.
se utilizaran 524kB de espacio de disco adicional después de desempaguetar.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.con hardy/universe sbackup 6.18.4 [67,5kB]
Descargados 67,5kB en 85 (99,2kB/s)
Seleccionando el paguete sbackup previamente ne seleccionado.
(Leyendo la base de datos ...
127594 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando sbackup (de .../sbackup 0.10.4 all.deb) ...
Configurando sbackup (8.108.4) ...

alumnn@zesirlﬂs:ﬂi 1s /var/backup
2009-05-13_12.35.48.966875.2esi-05. ful
alumno@esi-65:~5 [ -

Figura 8.39. Listando los ficheros generados.
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PRACTICAS DE TALLER

MANEJO DE SBACKUP EN UBUNTU LINUX (CONT.)

Siempre que se hace una copia de seguridad hay que verificar dos
cosas:

1. La copia de seguridad se ha generado. En nuestro caso se
verifica que la copia se ha generado correctamente en el
directorio /var/backup con un simple Is.

2. Probar que la copia de seguridad contiene los ficheros que se
queria salvaguardar. Para ello, una opcién es recuperar los
datos en otro dispositivo o en otro directorio.

[ Hestaturararchivos/diTectorios o[’

Restaurar carpeta de origen

® Usar por defecto: fvarfbackup

() Usar personalizado: Aplicar

Copias de respaldo disponibles: ||2009-05-13_12.35.48.966875.2esi-05.ful  +

Archivos y Directorios a restaurar

b etc |
P home
P ousr
P var

Restaurar Restaurar como ...

Egerrar |

Figura 8.40. Herramienta Sbackup. Restauracién de una copia de seguridad.

La restauracion se hara mediante la aplicacidén restaurar copias de
seguridad del menu Sistema->administracién.
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P Como actividad se propone que el alumno realice lo siguiente:

b.

.............

.............

Instalar sbackup en el equipo

Crear un directorio en el escritorio incluyendo en él algun fichero
de texto editando su contenido.

Crear un backup de dicho directorio mediante la herramienta
sbackup.

. Borrar el directorio y los ficheros que contiene.

Restaurar la copia de seguridad.

Verificar la existencia del directorio restaurado y el contenido de
los ficheros restaurados.

...................................................................................................

...................................................................................................

CZF] QUE ES LA TECNOLOGIA RAID

RAID significa Redundant Array of Inexpensive Disks (matriz redundante
de discos econémicos). Es una matriz de discos compuesta de dos o mas discos,
los cuales no tienen por qué ser caros (podemos utilizar la tecnologia SATA) y
organizados de una forma “redundante” lo cual indica que la informacién esta

repetida de alguna forma.

La repeticién de esta informacién lo que implica es seguridad. Seguridad
de que en caso de que se estropee algiin disco la informacién no se pierde pues
esta repetida. En el caso de fallo, el sistema puede seguir funcionando (en caso
de que esté replicado por completo) cosa que no ocurre en un sistema en la que

la informacién no esté repetida.

Los sistemas RAID se pueden implementar mediante:
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Software: Es el sistema mas econémico pero menos eficiente.
Normalmente se suele utilizar RAID para salvaguardar solamente
los datos. El establecer RAID por software para salvaguardar el
sistema operativo por regla general ralentiza mucho el sistema y los
administradores no suelen optar por esta opcién. No todos los sistemas
operativos soportan RAID (Linux si lo soporta y Windows® Server
también).

Hardware: Es la forma mas légica de implementar RAID. De siempre
se ha venido utilizando una tarjeta controladora conectada mediante
un bus SCSI a discos SCSI con prestaciones mucho mas altas que los
discos normales (10.000-15.000 RPM frente a las 7.200 de los discos
de un equipo sobremesa) aunque actualmente existen controladoras
integradas en las placas base que permiten realizar los métodos RAID
mas comunes con discos SATA, lo cual se convierte en algo mas facil de
configurar y mas econdémico.

Tabla 8.1. Ventajas y limitaciones de los tipos de RAID
software y hardware

Bajo coste. Sdlo se Mucho menos eficiente que el
RAID por requiere un sistema RAID por hardware.
software operativo correctamente  Bajo rendimiento del sistema.
configurado.

Mas costoso, aunque con una
placa base que incorpore RAID
los costes se reducen bastante
(y también el rendimiento si es
fake-RAID).

Mas eficiente que el

RAID por RAID por software.
hardware Menos carga de trabajo
para el microprocesador.

Recuerda que en los apartados 3.2.1 y 3.4.2 del capitulo 3 tienes mucha
informacion sobre discos duros y unidades SSD.
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L) RAID COMO COMPLEMENTO O NO DE LAS COPIAS DE
SEGURIDAD

El administrador o responsable de sistemas que piense que RAID sustituye
por completo a las copias de seguridad esta bastante equivocado.

RAID nos da la tranquilidad de que ante cualquier fallo hardware se puede
recuperar el sistema de una manera agil y rapida. De todas formas no previene
sobre un borrado accidental de los datos o una corrupcién de ficheros u otra
desgracia parecida.

Por lo tanto, se deberan realizar copias de seguridad tanto si se utiliza
RAID como si no se utiliza. RAID lo que da al administrador es una seguridad
mayor ante cualquier posible fallo del hardware y la certeza de que el sistema
puede seguir funcionando en menos tiempo.

CIZJE] TIPOS DE RAID

RAID 0 (Striping o Duplexing)

DATOS

Al A1 A2 A3 A4

RAID 0

disco 0 disco 1
Figura 8.41. RAID 0 (configuracién minima).
Striping se puede traducir como entrelazado. En este caso no hay

implementado ningin mecanismo de seguridad. La informacién se reparte en
bloques por todos los discos que formen parte del stripe.

Se necesitan como minimo dos discos.

El objetivo es aumentar el rendimiento pues escribir o leer a la vez en varios
discos hace que aumente la velocidad de escritura y lectura.
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No es aconsejable utilizar este sistema cuando un fallo en el sistema o
parada prolongada del mismo puede representar un problema grave.

a4

Recuerda

La pérdida o error en un disco de RAID 0 implica la pérdida de la informacién en
el sistema. Esta pérdida sera definitiva salvo que la informacion se encuentre
en algun backup.

RAID 1 (Mirroring)

DATOS

A| A1 A2 A3 Ad

RAID 1

disco 0 disco 1

Figura 8.42. RAID I (configuraciéon minima,).

RAID 1 o Mirroring (discos en espejo) consiste en la duplicidad de los datos.
Por cada disco presente en el sistema se tiene otro con la misma informacién,
de tal manera que cuando un disco falla, el sistema puede seguir funcionando
dado que la informacién permanece duplicada.

a4

Recuerda

Se pueden utilizar en RAID 1 discos de diferentes capacidades o velocidades.
Al final la pareja de discos tendra la velocidad del menor y la capacidad del
menor.

Aunque esto es posible, se aconseja utilizar discos exactamente iguales, de esa
forma se evitaran problemas y se maximizara el rendimiento.
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La sobrecarga u overload del sistema siempre sera del 50%. Por cada disco
se tendra un disco extra, por lo tanto el sistema tendra 2*n discos.

El rendimiento de lectura aumenta (hasta el doble como méximo) porque
puede leerse de varios discos a la vez.

El rendimiento de escritura permanece constante.

RAID 2 (Bit striping + Hamming Code)

Utiliza una divisién de la informacion en bits por todos los discos del stripe
y el cédigo Hamming para la recuperacién de errores.

RAID 2 no se utiliza debido a que existen sistemas més avanzados y
eficientes como RAID 4 o0 5.

RAID 3 (Byte striping + Paridad)

Utiliza una divisién de la informacién en bytes por todos los discos del
stripe y la paridad para la recuperacion de errores.

a4

Importante: La paridad

La paridad es una informacion adicional que se calcula antes de escribir los
datos en disco. Si falla algun disco, la informacidn se reconstruye con ayuda de
la paridad. En el caso de que el disco que falle sea el de la paridad, la paridad se
volvera a recalcular en el disco de repuesto.

La ventaja frente al RAID 2 es que la paridad ocupa menos que el cédigo
Hamming.

RAID 3 no se utiliza debido a que existen sistemas méas avanzados y
eficientes como RAID 4 o 5.
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RAID 4 (Striping + Paridad)

DATOS

RAID 4

disco 0 disco 1 disco 2

Figura 8.43. RAID 4 (configuraciéon minima,).

Igual que RAID 3, pero en vez de distribuir la informacion por los discos
por bytes, la distribuye por sectores. La paridad la almacena en un disco del
stripe aparte de los datos.

Tiene un rendimiento mayor que RAID 2 y 3.

Necesita como minimo 3 discos (2 para datos y uno para paridad).

RAID 5 (Striping + Paridad distribuida)

DATOS

disco 0 disco 1 disco 2

Figura 8.44. RAID 5 (configuraciéon minima,).

RAID 5 funciona igual que RAID 4, pero distribuye la paridad por cada uno
de los discos del stripe o matriz.

Tiene un rendimiento de escritura mucho mayor al escribir la paridad de
forma distribuida.
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Se necesitaran como minimo 3 discos. Con 4 discos el overload o sobrecarga
es de un 25% (por ejemplo, si tenemos 4 discos de 100 GB cada uno el tamano
maximo disponible total de datos sera de 300 GB).

Sobrevive al fallo de un disco (no al de dos).

Es el RAID mas utilizado al ofrecer un mejor equilibrio coste-rendimiento-
protecciéon. Dado que RAID 5 es una solucién mejorada a los sistemas RAID 2,
3y 4 es facil de entender por qué estos ultimos no se utilizan y practicamente
no se habla de ellos.

Tabla 8.2. Ventajas y limitaciones de los tipos de RAID 0, 1

y5
Tipo Minimo de . N

No existe proteccion

RAID 0 2 Rendimiento. de datos.
Alto coste. Se
necesita duplicar el
Buena proteccion numero de discos
RAID 1 de datos y alto (2*n).

RAID 5

rendimiento.

Mejor relacion
rendimiento/precio.
Necesita n+1 discos
con un minimo de 3

discos.

Con 4 discos el
overload es solo del
25% mientras que con
RAID 1 seria del 50%.

El overload es
elevado, siempre un
50%.

Escritura mas lenta
que con RAID 0 o 1,
dado que el sistema
tiene que calcular la
paridad para cada
dato que escribe.
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RAID 0 RAID 1
Gran velocidad. TOI?;ig:'a a
Poca tolerancia a s
fallos (mirroring o
espejo)
RAID 2
Redundancia con
co6digo Hamming
RAID 5
Ofrece el mejor
equilibrio coste-
rendimiento- RAID 3
pEr:t:: [r:rgs] RAID 4 Utiliza paridad
utilizado Distribucién de (mejor que el
paridad por co6digo Hamming)
sectores

Figura 8.45. Comparativa RAID.

SISTEMAS RAID ANIDADOS

En este caso hay que tener en cuenta el orden en que se enumeran los
RAID. RAID 0+1 quiere decir que a un conjunto de discos en RAID 0 se le
aplica RAID 1 (mirroring).

RAID 0+1

DATOS

A| A1 A2 A3 A4

RAID1

Figura 8.46. RAID 0+1.

RAID 0+1 corresponde a implementar un stripe y duplicarlo en espejo.
Se necesitaran como minimo 4 discos.

La sobrecarga u overload es de un 50%.
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RAID 10 (1+0)

DATOS

A|A1 A2 A3 A4

| RAID 0
RAID 1 RAID 1

Figura 8.47. RAID 10.

RAID 10 corresponde a implementar varios espejos y luego realizar con
ellos un stripe.

Se necesitaran como minimo 4 discos.
La sobrecarga u overload es de un 50%.

Es una configuraciéon mas usada que RAID 0+1 puesto que es ligeramente
mas tolerante a errores. Permite multiples fallos siempre que se produzcan en
un espejo distinto.

Los niveles RAID mas utilizados son los siguientes:

m RAID 0, 1 y 10 para equipos normales, Workstation y servidores
pequenos.

m RAID 5y 50 para grandes servidores. También es comun ver RAID 5 en

equipos normales o servidores més pequenos.

FJZI5] CREACION DE UN RAID POR HARDWARE

a4

Recuerda
Espejo, Mirror y RAID 1 son conceptos equivalentes.
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CAS DE TALLER

INSTALACION DE RAID POR HARDWARE

PASO 1: Instalacion fisica.

Figura 8.48. Manual de la placa base.

Para crear un RAID econdmico se necesitara un equipo que tenga
una placa que permita RAID por hardware. No todas las placas
permiten realizar RAID por hardware. Dado que la diferencia de
precio entre una placa que si trabaja con RAID y una que no es
minima en precio, siempre hay que elegir esta Ultima si se cree que
puede ser necesario en un futuro.

En este ejercicio se va a realizar un RAID 1 por hardware también
Ilamado mirroring o disco en espejo.

Figura 8.49. Dos discos Instalados en sus correspondientes bahias.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE RAID POR HARDWARE (CONT.)

El primer paso es instalar 2 discos iguales en el equipo, aseguradndose
que estan correctamente anclados e instalados.

Los discos anteriormente instalados puede reconocerse que son
SATA y ambos son el mismo modelo y con la misma capacidad.

Son los Unicos discos que va a tener este equipo, con lo cual en ellos
residira el sistema operativo y la informacion del usuario.

PASO 2: Configuracion de la BIOS.

1 IDE Controller [Enabled]

Figura 8.50. Configuracion del RAID en la BIOS.

Como paso previo, en la BIOS habra que configurar el modo de
operacion como RAID.

Una vez modificado este parametro en la BIOS. Se entrara al menu
principal RAID pulsando la tecla F10 (en este caso) durante el
arranque del equipo.

MediaShield BIOS Dec 13 2067
- Define a New fArray

RAID Mode: Stripe Block:

Free Disks

j 5 fAirray Disks
Port Disk Model Capacity Port Disk Model

Figura 8.51. Configuracion del Mirror. Eleccion de los discos.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE RAID POR HARDWARE (CONT.)

El siguiente paso a realizar sera configurar un nuevo RAID. Para ello
se elegiran los dos discos que el sistema tiene instalados.

MediaShield BIDS Dec 13 2007
- Define a New fArray -

RAID Mode: e Stripe Block:

Disks firray Disks
Disk Model Capacity Port Disk Model

Figura 8.52. Configuracién del Mirror. Discos seleccionados para el Mirror.

Una vez que se han elegido los dos discos, el sistema al ser un RAID
1 0 en espejo debera trabajar con ambos como si fuese uno solo.

MediaShield BIOS Dec 13 2607
- firray List -

Boot Status  Uendor  Array  Size

Healthy NVIDIA  MIRROR  74.536

Figura 8.53. Mirror establecido.

En la imagen anterior se puede reconocer cémo en vez de dos discos
se utilizard en adelante uno solo con la misma capacidad que los
anteriores.

Array 2 : NVIDIA MIRROR  74.536
- firray Detail -

RAID Mode: Mirrored
Stripe Width: 1 Stripe Block: 64K

Port Index Disk Model Capacity
0.
1

8 [} ST386815A8 74.536B
8 1 ST386815AS 74.536B

Figura 8.54. Detalle de los discos que componen el Mirror.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE RAID POR HARDWARE (CONT.)

En el detalle se puede verificar cdmo se ha configurado el RAID.
Como puede observarse, el sistema RAID no tiene chequeada la
columna de Boot, esto quiere decir que de momento no se podra
arrancar con él, por lo tanto se debera activar esta columna.

MediaShield BIOS Dec 13 2007
- frray List -

Boot Status  Uendor Array  Size

{ Healthy WNVIDIA  MIRROR  74.536

Figura 8.55. Configuracion del Mirror. Activacién del flag de boot.

PASO 3: Instalacion del sistema operativo.

En este momento habra que instalar el sistema operativo. La
instalacion del sistema operativo hard necesaria la instalacion
también de los drivers del fabricante de la placa base para que el
sistema pueda trabajar con el RAID.

PASO 4: Recuperacion ante un fallo.
Una vez instalado por completo el sistema se debera probar el fallo

de un disco y su posterior recuperacion.

MediaShield BIOS Dec 13 2007
- frray List -

Boot Status Uendor firray  Size

{ Degraded NVIDIA MIRROR 74.536

Figura 8.56. Espejo roto por algin fallo.
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PRACTICAS DE TALLER

INSTALACION DE RAID POR HARDWARE (CONT.)

El fallo se puede provocar simplemente desenchufando el cable de
datos y de alimentacion de uno de los discos (simulando que el disco
ha dejado de funcionar).

El sistema avisara de la anomalia y una vez entrado en el menu de
configuracién RAID se puede ver que uno de los discos ha dejado
de funcionar.

firray 1 : NVIDIA MIRROR  74.53¢
- fArray Detail -

RAID Mode: Mirrored
Stripe Width: 1 Stripe Block: 64K

Port Index Disk Model

Capacity

—_—

1.0 1 ST380815AS 74.53GB

Figura 8.57. Sélo funciona un disco del Mirror.

En ese caso habra que sustituir el disco que ha fallado por otro
nuevo y recuperar el RAID

I ACTIVIDADES

P Como actividades alternativas se te propone que configures un equipo
con 3 o0 4 discos y realices un RAID 5 por hardware
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00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse
00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

I TIPOS DE MALWARE

Virus

Un virus es un programa software que se adjunta contagiando un archivo
del sistema para propagarse a otros equipos y danar el sistema.

Dependiendo del virus las consecuencias para el equipo seran de mayor o
menor gravedad (igual que los virus humanos).

Recuerda

Nunca hay que abrir correos de desconocidos. La mayoria de virus entran en los
sistemas via correo electrdnico.

No abrir ni ejecutar ficheros adjuntos si no se conoce a ciencia cierta el contenido
de dicho archivo (puede contener un virus).

Troyanos

Los troyanos, al revés que los virus, no provocan danos en las maquinas
anfitrionas. Su funcién es entrar en la maquina sin ser advertido de tal manera
que levante la menor sospecha posible para asi de esta forma conseguir
informacién o controlar la maquina.

Recuerda
Un troyano no es un virus porque su finalidad no es la misma pero sigue siendo
un malware.
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Las cuatro partes de los

troyanos
CLIENTE SERVIDOR
— J—
/ BN ;- =N
/ A e A
/
,r/ \ [ . )
| (uerera) ) ‘\ | EDITSERVER |
\\\ S & // \\ e — /,//
= ~ ~ 4

Figura 8.58. Estructura de un Troyano.

En los troyanos pueden diferenciarse 2 partes:

m El servidor. El servidor se encargara de enviar al cliente las acciones a
ejecutar.

m El cliente. Alojado en la maquina anfitriona se encargara de realizar
las acciones que le indique el servidor.

Algunos troyanos tienen una libreria en el cliente (con extensién .dll).

Existen troyanos que permiten al cracker modificar su funcionalidad
mediante el editserver o sistema de configuracién para que, de esa manera, el
ordenador de las victimas haga lo que quiera el cracker.

Keylogger

Un keylogger es un software o hardware que se encarga de registrar las
pulsaciones producidas en el teclado.

En el caso de un keylogger hardware, el dispositivo puede incorporarse al
cable del teclado (en ese caso puede ser descubierto) o bien se puede incorporar
dentro del teclado mismo (en ese caso hay que soldarlo).

Una vez registradas las pulsaciones del teclado éstas se guardaran en un
fichero o bien se enviaran por Internet al cracker.

Existen sistemas antikeylogger cuya funcién es detectar los keylogger
(software) presentes en el sistema y avisar al usuario de la presencia del
mismo para proceder a su eliminacion.
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PRACTICAS DE TALLER

KEYLOGGER

o

| KEYLOGGER DOUGLAS 2.0 x|
T

INGTALR I !

DESINGTALAR | » 4

LEER INFORMACIEN ||

Comprobacidn de identidad 5[

Cancel |

Ingresar contrazefia ||

ConAIGURAR ENVIOFTR ||
7 ;
] FEPARAR INSTALACION | ’

i{ Acerca del Keylogger Douglas Il

=—=KEYLOGGER DOUGLAS 2.0=—=

Figura 8.59. Douglas Keylogger.

Instala Douglas keylogger desde el CD de recursos. Douglas es un
keylogger que va a permitir monitorizar todas las actividades que
se han realizado en un equipo informatico. Es posible que se tenga
que desactivar el antivirus del sistema pues Douglas es considerado
como un malware o virus por la mayoria de antivirus. Para acceder
a Douglas habra de configurarlo con una contrasefia.

En este ejemplo se van a registrar todos los eventos de una sesion
realizando acciones como el acceso a la cuenta de correo web o
acceso a programas o aplicaciones que requieran de una clave de
usuario.
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PRACTICAS DE TALLER

KEYLOGGER (CONT.)

KEYLOGGER DOUGLAS 2.0 ]
! INETALAFR f )
DESINSTALAR | # 4

BORRAR INFORMACION || "
CAMEIAR CONTRASERA || f.-‘
CAMEIAR ACCESD RAFIDD || ,
3 |
COMFIGURAR ENVID FTP || F
T
B REPARAR INSTALACION || ’

d" Acerca del Keyplogger Douglas Il

===KEYLOGGER DOUGLAS 2.0=—=

Figura 8.60. Douglas Keylogger. Menii principal.

Una vez registrados los datos de la sesion se accede al registro de
Douglas y se examinan los datos que se han recopilado.

€/5/2008 —-- 10:83:1% Al

< Mozilla Firefox »  —-- 10:54:41
busancando en gllogle

< buscando en glogle - Buscar con Google - Mozilla Firefox »  -—- 10154156
harwdware

< hardware - Buscar con Google - Mozilla Firefox = --- 10:55:3
b, gzt com

< Gmail: corren electrénico de Google - Mozilla Firefox » --- 10:55:13
robustiano  micontrasefia

< Ejecutar = --- L0:5EiS4
mspaint

< Dibujs - Painr » -—- 1015612

< Guardar como > --- 10156143
TOroSdOUDOULASLASGLASL

Figura 8.61. Douglas Keylogger. Detalle del log.

523



MONTAIJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

PRACTICAS DE TALLER

KEYLOGGER (CONT.)

Por ejemplo, en la figura anterior la cual muestra el log de Douglas
se puede observar entre otras cosas que el usuario ha accedido

al correo de Gmail y ha tecleado su usuario (robustiano) y su
contrasefia (micontrasefia)

~

- ' -~
Cambiar Acceso Rapido ﬁ

Acceso Bapido Actual : | CONTROL +ALT + SHIFT + F3

Accezo B apido Muevo: COMTROL +ALT + SHIFT + l vI

[T MoUsar scceso Rapido

k., I Cancel

Figura 8.62. Douglas Keylogger. Teclas de acceso rdpido.

Recuerda que puedes acceder al programa mediante:

B Accediendo directamente al ejecutable "Douglas.exe".

B Presionando las teclas CONTROL + ALT + SHIFT + F9 (esta
configuracidn de teclas puede cambiarse).
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a4

Recuerda

Un keylogger es considerado como un malware por los antivirus y el sistema
avisara de una instalacion de software peligroso.

En este caso y como excepcion se debera desactivar el antivirus en el caso de
que avise de la instalacion del keylogger.

Spyware

El spyware es un software que se encarga de recopilar informacién sobre
el usuario o su equipo y la distribuye a alguien (normalmente empresas
publicitarias o similares) con el fin de sacar beneficio de dicha informacién.

Como es obvio esta informacion se distribuye via Internet, por lo tanto
parte del ancho de banda es “robado” para estos fines sin el consentimiento
del usuario.

(Como puedo estar seguro de que no tengo ningiin Spyware en mi
equipo?

Si la respuesta es st para una o més de las siguientes preguntas, es posible
que el equipo esté infectado por algin Spyware.

v (Ha cambiado tu pagina de inicio (error, bisqueda...) en el navegador?

V' (Brotan ventanas tipo “pop-up” en el navegador sobre temas comerciales
o incluso pornograficos?

\

Se han modificado o cambiado valores del registro de Windows®? (este
punto es dificil de constatar)

(El navegador cada vez se hace mas lento y da mas problemas?
(El equipo tarda mucho en arrancar?

. Existen botones en la barra de herramientas que no se pueden quitar?

EENEENIEN

(Brotan mensajes avisandote que tu sistema esta infectado incluso con
vinculos para descargarte antispyware?

<

(Tienes problemas con el correo electronico o el messenger con funciones
que antes funcionaban correctamente y ahora no?
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ANTISPYWA

File Features Help

W Sean
I Fause

. Stop

’*"Quafantine
i W Update

! &) About
i B

FRERTLE #

Your Free Antispyware

NTO DE EQUIPOS

PRACTICAS DE TALLER

RE

g [ 3]

O
O==C*
[m L

O%E:

Figura 8.63. Herramienta your free Antispyware.

Instala Your Free Antispyware en tu equipo desde el CD de recursos.
Utiliza la ayuda para entender el funcionamiento del software.

ur Free Antispyware

_iol x|
Scanned files (total]: 33
Scanned [MEB]: 158
Infected: 0
Skipped: 0
Suspected: 0
Emors, o

Scar: hacha.exe

[ 1]

File Features Help

. Ecan

1l Pause

. Stop

”*-Quaranline
¥ Update
&) Ahout
-l

FRRE @

Figura 8.64. Herramienta your free Antispyware. Escaneo de una unidad.

© RA-MA



© RA-MA

8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

PRACTICAS DE TALLER

ANTISPYWARE (CONT.)

Realiza un escaneado de las unidades principales de tu sistema en

busca de Spyware.

ur Free Antispyware

File Features Help

P i

11 Pawe

‘ Stop

N Quarantine
W Updats
&) About

FRERERL

<4 Est

(B8 sown.

=1o1|

Seanned fies [tatall
Seanned [MB)

Infested
Skipped
Suspected

Ernars:

Scan: hacha.exe

2B
158

1}
[t}
[1}

L1}

Figura 8.65. Herramienta your free Antispyware. Escaneo de una unidad. Resultado.

En el caso de encontrar alglin Spyware eliminalo.

Prueba también a poner algun fichero en cuarentena.

ur Free

Antispyware

-

p» Scan

1 Pause
. Stop
% Quaraniine
¥ Update

e Features Help

=1oix]

il Bt Dekete | Restore | Cancel |

Figura 8.66. Herramienta your free Antispyware. Cuarentena.
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Sabias que
Muchos antispyware lo Unico que hacen es eliminar el Spyware pero no protegen
al sistema de su contagio.

Adaware

El adaware o Advertising-Supported software (software financiado con
propaganda) consiste en que un software durante su ejecucién muestra
publicidad sobre productos, servicios...

En ocasiones la publicidad permite la financiacién del desarrollo y
modificacién del software, que de otra forma desapareceria al no encontrar
el programador ningun tipo de beneficio. En otras ocasiones el objetivo de
estos programas es mostrar ventanas o publicidad molesta para el usuario
sin ningun tipo de beneficio para el mismo (todo lo contrario) y en este caso se
consideraria un malware.

Cookies

Las cookies son ficheros que se almacenan en el equipo del usuario y sirven
para anotar y recordar informacién del usuario.

El usuario en todo momento puede activar o desactivar el uso de estas
cookies en las opciones de su navegador.

No obstante, es posible que la informacién de las cookies se utilice con la
finalidad de crear perfiles de usuarios sin que los mismos usuarios tengan
el conocimiento de ello para luego ser utilizados para enviar publicidad a los
mismos o simplemente venderlos a otros sitios u organizaciones.

Gusanos o Worms

Un gusano es un malware residente en memoria que no modifica los archivos
pero se va replicando de forma incontrolada, de tal manera que el sistema se
ralentiza progresivamente debido al consumo de los recursos llegando en
ocasiones a no poder ejecutar procesos normales.
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Los gusanos suelen provocar problemas en la red consumiendo ancho de
banda propagandose entre los equipos que estén interconectados mediante
IRC, SMTP u otros métodos.

Backdoor

Backdoor o puerta trasera es un software que permite acceder al sistema
saltandose los procedimientos habituales de identificacién de tal manera que
no se detecte este intrusismo.

En ocasiones se produce un cambio en el software de forma malintencionada
para crear una backdoor y asi poder saltarse la seguridad del sistema.

Ransomware

El ransomware es un malware que se propaga normalmente como un
gusano y su objetivo es inutilizar el sistema o impedir al usuario el acceso a sus
ficheros para luego pedir una recompensa por su liberacién. Normalmente esta
recompensa consiste en el envio de un SMS o la compra de algin programa
para restablecer el sistema.

Web bug

Un web bug es una imagen de tamafio muy pequerio (a veces 1 solo pixel)
o invisible que se envia incrustada en una pagina web o email el cual permite
saber si dicha imagen ha sido descargada (el usuario al leer el email o acceder
a la pagina web descarga la imagen).

Mediante este sistema se puede conocer si la pagina web ha sido descargada
o el email leido. Por ejemplo, en un correo electrénico el emisor puede conocer
si ha leido el correo, cudndo y dénde lo ha leido.

Otras formas de llamar a los web bug es:
m Pixel tag

B Tracking pixel

® Tracking bug

® Web beacon
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Exploit
Es un software que ataca un fallo o debilidad de un sistema.

No siempre tiene por qué ser un malware dado que puede evidenciar la
existencia de agujeros de seguridad en un sistema (para corregirlos), pero si
éste va anexo a un malware como un gusano o bien se utiliza para inhabilitar
el sistema o provocar fallos, el resultado puede ser preocupante.

Rootkit

Un rootkit es una herramienta software que se utiliza para tomar el control
de un sistema y utilizarlo en beneficio propio.

Generalmente los rootkits utilizan funciones para borrar huellas y no dejar
evidencias de su uso.

Una vez ganado el sistema es posible dejar puertas traseras o backdoors
para propiciar futuros accesos al sistema o incluso exploits para atacar al
sistema u otros sistemas.

» Instala Rootkit Hook Analizer en tu equipo desde el CD de recursos.
Utiliza la ayuda para entender el funcionamiento del software y
escanea el sistema en busca de rootkits conociendo los servicios a los
que afecta.

M En el caso de encontrar algun rootkit eliminalo.

Dialer

Los dialers son programas que mediante acceso telefonico realizan llamadas
normalmente muy caras y en ocasiones sin avisar al usuario de que esta
llamada se va a producir.

Hoy en dia la conexién a Internet mediante acceso telefonico no es muy
comun con lo cual la peligrosidad de este malware se ve reducida.
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Leapfrog o ranas

Las ranas entran en los sistemas descubriendo cuentas y contrasenas de
correo para asi de esta manera dar el salto y replicarse en otros sistemas.

Hoaxes, jokes o bulos

Estos malwares son bromas que bajo la apariencia de parecer un virus el
objetivo es preocupar al usuario y alarmarle para que tome precauciones y
realice acciones que de otra forma no iba a hacer.

En ocasiones el objetivo de estos bulos es que el usuario borre un archivo o
realice alguna accién que provoque danos en el sistema.

Scumware o escoria

El scumware es software que realiza varias acciones no deseadas como no
permitir ser desinstalado, modificar el funcionamiento de los sitios web como
redirigir paginas web hacia otras paginas, crear hiperenlaces no deseados o
cambiar los banners de publicidad por otros.

Spam

Practicamente no hace falta explicar lo que es el spam pues los usuarios
del correo electrénico lo sufren diariamente. Spam es todo el email basura que
se recibe con multiples finalidades, desde los email que muestran publicidad
directamente hasta las cadenas con falsas historias de nifios con alguna
enfermedad, animales abandonados o consejos que tienes que reenviar a
“nosecuantos” amigos.

Honeypot

Son sistemas que simulan ser vulnerables para propiciar el ataque de
los cracker y asi de esta forma conocer las técnicas y maneras de actuar de
los mismos. También les sirven a los administradores para distraer a los
cracker con maquinas que no son relevantes y de esta forma salvaguardar
la seguridad de las maquinas importantes advirtiendo al administrador del
problema producido.
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Spyware enmascarado

Suele ser un truco cruel que hace creer al usuario justo lo contrario que le
va a ocurrir. Suelen aparecer ventanas que avisan que el sistema se encuentra
en problemas y muestran su ayuda. Cuando se hace caso a estas advertencias
lo que ocurre después es que se descarga e instala el Spyware sin saberlo.

Microsoft Internet Explorer E]

9 If your computer is slowing down or crashing,
\_04/ get a free scan of your computer to make sure
it is not infected. Scan now and get a fully
functional spam blocker for free!

Click OK to start installation.  Advertisement.

ok || cancel |

Figura 8.67. Spyware enmascarado.

cJEIF] QUE ES UN ANTIVIRUS

Cuando el equipo se bloquea, se reinicia, no arranca o va mucho maés lento
que de forma habitual es posible que se haya contagiado con un virus. No es facil
saber si el sistema tiene un virus o no, de ahi su peligrosidad. Normalmente
el usuario se entera de que el equipo estd infectado cuando ya es demasiado
tarde.

Un antivirus es un software.

Las funciones de un antivirus son:

" Detectar los virus

" Prevenir las infecciones de los virus

" Analizar el sistema para comprobar la presencia de virus

< Eliminar los virus detectados en el sistema
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({Coémo funciona un antivirus?

Técnica de scanning

INTERNET
*11111010
+11110000

ey ACTUALIZACION

11001111
00000100 ‘

11110000 6 = s +11001101
110011114 1 00101101
11111110 \ -00101010
00001000 11001111 <11001111

+11011010

Fichero infectado
B.D. de Firmas

Figura 8.68. Técnica de scanning.

Los antivirus tienen una base de datos con los cédigos de los virus conocidos.
Cuando se escanea un archivo se comprueba el codigo del mismo con los c6digos
que existen en la base de datos (Ilamados firmas o vacunas) y si coinciden se
conocera el nombre del virus que ha infectado el archivo y el antivirus pasara
a eliminarlo o, si no es posible, ponerlo en cuarentena.

Esta técnica de scanning esta en desuso precisamente porque no evita que
el sistema sea infectado. Sélo actiia a posteriori, cuando el sistema ya ha sido
infectado.

Técnicas heuristicas

Actualmente los antivirus ademas de hacer este tipo de comprobaciones,
monitorizan los programas en busca de comportamientos “sospechosos” propios
de virus.

El problema de esta técnica es que se puede sospechar de muchos programas
que precisamente no son virus.
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Lo méas comun es encontrarse en el mercado antivirus que combinen varias
de estas técnicas para proteger el PC. Ademas se analiza cualquier tipo de
malware, no sélo virus (spam, adaware, spyware, virus...).

a4

Recuerda

Hay que mantener el antivirus y el sistema operativo actualizados. De esa
manera estaremos protegidos contra nuevos virus y agujeros de seguridad
conocidos.

Un antivirus o sistema no actualizado es un sistema vulnerable y facilmente
atacable por un virus.

PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE CLAMWIN PORTABLE

Este programa al ser una versién portable no requiere instalacion,
basta con solo ejecutarlo.

ClamWin Free Antivirus

\ ? ) ‘fou have not yet downloaded Virus Definitions Database, Would you like to download it now?

IEEEE

Figura 8.69. Antivirus Clamwin. Actualizacién de la base de datos.

En la primera vez que se ejecuta el programa hay que bajarse una
primera base de datos de patrones de virus. Sin esta base de datos
el programa no puede funcionar.
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PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE CLAMWIN PORTABLE (CONT.)

¥ ClamWin Free Antivirus: Downloading Update. ..

ClamaV update process started at Tue May 1909:28:59 2009
Downloading main.cwd [ 11%]

Figura 8.70. Antivirus Clamwin. Proceso de actualizacién de la base de datos.

Una vez ya en funcionamiento también se puede como es obvio
bajarse actualizaciones de la base de datos.

¥ ClamWin Free Antivirus: Downloading Update. ..

Clam# update process started at Tue May 19 09:28:59 2009

Downloading main.cvd [100%]

main. cvd updated [version: 51. sigs: 545035, Fevel: 42, builder: sven)

Downloading daily. cwd [100%]

dail.cvd updated [version: 9363, sigs: 5618, f-lewel 42, builder: guitar]

Database updated (350653 signatures) from database. clamav.net (IP: 130.59.10.38)

Figura 8.71. Antivirus Clamwin. Proceso de actualizacion de la base de datos completado.
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PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE CLAMWIN PORTABLE (CONT.)

El siguiente paso sera el realizar el escaneo del equipo en busca de
virus.

&
/ ES!ANEO }CANEO

PREFERENCIAS EN EN
MEMORIA DsCo

ACTUALIZAR
BASE DE DATOS

Figura 8.72. Antivirus Clamwin. Menu principal.

Se puede escanear en memoria en busqueda de virus o en el propio
disco.

.ClamWin Frea Antivirus

% ClamWin Free Antivirus: Scanning. ..

-

Memory Scan: using TooHelp

“** Seanned 38 processes - 380 modules

- *** Computer Memary Scan Completed ™

- STAN SUMMARY e
Known vinuses: 543834

Engine version: 0.34.1

5 canned diectories: 0

S canned fles: 418

Infected files: 0

Data scanned: 204.84 MB
Time: 172,109 sec [2m 52 5]

—’ Compl

(i

Figura 8.73. Antivirus Clamwin. Proceso de escaneo completado.

En cualquiera de los casos se hard un escaneo del equipo y el
resultado serd un informe como el anteriormente presentado
indicando la existencia o no de virus.
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................................................................................................................

8 UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO
. Y REPARACION DE LOS SISTEMAS
INFORMATICOS

................................................................................................................

:JJ¥] UTILIDADES PARA LA RECUPERACION DE FICHEROS

PRACTICAS DE TALLER

RECUPERACION DE FICHEROS CON RECUVA PORTABLE

Recuva portable es una pequefia aplicacion con la que se pueden
recuperar ficheros borrados accidentalmente de nuestro disco duro
0 bien de una tarjeta de memoria, pendrive... La mayor ventaja de
este programa es el ser portable.

& Piriform Recuya

@ Recuva.com 3

|<-o BOOT {C:) v| [ Scan ] |4, Filename or path v‘ [ options... ]
Filename: Path Preview |Info | Header

Nofile selected

e
(£

Recaver. ..

Check for updakes...

Figura 8.74. Herramienta Recuva.
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PRACTICAS DE TALLER

RECUPERACION DE FICHEROS CON RECUVA PORTABLE
(CONT.)

El funcionamiento del mismo es muy sencillo. Se escanean los discos
o directorios donde se quieren recuperar los ficheros y se modifican
las opciones de trabajo (escaneo en profundidad, busqueda en
directorios ocultos...) si no se quiere trabajar con las que el programa
tiene por defecto.

Figura 8.75. Herramienta Recuva. Escaneo del disco.

Una vez que el sistema comienza a escanear, el resultado del proceso
es el siguiente:

@ remcindl1].pg Ci\Docunents and Settings| AN CAR.
c

ooo

o
C
3
3

CDocuments and Settinge LA CAR
CDocuments and Settinge LN CAR
CiiDocuents and Settings AN CAR

# [*100oooooomn

Check o updates..

Figura 8.76. Herramienta Recuva. Resultado del escaneo.

En este resultado se puede observar que Recuva clasifica los ficheros
por colores

® Rojo. Irrecuperable
B Verde. Recuperable

B Amarillo. Recuperacion parcial. Falta informacion del archivo.
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UTILIDADES PARA LA LIMPIEZA DEL REGISTRO DE
WINDOWS®

CCleaner portable

PRACTICAS DE TALLER

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON CCLEANER PORTABLE

CCleaner tiene 4 mddulos principales:

Cleaner
Registry

Tools

Options

Médulo cleaner

€ piriform CCleaner,

CCleaner.com

Windows | applications |

@Internet Explorer
Temporary Internet Files w) Internet Explorer
Cookies Temporary Internet Files
History CiiDocume. . \saabl tmarS30[1], swf
Recently Typed URLs
Index.dat files
Last Download Location
[ Autocamplets Farm History

1% windows Explorer D |
Recent Dacuments
Run {in Skart Meru)

Search Autocomplete

Other Explorer MRUs
f}'System

Empty Recycle Bin

Temparary Files Cancel Fun Cleaner

Figura 8.77. Herramienta CCleaner. Médulo limpiador.
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PRACTICAS DE TALLER

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON CCLEANER PORTABLE
(CONT.)

Este modulo se comporta como el tipico limpiador del registro. Es el
modulo mas utilizado por los usuarios. En este moédulo se borrara
toda la informacién que no se necesite para mejorar el rendimiento
del sistema.

Hay que marcar los items que se quiere que busque el programa
(ficheros temporales de Internet, cookies, ficheros de la papelera de
reciclaje...) y se pulsa el botén “Analize”.

£ Piriform CCleaner

, CCleaner.com

Windows | applications |

':élnternet Enplorer AMALYSIS COMPLETE - (75,937 secs)

Temporary Internet Files -
Cookies 29,5MB ko be removed. (Approximate size)

Histary

Recently Typed URLs Details of files to be deleted (Mote: Mo files have bee
Il dat fles IET: Ink t Files (5072 files) 61, 1MB

- emparary Internet Files les) 61,

Last Downioad Locatlgn Cripocuments and Settings|JUAN CARLOS Cookies|:

[ autoramplete Form History C:\Documents and Settings!, JUAN CARLOS, Cookies|:

1M windows Explorer C:\Dacuments and Settings|JUAN CARLOS\ Cookies|:

Recent Documents CiiDocuments and Settings|JUAN CARLOS Cookies):

Rur (in Start Menu) CiiDocuments and Settings|JUAN CARLOS Cookies):

Search Autocamplete C:\Documents and Settings!, JUAN CARLOS, Cookies|:

Sther Explorer VLS C:\Documents and Settings! JUAN CARLOS\Cookies):

f} System < | >
Empty Recycle Bin

Temporary Files Analyze ’ Run Cleansr

Online Help

Figura 8.78. Herramienta CCleaner. Proceso de andlisis.

Una vez analizado el sistema, éste avisa mostrando una lista de todo
lo que se va a borrar. Esta lista hay que verificarla para tener certeza
de que no se va a borrar algo importante.
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PRACTICAS DE TALLER

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON CCLEANER PORTABLE
(CONT.)

This process will permanently delete files fram your system,

Are you sure you wish to proceed?

[[]Da nat show me this message again

Figura 8.79. Herramienta CCleaner. Limpieza del sistema. Confirmacion.

Antes de borrar el programa pedira confirmacién.

Médulo registro

El borrado de inconsistencias e informacion innecesaria del registro
va a hacer que el sistema funcione mas rapido sobre todo cuando
arranca el sistema operativo.

€ piriform CCleaner

#> CCleaner.com
g

Missing Shared DLLs Problem Data -~
":JEE: F"ZE[TE“;"D"S Missing Shared DLL CAWINDOWS|Mic
civer and Class [ssUes [#] Missing Shared DLL CAWINDOWS\Micr
Missing Shared DLL CHWINDOWS Py
Missing Shared DLL CHWINDOWS\Plicr

Missing Shared DLL CHWINDOWS|Micr
Missing Shared DLL CWTHNDOWS|Mice
Missing Shared DLL CWTNDOWS Hicr
Missing Shared DLL CHWINDOWS|Micr
Missing Shared DLL CWINDOWS Micr

Start Menu Ordering Unused File Extension ComPlusMetaData.

MUI Cache Unused Fils Extension GoogleDesktop.Col v
< I >

[ scanformssues |

[ Foxsecteg ses..

Qnling Help

Figura 8.80. Herramienta CCleaner. Médulo registro.
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PRACTICAS DE TALLER

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON CCLEANER PORTABLE
(CONT.)

El funcionamiento de este modulo es analogo al primero.

Médulo tools

Este mddulo permite desinstalar programas (similar al panel de
control) y configurar los programas que se cargan en el arranque,
ademas de borrar los puntos de control, distribuciones de software

y demas.

& Ppiriform CCleaner

CCleaner.com

Uninstall
Startup Programs to Remove * Run Uninstaler

- Adobe Flash Player 10 Activex
. Adobe Reader 8.1.2 - Espafiol
Adabe Shockwave Player
ﬁ’ﬂzurewave ‘Wireless LAMN
5 Codec Pack de ELISOFT v14.0
E} Compatibility Pack for the 2007 Office syste
gCnmpresnr iR AR
@Cyberbnk YouCam
(Google Desktop
G+ Google Toolbar for Inkernet Explorer

: : . b
:Elthnl.fr\\ e Medie a,mulﬁh»ﬁ. i 5| | sevetotextfie...

System Restore Rename Entry

Delete Entry

Check For updates. ..

Online Help

Figura 8.81. Herramienta CCleaner. Médulo herramientas.
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PRACTICAS DE TALLER

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON CCLEANER PORTABLE
(CONT.)

Maddulo options

Permite configurar el comportamiento del programa (como va a
funcionar).

& Piriform CCleaner

[ A

CCleaner.com

settings Advanced

Cookies

Only delet Files I Windons Temp folders older than 45 hours
[ Hids warning messages

Include

[ Close program after clzaring

Exclude Shew prompt ta backup registry issues

[ show detailed log of Inkermet Explorer temporary fles
Advanced

[ Shew dstailed g of Firefox{Mozila temporary files
[miirize to System Tray

Save al settings to INI file

Figura 8.82. Herramienta CCleaner. Médulo opciones.

ACTIVIDADES L 2

» Como actividad propuesta se pide al alumno que ejecute el programa
y realice una limpieza de los ficheros temporales, trazas de sitios Web
y demas informacion no Util. Antes de borrar la informacion verificar
que no se va a seguir necesitando.
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tJJE] UTILIDADES DE DISCO

Gparted es una herramienta de particionado que viene instalado por defecto
en muchas distribuciones Linux, y esto es asi porque su interfaz es muy
sencilla y su funcionamiento es bastante fiable.

OPERACIONES

CON LAS PARTICIONES DISCOS
< - f | i - GParted . il
GPa EPr View Nevice Paflion ¥elp v PARTICIONES
8 = I ) T
iielete || Resizg/Move:| Copy: Ui Avnly |B/dev/hda (74.53 GiB) i DEL DISCO
/dev/hdaz /dev/hda3 /
D 35.07 GiB 35.56 GiB *
Partition File System Mount Point Label Size Used Unused  Flags|
/dev/hdar B fat32z /media/hdan PQSERVICE 3.90GiB 3.08GiB 841.55MiB
= dev/hdsz B nifs/me CER 3507 5 1005 54
/dev/hda3 ntfs Jmedia/hdaz DATOS 35.56 GiB 29.08 GiB 6.48 GiB
INFORMACION
DE LAS
PARTICIONES

0 operations pending

OPERACIONES PENDIENTES

Figura 8.83. Herramienta Gparted de Linux.

En la figura anterior se puede observar que se puede elegir entre los discos
que tengamos y una vez elegido uno de ellos se puede ver toda la informacién
sobre las particiones y realizar cambios sobre las mismas (crear, redimensionar,
copiar, borrar...).

Gparted funciona con los siguientes sistemas de archivos EXT2, EXT3,
FAT16, FAT32, HFS, HFS+, JFS, SWAP, NTFS, REISERFS, REISER4, UFS
y XFS.

Lainterfaz permite planificar una serie de operaciones para luego realizarlas
cuando se pulse el botén de “Aplicar cambios” o “Apply”.
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8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

PRACTICAS DE TALLER

REDIMENSIONAMIENTO Y FORMATEO DE UNA
PARTICION

Tenemos un sistema al que hemos instalado un segundo disco. En
este disco se instalard Linux mientras que en el primer disco estaba

instalado Windows®.

Por temas de seguridad se quiere tener unos archivos duplicados

en ambos discos, con lo cual necesitamos tener una particién en el
primer disco.

Los pasos que queremos realizar sobre el disco antiguo son:

B PASO 1: Redimensionar una particion y hacerla mas pequefia
(alrededor de 1 GB menos).

B PASO 2: Recuperar el espacio creado y crear una particién
formateandola con el sistema de ficheros EXT3.

de da GPa
GParted Edit View Device Partiion Help

&l i)

- £ .53GiB) ¢
New Delete | Resize/Move | Copy Paste | Undo Apply (/dev/nda (74.53 GiB)

/dev/hdaz /dev/hda3
35.07 GiB 35.56 GIB
Partition File System Mount Point Label Size Used Unused  Flags
/dev/hdar B0 fat3z  /media/hdai PQSERVICE 3.00GiB 3.08 GIB 84155 MiB

/dev/hdaz B ntfs /media/hdaz ACER 35.07 GiB 34.09 GiB 1005.50 MiB boot
/dev/hda3 ntfs /media/hdaz DATOS 35.56 GiB 29.08 GiB 6.48 GiB

0 operations pending

Figura 8.84. Herramienta Gparted. Estado inicial del disco.
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PRACTICAS DE TALLER

REDIMENSIONAMIENTO Y FORMATEO DE UNA

PARTICION (CONT.)

PASO 1: Redimensionar la particion

La Unica particidon que tiene tamafio libre adecuado para realizar la
operacion es la ultima particién /dev/hda3.

i

Size: 290791 MiB

Free Space Preceding (MiB):
New Size (MiB):

Free Space Following (MiB):
Round to cylinders

Size: 36413 MiB

Figura 8.85. Herramienta Gparted. Redimensionado de una particién.

Se comienza redimensionando la particién quitdndole algo menos
de 1 GB. La particion va a tener 1.000 MB menos, pasara de 36.413

MB a 35.413 MB.

PASO 2: Crear una nueva particién

{

4

Minimum Size: 8 MiB

Free Space Preceding (MiB): Create as:

New Size (MiB):

File System:
Free Space Following (MiB):

Round to cylinders

Label:

Maximum Size: 996 MiB

Primary Partition B
ext3 2

—

Add

Figura 8.86. Herramienta Gparted. Creacién de una particion.
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PRACTICAS DE TALLER

REDIMENSIONAMIENTO Y FORMATEO DE UNA
PARTICION (CONT.)

Con el espacio que queda libre, ahora se va a utilizar para crear una
particion primaria EXT3 (recuerda que cada disco puede tener hasta
4 particiones primarias).

dev/hda - GParte
GParted Edit View Device Partiion Help

| @

2 © [m "p
New Delete | Resize/Move | Copy Paste | Undo Apply B1/dev/hda (74.53 GiE) 3

D /dev/hdaz /dev/hda3 |I
35.07 GiB 34.59 GiB

Partition File System Mount Point Label Size Used Unused

/dev/hda1 [0 fat32 /media/hdai PQSERVICE 3.90GiB 3.08 GiB 841.55Mi

/dev/hdaz ntfs /media/hda2 ACER 35.07 GiB 34.09 GiB 1005.50 Mi

/dev/hdaz ntfs /media/hdaz DATOS 34.59 GiB 20.08 GiB 5.51 Gi

New Partition #1 Bl ext3 996.22 MiB - --

<] i ™

<l Shrink /dev/hda3 from 35.56 GiB to 34.50 GiB
[71 Create Primary Partition #1 (ext3, 996.22 MiB) on /dev/hda

2 operations pending

Figura 8.87. Herramienta Gparted. Resultado antes de aplicar los cambios.

Una vez que se termina de hacer los ajustes se puede ver que
quedan estas dos operaciones pendientes.

Para finalizar el proceso se debera pulsar el botén “Apply”.
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UTILIDADES PARA EL APAGADO DEL SISTEMA

Gshutdown

PRACTICAS DE TALLER

GSHUTDOWN PARA LINUX

Gshutdown es una herramienta que permite apagar/reiniciar/cerrar
la sesién de una computadora en Linux.

La instalacién en Ubuntu es sumamente facil, basta con teclear en
un terminal:

sudo apt-get install gshutdown

La ventana principal es muy sencilla y en ella se puede programar la
accion a realizar mediante un calendario y dos cajas de texto para
anotar la hora.

| % GSHUtd own

0
£

Archivo Edicién  Ayuda

Seleccionar una hora

[En un dia y una fecha determinados  + ]

g EE E

4 mayo b 4 2000 ¢
lun mar mié jue wie sab dom
1 2 3
4 5 ] 7 ] 9 10
11 1z 13 14 15 16 17
18 18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 280 30 31

[ Hora actual ]

ar

l Apagar la computadora

I Comenzar ]

Figura 8.88. Herramienta Gshutdown.
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PRACTICAS DE TALLER

GSHUTDOWN PARA LINUX (CONT.)

En preferencias se puede personalizar el comportamiento de la
aplicacion con opciones como lanzar un comando antes de ejecutar
la accion o personalizar los comandos.

Preferences

Acciones | Misc

Seleccionar métoda:
() Autodetectar el método (recomendado) | |
() Especificar el método manualmente | |

@ Comando personalizade

l Apagar la computadora l

I Reiniciar computadora l

l Finalizar sesién actual l

[ Lanzar un comando antes de la accién

@ [rm -rﬂhome;usuanoftemporal\ ]

Figura 8.89. Herramienta Gshutdown. Preferencias.

Antes de ejecutar la accién (1 minuto antes) aparecerd un aviso
en la barra de menu principal indicando que el equipo se reiniciara,
apagara o realizara la acciéon que se ha programado.

» Deja programado el equipo para que se apague dentro de 5 minutos y
borre una carpeta temporal que hayas creado con ficheros que ya no
vayas a necesitar nunca mas.
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tJJE] UTILIDADES DE SISTEMA

PRACTICAS DE TALLER

XOSVIEW PARA LINUX

<3 Aplicaciones Lugares _sistema g“;e B alumro 0% @ W mié 13 de may, 12:23 [U]
= ROEVIEW 2 Eei 5]

ZHIN 2000 HHz

ZHICE/SYS/S1//| /MI0/FREE/

ZNICE/SYS/S1//| /MI0/FREE/

/BUFF /01 JFREE.

<|[@|-[@ Firefox (2) 2| @ alumno@aesi-os: ~ O xosview@2esi-05 =1

Figura 8.90. Herramienta Xosview.

Esta es una herramienta para monitorizar el estado del sistema en
todo momento. Es parecido a un panel de control de Windows®.

Con esta herramienta se puede monitorizar la CPU, memoria, red...

La instalacion en Ubuntu es sumamente sencilla, basta con teclear
en un terminal:

sudo apt-get install xosview
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PRACTICAS DE TALLER

HARDINFO PARA LINUX

Hardinfo es una utilidad de Linux parecida al Everest Edition para
windows®. Es GPL, lo que permite utilizarla sin ningln tipo de
problema en nuestros sistemas Linux, y ademas de proporcionar
toda la informacion respecto al hardware, permite hacer pruebas de
rendimiento del equipo.

alumnoE2esi-05: ~

Archivo Editar Ver Terminal Solapas Ayuda

alumno@2esi-05:~% sudo apt-get install hardinfo =
[sudo] password for alumno:

Leyendo lista de paquetes... Hecho

Creando &rbol de dependencias

Leyendo la informacién de estado... Hecho

Se instalaron de forma automdtica los siguientes paquetes y ya no son necesarios

1ibdc1394-13 libgsml
Utilice «apt-get autoremove» para eliminarlos.
Se instalaran los siguientes paguetes extras:
libsoup2.2-8
Se instalaran los siguientes paguetes NUEVOS:
hardinfo libsoup2.2-8
@ actualizados, 2 se instalaran, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Necesito descargar 317kB de archivos.
Se utilizaradn 905kB de espacio de disco adicional después de desempaguetar.
tDesea continuar [S/n]7 [

[A]

Figura 8.91. Instalacién de Hardinfo en Ubuntu.

Para instalarlo en Ubuntu bastaria con teclear en un terminal:
sudo apt-get install hardinfo
Para ejecutar el programa basta con teclear en el terminal:

hardinfo
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ICAS DE TALLER

HARDINFO PARA LINUX (CONT.)

ag

Systeminformation)
information  View Help

s Ipboard [E] censrate raport

[~ B Computer B

< Kernel Modules
@ soots
B Languages
Filesystems
[5) shared Directories
) Display
S Network interfaces.
& sers
> B Devices
@ rocessor
B Memory
8 ol Devices
§ uss oevices
&, printers
Battery
& sensors
&9 nput Devices
(2 storage
v @ Benchmarks I
@ cruzib
@ cpuFibonacci
& cpu MD: =]
Done
[<]/m] [ @ Hardnfo - ElEverestia... | @ i~ |[® systemformation |

Figura 8.92. Herramienta Hardinfo.

El aspecto del programa es el de la figura anterior.

. FOEEEE0r S Sy EteminTormation
Information  View Help

@prefresh | [Tcopy to clipboard  [2] Generate Report

O REmeErToauy [=I] Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 1200,00MHz
@© soots Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 1200,00MHz
I Lenguages

(=8 Filesystems

[ shared Directories
W Oisplay

X Network nterfaces
& Users

vices

Processor
[ Memory

88 pci Devices
§ use Devices
& printers

@ satery

& sensors

(5% input Devices
(2] storage

< @ Benchmarks
& cPuzLb

4 cPU Fbonacci
@ crunos

@ crushaL
@ cpu Blowfish
/35 FPU Raytracing =

Done.

E”E‘ | @ Firefox (2) 2| @ [alumno@2esi-05:~] | M processor - System Inf... |

Figura 8.93. Herramienta Hardinfo. Procesadores.
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PRACTICAS DE TALLER

HARDINFO PARA LINUX (CONT.)

En la figura anterior se puede ver la informacién proporcionada del
procesador.

) vDs

20 ey
T e =
[STRL® i Hmrene [ ierreaesone [ Emar

Figura 8.94. Herramienta Hardinfo. Test FPU Raytracing.

Ahora se le pasara un test (FPU Raytracing) para comparar el
rendimiento de nuestro sistema frente a otro tipo de procesadores.

& refresh pyto clpboard. [B) Generate Report
This Machine [ maer
Intel(R) Coleron() M processor 1506z
PousrpC 740750 (280.00MHz) [ 201312647

Poa@DASY §

q
T
g

= cruzh
@ crurbonsca
@ crumos
@ crusial
@ cPu Blowfish

x

Done.
<J[m] [@ Frefox () 3| @ talumno@zesios: ~] | M FPU Raytracing - Syste... | =G

Figura 8.95. Herramienta Hardinfo. Resultado del test.
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PRACTICAS DE TALLER

HARDINFO PARA LINUX (CONT.)

En este ejemplo se ve la diferencia de rendimiento de nuestro
procesador frente a un equipo con un Intel Celeron a 1,5 y un
PowerPC a 280 MHz.

a8

CRDIZIB Sy S tEmInTor a0 o

Information iew Help

@refresh | lcopy to clipboard Generate Report

g Kerner Moaure 1 4 machine 14699,363
© soots ntel(R) Celeron(R) M processor  1.50GHz 8761604561
I Languages PowerPC 740/750 (280.00MHz) 2150597408

=) Filesystems
[ shared Directories
I oisplay
S} Network Interfaces
& users

< B Devices
Processor
Memory
2l Devices
§ uss pevices
() Printers
[ Battery
P sersors
(4 Input Devices
() storage

< @ Benchmarks
= CPU ZLib
< cPUFbonacc
< cPuMDs
@ cPUsSHAL
) cpU Blowfish
/B, U Raytracing || € Results in Kig/second. Higher is better, "

Done.

[<][@] [@ tHardinfo - ElEverest/... | @ [alumno@2esi05: ~] | M CPU ZLib - System Inf. Al

Figura 8.96. Herramienta Hardinfo. Test zlib.

Este es el resultado de pasarle otro test (ZLIB). ZLIB es una libreria
de compresion de datos.

Cada benchmark realiza unas operaciones diferentes (compresion,
encriptacion, series de numeros...). Estas operaciones hacen
trabajar duro al procesador y es en estas pruebas donde se puede
ver claramente la diferencia de rendimiento entre un procesador y
otro.

554



© RA-MA 8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE GLARY UTILITIES PORTABLE

Glary utilities es una suite de utilidades empaquetadas en un solo
programa. Basicamente se compone de dos pestafas desde las
cuales se pueden ejecutar todas las operaciones del programa.

PESTANA: Mantenimiento en un click (click maintenance)

- X

& Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules > Menu

Reqistry Cleaner Temporaty Files Cleaner

Fixes invalid or incorrect registry entries Cleans up kermparary file and recover disk space
Shortcuts Fixer [] Tracks Eraser Options

Cleans up invalid shorteuts Erases your activity history and internet traces
Startup Manager Spyware Remover

Cleans up dangerous startup entries Removes spyware and adware

Scan for Issues Cancel

Free for private use Upgrade Now! Portable Yersion Wersion : 2.12.0.658

Figura 8.97. Herramienta Glary.

En la primera pestafia se encuentran las tipicas operaciones de
mantenimiento:

Limpieza del registro

Reparador de enlaces

Gestor de arranque

Limpiador de ficheros temporales

Eliminador de trazas

Eliminador de spyware

Las cuales se pueden ejecutar todas de golpe con solo marcarlas y
pulsar el botéon “scan for issues”.
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A& Glary Utilities

Status i Modules 2 Menu

> egistry Cleaner Temporary Files Cleaner

Fixes invalid or incorrect registry entries Cleans up kemporary file and recover disk space
Analyzing...
Shortcuts Fixer [[] Tracks Eraser Options
Cleans up invalid shortcuts Erases your activity history and internet traces
Startup Manager Spyware Remover
Cleans up dangerous startup entries Removes spyware and adware

Q SOFTWARE|Microsoft|MediaPlayer\Objects|PlayButtoniaccame

Scan for Issues

Free for private use Upgrade Now! Portable ¥ersion Wersion ; 2,12.0,658

Figura 8.98. Herramienta Glary. Proceso de mantenimiento.

Una vez que se lanza el proceso de busqueda, el programa comienza
paso a paso a ejecutar las acciones que se han marcado.

A& Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules > Menu

Registry Cleaner Temporary Files Cleaner

Fixes invalid or incorrect reqgiskry entries Cleans up temparary file and recover disk space
351 problems found. Show Details 651,86 MB files found. Show Details
Shortcuts Fizer [] Tracks Eraser Qptions

Cleans up imvalid shorteuts Erases your activity history and internet traces

Mo problems found.

Startup Manager Spyware Remover
Cleans up dangerous startup entries Removes spyware and adware
1 problem found. Show Details 1 problem found. Show Details

Click Repair Problems ta continue.

Repair Problems Cancel

Free for private use Upgrade Now! Portable ¥ersion Wersion : 2,120,658

Figura 8.99. Herramienta Glary. Resultado del proceso de mantenimiento.

556



© RA-MA 8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE GLARY UTILITIES PORTABLE (CONT.)

Terminada la busqueda se pueden observar los problemas que el
programa ha ido encontrando. En este caso practico se puede ver
entre otras cosas que se pueden liberar mas de 650 Megabytes de
informacion del disco que teniamos en ficheros temporales.

Si pulsamos sobre el vinculo “show details” de alguna opcion se
pueden ver los detalles de los problemas que ha encontrado el
programa.

7 Spyware Remover

Please select entries you wish to delete,

Section: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSIDY{21 FFBACO-00AL-11D5-A9D5-00500413153C)
Gator eWallet Adware

Figura 8.100. Herramienta Glary. Detalles.

En este caso vemos que tenemos un adaware llamado Gator.

Es uno de los tipicos adaware que siempre se encuentran cuando se
hace un escaneo del equipo. Es dificil navegar por Internet sin llegar
a contagiarse con este adaware.
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PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE GLARY UTILITIES PORTABLE (CONT.)

& Glary Utilities - X

Status 1-Click Maintenance Modules > Menu

Reqgistry Cleaner —) Temporary Files Cleaner

Fizes invalid or incorreck registry entries Cleans up temparary file and recover disk space
Problems solved. Cleaning... Show Details
Shortcuts Fixer [] Tracks Eraser Options

Cleans up invalid sharkcuts Erases your activity history and inkernet traces

No problems found.

Startup Manager Spyware Remover
Cleans up dangerous starkup entries Removes spyware and adware
Problems solved. 1 problem found. Show Details

J

& ..tchivos termporales de InternetlCantent. IES,3UC9550WA2_kilbox[1].jpg

Repair Problems

Free for private use Upgrade Mow! Portable ¥ersion Wersion © 2.12.0.658
Figura 8.101. Herramienta Glary. Reparando problemas.

La opcién de “Repair Problems” subsanard paso a paso todos los
problemas marcados y encontrados del equipo.

PESTANA: Médulos (Modules)

Aqui existen 5 categorias:

B Clean Up & Repair (limpiar y reparar)

m Optimize & Improve (optimizar y mejorar)
B Privacy & Security (privacidad y seguridad)
B Files & Folders (ficheros y carpetas)

B System Tools (herramientas del sistema)
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Limpiar y reparar

& Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules 2 Menu

Clean Up & Repair

: Repair

Disk Cleaner
Removes junlk data From your disks and recovers disk space

Registry Cleaner
Cleans up your registry ko improve your system's performance.

@ Shortcuts Fixer
Corrects the errors in your startmeny & deskbop sharkouts

—3 Uninstall Manager

btk

L_' Uninstalls pragrams completely Ehat you don't need any mare
Free for private use Uparade Mow! Portable Yersion Wersion | 2,12.0.658

Figura 8.102. Herramienta Glary. Médulos.

m Disk Cleaner

Elimina basura almacenada en el disco duro.

B Registry Cleaner

Limpiador de registro. Esto en muchas ocasiones mejora el
rendimiento del equipo.

m Shortcuts Fixer

Repara accesos directos del menu inicio y el escritorio.

B Uninstall Manager

Desinstala programas de forma completa.
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PRACTICAS DE TALLER

UTILIZACION DE GLARY UTILITIES PORTABLE (CONT.)

Optimizar y mejorar

&% Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules 2 Menu

Optimize & Improve
& Repair

:,_ - Startup Manager
~ Manages programs which run automatically on startup

Memory Optimizer
Manitars and optimizes fres memary in the backaround

« Context Menu Manager
{Eﬂg Manages the context-menu entries For files, folders...

23 Registry Defrag
Defrag the ‘Windows registry to speed Up your computer

T

Free for private use Upgrade Now! Portable Yersion Wersion ; 2,12.0.658

Figura 8.103. Herramienta Glary. Médulo de optimizacion y mejora.

Startup Manager

Gestiona los programas que se inicializan en el arranque.

Memory Optimizer

Monitoriza y optimiza la memoria libre del sistema.

B Context Menu Manager

Gestiona los menus de contexto.

Registry Defrag

Defragmenta el registro de Windows® para acelerar el equipo.
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Privacidad y seguridad

& Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules 2> Menu

Privacy & Security

& Repair

Tracks Eraser
Erases all the traces, evidences, cookies, inkernet history and mare

File Shredder
Erases files permanently so that no one can recover them

|
|
|

&8 quick and effective way to retrieve accidentally deleted files

Protects your files from unauthorized access and use.

ikt

% File Encrypter and Decrypter

Free for private use Upgrade Now! Portable Yersion Yersion : 2.12.0.658

Figura 8.104. Herramienta Glary. Médulo de privacidad y seguridad.

B Tracks Eraser

Elimina informacion como el historial de Internet, trazas,
cookies...

B File Shredder

Elimina ficheros de forma definitiva de tal manera que no pueden
recuperarse.

B File Undelete
Recupera ficheros borrados de forma accidental.
B File Encrypter and Decrypter

Encriptador/desencriptador de ficheros para impedir su acceso
y uso.
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Ficheros y carpetas

& Glary Utilities

Status

e
e
=
==

Free for private use Upgrade Now! Portable Yersion

1-Click Maintenance Modules > Menu

Files & Folders

3 Disk Analysis
Shows you the disk space usage of your files and folders

D Duplicate Files Finder

Searches for space-wasting and error producing duplicate files

:I Finds and remaves empty folders in your windows

File Splitter and Joiner

Empty Folders Finder J
Splits large Files inta smaller manageable files, and then rejain them. J

Wersion : 2.12.0.655

Figura 8.105. Herramienta Glary. Médulo de ficheros y carpetas.

m Disk Analysis

Muestra el espacio usado en disco por ficheros y carpetas.

® Duplicate Files Finder

Busca ficheros duplicados que estédn malgastando espacio para

luego después borrarlos.

® Empty Folders Finder

Busca carpetas vacias.

B File Splitter and Joiner

Divide ficheros para poder grabarlos en un CD, enviarlos por

correo... y luego los vuelve a unir.

© RA-MA
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Herramientas del sistema

& Glary Utilities

Status 1-Click Maintenance Modules > Menu

System Tools

Process Manager
Monitors running processes and optionally stop them,

e Internet Explorer Assistant J

Manages Internst Explorer Add-ons and restores hijacked settings

& Repair

T

(aeh, Windows Standard Tools
Provides direct access to the useful windows default Functions.
Free for private use Upgrade Now! Portable Yersion Wersion : 2.12.0.653

Figura 8.106. Herramienta Glary. Médulo de herramientas del sistema.

B Process Manager

Monitoriza los programas que se estan ejecutando en el equipo
en busqueda de spyware y troyanos.

m Internet Explorer Assistant

Gestiona las extensiones del explorador y restaura la configuracion
modificada por los malwares.

B Windows® Standard Tools

Acceso a herramientas de Windows®.
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RESUMEN DEL CAPITULO

Clonacién de equipos

Utilidades para la
compresién/descompresidén

de archivos y
Utilidades para el backupirestauracién de sistemas

mantenimiento de
equipos informaticos

i’ RAID

Antivirus

Utilidades para el
mantenimiento y reparacién
de los sistemas informéticos

Figura 8.107. Esquema del capitulo.

El resumen de este capitulo va a ser una serie de referencias apartado
por apartado:

Apartado 8.1 Conceptos importantes del capitulo.

En este apartado se estudiaran conceptos y acronimos importantes para
una mejor comprension de todo el capitulo.

Apartado 8.2 Clonacion de equipos.

En el primer punto del capitulo se ven herramientas para duplicacion de
discos y particiones. Duplicar un disco o una particion se puede utilizar
en operaciones de mantenimiento o seguridad.

Cuando necesitamos duplicar un disco desde el cual arranca el sistema
operativo no basta solo con clonar las particiones, hay que clonar todo el
disco para que se duplique también el sector de arranque.

Apartado 8.3 Utilidades para la compresion/descompresion de
archivos y backup/restauracion de sistemas.

Las utilidades de compresién y descompresion son muy utiles cuando se
trabaja con equipos informéticos al igual que las copias de seguridad.
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(Cont.)

En este capitulo se ven herramientas de compresion/descompresion y
realizacion de copias de seguridad para Windows® y Linux.

Las copias de seguridad son operaciones preventivas que permiten
recuperar el sistema al estado de la fecha de la copia de seguridad, por
lo tanto hay que comprobar que dichas copias se realizan, funcionan y se
custodian convenientemente. En este punto se ofrecen 10 consejos sobre
las copias de seguridad que si se siguen podemos estar bastante seguros
de que nuestro sistema estara salvaguardado.

Apartado 8.4 RAID.
RAID es un sistema complementario de las copias de seguridad.

Salvo RAID 0 que en vez de aumentar la seguridad la disminuye
(aumentando el rendimiento) los sistemas RAID se basan en el principio
de duplicacion de la informaciéon. Ya sea duplicando los datos tal cual
(RAID 1) o mediante otros métodos mas sofisticados como la paridad en
RAID 5.

RAID se puede implementar por software y por hardware. Dada la
diferencia de rendimiento es mas ttil implementarlo por hardware.

Apartado 8.5 Antivirus.

El malware es todo tipo de software que provoca efectos nocivos o no
deseados en nuestro sistema. Los antivirus son los programas mas
conocidos y utilizados en la deteccion y eliminacion de este malware.

Uno de los consejos més utiles que se puede dar es “mantén tu antivirus
actualizado”. Es maés efectivo un mal antivirus actualizado que uno
bueno sin actualizar.

Apartado 8.6 Utilidades para el mantenimiento y reparacion de
los sistemas informaticos.

En este punto se ven una serie de herramientas para el mantenimiento
de un sistema informatico. Al igual que los antivirus, deberemos sondear
el mercado en busca de nuevas herramientas y tener las nuestras
actualizadas.

Las herramientas nos van a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en realizar
tareas. Mientras mas herramientas conozcamos mejor vamos a realizar
nuestro trabajo.
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EJERCICIOS PROPUESTOS

m 1. Instalacién de un keylogger. - Puesta en cuarentena.

566

Instala free keylogger desde el CD
de recursos y registra todos los even-
tos de una sesién realizando accio-
nes como el acceso a la cuenta de
correo web o acceso a programas o
aplicaciones que requieran de una
clave de usuario. Una vez registra-
dos estos eventos accede de nuevo al
programa y examina la informacién
registrada. ;Qué diferencias hay en-
tre free keylogger y Douglas keylo-

gger?.

2. Instalacién de un antimalware.
Instala Malware Sweeper desde el
CD de recursos. El objetivo es que
escanees tu sistema en busqueda
de malware. Una vez encontrado el
mismo (si el resultado es positivo)
eliminalo o ignéralo siguiendo las re-
comendaciones del programa.

3. Instalacion de ad-aware.

Instala ad-aware desde el CD de

recursos. El objetivo de este ejerci-

cio es mantener un sistema libre de
cualquier tipo de spyware, adware,
troyanos y demas malware.

Prueba las siguientes opciones del

software:

- Analisis completo.

- Analisis inteligente.

- Cambio del aspecto o el idioma.

- Borra los rastros no deseados de-
jados en el navegador de los sitios
web.

- Configura y modifica el perfil de
analisis.

4. Instalacién de un antispyware.
Instala antispyware terminator des-
de el CD de recursos. El objetivo del
ejercicio es que pruebes a realizar
los tres tipos de analisis que permite
el software (réapido, completo y per-
sonalizado) para ver cual es el que
se adapta mejor a tus necesidades.
Una vez realizado el analisis y en
caso positivo elimina el Spyware en-
contrado o muévelo a cuarentena.
Prueba la proteccién en tiempo real
y comprueba si ralentiza mucho el
sistema.

5. RAID 6.

Investiga por tu cuenta qué es el sis-
tema RAID 6 y completa la siguien-
te tabla describiendo las ventajas
de RAID 6 frente a otros tipos de
RAID.

Tabla 8.3. Ventajas y
desventajas del RAID 6
frentea 0,1y5

RAID 0

RAID 1

RAID 5
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= 6. RAID. SUPUESTO 2
Qué tipo de RAID es el que se mues-
tra a continuacién.

Total DIf. Dif. Dif. Inc.  Total
FlEHERS 1 sy sl osc ®
DATOS FICHERO 2 .1
Alar i2] c[SIEE B[B1 B2
P

FICHERO 4

FICHERO 5

FICHERO 6

tiempg

Figura 8.110. Supuesto 2.

SUPUESTO 3
disco 0 disco 1 disco 2
Figura 8-108. TlpO de RAID, Total Inc. Inc. Dif. Inc. Dif.
FICHERO { »----§-+ @
Realiza un dibujo similar al anterior FICHERO 2 ®-1-&
para RAID 6. FICHERO 3
FICHERO 4 &
m 7. Copias de seguridad. FICHERO &
Coloca la estrella al igual que en la FicHERO ]+ @:
figura 8.16 en los siguientes supues- tiempg,
tos:
Figura 8.111. Supuesto 3.
SUPUESTO 1 m 8. Recuperacién de ficheros.

Instala PC inspector file recovery o
recuva portable desde el CD de re-
Total Dt . DIt Inc. Total cursos del alumno. Haz pruebas de
creacion, borrado y recuperacién de
ficheros y verifica que el programa
funciona correctamente. Puedes ha-

FICHERO 1

FICHERO 2

FICHERO 3 @-1-8-& .,
cer alguna prueba también con un
FICHERO 4 @@ . .
pendrive borrando algunos archivos
R , .
FIcHEROS y llendndolo a tope para verificar que
RICHERO 8 en ocasiones no es posible recuperar
tiempg. los archivos de un disco (porque es-
tos han sido machacados por otros
Figura 8.109. Supuesto 1. nuevos).
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m 9. Copia de seguridad en Windows ™.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

®

Utiliza Uranium backup free para
realizar una copia de seguridad de
tu sistema. Deja la copia preparada
para que se ejecute todos los dias de
la semana (salvo sabado y domingo)
a una hora determinada (elige 5 mi-
nutos después de la hora actual y asi
podras ver el resultado). La copia de
seguridad deberd estar comprimida y

© RA-MA

cifrada. Una vez realizado el backup,
copia algunos de los ficheros inclui-
dos en el backup en un dispositivo
como pendrive o similar y prueba a
restaurarlos en su ubicacién original
desde el backup.

Uranium backup free se encuentra
en tu CD de recursos. También pue-
des bajarte una versién maés actuali-
zada de www.uraniumbackup.com
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(Cudl de las siguientes no es una
distribucién Linux?

a) Knoppix.

b) Red Cat.

c¢) Slackware.

La informacién adicional a los datos

que utilizan los sistemas RAID se
denomina:

a) Overload.

b) InfoRAID.

c) Paridad.

3Un Stripe es:
a) Una matriz o conjunto de discos.
b) Un virus tipo troyano.
¢) Un malware.

Cual de las siguientes copias no
desactiva el atributo de modificado:
a) Total.

b) Incremental.

c) Diferencial.

Para empaquetar un directorio se
utilizara el comando:

a) tar xvf dirl.tar dirl

b) tar cvf dirl.tar dirl

c) tar cvf dirl dirl.tar

8 m UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS...

Cuél de las siguientes frases es

verdadera:

a) RAID significa Repaired Array of
Inexpensive Disks.

b) RAID significa Redundant Array
of Implementation Disks.

c) RAID significa Redundant Array
of Inexpensive Disks.

Cual de las siguientes velocidades

en discos duros no suele
implementarse:

a) 5.400.

b) 7.200.

¢) 5.200.

8[,Qué tipo de RAID es més rapido?
a) 0.
b) 1.
c) 5.

9RAID 1 tiene un overload del:
a) 25%.
b) 50%.
c) 100%.

1 ORAID 0 tiene un overload del:
a) 0%.
b) 50%.
c) 100%.
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Nuevas tendencias y

tecnologia emergente

en equipos informaticos

Objetivos del capitulo

v Conocerés las nuevas

tendencias y productos que

se implantaran a corto,

medio y largo plazo. Piensa
que la tecnologia que

existe actualmente va a ir
evolucionando de una forma
muy rapida y tendras que
reciclarte y adquirir los nuevos
conceptos para poder trabajar
en el entorno tecnolégico del
momento.

En este capitulo vamos a
hablar de mucha tecnologia
nueva o que todavia no se ha
implantado en el mercado y
quizas por esa misma razon
alguna quizas no se llegue
nunca a comercializar.
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9 ® NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGIA EMERGENTE...

........................................................................................................

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL
CAPITULO

........................................................................................................

Para entender mejor este capitulo lee y comprende los siguientes
conceptos:

Atom Z5xx (Poulsbo). integra en un sélo chip funciones graficas y
controlador E/S. Este microprocesador esta disefiado para espacios
poco ventilados (interior de los moviles) y puede trabajar incluso con
temperaturas elevadas pues consume muy poca energia y por tanto
disipa poco calor.

Baybus. Dispositivo que aumenta o disminuye la velocidad de un
ventilador utilizando el voltaje que se suministra al mismo.

Cédigo abierto. Es todo el software o programas que distribuyen el
cédigo fuente (cdédigo con el que el programa esta desarrollado) para
que pueda ser mejorado y ampliado con objeto de que los programas
evolucionen. Existe software de cddigo abierto que ofrece el codigo
fuente pero no permite su modificacién y distribucién comercial. Todo
este software libre se puede usar y copiar de forma gratuita.

Cédigo cerrado. En contraposicion al coédigo abierto es todo el software
que no distribuye su cédigo fuente.

Cradle. Dispositivo donde se conecta la PDA para sincronizarse con el
ordenador.

Fanbus. Un fanbus es un hub o concentrador de ventiladores. Un
dispositivo mediante el cual se pueden conectar multiples ventiladores
y controlarlos.

Foton. Foton o cuanto de luz es una particula elemental y es la particula
mas pequena de la que esta compuesta la luz.

Geolocalizacion. La geolocalizacién relaciona direcciones postales con
unas coordenadas geofisicas concretas.

GPU (Graphics Processing Unit). Unidad de procesamiento grafico.
Es el microprocesador de la tarjeta de video y se dedica en exclusiva al
procesamiento de graficos para aligerar la carga de trabajo de la CPU.
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B Heat-pipe. Es un tubo de cobre generalmente que se utiliza como
elemento de refrigeracion. El tubo contiene un liquido que se evapora
en la zona mas caliente y se condensa en la zona mas fria transfiriendo
el calor. De esa manera se traspasa el calor de una zona a otra para
refrigerarla. A diferencia de los ventiladores no emite ruido.

m Holografico, holografia. Sistema de fotografia tridimensional.

m IBM. International Business Machines. Empresa de informatica que
en su momento fue un lider tecnolégico ya que lideraba el mercado en
software y hardware. Actualmente se centra sobre todo en el segmento
de supercomputadoras.

m IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrénicos. Asociacién que se encarga entre
otras funciones, de crear estandares.

B Mbps. Mega bits por segundo.

B Mecanica cuantica. Es la rama de la fisica que se centra en el
comportamiento de la materia estudiando el comportamiento de las
particulas muy pequenas.

B Mediacenter. Un mediacenter o centro multimedia es un PC o
dispositivo adaptado a reproducir fotos, musica, peliculas... y viene
acompanado de un mando a distancia para que el manejo sea mas
sencillo. También puede utilizarse mediante teclados reducidos con
ratén incorporado.

B MID (Mobile Internet Device). Dispositivo moévil que permite su
conexién a Internet.

B Nanémetro. 109 metros. Es la millonésima parte de un milimetro.

m Nanotecnologia. Es un campo de la ciencia que se encarga de manipular
la materia a una escala a nivel de atomos y moléculas.

m Nettop. Miniordenador de sobremesa utilizado sobre todo para navegar
por Internet y ejecutar aplicaciones web. También se puede utilizar con
aplicaciones que no requieran de mucha capacidad de procesamiento
como escuchar musica, procesamiento de textos...

B PDA (Personal Digital Assistant). Su traduccién seria Asistente
Personal Digital. Se trata de un dispositivo a caballo entre un pequefio
portatil y una agenda personal con pantalla tactil y sistema de
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reconocimiento de escritura. Actualmente tiene capacidad de ejecutar
aplicaciones, ver videos, reproducir musica, navegar por Internet,
mandar y recibir e-mails, organizar citas, mantener contactos, crear
documentos...

Pocket PC. Seria el equivalente a PDA.

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Consiste en
distribuir la informacién en un conjunto de discos duros de tal forma que
si falla uno de ellos se puede recuperar la informacién perdida mediante
los discos restantes (salvo con RAID 0 que es irrecuperable).

Rheobus. Es un controlador para ventiladores, permite controlar la
velocidad de los ventiladores y en algunos casos medir la temperatura
de los dispositivos (de esa forma se ajustaran las RPM de los
ventiladores).

RPM. Revoluciones Por Minuto. Numero de vueltas (revoluciones)
con respecto a un eje que da un objeto en un minuto.

SCSI. Small Computer System Interface (Sistema de Interfaz para
Pequenias Computadoras). Hay gente que lo llama “escasi”. Es un tipo
de interfaz sobre todo de uso profesional y se caracteriza por una mayor
velocidad y fiabilidad frente a otros interfaces como los ATA.

Sistema operativo multitarea. Los sistemas operativos multitarea
son aquellos que permiten ejecutar varias tareas o procesos de forma
simultanea.

Smartphone. La traduccién al espariol seria teléfono inteligente.
Muchos de estos teléfonos inteligentes pueden tener teclado, cliente de
correo electréonico, pantalla tactil, sincronizacién con el ordenador...

Streaming. Mediante el streaming se puede oir un archivo o verlo
utilizando Internet sin tener que descargarselo previamente.

SSD (Solid State Drive). Unidad de estado sélido. Es un disco duro
electrénico realizado a partir de chips de memoria flash. No tiene partes
mecanicas.

Ultraportatil o NetPC o Netbook. Ordenador pequenio de bajo coste
con capacidad reducida de procesamiento y conexién a Internet.

WPAN. Wireless Personal Area Network. Red inalambrica de area
personal.
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9 . 2 LA INFORMATICA MOVIL
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La oficina del futuro no va a ser como la que imaginamos actualmente. Si
nos paramos a pensar si todo lo que la gente hace en la oficina lo podria hacer
desde otro lugar si tuviese medios tecnolégicos (atender el teléfono, redactar
informes, enviar emails...), entonces estamos pensando en la oficina del futuro.
Esta forma de trabajar la estan utilizando muchas empresas actualmente,
sobre todo las empresas que apuestan por la tecnologia.

Importante

Por informatica mavil no nos estamos refiriendo a los ordenadores portatiles,
éstos si cabe estarian fuera de este concepto. Nos estamos refiriendo a otro tipo
de dispositivos menos voluminosos que tengan capacidad de procesamiento y
comunicacion como PDA, teléfonos de ultima generacion...

. A
Teléfono /Ordenadch\
[ movil

\_ portatil
\_simple” / Nl

E INFORMATICA MOVIL

Calculadora

Teléfono

| movil
PDA \cgn Java \NetPC
g
Smartphone :
| e
i @'Od@)
MPB/

Figura 9.1. Clasificacién de dispositivos en funcién de la informatica mévil.

(*) Sin capacidad de ejecutar programas Java

Como se puede ver en la figura anterior quedarian excluidos de la
informatica mévil los portatiles y demas dispositivos voluminosos. Asimismo
los dispositivos que no tienen capacidad de procesamiento como calculadoras
aunque sean programables no entrarian en este segmento. Los netPC estan con
un pie dentro y con otro fuera porque aunque a pesar de que son voluminosos,
cada vez lo son menos al carecer de lector 6ptico y venir sellados (estos equipos
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no tienen las tipicas tapas de los portatiles que se quitan y se cambian o se
aumenta la memoria, disco duro...).

Figura 9.2. Teléfono mavil con capacidad para ejecutar Java.

EJFX] TAREAS QUE SE PUEDEN HACER CON LA INFORMATICA
MOVIL

v Se puede trabajar desde casa como si se estuviese en la oficina. Desde
casa se puede realizar desde ciertas pequenas tareas (atender el email)
hasta trabajar toda la jornada.

" Se puede tener una videoconferencia con algin cliente o compafiero si
es necesario y posible en ese mismo momento no importa el lugar donde
estemos.

" Llevar consigo las citas, teléfonos, documentos importantes... De esa
manera no hace falta llamar a la oficina para obtener este tipo de
informacién.

v Se pueden aprovechar los tiempos muertos en desplazamientos,
esperas,... para trabajar con documentos, leer y responder el email,
preparar pedidos o facturas, comunicarse con proveedores o clientes....
Sin duda estar aprovechando un tiempo perdido para adelantar
trabajo.

" Tener en ese mismo instante acceso a servicios como el estado del tiempo,
de las carreteras, localizacién de algin punto geografico...
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EIFIF) ;A QUE TIPO DE TRABAJADORES SE ACONSEJA QUE

v

v

UTILICEN LA INFORMATICA MOVIL?

Este tipo de tecnologia se aconseja para trabajadores que pasen fuera de
la oficina cierto tiempo como auténomos, instaladores, comerciales...

Empresas que tengan varias ubicaciones (varias oficinas,
almacenes,...)

Trabajadores que necesiten mejorar su productividad porque disponen
de tiempos muertos.

Trabajadores que por las razones que sean necesitan trabajar desde un
lugar diferente al de la oficina.

Cuando se intenta eliminar el papeleo (tomar notas en un dispositivo
movil, eliminar agendas, catalogos, formularios de pedido...).

Cuando se intenta agilizar ciertos procesos como, por ejemplo, enviar
por Internet un pedido es mucho mas rapido que rellenar un documento
de pedido y esperar a que el comercial llegue a la oficina y se procese la
orden.

Cuando se intenta dar un mejor servicio al cliente (por ejemplo, que un
comercial responda en ese mismo instante si disponen en stock de un
producto concreto).

P3| MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Aquellos trabajadores que trabajan de esta manera aprovechan mejor la
jornada laboral y ello repercute en los resultados de las empresas. Existen
estudios que prueban que trabajadores ganan entre 8 y 12 horas semanales

de esta manera.

Asimismo muchos trabajadores se sienten mas utiles, mas motivados y
pueden solventar problemas como conciliar la vida laboral y personal.

© RA-MA
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EJPI] SISTEMAS OPERATIVOS QUE TIENEN LOS DISPOSITIVOS
MOVILES
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Figura 9.3. SmartPhone de Nokia®.

v Los teléfonos que ejecutan aplicaciones Java suelen tener sistemas
operativos propietarios desarrollados por el fabricante del teléfono.

Figura 9.4. iPhone visualizando videos de Youtube.

" Los smartphones llevan sistemas operativos como iPhone OS, Windows®

Mobile, Symbian®, Android®, BlackBerry® OS...

" Las PDA. Los sistemas operativos que predominan en las PDA son
el Windows® Mobile de Microsoft y Palm® OS de PalmSource® que se
llevan la mayoria de la cuota de mercado aunque también hay PDA que
montan Linux y Symbian®.

v Los sistemas operativos més usuales en NetPC son Linux y Windows®
(XP, Vista, Windows® 7....)
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Sistemas operativos en dispositivos méviles

Palm® 0s

Es un sistema operativo de la compania Palm® que lleva mucho tiempo en
el mercado, al igual que las PDA que lo utilizan. No es software libre y esta
desarrollado por PalmSource® Inc. Existen multitud de aplicaciones que pueden
funcionar en este sistema operativo (mas de 19.000, incluso algunas con cédigo
abierto). Su Ultima versién es webOS y se incorpora en su teléfono Palm® Pre.
La empresa espera en el futuro crear mas teléfonos que incorporen este sistema
operativo.

Windows® Mobile

Es el sistema creado desde cero por Microsoft para teléfonos méviles. También
se puede encontrar este sistema operativo en Pocket PC o PDA y media center
portatiles. Aunque estos dispositivos comparten el sistema operativo y tienen
una apariencia comun, existen aplicaciones que funcionan en un dispositivo y
no en el otro. Como casi todos los productos de Microsoft, windows® Mobile no
es caodigo libre.

iPhone® 0OS

Es el sistema operativo que utiliza el iPhone y también el iPod Touch. Ni que decir
tiene que todos estos nombres precedidos por una i provienen de la empresa
Apple®. El sistema operativo es una variante de su sistema operativo Mac OS
X. El sistema operativo es de cddigo cerrado, pero mediante iTunes (la tienda
en Internet de Apple®) se pueden conseguir actualizaciones de forma gratuita
para el iPhone.

BlackBerry® 0S

Sistema operativo desarrollado por RIM (Research In Motion) para sus dispositivos
BlackBerry®. Es un sistema operativo multitarea y sélo pueden ejecutarse en él
aplicaciones proporcionadas por RIM o firmadas por ellos.

Symbian®

Es el sistema operativo mas utilizado en los teléfonos mdviles actuales. Esta
desarrollado en base a la alianza de una serie de compafiias como son Nokia®,
Sony® Ericsson, PSION®, Samsung®, Siemens®, Arima®, Beng®, Fujitsu®,
Lenovo®, LG®, Motorola®, Mitsubishi Electric®, Panasonic®, Sharp®,... Esta
desarrollado bajo licencia EPL (Eclipse Public License), la cual puede considerarse
como codigo abierto.
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Sistemas operativos en dispositivos méviles (Cont.)
Android®

Sistema operativo desarrollado por el grupo Open Handset Alliance, formado
por méas de 30 empresas de tecnologia y méviles, entre ellas Google®. Es una
plataforma movil completamente abierta y gratuita y desde su web te animan a
desarrollar software para Android®. Este sistema operativo esta basado en Linux
y Java®. Algunos expertos dicen que es el sistema operativo del futuro para este
tipo de aparatos.

EIFIE] TELEFONOS CON MARCA DE ORDENADOR

Las companias de equipos informaticos se estdn apuntando al terreno de la

telefonia mévil porque ya es un hecho que ordenadores personales y teléfonos
moviles estan convergiendo hacia un mismo dispositivo.
Acer® ya estd en el mercado con una gama de SmartPhones, al igual que
DELL® que en breve va a sacar al mercado su MePhone. Asus® es una
empresa consolidada en el mundo de los SmartPhones pero su eee-Phone va a
ser revolucionario por su sencillez y su orientacion a la conectividad.

PDA o Personal Digital Asistant (Asistente Digital Personal) es una
evolucion de las antiguas agendas pero actualmente se pueden considerar
como una minicomputadora.

Actualmente el utilizar diccionarios, editar documentos, navegar por
Internet, consultar el correo electrénico, o reproducir peliculas o ficheros de
audio no es ningun problema para este tipo de dispositivos.

No obstante, ya es dificil diferenciar entre PDA y Smartphone o teléfono.

Actualmente existen ya muchos modelos de teléfonos que pueden realizar las
tareas que realizan las PDA sin ningtn tipo de problema.
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EIF3Y/ POSIBILIDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PDA

® Expansion de memoria. Practicamente todos los modelos disponen
de puerto de expansién para introducir una tarjeta de memoria. El tipo
de memoria elegida utilizada para la expansiéon es la memoria flash
(normalmente tarjetas con formato compatible SD).

B Conectividad inalambrica. Generalmente infrarrojos, wireless y
bluetooth.

B Audio. Muchos de los modelos en el mercado disponen de micr6fono y
altavoces. Antiguamente habia muchos modelos que carecian de ellos.

B Sincronizacién. La sincronizacién entre un equipo y una PDA va
a permitir intercambiar informacién entre ambos dispositivos como
pueden ser archivos, correos electrénicos y otro tipo de informacién... La
sincronizacion se puede realizar conectando la PDA al equipo mediante
un cradle o simplemente con un cable.

B Teléfono. Dadas las dimensiones de estos dispositivos es bastante util
que vayan acompanadas de teléfono. De hecho smartphones y PDA son
practicamente lo mismo.

m Pantalla tactil. La pantalla tactil permite al usuario interactuar con la
PDA. Normalmente la PDA viene acompafniada de un puntero (o también
llamado lapiz 6ptico) para que sea mas facil escribir, sefialar, navegar
entre ments... Las PDA disponen de un reconocimiento inteligente de
la caligrafia lo cual resulta bastante comodo, otros modelos utilizan un
abecedario especial pero es muy poco frecuente. Todas las PDA actuales
disponen de pantalla tactil LCD.

® Resolucion. Los nuevos modelos de PDA tienen resoluciones bastante
grandes. A mejor resolucién més calidad de imagen.

. @

Figura 9.5. PDA Sony®.
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Usos de las pda

v Entorno empresarial. Gestionar clientes, pedidos, cobros, gastos,
confeccionar informes, estadisticas, documentos personalizados... ya
no es un problema para este tipo de dispositivos. Existen programas
de gestién para cubrir la mayoria de las exigencias de los procesos de
movilidad en las empresas.

v GPS. La utilizacién del GPS en el automévil es algo bastante cotidiano.
No obstante el uso de GPS se puede utilizar en este tipo de dispositivos
para la localizacién de los mismos. Por ejemplo, para una empresa, el
conocer en tiempo real desde cualquier ordenador, la posicién exacta de
cualquiera de sus terminales en movilidad puede serle de suma utilidad
(pensemos en una empresa de transporte, una flota de taxis). De esta
manera se pueden minimizar al maximo los movimientos.

" Medicina. Aparte de los vademecum, libros y guias de consulta, este tipo
de dispositivos puede ser muy util para tener informatizado un centro
médico u hospital permitiendo a los profesionales el poder desplazarse
libremente y trabajar con un dispositivo reducido.

v Educaciéon. Aparte de lo que es la mera gestién académica (control de
asistencia, control académico, citas, reuniones, listas de alumnos...)
se le puede sacar mucho partido a este tipo de aparatos gracias a su
capacidad multimedia.

v Personal. En muchas ocasiones una PDA evita el tener que llevar el
portatil de un sitio a otro y permite tener en el dispositivo tus fotos,
videos, juegos, trabajos, musica, plano de tu ciudad...

................................................................................................................

9 TENDENCIAS
. EN LA REFRIGERACION

................................................................................................................

En cuestion de refrigeracion se estan haciendo muchos estudios y cada uno
con una direccién determinada. No existe un modelo comun. La refrigeracion
actual tanto por aire como por liquido refrigerante se dejara de utilizar en
un futuro, méas si cabe teniendo la necesidad de reducir el tamano de los
dispositivos (ambas técnicas son muy voluminosas). También es de sobra
conocido que los métodos de refrigeracion actuales ni son efectivos y ademés son
ruidosos. Es cierto que los fabricantes de microprocesadores estan trabajando
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para que los procesadores consuman menos y por tanto disipen menos calor,
pero aun asi seran necesarias nuevas técnicas de refrigeraciéon para poder
aumentar la capacidad de calculo de los microprocesadores pues se piensa que
los microprocesadores del futuro generen 10 veces més calor que los actuales.

Las técnicas de refrigeracion en las que se esta investigando son las
siguientes:

m Refrigeracion liquida interna. La idea consiste en introducir agua o
algin otro liquido refrigerante dentro del propio microprocesador, con
lo cual éste se refrigeraria por dentro en vez de por fuera siendo més
efectiva esta refrigeracion. El microprocesador emitiria menos calor
porque se calentaria menos y prolongaria asi su vida atil. Esta técnica
ha podido refrigerar 1.000 W por centimetro cuadrado (las técnicas
actuales solo llegan como mucho a los 250 W).

B Refrigeracion termoeléctrica interna. Esta técnica consiste en
incluir material termoeléctrico dentro del propio chip. Los productos
termoeléctricos funcionan de tal manera que mediante una corriente
eléctrica y dependiendo de la polaridad de la corriente se puede enfriar
o calentar un material. De este modo se consigue mediante estos
materiales que conducen la electricidad pero impiden el paso del calor,
bajar las temperaturas de los micros hasta los 55 grados, temperatura
a la que el microprocesador puede trabajar sin riesgo.

B Refrigeracion a base de microcompresores. Esta técnica consiste
en bombear refrigerante mediante unos pequefios compresores los
cuales utilizan unas membranas de plastico especiales, este refrigerante
pasa por unos microcanales y después se convierte en vapor. También
deberan ir acompanados de unos microevaporadores que puedan sacar el
vapor hacia fuera del microprocesador. Mediante esta técnica se podria
incluso bajar la temperatura de los microprocesadores por debajo de la
temperatura ambiente, cosa que es imposible conseguir con un sistema
de refrigeracién convencional. El problema que encuentra esta técnica
es fabricar este tipo de componentes a un precio razonable y hacerlos de
forma tan pequefia que puedan incorporarse al microprocesador.

B Refrigeracion mediante viento idnico. Esta técnica seria parecida a
un aire acondicionado microscopico. Se le suele denominar a esta técnica
también como descarga de corona, aceleracién de viento electroestatico o
viento iénico. Una descarga de corona lo que hace es ionizar las moléculas
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de aire de tal manera que este aire que queda ionizado por culpa de esta
descarga comienza a moverse. El funcionamiento es parecido al de una
microbomba de aire. Tendria un emisor que crea la corriente de aire
ionizado y un colector que recoge los iones cada uno en una parte del
chip.
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Figura 9.6. Representacién simplificada de cémo funcionaria la refrigeracién mediante viento iénico.

................................................................................................................

9 TENDENCIAS
" EN ALMACENAMIENTO

................................................................................................................

S| UNIDADES DE ESTADO SOLIDO O SSD

La diferencia mas notable entre un disco duro y una unidad SSD estriba en
el tiempo de acceso. Mientras en un disco duro es de media unos 8 ms (quizas
menos en discos de altas prestaciones), una unidad SSD basado en DRAM
tiene unos tiempos de acceso de 0,01ms.

Figura 9.7. Disco duro tradicional.

Esto es asi porque los discos duros tradicionales tienen partes mecanicas
mientras que las unidades SSD son todo electrénico.
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Importante

Las unidades SSD no llevan dentro ningln disco en su interior, no existen
partes mecanicas todo es electrénico por eso se llaman unidades SSD y no
discos SSD.

Actualmente la tecnologia predominante en memorias Flash es la NAND.
Ya hay unidades SSD fabricadas con tecnologia de celdas multinivel, en
formato de 2 pulgadas y media, con conexién SATA de 250 GB (y superiores) y
con unas velocidades de escritura de 200 MB/s y 220 MB/s de lectura frente a
los 50 MB/s que puede tener un disco duro convencional del mismo tamano.

IR RS R ]
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Figura 9.8. Unidad Value SSD de Intel (Frente). Figura 9.9. Unidad Value SSD de Intel
Cortesia Intel. (Reverso). Cortesia Intel.

Beneficios de las unidades SSD:

v Menos ruido. Estas unidades no hacen ruido dado que no tienen
elementos mecanicos girando como los discos tradicionales.
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v Mas fiabilidad. Esto equivale a que estas unidades pueden trabajar
mucho mas tiempo libres de fallos y averias.

v Mas Rapidez. Como se ha dicho antes estas unidades cuadriplican la
velocidad.

" Economiza energia dado que los componentes electrénicos consumen
menos que los mecanicos.

v Menos gasto energético. Estoimplica que las baterias de los portatiles
duran mas tiempo antes de la recarga.

Este tipo de discos se van a imponer en un breve periodo de tiempo. Para un
futuro se estd estudiando el fabricar discos magnetodpticos. Los discos seran
magnéticos y se utilizara el 1dser para leer o cambiar la polaridad del material
magnético. De momento esté en estudio esta tecnologia, pero si al final resulta
ser comercial, los discos van a ser mucho mas rapidos y mas baratos puesto que
la tecnologia SSD es cara a comparacién de la tecnologia 6ptica.

Figura 9.10. Intel® Z-P140 PATA Solid-State Drive. Cortesia Intel.

Estas unidades SSD tendran que ser de todo tamarno, existiran desde las
mas reducidas como por ejemplo la actual Intel® Z-P140 PATA SSD que esta
pensada para dispositivos ultrapequernios (teléfonos méviles, MP4...) los cuales
necesitan una memoria muy pequena, poco peso (menos de una gota de agua),
sélida, con la maxima capacidad posible (de momento 16 GB), con un consumo
de energia minimo y que dé un alto rendimiento. También habra unidades SSD
mas grandes en tamano para dispositivos de un tamafio superior en las que
no importe que el tamafo sea mayor pero la capacidad tiene que ser también
superior.

Figura 9.11. Intel® Z-P140 PATA Solid-State Drive. Plataforma Intel “Menlow”. Cortesia Intel.
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EIZIF) LOS NUEVOS INTERFACES SATA

Figura 9.12. Cable SATA.

Mientras los interfaces de los discos SATA II actuales estédn en una tasa de
transferencia de 3 GB/s (los discos SATA II tienen una tasa de transferencia
de 300 MB/s), AMD® y Seagate® estan investigando en prototipos de interfaces
a 6 GB/s, el nuevo SATA III. El propdsito de este tipo de interfaces es la
retrocompatibilidad con los conectores y cables anteriores.

Tabla 9.1. Velocidad maxima de los interfaces SATA

INTERFACES SATA (velocidad maxima)

SATA I SATA II SATA II1

1,5 GB/s 3 GB/s 6 GB/s

La investigacion en este tipo de conectores es necesaria pues dado el uso
de los juegos, streaming de video, graficos y demas contenidos digitales, van
a precisar cada vez un mayor ancho de banda para funcionar de una forma
adecuada.

Las especificaciones del SATA III de la organizacién SATA-IO se pueden
encontrar en: http://www.serialata.org/6gbnamingguidelines.asp.
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EIZIE] DISCOS HIBRIDOS

Los discos hibridos no son algo nuevo, ya desde el 2006 se pueden ver
prototipos de discos con este sistema. La idea es aunar la tecnologia de discos
mecanicos de la actualidad que ya esté probada y mas que amortizada con los
nuevas unidades SSD que se van a imponer en el mercado y sacar una gama
de discos que no sean tan caros como las unidades SSD, las cuales de momento
tienen un precio por MB mucho mayor.

Las caracteristicas de estos discos son las siguientes:

Un buffer o caché mucho més grande. Normalmente los buffer de los discos
son de 8, 16 0 32 MB mientras que en estos discos pasan a ser de 128 0 256 MB.
Este buffer o caché sera memoria volatil (DRAM) la cual dejara de contener
informacién valida cuando se apague el disco.

Llevara internamente una memoria Flash que en caso de escritura
almacenara los datos temporalmente antes de escribirlo al disco (esto hace
que las escrituras sean mas rapidas) y en caso de lectura si se encuentra la
informacién en esta memoria sera mucho mas rapido que acceder al disco. De
hecho una de las aplicaciones que se desea que tengan estos discos son las
mismas que la memoria ROBSON, un arranque mucho mas rapido del sistema
operativo al no tener que acceder a disco.

Figura 9.13. Esquema de un disco hibrido.

Los beneficios de los discos hibridos son los siguientes:

" Reduce el nivel sonoro. Los discos funcionan la mayoria a 7.200 RPM.
Un disco girando a 7.200 vueltas por minuto es dificil que no genere
mucho ruido a pesar de lo apantallado que esté.

" Estos discos pueden ser mucho més fiables dado que las partes mecénicas
son mas susceptibles a averias mientras que las partes electrénicas
pueden ser méas longevas.
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v Mejora el rendimiento al depender éste mas de los componentes
electronicos del disco que de los mecanicos.

" Reduce el consumo de energia dado que los componentes electrénicos
son mas econémicos en cuestion de gasto energético que los mecanicos.

" Los equipos arrancaran mas rapido.

v Se alarga la vida de las baterias de los portatiles al consumir el disco
menos energia.

v Se alarga la vida del disco puesto que trabajan menos las partes
mecanicas.

v Se utilizard la parte electrénica para guardar el estado tras una
hibernacién, por lo tanto el despertarse de la misma sera mas rapido.

Recuerda

Los discos mejoran su rendimiento cuando la informacidon a la que desean
acceder esta contigua mientras que las memorias flash el que la informacién esté
contigua o no, le es indiferente. Por lo tanto, cuando el acceso al disco requiere
de muchos accesos en zonas distantes entre si para extraer poca informacién
(como pasa a veces en bases de datos o en el arranque del ordenador), las
memorias flash son mucho mas rapidas.

EIZ] MEMORIA RAM EXTERNA

Hasta ahora trabajabamos con discos duros externos, lectores o regrabadoras
externas de forma habitual, pero no memoria RAM externa. IBM trabaja
sobre un nuevo sistema de memoria externa que puede utilizarse en cualquier
dispositivo (PDA, ordenadores personales, servidores...). Este sistema coloca
un conector en el zécalo de memoria, el cual estd unido por un cable a una caja
externa donde estaran pinchados los médulos de memoria. Supuestamente
cualquier operacién realizada en ese zécalo de memoria sera redirigida a la
caja donde estan los médulos de memoria como si fuera otro médulo mas.
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EIZ3-| MEMORIA DDR-4

Figura 9.14. Memoria DDR-3, predecesora de la memoria DDR-4.

Las memorias DDR-4 (no confundir DDR con GDDR) esta previsto que
aparezcan sobre el 2012. Para ese momento las memorias DDR-3 ya estaran
bastante asentadas en el mercado y serda el momento propicio para cambiar de
tecnologia. Estas nuevas memorias van a funcionar a velocidades de 2.133 Mhz
y 2.667 Mhz y pasado un afio saldran al mercado memorias a 3.200 Mhz.

La diferencia con respecto a las memorias DDR-3 seran fundamentalmente
dos:

" Menor consumo de energia

" Menor tiempo de bisqueda

591



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

Figura 9.15. Chip Qimonda de memoria GDDRS.

La memoria RAM especifica que se utiliza en las tarjetas graficas se
denomina GDDR, actualmente se est4 utilizando el estandar GDDR-5 y dadas
sus prestaciones se prevé que tarde tiempo en salir un nuevo estandar. Este tipo
de memoria al contrario que la memoria RAM que se distribuye en médulos, se
pincha directamente en la tarjeta grafica o en su defecto en la placa base.

Figura 9.16. Geforce 8400 con 512MB memoria GDDR2.

Los mayores fabricantes de memoria GDDR son actualmente Samsung®,
Quimonda y Hynix. Este tltimo fabricante esta trabajando con memorias con
una tasa de transferencia de 7Gbps que actualmente son las mas rapidas del
mercado. AMD® junto con NVIDIA® es la empresa que actualmente lidera el
desarrollo de las GPU que hacen uso de este tipo de memoria.

La memoria GDDR-5 se implantara en poco tiempo en portatiles y tarjetas
graficas de PC. Una de las mayores ventajas que tiene este tipo de memoria
es que duplica el ancho de banda con respecto a las memorias predecesoras
GDDR-3/4, esto implica que los buses ya no tengan que ser tan anchos como
en memorias anteriores.
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£/ MODULOS DE RAM DE ALTA CAPACIDAD

El fabricante coreano Samsung® estd a la cabeza de la fabricacién de
modulos de memoria RAM de alta densidad. Utilizando la tecnologia RDIMM
(Registered Dual Inline Memory module) est4 fabricando médulos de memoria
DDR3 de 32 GB de capacidad. Estos médulos de memoria RAM se van a
utilizar en principio en servidores dada su capacidad y su alto precio.

La tecnologia de esta memoria es DRAM de 50nm.

Una de las ventajas de esta memoria es su bajo consumo (1,35 Voltios) que
hace que se caliente menos que una memoria DDR3 convencional. De hecho
consume un 40% menos que una memoria normal.

a4

Sabias que

La memoria RDIMM dado su alto precio es de momento especifica para uso
profesional (workstations, servidores y sobremesas de alta capacidad). En un
futuro se podra utilizar este tipo de memoria en equipos mas modestos.

ALMACENAMIENTO HOLOGRAFICO

La holografia lleva tiempo proponiéndose ser un sistema futuro de
almacenamiento. Los beneficios de esta tecnologia son la alta capacidad de los
discos (parecidos a un DVD), la duracién de los mismos y un reducido coste.

Esta nueva tecnologia utiliza otras ya disponibles en el mercado como:
B Detectores CMOS de alta velocidad utilizados en camaras digitales
B Moduladores digitales utilizados en televisiones

® Nuevos laser azules

Ya existen en el mercado productos que utilizan esta técnica como
tapestry™ de Hitachi Maxell® Ltd-Inphase.
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Tabla 9.2. Caracteristicas y beneficios del almacenamiento

holografico. Fuente Inphase

Caracteristicas Beneficios

De momento:
e Capacidad de 300 GB a
1,6TB
e Tasas de transferencia
de 20 MB/s a 120 MB/s
e Tiempo de acceso en
milisegundos

Vida de los archivos: 50 anos.

No hay contacto entre el disco y la
cabeza lectora/escritora.

Discos WORM (Write Once Read
Many), es decir, escritura Unica
lectura multiple.

Tiene la suficiente capacidad para
almacenar la informacion necesaria
y no se va a quedar corto en mucho

tiempo.

Soporta interfaces estandar SCSI y
Ethernet.

4 niveles de correccidn de errores.
Verificacion de escritura.

Bajo costo de los consumibles
(discos).

Acceso a cientos de gigabytes de
datos sin necesidad de hacer una
restauracion de cinta.

La forma de trabajo de esta
tecnologia es conocida y parecida a
los DVD.

Es una solucion mas barata que
RAID.

No hace falta preocuparse por la
degradacién de los discos. Estos
pueden soportar mas de 10 millones
de lecturas.

Es mas barato que otras tecnologias
con caracteristicas parecidas.

No hace falta que los discos estén
custodiados en sitios con humedad y
temperatura controlada.

Recuperacion de datos robusta.

Previene de cambios no autorizados
a los datos y asegura la autenticidad
al utilizar tecnologia WORM.
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Este tipo de almacenamiento de momento sélo esta siendo utilizado por
empresas pero en un futuro se extendera cada vez mas su uso. Los expertos
piensan que no se va a imponer a medio plazo a otras tecnologias como Blu-
Ray sino que convivira con ellas, es mds, piensan que en un futuro no va a ser
la tecnologia dominante. Quizds esta reticencia se basa en el hecho de que los
lectores/grabadores de discos holograficos de Hitachi Maxell® Ltd-Inphase
cuestan de momento alrededor de 13.500 euros (los discos consumibles sdlo
135 euros). Si no bajan mucho de precio situandose al precio de un lector/
grabador caro actual de DVD, el mercado doméstico no podra disponer de esta
tecnologia.

Lo novedoso de esta tecnologia con respecto a las anteriores que leian y
grababan un bit a la vez es que es capaz de leer y escribir un millén de datos
con un unico flash de luz. Obviamente la tasa de transferencia es mucho mayor
que la ofrecida por los actuales discos épticos.

300 Gigabytes que es uno de los soportes holograficos con menor capacidad
puede equivaler aproximadamente a:

v/ 462 CD
v 64 DVD
26 horas de video a 25 mbps
20 horas de video a 32 mbps
13 horas de video a 50 mbps
7,4 horas de video a 90 mbps

6,7 horas de video a 100 mbps (Alta definicién)

SR NEENEE NI NN

25 minutos de video en alta definicién a 1.600 mbps

El funcionamiento es el siguiente: un haz de laser se divide en dos, el
primero es la sefal que lleva consigo los datos y el segundo haz hace de
referencia. Cuando ambos haces interactiian se forma el holograma. Cuando
interseccionan los dos haces se genera el holograma y es entonces cuando se
puede grabar en un medio dptico.
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Tabla 9.3. Caracteristicas de los distintos medios de
almacenamiento. Fuente Inphase - IDC

Cinta de Blu-ray, Cinta Almacenamiento

Caracteristicas . HD DVD o s e
video UDO magnética holografico

18 GB
. 1-251 15-100 100 GB -
Capacidad GB GB 1.6 TB 300GB-1.6TB -1,5
TB
Tasa de 3-25 4-12 20 - 120 40-150
transferencia MB/s MB/s MB/s 2L - LA e MB/s
Duracién de
la informacion 7 afos 20 afos 7-10 afios 50 afios 5 afios
almacenada
Precio de los 202'57‘:ur 0,75 eur 0,18-0,75 0,04-0,15 eur juf‘:}
consumibles / GB / GB eur / GB / GB GB
WORM No Si No Si No
ACCGS? No Si No Si Si
aleatorio
Contacto
del cabeza
con el disco Si No Si No Si
en lectura/
escritura
Seguridad Ninguno Ninguno  Ninguno Eiein] sl Eateln Si

Optica
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EIZIE] HVD (HOLOGRAPHIC VERSATILE DISC) DISCO VERSATIL
HOLOGRAFICO

a4

Recuerda
HVD es un estandar de almacenamiento holografico al igual que DVD es un
estandar de almacenamiento éptico.

De momento HVD esta en fase de desarrollo pero se supone que sera la
siguiente generaciéon de tecnologia éptica. HVD va a superar con creces la
capacidad de los discos Blu-Ray.

Los discos producidos por este sistema se prevé que tengan una capacidad
de 3,9 Terabytes (mas de 39.000 Gigabytes). También la tasa de transferencia
va a ser espectacular: 1 GB/s (6 veces mas rapido que los lectores de DVD).

Tabla 9.4. Capacidad de los HVD, Blu-Ray y HD DVD

HD DVD Blu-Ray HVD

75 GB 90 GB 3.993 GB

EIZST TARJETAS FLASH DE ALTA CAPACIDAD SDXC

Explore |

Wireless
S Card
268

SKU# EYE-FL2EX
FCC ID:VHE-1 FE

Figura 9.17. Tarjeta SD con tecnologia wireless. Fuente Remko van Dokkum.
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La siguiente generacién de memorias flash se denominara SDXC (Secure
Digital eXtended Capacity —SD de amplia capacidad). Con este tipo de memorias
se van a aumentar en gran medida las posibilidades de almacenamiento de los
dispositivos digitales (se podra almacenar semanas de video de alta capacidad,
miles de canciones, todas nuestras colecciones de fotos...)

Las caracteristicas de las nuevas memorias SDXC son las siguientes:
 Hasta 2 Terabytes de almacenamiento

" Velocidad del interfaz de lectura/escritura de hasta 300 Megabytes por
segundo

" Posibilidad de almacenamiento de gran cantidad de video en alta
definicién

Las especificaciones de la memoria SDXC han sido desarrolladas por la SD
Association teniendo en cuenta el interfaz SD ya existente. De momento es el
Unico formato de memoria flash que puede proporcionar una alta capacidad
con una velocidad méas que razonable.

Las especificaciones son libres, por lo tanto cualquier fabricante va a poder
fabricar memorias de este tipo.

Los mas beneficiados de este tipo de memoria van a ser los teléfonos méviles.
De hecho, con esta capacidad se puede convertir un teléfono mévil en un media
center. Uno de los hdndicap que tenian hasta ahora los teléfonos méviles era el
almacenamiento, con lo cual esta barrera ya esta superada.

a4

éQué se puede almacenar en 2 Terabytes?
e 100 peliculas en alta definicién (HD)
e 60 horas de grabacion en alta definicion (HD)
e 17.000 fotos de alta resolucion

El sistema de archivos que van a utilizar este tipo de memorias va a ser el
exFAT de Microsoft, lo cual va a ser positivo para su utilizacién desde el PC
y muchos productos electrénicos. El sistema de archivos exFAT esta disefiado
especificamente para este tipo de tecnologia.
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................................................................................................................

9 TENDENCIAS
" EN PROCESAMIENTO

................................................................................................................

» Visualiza el siguiente video:

http://www.intel.com/es_ES/consumer/learn/index.htm?iid=subhdr-
ES+learn
M Una vez visualizado el video responde a las siguientes preguntas:

a. Explica la importancia que tiene el procesador en el rendimiento y
la duracién de la bateria.

b. Qué mejoras produce el Hafnio en los ordenadores portatiles.

c. Qué tecnologia inalambrica de los procesadores de Intel ofrece 2
veces mas de alcance y 5 veces mas de velocidad.

Nota: Este es un video de la Web de Intel y por lo tanto no podemos
asegurarte que este video esté disponible en este mismo momento. No
obstante puedes utilizar otra fuente de informacion en Internet para
responder las anteriores preguntas.

EJEE] LA LEY DE MOORE

“E1 nimero de transistores en un chip se
duplica aproximadamente cada dos afios”.

Figura 9.18. Ficha de Gordon Moore.
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Gordon Moore que fue coofundador de Intel creé una ley que ha ido
modificando y detallando en la que pronosticaba que el nimero de transistores
en un chip se duplicaria cada afio. En la pagina Web de Intel (www.intel.com)
se detalla esta ley un poco maés:

“La complejidad por los costes minimos de los componentes ha aumentado a
un ritmo aproximado de un factor de dos por afio. A buen seguro que este ritmo
de crecimiento no esta tan claro, aunque no hay ningin motivo para creer que
no seguird esta constancia al menos durante 10 afios”.

La verdad es que esta ley se ha estado practicamente cumpliendo.
Actualmente se esta desarrollando mas all4 de esta ley, alojandose por ejemplo
mas de 10 millones de transistores en un espacio mayor que la punta de un
boligrafo.

» Accede a la siguiente pagina:

http://www.intel.com/museum/corporatetimeline/

P Ve mirando afio a afio la evolucién de los chips de Intel desde el afio
1968 hasta nuestros dias.

Nota: Este es un recurso de la Web de Intel y por lo tanto no podemos
asegurarte que siempre esté disponible.

EJEIF] LOS PROCESADORES QUANTUM DEL FUTURO

Figura 9.19. Detalle de un microprocesador actual.
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Como ya se ha visto, el bit es la unidad de informacién en los ordenadores
actuales. Cualquier dato tanto numérico como alfanumeérico puede expresarse
en bits. Un bit tiene dos valores posibles, 0 o 1. Un uno légico (1) expresa la
presencia de energia, y la ausencia de energia se expresa como un cero légico
(0). Los ordenadores cudnticos utilizan otro tipo de bits, los bits cudnticos que
pueden expresar el doble de valores puesto que el 0 y el 1 se pueden superponer
gracias a las propiedades de la mecanica cuantica. Los bits cuanticos pueden
expresar los valores 00, 01, 10y 11.

Figura 9.20. Bit 0. Figura 9.21. Bit 1.
00 01
& N
.

Sy o,
4
\ >
LN >~

Figura 9.22. Qbit 00. Figura 9.23. Qbit 01.

10 11

¢
\
b
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\\\
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Figura 9.24. Qbit 10. Figura 9.25. Qbit 11.

Parandose a pensar, con 2 gbits se pueden representar 16 posibles estados,
mientras que con los bits actuales solamente se podrian representar 4. Esto
implica que la capacidad de procesamiento y almacenamiento se multiplica
exponencialmente.

Recuerda
Con s6lo unos pocos gbits podemos representar mucha informacion y realizar
unos calculos enormes...
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El problema que se han encontrado los investigadores es el poder trasladar
los estudios de laboratorio a la vida real, puesto que la superconducciéon no
es algo relativamente nuevo. El tipo de materiales utilizado en las pruebas
funciona bien a temperaturas bajas utilizando un tipo de refrigeracién que no
poseen los ordenadores actuales, pero la cuestién es que se pueda conseguir
un microprocesador quantum que pueda funcionar a temperatura ambiente.
Existen multiples problemas que se van resolviendo poco a poco como pueden
ser el recubrimiento de los chips en los que ya se estan encontrando los
materiales adecuados.

El futuro de los microprocesadores pasara por resolver los siguientes puntos
clave:

" Reduccién del espacio
" Reduccién de la energia que consumen

" Reduccién de los gastos en refrigeracién

IBM, en un intento de resolver estos problemas esta intentando sustituir las
conexiones eléctricas en las cuales los datos se transmiten mediante electrones
por conexiones dpticas en las que se utilizarian fotones para representar bits.
Hace tiempo era impensable utilizar técnicas dpticas por su elevado costo pero
ahora parece que puede ser posible en un futuro cercano. La idea de IBM es
desarrollar esta técnica para procesadores de supercomputadoras en las que
IBM tiene gran parte de su negocio.

» ¢Qué niimero de bits podemos representar con 5 gbits?

B &Y con 10 gbits?
B &Y con 100 gbits?

M &Y con n gbits?
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EL MERCADO DE LOS MICROPROCESADORES DEL
FUTURO

Figura 9.26. El Microprocesador.

Menos sustancias contaminantes

Las companias que fabrican microprocesadores cada vez més estan
concienciadas por el medio ambiente y fabrican microprocesadores con menos
sustancias contaminantes (por ejemplo los Gltimos microprocesadores de 45
nanémetros de Intel estan libres de plomo, material sumamente contaminante).
También producen cada vez mas microprocesadores que consuman menos
energia porque el gasto energético implica mas contaminacién en el ambiente
(para conseguir esa energia eléctrica hay que transformar algunas materias en
energia eléctrica como uranio, petroéleo, carbén...).

Figura 9.27. Material con el que se sustituye la antigua soldadura de aleacién de estario por una nueva
aleacion de estanio plata y cobre sin utilizar plomo. Cortesia Intel.

Desarrollo de los nuevos tipos de transistores

Como se ha comentado en otros capitulos los microprocesadores se basan
en transistores que a su vez estan hechos con silicio. Los transistores son
esenciales en todo dispositivo electronico que necesite amplificar corrientes
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eléctricas débiles. Los nuevos transistores que se estan diseiando mediante
nanotecnologia permiten ahorrar 50 veces mas energia que sus predecesores.

Todo esto implica que los dispositivos electronicos como teléfonos moéviles,
ordenadores, PDA... gastardn mucha menos energia que actualmente, seran
mas pequenos y podran ser mucho mas potentes que hasta ahora, porque
elevar la potencia repercutia mucho en el gasto de energia.

Los nuevos transistores estan fabricados mediante nanotecnologia a base
de arseniuro de indio en vez de silicio. Estos transistores van a trabajar a unas
frecuencias mucho maés altas que los transistores actuales (se esta hablando de
60 Ghz frente a los 3-10 actuales) lo cual implica que en un futuro no haga falta
tener procesadores multinicleo. No obstante empresas como Intel prevén en el
futuro (sobre el 2020) disponer de microprocesadores de 16 y 18 nucleos.

LA MOVILIDAD, OBJETIVO DE LOS NUEVOS
PROCESADORES.

Tenemos claro que el futuro esta en la movilidad, pequefios dispositivos
conectados a Internet con conectividad inalambrica (WIFI, bluetooth...), con lo
cual para ello necesitaremos una nueva generacién de procesadores

intel.

Ato

Figura 9.28. Logo del procesador Intel Atom.

De momento Intel ha apostado fuerte por este tipo de tecnologia con sus
nuevos procesadores Atom. Estos procesadores tienen un consumo muchisimo
mas bajo de energia de 0,6 a 2,5watios (los chips Core 2 Duo méviles de alto
rendimiento tienen un consumo de energia promedio en el rango de 35 watios)
y su capacidad de procesamiento llega hasta los 1,8 GHz por ahora. Pensados
para utilizarse en MID, ultraportatiles, teléfonos méviles,...
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El futuro de este tipo de procesadores es instalarlos en otro tipo de objetos
como automoéviles de lujo, en ellos podriamos disfrutar de servicios como
nuestro correo electronico, mensajeria, acceso a Internet... en este sentido este
tipo de procesadores concretamente la serie Z5xx de Atom podria utilizarse en
los sistemas de navegacion por satélite, servicios de geolocalizacién y sistemas
de entretenimiento con imagenes en 2D y 3D (siempre y cuando no sean muy
exigentes en cuanto a la complejidad y la aceleracién de video).

Veamos un grafico de los distintos procesadores Atom y cada una de sus

aplicaciones:

9 ® NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGIA EMERGENTE...

Propiedades del sistema 3]

Restaurar sistema Actuslizaciones sutomaticas Acceso remoto
Generd | Nombredeequpo | Hardware | Opciones avanzadas

Sistema
Microsoft Windaws %P
Harme E dition
“Wersion 2002
Service Pack 3

Fiegistrado & nombre de:
JUAN CARLOS

76455-0EM-0011403-00126

Fabricadn y con soparte de: (eeFen

Intel(R) Atam(TM)
CPU N2T0 & 1.60GHz

a 1.60 GHz, 0,99 GE de RAM
WMIEDION' | ... o dicccin s

Figura 9.29. Netbook con procesador Atom N270.

PROCESADOR INTEL ATOM

«Tamafio: menor a 25mm?2
*Proceso de fabricacion : 45
manometros

*Consumo de energia promedio
en un rango de 0.6 — 2.5 vatios
*Placas de silicio con 47 millones
de transistores cada una

*1y 2 nlcleos

*512 KB de cache L2

Figura 9.30. Ficha técnica del procesador Intel Atom.
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Atom Serie 200 | Atom Serie 300 Atom Serie N270 | Atom Serie N 280
« Diamonduville « Diamondville « Diamondville Diamondville

- Single core + Dual core * Single core Single core

= 1600 MHz « 1600 MHz + 1600 MHz 1666 MHz

+ 512 KB L2 cache +1 MB L2 cache + 512 KB L2 cache 512 KB L2 cache

= HyperThreading + HyperThreading = HyperThreading HyperThreading

Atom Serie Z5XX D

+ Silverthorne

* Single core

« 800 - 1866 MHz
+512 KB L2 cache

sHyperThreading (520, 530
y 540)
+ FSB 400-833

Figura 9.31. Familia del procesador Intel Atom.

Este tipo de procesador dependiendo de sus caracteristicas se esta
implantando desde MID hasta Netbooks pasando por Nettops.

EJEl7 SUPERORDENADORES DE SOBREMESA TESLA DE NVIDIA®

Los superordenadores Tesla de NVIDIA® utilizan GPU las cuales
trabajan paralelamente de una forma eficiente. Los procesadores tienen 240
nucleos CUDA (CUDA es el nombre de la arquitectura) y pueden utilizarse
como supercomputadores personales o en grupos de servidores (clusters de
servidores).

Figura 9.32. Cluster de servidores (33 nodos). Fuente iconoclast.
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Estos superprocesadores se podran utilizar para realizar calculos en las
siguientes areas:

B Bioinformatica

B Quimica computacional

B Electromagnetismo computacional y electrodinamica
B Finanzas computacionales

B Dinamica de fluidos computacional

B Data-mining y bases de datos

m Visién por computador

B Imagenes médicas 3D

B Dinamica molecular

B Anadlisis del tiempo y ciencias del espacio

La siguientes generacion de la tecnologia CUDA se llama “Fermi”, la cual
serd la mayor arquitectura basada en GPU jamés construida. Tendrd sobre
tres billones de transistores y 512 nicleos CUDA. La arquitectura Fermi podra
realizar las operaciones y calculos de un superordenador pero con un coste
que supondra la décima parte de un superordenador y consumira la veinteava
parte de potencia que consuma este superordenador.

EJEl¥/ TECNOLOGIA LOGIC DE INTEL DE 32 NANOMETROS

a4

Recuerda
Un nandémetro (nm) es la millonésima parte de un metro.
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Los procesadores actuales estan construidos con tecnologia de 45 nanémetros
(45 veces la millonésima parte de un metro). Para hacerse una idea de lo
pequernios que son, si se pusieran 2.000 puertas légicas de transistores una
junto a la otra formando una cadena, tendrian una longitud como el grosor de
un cabello humano. Ademas, gracias a la investigacion, en lugar de utilizar
di6éxido de silicio como se ha estado haciendo desde la década de los 60 hasta
ahora, se utiliza oxido de hafnio que hace que los nuevos transistores pierdan

menos calor, menos energia y sean méas rapidos.

El tamano si importa

El tamano de los procesadores (transistores y puertas légicas) es muy
importante, puesto que al miniaturizar mas los componentes se puede tener por

ejemplo una caché L2 mucho méas grande, ganar en eficiencia energética...

Figura 9.33. Tecnologia Logic de 32 nandmetros. Cortesia Intel.

Actualmente se esta trabajando en la tecnologia de 32 nanémetros (tecnologia
Nehalem de Intel), lo cual implicara una mayor velocidad de los procesadores,
mayor capacidad y mejores prestaciones de los microprocesadores. Esta
tecnologia estaba ya madura en 2007 pero hasta 2009 no se empezaran a
producir para el mercado chips de 32 nanémetros.

Todo esto parece quele esta dando la razén a Gordon Moore, el cual pronostico

que cada vez se podran alojar en el mismo espacio méas transistores.
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LA TECNOLOGIA DE 22 NANOMETROS

Los 22 nanémetros (22 nm) sera el siguiente paso a dar por los fabricantes
de microchips tras los 32 nanémetros. Las empresas fabricantes de microchips
llegaran a esta tecnologia alrededor del 2011-2012.

Existen ya compaiias que mediante inmersion litografica han llegado a
producir componentes experimentales a 22 nanémetros.

La tecnologia de 22 nandémetros no quiere decir que todas las puertas
tengan que medir 22 nanémetros, por ejemplo, una puerta de 25 nanémetros
se podria considerar como tecnologia a 22 nanémetros.

Tabla 9.5. Procesos de fabricacion
CMOSs

Procesos de fabricacion CMOS

10 micras
3 micras
1,5 micras
1 micra
800 nm (0,80 micras)
600 nm (0,60 micras)
350 nm (0,35 micras)
250 nm (0,25 micras)
180 nm (0,18 micras)
130 nm (0,13 micras)
90 nm
65 nm
45 nm
32 nm (doble patron)
22 nm (Fin de la construccion CMOS plana)
16 nm (transicion a la nanoelectrénica)

11 nm (nanoelectrénica)
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Los 16 nanometros

Los 16 nandémetros es el paso siguiente a 22 nandmetros. Las empresas
fabricantes de microchips llegaran a esta tecnologia alrededor del 2018. Los
16 nanémetros van a ser dificil de conseguir ya que en este momento se esta
hablando de un espesor medido en atomos lo cual complica mucho el proceso
de fabricacion.

Los 11 nan6émetros

Los 11 nandmetros es el paso siguiente a 16 nanémetros. Las empresas
fabricantes de microchips llegaran a esta tecnologia alrededor del 2022.

La nanoelectronica

La nanoelectrénica utiliza la nanotecnologia pero aplicada a componentes
electronicos como transistores. También se necesitaran ademas de transistores
otros componentes como cables que la nanoelectrénica sustituira por unas
moléculas alargadas llamadas nanotubos. La nanoelectronica hara que en un
futuro los componentes electrénicos tengan mas capacidad, sean mas rapidos
y consuman menos.

INTEL XSCALE® TECHNOLOGY. MODULADOR LASER DE
SILICIO A 40 GBPS.

TERACOMPUTACION

«De 10 a 100 nicleos
«Necesarias las
conexiones Opticas

. Quad Core

. pual core

. Hyper-Threading

@ paralelismo a nivel de instruccién

_ EFICTENCTA & AHORRO ENERGIA

TIEMPO

Figura 9.34. Nivel de paralelismo en microprocesadores.
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En la era de la teracomputacién, la comunicacién entre microprocesadores,
placas u otros dispositivos necesitara de una tecnologia mucho mas rapida que
las obsoletas conexiones de cobre.

Figura 9.35. Modulador ldser. Fuente Intel.

Actualmente sabemos que las conexiones 6pticas (por ejemplo la fibra 6ptica)
son mucho mas rapidas y tienen un ancho de banda superior a las conexiones
de cobre. También es verdad que la tecnologia 6ptica es mucho mas cara.
Pero si utilizamos materiales como el silicio para establecer comunicaciones
6pticas todo esto puede resultar econdémico porque se ha estado trabajando con
silicio durante mucho tiempo y las fabricas de microprocesadores y elementos
electrénicos disponen de tecnologia suficiente como para hacer su produccién
en masa de tal forma que los componentes que se fabriquen sean econémicos.

Figura 9.36. Modulador laser. Fuente Intel.

Para conseguir las maximas velocidades en un laser se necesitara que los
pulsos de luz sean de alta calidad. Y para que los impulsos de laser sean de
alta calidad se necesitara un modulador preciso que es la pieza que evitara
distorsiones en los pulsos de luz.
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Figura 9.37. Realizando un test de modulacion. Fuente Intel.

Con estos moduladores 6pticos realizados en silicio se ha llegado a conseguir
pulsos de laser a 40 Gbps y se pretenden instalar dentro de los sistemas futuros
de teracomputacién.

EJEET SYSTEM ON A CHIP

System on a chip (SoC) es la compactacién de varios componentes y sistemas
electronicos en un solo chip.

La idea principal de este sistema es reducir costes. En vez de utilizar varios
microcontroladores (algunos llevan integrada algo de RAM — sobre 100 KB)
se utiliza un microprocesador mas potente al que pueda conectarse memoria
RAM o flash (también la memoria puede ir integrada en el micro). Todas las
funciones que hacian los microcontroladores las hace ahora el microprocesador
y ademads es capaz de correr alguna versién de Linux o Windows®.

Los dispositivos que van a utilizar este microprocesador son las cAmaras de
video, los méviles...

En el futuro tendremos system on a chip en:

® Nanorobots (robots de dimensiones microscopicas) los cuales se podran
programar como anticuerpos para eliminar enfermedades del cuerpo
humano.

B Sistemas de vision. Los cuales seran implantados en el cerebro de
personas ciegas y de esa manera podran ver.

B Sistemas auditivos. Los cuales permitiran a personas sordas oir.
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B Miniordenadores. Los cuales cabran en la palma de la mano y podran
navegar gracias a potentes antenas por Internet a una velocidad
impensable actualmente.

El desafio de estos sistemas es conseguir una gran velocidad con el minimo
consumo.

Figura 9.38. Sistema NVIDIA® Tegra.

Por ejemplo NVIDIA® Tegra es un SoC que permite que los dispositivos
moéviles y de mano (ej: teléfono movil) tengan una gran capacidad de computacién
a la par de un sistema grafico avanzado.

EIEE! ARQUITECTURAS MULTINUCLEO. TERACOMPUTACION

Tera quiere decir un trillon (1.000.000.000.000), por lo tanto teracomputacion
quiere decir plataformas que puedan ejecutar millones de calculos por segundo
(teraflops) en trillones de datos (terabytes). En Intel estos procesadores estaran
basados en la microarquitectura Larrabee.

El objetivo es conseguir arquitecturas multintcleo escalables (de 10 a 100
nucleos) las cuales podran funcionar de forma paralela gracias a las técnicas y
herramientas de programacién paralela. Estos nicleos estan disenados para
tener un consumo minimo de energia.

Estos ntcleos necesitaran un sistema muy rapido de conexién entre ellos.
Se utiliza una especie de red para comunicar los nucleos entre si. La conexién
entre los nucleos debera ser rapida y eficiente para no representar un cuello
de botella.

También el acceso a la memoria y a las cachés debera ser redefinido.
Debera haber un gran ancho de banda al acceder a la memoria y ésta debera

permitir multiples accesos simultaneos si no se quiere que ésta sea un cuello
de botella.
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Actualmente se esta trabajando con prototipos de 80 nucleos que tienen 100
millones de transistores, todo ello con un consumo de 62 vatios.

Los resultados de las pruebas de laboratorio son los siguientes:

Tabla 9.6. Resultado de las pruebas de laboratorio de
arquitecturas multinucleo

Ancho de banda

Voltaje Potencia agregado Rendimiento
3,16 GHz 0,95V 62 W 1,62 Terabits/s 1,01 Teraflops
5,1 GHz 1,2V 175 W 2,61 Terabits/s 1,63 Teraflops
5,7 GHz 1,35V 265 W 2,92 Terabits/s 1,81 Teraflops

Obsérvese que el aumento de frecuencia provoca un incremento en la
potencia consumida. De 1,01 a 1,81 el procesador pasa de consumir 62 vatios a
265 vatios lo que se antoja demasiado.

La conclusion de todo esto es que es mds eficiente aumentar los ntcleos
(se obtendra méas rendimiento) que aumentar la frecuencia para tener un
rendimiento mayor.

................................................................................................................

TENDENCIAS
EN MULTIMEDIA

................................................................................................................

Figura 9.39. Papel electrénico. Un peridédico.
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da

Recuerda
La tinta electronica también se puede denominar papel electrénico.

La sensacién de este papel electronico es como si se tuviese entre las manos
una pantalla portatil de bajo consumo.

El grosor de este tipo de papel es de menos de 1 centimetro (Epson®-Seiko®
tiene uno de 3 milimetros) y tiene el doble de resolucién que una pantalla
LCD.

Esta pantalla dispondra de una microcomputadora conectada a una tableta
que mediante conexiones fisicas o inalambricas permitan cargar de contenidos
el papel electrénico.

El funcionamiento de la tinta electrénica

A diferencia de las pantallas LCD el papel electrénico no consume energia
para mantener la imagen, solamente consumiria cuando ésta se modifica.

Se compone de una matriz de microesferas las cuales cambian de color por
medio de corrientes eléctricas.

Cada esfera tiene en su interior un fluido semitransparente (translicido)
con particulas blancas y negras cargadas eléctricamente.

Punto negro

Cargando eléctricamente unas
placas hacen que las particulas negras
queden por encima de las blancas y de
esa forma parezca a la vista como un
punto negro.

Figura 9.40. Punto negro.
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Punto blanco

En este caso se invierte la carga
eléctrica y las particulas blancas
ascienden dejando en la parte inferior
a las particulas negras

Figura 9.41. Punto blanco.

Figura 9.42. Matriz de microesferas.

Estas microesferas cambiaran de color y crearan imagenes, letras... Como
puede verse en la imagen anterior un conjunto de microesferas puede formar
la letra “e”.

Tinta electrénica en color

De momento aunque no estd muy difundida la tinta electrénica entre los
consumidores por ser algo exotico, el problema de la misma como se ha podido
observar es el color.

Esta tecnologia utilizara nanoesferas de diéxido de silicio de mas o menos
300 millonésimas de milimetro de ancho y su funcionamiento serda por un
efecto de difraccién.

Actualmente no existe papel o tinta electrénica en color pero se esta
desarrollando tinta electrénica que reproduzca todos los colores. Esta tinta al
contrario de lo que ocurre ahora (que se combinan patrones de rojo, verde y
azul (RGB) para conseguir el color deseado) si es capaz de adoptar cualquier
tipo de color o tono presente en el arco iris y modificarse mediante impulsos
eléctricos.

El futuro de esta tecnologia seran las imagenes en movimiento o sensores
quimicos que modifiquen su color dependiendo de la sustancia detectada.
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EN3F REALIDAD VIRTUAL

La realidad virtual en un futuro estara muy ligada a Internet. Muchas de
las aplicaciones que se desarrollen sobre realidad virtual tendran Internet
como base de interconexion.

La realidad virtual lo que va a modificar y revolucionar es la forma en
la que se presenta la informacién. Existiran juegos diferentes en los que se
mezclara la realidad con la ficcién (por ejemplo ya existe el AR Quake en el
que monstruos de fantasia se combinan con la realidad). Se podran tener salas
de cine virtuales en las que podréas ver peliculas con los amigos, agrandar la
pantalla... Se podra asistir a conciertos virtuales en vivo desde el salon de
nuestra casa. A estos conciertos podran asistir millones de personas puesto
que el coste sera asequible.

Sabias que
La realidad aumentada o AR (augmented reality) es aquella rama de la tecnologia
qgue combina imagenes de ficciéon con el mundo real.

Figura 9.43. Realidad aumentada. Aplicacién que indica la estacion de metro mds cercana. Fuente
idrewuk.

En este mundo virtual, periféricos como el teclado si tienen razén de existir
puesto que se va a tener que introducir informacién en el sistema (aunque el
teclado sea virtual), lo que se hace mas dificil de ver es el papel del ratén puesto
que se utilizaran cada vez mas las manos para realizar operaciones que antes
haciamos con el raton.
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Uno de los handicap para la realidad virtual es el disponer de equipos
lo suficientemente potentes y lo suficientemente reducidos para correr las
aplicaciones de realidad virtual. Este problema se ve resuelto dado el nivel de
miniaturizacién actual y futuro. Los dispositivos que se prevé que se vayan
a utilizar en un futuro para ejecutar estas aplicaciones seran los teléfonos
moviles.

Figura 9.44. Simulador de vuelo. Fuente centralasian.

Soluciones de realidad virtual ya existen en el mercado, ya se ha hablado
del AR Quake y también se pueden citar los simuladores de aviones lo que
ocurre es que son tremendamente caros en algunos casos. Se prevé que en un
futuro todo el material de realidad virtual tenga un precio asequible.

ENJE] MULTIMEDIA EN COCHES

Cada vez mas el mundo de la automocion se esta volviendo més tecnolégico.
Los antiguos coches tenian problemas Unicamente mecénicos mientras
que ahora aunque éstos siguen persistiendo también tenemos problemas
electrénicos.

Los fabricantes de microprocesadores ven en el mundo automovilistico un
sector en auge con muchas posibilidades. De hecho ya se estan desarrollando y
produciendo microprocesadores que daran soluciones al sector de automocion.
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Actualmente se trabaja en los siguientes tipos de productos:
m Entretenimiento (asientos traseros)

m Navegacién

B Audio

B Servicios basados en la localizacién

m Conectividad interna

® Comunicaciones externas

Estos productos al ser construidos por fabricas de microprocesadores seran
mas baratos, podran actualizarse y daran un mejor rendimiento que si los
fabrican las propias fabricas automovilisticas.

La finalidad es incorporar de serie en la mayoria de los vehiculos
Wi—Fi, Bluetooth, telefonia, WiMAX y tecnologias emergentes como Ultra—
Wideband.

FUTURO DE LAS CAMARAS DIGITALES, LOS NUEVOS
SENSORES

Existen dos tipos de sensores que son los CCD y los CMOS. Estos tltimos
se empezaron a utilizar en cdmaras digitales y Webcams. Actualmente los
sensores CMOS son el futuro en fotografia digital dado que en un mismo chip
es posible integrar méas funciones que las que tiene un sensor CCD, como
son corrector de contraste, control de luminosidad o un conversor analégico-
digital.

Los esfuerzos de las companias desarrolladoras de hardware se centran en
poder aumentar la densidad de integracién (aumentar la definicién del sensor
o lo que es lo mismo reducir el tamafio de cada pixel en el sensor).

Figura 9.45. Camara con sensor CMOS.
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Toshiba tiene desarrollados sensores con una definicion de 14,6 Megapixel
para moéviles utilizando tecnologia CMOS y esto va en aumento. Un pixel ocupa
solo 1,4 micras en el sensor. Hay que tener en cuenta que los sensores en la
camara de un teléfono mévil tienen que ser méas reducidos que en una camara
convencional.

Figura 9.46. Dos tarjetas NVidia® 7600 conectadas mediante SLI en un ordenador sobremesa.

Existen muchos portatiles con doble grafica en el mercado. El primero que
ha sacado un portatil con triple grafica es Toshiba en su modelo Qosmio. El
portatil tiene dos tarjetas graficas conectadas mediante un sistema SLI y la
tarjeta integrada de bajo consumo. Estas dos tarjetas seran las encargadas de
realizar los trabajos que requieran alto rendimiento y por lo tanto el consumo
del equipo serd mucho mayor mientras que la tarjeta integrada realizara
tareas mas livianas. Normalmente este tipo de portatiles con dos o més graficas
tienen pantallas de 17 pulgadas o mayores y la resolucion suele ser FullHD.
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EN7 TECNOLOGIA LED EN MONITORES

Las pantallas actuales LCD utilizan como fuente de luz primaria para
iluminar la pantalla lamparas fluorescentes de céatodo frio (CCFL - Cold
Cathode Fluorescent Lamp) las cuales son pequefias en cuanto a tamano y
tienen un ahorro de energia importante.

Figura 9.47. Cdtodo frio.

Las nuevas pantallas LED van a suponer un adelanto puesto que:

" Consumen menos energia. La tecnologia LED consume menos que la
CCFL.

" Tienen més contraste. Lo cual redunda en una mayor definicién de las
imagenes. Las imagenes de videojuegos y television convencional van a
ser mas realistas.

S LIBROS ELECTRONICOS

Los libros electrénicos son una herramienta que se va a popularizar en los
proximos tiempos. La ventaja que tienen los libros electrénicos frente a otro
tipo de dispositivos como PDA, smartphones o ultraportatiles es la tecnologia
utilizada.

Los libros electrénicos utilizan tinta electrénica la cual como se ha visto en
este capitulo no tiene retroiluminacion lo cual permite estar leyendo durante
mucho tiempo sin que se resienta la vista.

Otra ventaja de estos dispositivos es la poca energia que consumen y esto es
gracias a no utilizar la retroiluminacion. La bateria de estos dispositivos puede
llegar a durar semanas.

Estos ebook también disponen de salida audio para escuchar por ejemplo
audiolibros.
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Figura 9.48. Versién 1 (derecha) y 2(izquierda) del S’ony® Reader (arriba) y Amazon Kindle(abajo).
Fuente jblyberg.

Los libros electrénicos tienen la capacidad de poder almacenar una cantidad
ingente de documentos dentro de ellos, lo cual permite acceder a un volumen
muy grande de informacién en el mismo dispositivo. Ademas la no utilizacién
de papel ademas de ser mas ecoldgica que la tradicional permite que el precio
de los libros sea inferior.

Las caracteristicas a tener en cuenta antes de comprar un libro electrénico
son las siguientes:

v Peso. Si es liviano serd més facil transportarlo.

" Formatos soportados. Todos los formatos no son soportados pero es
importante que soporte los formatos més utilizados.

" WIFI. El disponer de conexién WIFI permite descargar libros online.
Comprobar el tipo de conexién WIFI, operador...

v Tamarfio de pantalla. El tener una pantalla grande permite utilizar
tipos de letra grandes.

v Duracién de las baterias. Medida en horas o en pasos de pégina.

<

Precio.

v Disposicion de teclas y botones. La disposicién de los botones y la
funcionalidad de los mismos es importante.

v Capacidad de almacenamiento interno. Importante pero no
determinante dado que es posible aumentar esta memoria mediante
tarjetas de memoria flash externas.
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Comparativa de algunos libros electrénicos

Tabla 9.7. Comparativa de libros electrénicos

Kindle® 2 Papyre® 6.1 Sony® Reader-PRS300

Tecnologia Tecnologia E-Ink E-Ink "Electronic E-Ink "Electronic Paper".
<?A4l> de 16 tonos de  Paper". Vizplex con Vizplex con 8 escalas de
A gris 4 niveles de grises grises
Pantalla Pa;jlag”:]dgz 6 Pa;jlag”:dgz 6 Pantalla de 5 pulgadas.
B Resolucién de 600 Resolucién de 600 Resolua?;e:I:SOOXSOO
x 800 pixel x 800 pixel P
Peso
@ 289,2 gramos 220 gramos 220 gramos

Lector tarjetas

u SD SD Memory Stick y SD

Capacidad 2 GB.de Io.s 512 M!B de I.os TR = P
cuales disponibles cuales disponibles disponibles sélo 440MB
@ s6lo 1,4 Gb s6lo 450 MB pon’b!
aproximadamente

Aproximadamente aproximadamente

Conexion WIFI

(((IW Si No No
Formatos Sin conversion:
Soportados Kindle (AZW),
TXT, Audible
(Audible PDF, DOC, WOLF,
Enhanced MP3, HTML, TXT,
(AA’AAX))’. CHM, FB2, DIVU, EPUB, BBeB Book, PDF,
MP3, MOBI sin PNG, TIF, GIF, Text file, RTF y DOC
proteccion, PRC BMP, JPG, PPT, ! ’
nativamente. EPUB, LIT, PRCy
Con conversion: MOBIPOCKET

PDF, HTML, DOC,
JPEG, GIF, PNG,

BMP
Dimensiones
2 13,4 18,4 x 12
03x134x05  184x12,05x 16 x 10,50 x 1,5 cms
cms 0,99 cms
DuraC|onlde la 4.d|a§ con. red 9.000 vueltas de -
bateria inalambrica ag 7.500 vueltas de paginas.
. paginas. ,
= activada. 2 , Bateria recargable Ion-
- Bateria recargable i
semanas con la L Litio
. Ion-Litio
red apagada.

623



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS © RA-MA

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssse

9 e 7 BAREBONES
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E7/F] QUE ES UN BAREBONE

Figura 9.49. Barebone Shuttle. Fuente ndevilTV.

Un barebone es un sistema semi-montado, eso quiere decir que habra
algunos elementos que no son intercambiables (como por ejemplo la placa base,
fuente de alimentacién, sistema de ventilacién...) y que vienen preinstalados
en el chasis, y habra otros que se podran montar y elegir como el procesador,
disco duro, memoria RAM, lectores... En ocasiones el barebone viene con una
configuracién completa sin tener que afiadirle ningin hardware a la caja.

Estos ordenadores no suelen ser de altas prestaciones dado su pequeno
tamafo y reducida ventilaciéon. Aunque son ordenadores normales uno de los
usos mas comunes que se les da es como estacién multimedia.

Figura 9.50. Myka nettop. Fuente ndevilTV.

Un equipo que ofrece potencia y prestaciones es la plataforma ION de
NVIDIA® que combina el procesador Atom 330 (doble nicleo) con un chipset
potente de NVIDIA® (el 9.400 M). El tamafio es reducido, tiene buena potencia,
bajo consumo y grandes prestaciones multimedia.
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LOS HTPC

HTPC = Home Theather Personal Computer (ordenador personal de
cine en casa)

Un HTPC es un ordenador al uso pero con una serie de modificaciones dado
que su objetivo es utilizar la capacidad de procesamiento y precio de un PC
para visualizar peliculas, musica, fotos...

Figura 9.51. Interior de un HTPC. Fuente gadgetdude.

Las diferencias con un PC normal son las siguientes:
Esta equipado con software multimedia
Debe ser silencioso (con lo cual no es necesario un equipo muy potente)

Multiples funciones son manejadas con un mando a distancia por
infrarrojos

El teclado suele ser especial (ademéas de inalambrico suele tener un
ratén incorporado tipo TrackBall)

Tiene un buen sistema de sonido 5.1 0 7.1
Tiene sintonizador de televisién

Algunos presentan un display Led para mostrar informacién
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Software Linux para los HTPC

®m Mythtv. Es un DVR (Digital Video Recorder — grabador digital de
video)

‘a Myt

Tue Jan 13 11:14 PM

Media Manage

. Library Recordings
g

o

Information Optical Utilities /
Center Disks Setup

Figura 9.52. Mythtv.

Web: www.mythtv.org.

® Freevo. Es un software media center para HTPC que incorpora DVR y
PVR. Desde él se puede manejar podcast, juegos, prediccién del tiempo,
musica, video...

Figura 9.53. Freevo.

Web: http://freevo.sourceforge.net.

B LinuxMCE. Es un anadido para kubuntu.

Linux//ICE

Figura 9.54. LinuxMCE.

Web: www.linuxmce.org.
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TENDENCIAS
EN CONECTIVIDAD

................................................................................................................

Tras el éxito que ha tenido el USB 2.0, el cual se ha popularizado haciendo
que otro tipo de tecnologia con mas velocidad como el Firewire de IEEE no
despegue, Intel y otras empresas estan detras del nuevo USB 3.0 el cual afiade
acoplamientos de fibra dptica al cobre tradicional.

Las ventajas de esta tecnologia son:
La velocidad: 4,8 Gigabytes.
La eficiencia energética: consumo mucho menor de energia.

Retrocompatibilidad: si se conecta un antiguo dispositivo USB 2.0 en un
puerto USB 3.0 seguira funcionando.

Velocidad en Mbps

6000
5000
4000
3000

2000
800NBps
1000 | 480Mbps P

o — l—‘

USB2.0 FireWire USB3.0

4,8Ghps

@ Velocidad en Mb/s

Figura 9.55. Diferencias de velocidad entre USB 2.0, 3.0 y FireWire.
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Figura 9.56. Conector miniUSB.

Uno de los principales problemas que tienen los teléfonos moviles es la
universalidad de los cargadores. Se prevé que para antes del afio 2012 se
estandarizaran los cargadores dado que esto hara que se reduzcan los costes, el
consumo y lo que es mas importante es que cualquier cargador puede recargar
un moévil. También priman los principios ecolégicos puesto que se van a poder
reutilizar los cargadores.

El formato elegido es el miniUSB por las siguientes razones:

v Es econémico.
" Se conecta a cualquier ordenador.
v Es pequefio.

" Por su conexién de datos.

EN:JE] EL FUTURO DE WIMAX 802.16

Todo Japdén estara cubierto por una red WiMAX para el 2009 segtun Intel
mientras que en Espafia solamente hay un punado de redes WiMAX aisladas.

El propédsito de WiMAX o Worldwide Interoperability for Microwave Access
(acceso por microondas para la interoperabilidad mundial) es el intentar que
todo el mundo se beneficie de esta cuarta generacién de tecnologia inalambrica.
En un futuro esta tecnologia va a hacer desaparecer la tecnologia WIFI y la
telefonia 3G dando cobertura de banda ancha y alta velocidad a Internet en
movimiento.
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Figura 9.57. La conectividad WiMAX, el futuro en comunicaciones. Fuente: Intel

Este es el tipo de conectividad posible en zonas rurales o en paises emergentes
y desarrollados en los que la Unica tecnologia posible es la inalambrica. El
cableado en esas zonas no es viable y por tanto tienen que optar por este tipo
de tecnologia.

Veamos las desventajas de la tecnologia WIFI y la tecnologia 3G:

Tabla 9.8. Desventajas de los sistemas WIFI y 3G/HSPA

DESVENTAIJAS
Cobertura de la sefial pobre (sélo

30 metros en interiores y 200
metros al aire libre).

No cubre todas las necesidades
inalambricas que se necesitan.

Ancho de banda pequefio con respecto
a WIFI (3,1 Mbps frente a los 30 Mbps
efectivos de WIFI).

Esta expuesta a cualquier otra
interferencia.

Mucho mas caro que WIFI. Las
Baja seguridad. estaciones de telefonia mévil son muy
caras.

No garantiza la calidad del servicio

(no te puede garantizar un ancho HSPA mejora la tecnologia 3G pero no

de banda dependiendo del servicio esta presente en todos los paises.
que utilices).
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Frente a estas desventajas, WiMAX tiene las siguientes caracteristicas:
" Cobertura de 3 a 10 kilémetros (Maximo teérico de 50 kilémetros).

" El dispositivo que se conecta puede estar en movimiento y no pierde la
conectividad.

v WiMAX puede coexistir con WIFI. WiMAX se utilizaria en exteriores
mientras que WIFI podria utilizarse en interiores y la conexién entre
ambas seria posible.

+ Tiene un coste bajo por bit transmitido.

Por lo tanto, si se implanta esta tecnologia lo mismo se puede ver a un
pobre en una fabela (chabola) de Brasil utilizando un mévil por el cual
paga una suscripcién de unos pocos euros al mes y un ejecutivo realizando

una videoconferencia con su oficina, los dos beneficiAndose de la tecnologia
WiMAX.

TECNOLOGIA UWB ULTRA-WIDEBAND (ULTRA BANDA
ANCHA)

a4

Recuerda
UWB o Ultra-WideBand es aquella tecnologia inaldmbrica que utiliza anchos de
banda mayores de 500MHz o del 25% de la frecuencia central.

A diferencia de bluetooth y wireless, UWB utiliza un ancho de banda muy
grande y por tanto puede transmitir mas informacién en menos tiempo (mas
velocidad) que bluetooth o WIFI, de hecho es unas 1.000 veces mas rapido que
WIFI. Todas estas ventajas tienen un pequefio inconveniente y es que tienen
que estar cercanos los aparatos que se vayan a interconectar.

a4

Recuerda
UWB se utiliza para redes WPAN (Wireless Personal Area Network).
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Este nuevo estandar estd apoyado por mas de 50 empresas (Texas
Instruments®, Nokia®, Samsung®, Matsushita Electric®...) lo que hace seguro
que se implante y se generalice.

N\
X/ ot
~ CAMARA
4

DIGITAL

W

VIDEOCAMARA

ALMACENAMIENTO T
EXTERNO ROUTER

Figura 9.58. Interconexion UWB.

Ventajas de la UWB:

" 1.000 veces mas rapido que WIFI.
v Méximo alcance de algunos kilémetros.
+ Sin cables.

" Ancho de banda suficiente como para transportar simultdneamente
senales de audio, video, datos y voz.

" Permitira conectividad WUSB (Wireless Universal Serial Bus) de gran
velocidad con periféricos (impresoras, discos externos, escaner...).

" Bajo consumo.

" Bajo coste.
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EIEIE] WIRELESS UNIVERSAL SERIAL BUS (WUSB)

a4

Recuerda

WUSB no es lo mismo que UWB. UWB es una tecnologia de radio mientras que
WUSB es un protocolo de interconexion de dispositivos que utiliza UWB como
medio de conexidn por radio.

WUSB combina las comunicaciones inalambricas con el uso sencillo del
USB. Se mantiene el modo de uso y la arquitectura USB pero se le dota de
poder trabajar sin cables.

Su uso se va a extender a impresoras, escaner, reproductores MP3, cAmaras
digitales, memorias flash, discos duros externos...

a4

Recuerda
WUSB es diferente a Bluetooth, aunque ambos pueden trabajar con el mismo
hardware, WUSB va a ser mucho mas rapido.

Ya existen adaptadores WUSB en el mercado y su apariencia es parecida
a un pendrive tradicional. Estos adaptadores serviran para conectar equipos
que no dispongan de WUSB con periféricos con esta tecnologia. De momento
su precio es algo elevado pero como todo este tipo de tecnologia, se abaratara
en un futuro.
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HSDPA (HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS)
ACCESO A PAQUETES A ALTA VELOCIDAD POR CANAL
DESCENDENTE

Las siglas HSDPA o lo que es lo mismo High Speed Downlink Packet
Access se podrian traducir por acceso a paquetes a alta velocidad por canal
descendente. Esta tecnologia utiliza un canal compartido en el enlace
descendente (downlink) para mejorar la capacidad maxima de transferencia
de informacién hasta llegar a tasas de 14 Mbps.

Es un paso intermedio entre la tecnologia 3G y la cuarta generacién de
tecnologia mévil 4G que serd la integracién de Redes, por eso se le suele
denominar tecnologia 3,5G.

Practicamente todos los operadores ofrecen esta tecnologia. Por

ejemplo Vodafone® tiene en su web un servicio para consultar la cobertura
3G-HSDPA:

http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/

Con esta tecnologia se incrementa el ancho de banda en el acceso a Internet
y la calidad del servicio es mucho mayor.

................................................................................................................

................................................................................................................

EEN] QUE ES EL MODDING

El modding es el arte combinado con la técnica cuyo objetivo es la
personalizacién de un equipo informatico. La persona que realiza el modding
es el modder y el objeto que sufre el modding se denomina mod.

a4

Recuerda
En el apartado 5.12 del capitulo 5 se explica cdmo se montan algunos elementos
de modding.
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EEIF) OPERACIONES DE MODDING

Algunas de las operaciones mas frecuentes realizadas a un mod son las
siguientes:

" Pintado o lacado y personalizacién de la caja (logos, asas...).

v Afadir dispositivos como vimetros, fanbuses, baybuses, rheobuses...
que controlan o monitorizan algin parametro o funcién del equipo.

v Afiadir ventanas de metacrilato al equipo. En ocasiones se construye la
propia caja en metacrilato.

" Colocacién de catodos para iluminar el mod.

" Eliminacién de refrigeracién por aire y cambio por una refrigeracién
liquida o un heat-pipe.

v Afadir entradas y salidas de aire (blowholes) colocando en las mismas
rejillas, filtros y ventiladores.

" Colocacién de cables reactivos al UV (para lograr el efecto de color
intenso se requiere de luz ultravioleta en la caja).

a4

Vametro

Un vametro es un dispositivo que cuenta con un conjunto de Led que son
sensibles al sonido. Este dispositivo mide el ruido que produce el ordenador.

Figura 9.59. Viimetro.
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EIEJE] VENTAJAS DEL MODDING

El modding proporciona ventajas estéticas y funcionales al equipo. En
muchas ocasiones las ventajas son més estéticas que funcionales.

Entre las ventajas funcionales del modding se encuentra en primer lugar la
refrigeraciéon. En muchas ocasiones el modder crea sus propias refrigeraciones
liquidas, sus dispositivos de disipacién/ventilacién y modifica la caja con salidas
y entradas de aire (blowholes) para permitir una mejor recirculacién del aire.
Esta comprobado que una buena refrigeraciéon del equipo permite trabajar al
mismo de una forma mas estable y alarga la vida de los componentes.

Figura 9.60. Rheobus en funcionamiento.

Uno de los elementos mas comtinmente utilizados en el modding que
proporciona ventajas funcionales son los paneles frontales o rheobuses que
proporcionan informacién sobre la temperatura de los componentes del equipo
e incluso pueden regular la velocidad de los ventiladores.
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RESUMEN DEL CAPITULO

« La informatica movil

* Tendencias en la
Nuevas

tendencias y » Refrigeracion
tecnologia » Tendencias en almacenamiento

emergente » Tendencias en procesamiento
en equipos
informaticos

« Tendencias en multimedia
« Barebones
« Tendencias en conectividad

Figura 9.61. Esquema del capitulo.

En este capitulo se ha intentado dar una visién de parte de las nuevas
tecnologias que se van a implantar en un futuro. Es dificil prever qué
tecnologias van a triunfar y cuales van a pasar de largo (hay multiples
factores que hacen que una tecnologia triunfe y muchas veces no es
determinante si es mejor o peor).

Ademas de dar una visién de los componentes que se van a implantar en
un futuro (microprocesadores, RAM, memorias flash, almacenamiento...)
se ha intentado profundizar en otros temas como la tecnologia multimedia,
la informatica movil, el modding... que en un futuro cercano estaran
presentes en nuestras vidas.

Como es de prever hay muchas tendencias y tecnologia que no ha sido
posible introducir en el capitulo, para ello haria falta un libro aparte.

© RA-MA
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m 1. Qué son las baterias de células
de combustible. Cémo funcionan.
Cuénto duran. Para qué dispositivos
electrénicos se podran utilizar.

2. Qué significan las siguientes
siglas:

v WPAN
v WUSB
v UWB

v WIMAX

3. Completa las frases con la palabra
adecuada:
Los ultimos microprocesadores de 45
de Intel estan libres de
plomo.
Los microprocesadores se basan en
que a su vez estan hechos
con silicio.
Los nuevos transistores estan
fabricados mediante a
base de arseniuro de indio en vez de
silicio.
Los superordenadores Tesla de
NVIDIA® utilizan las cuales
trabajan paralelamente de una
forma eficiente.
La siguiente generacién de
la tecnologia CUDA se llama
Un o cuanto de luz es
una particula elemental y es la
particula més pequena de la que
estd compuesta la luz.

9 m NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGiA EMERGENTE...

Un es un tubo de cobre
generalmente que se utiliza como
elemento de refrigeracion. El tubo
contiene un liquido que se evapora
en la zona més caliente y se conden-
sa en la zona maés fria transfiriendo
el calor. De esa manera se traspasa
el calor de una zona a otra para re-
frigerarla. A diferencia de los venti-
ladores no emite ruido.

La es la rama
de la fisica que se centra en el
comportamiento de la materia
estudiando el comportamiento de las
particulas muy pequenas.

Un es un dispositivo
mévil que permite su conexién a
Internet.

La es aquella
rama de la tecnologia que combina
iméagenes de ficcién con el mundo
real.

4. Completa las frases con la palabra

adecuada:

Un es un dispositivo

que controla la velocidad de los

ventiladores de un equipo utilizando

para ello el voltaje.

WUSB es diferente a ,

aunque ambos pueden trabajar con

el mismo hardware, WUSB va a ser

mucho més rapido.

Existen dos tipos de sensores que

son los CCD y los .

Las diferencias de las memorias
conrespectoalas memorias

DDR-3 seran fundamentalmente dos
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(menor consumo de energia y menor
tiempo de busqueda).
_______ es un estandar de
almacenamiento holografico al
igual que DVD es un estandar de
almacenamiento 6ptico.
La siguiente generacion de memorias
flash se denominara .
El sistema de archivos que van a
utilizar las memorias SDXC va a ser
el de Microsoft.
Un es la millonésima
parte de un metro.
_ _ consiste en distribuir la
informacién en un conjunto de
discos duros de tal forma que si falla
uno de ellos se puede recuperar la
informacién perdida mediante los
discos restantes.

es el numero de vueltas
con respecto a un eje que da un
objeto en un minuto.

5. Completa las frases con la palabra
adecuada:

Mediante el se puede
oir un archivo o verlo utilizando
Internet sin tener que descargarselo
previamente.

Una es una red inalambrica
de area personal.

Los ___ llevan sistemas
operativos como iPhone® OS,
Windows® Mobile, Symbian®,
Android®, BlackBerry® OS.

El sistema operativo es
un sistema operativo de la compania
Palm® que lleva mucho tiempo en el
mercado, al igual que las PDA que
lo utilizan.

La

consiste en introducir agua o algin
otro liquido refrigerante dentro del
propio microprocesador.
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La es la ciencia

que se encarga de la manipulacién

y transformacién de la materia a

escala nanométrica (menor a un

micrometro).

La diferencia mas notable entre un

disco duro y una estriba

en el tiempo de acceso.

El interfaz SATA tiene una

velocidad maxima de 6 GB/s.

Los discos duros mejoran su

rendimiento cuando la informacién

a la que desean acceder esta

mientras que a las memorias flash el

que la informacién esté

0 no, les es indiferente.

El aumento de provoca

un incremento en la potencia

consumida.

Segun Moore “El ntumero de
en un chip se duplica

aproximadamente cada dos afos”.

6. Completa las frases con la palabra
adecuada:

Gracias a la investigacién en lugar
de utilizar como se ha
estado haciendo desde la década de
los 60 hasta ahora, se utiliza 6xido
de hafnio que hace que los nuevos
transistores pierdan menos calor,
menos energia y sean més rapidos.

Los nandémetros es el paso
siguiente a 22 nandémetros.
El sistema operativo es

el sistema operativo que utiliza el
iPhone y también el iPod Touch.

La consiste
en incluir material termoeléctrico
dentro del propio chip del
microprocesador.

El sistema operativo es
el sistema operativo mas utilizado
en los teléfonos méviles actuales.
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La nanoelectrénica wutiliza la
pero aplicada
a componentes electrénicos como
transistores.

quiere decir
plataformas que puedan ejecutar
millones de calculos por segundo.

El propésito de ___ o)
Worldwide Interoperability for
Microwave Access (acceso por
microondas para la interoperabilidad

mundial) es el intentar que todo

N\

Un dispositivo que se utiliza para

sincronizar la PDA con el ordenador
se llama:

a) MID.

b) Cradle.

¢) Hot-Sinc.

Cudl de las siguientes frases es

falsa:

a) La refrigeracién liquida inter-
na consiste en incluir material
termoeléctrico dentro del propio
chip.

b) La diferencia més notable entre
un disco duro y una unidad SSD
estriba en el tiempo de acceso.

¢) La holografia podria ser un siste-
ma futuro de almacenamiento.

8La siguiente generacién de
memorias flash se denominarén:

a) SDHC.

b) SDXC.

c¢) SDWC.

9 m NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGiA EMERGENTE...

el mundo se beneficie de esta
cuarta generaciéon de tecnologia
inaldmbrica.

Con los _____________ pueden
expresar los valores binarios 00, 01,
10y 11.

A diferencia de ____ y

, UWB utiliza un ancho
de banda muy grande y por tanto
puede transmitir mas informacién
en menos tiempo.

Cuél de las siguientes frases es

falsa:

a) Un Pocket PC puede considerar-
se una PDA.

b) La siguiente generacion de la tec-
nologia CUDA se llama “Fermi”.

c¢) Los superordenadores Tesla de
NVIDIA® utilizan CPU’s las cua-
les trabajan paralelamente de
una forma eficiente.

Cuél de las siguientes frases es

falsa:

a) La refrigeracién mediante viento
i6nico seria parecida a un aire
acondicionado microscépico.

b) Los discos SATA II tienen una ta-
sa de transferencia de 300 MB/s.

¢) 300 Gigabytes de un soporte ho-
lografico equivale a 120 DVD.

6{,Cuél de los siguientes no es un
sistema operativo de un dispositivo
movil?
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a) Symbian®.
b) BlueBerry® OS.
¢) Android®.

Cudl de las siguientes frases es

falsa:

a) HVD es una tecnologia o6ptica
competidora de Blu-Ray pero que
no se ha llegado a implantar.

b) Los 22 nanémetros es el siguien-
te paso a dar por los fabricantes
de microchips tras los 32 nané-
metros.

¢) La nanoelectronica utiliza la na-
notecnologia aplicada a compo-
nentes electrénicos.

Cual de las siguientes frases es
falsa:

a) Un SoC es la compactacién de
varios componentes y sistemas
electronicos en un solo chip.

b) Tera quiere decir un trillén.

¢) Los 11 nandmetros es el siguien-
te paso a dar por los fabricantes
de microchips tras los 22 nanoé-
metros.

(Qué aparato de los siguientes no
9pertenece a la informatica maévil?

a) Portatil.

b) Netpc.

¢) Smartphone.

1 OUn MID es...

a) Micro Internet Device.
b) Mobile Internet Device.
¢) Micro Internet Dimension.

© RA-MA
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Bus AGP, 135
Bus PCI, 134
Bus PCI Express, 136

C
Cabezas, 151
Cable PATA iluminado, 314
Cable Select, 288
Caché, 161
Cadmio, 448
Caja, 256, 258, 264
Camaras digitales, 619
Cambio en la frecuencia, 439
Carcasa, 152
Carga de un SAI, 441
Cargadores de moviles universales, 628
CAS, 114
Catodo, 312, 634
CC, 409
CCleaner, 539
CD, 181
CD-Audio, 183
CD-R, 184
CD-ROM, 184
CD-RW, 185
Checksum, 347
Chipset, 106
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Cilindro, 154
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Circuitos integrados, 54
Clamwin, 535
Clonacién, 461, 473
Clonacién de discos, 473
Clonacién de particiones, 473, 474
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CMOS, 51
COs, 409
Codec, 147,233
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: Cddigo abierto, 573

i Cédigo cerrado, 573

. COM, 74

i Coma flotante, 71
Componentes activos, 51
Componentes pasivos, 41
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Comprimir, 487

: Condensador, 45
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. CRT, 222, 242

i Cuello de botella, 71
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Firewire, 38, 76, 158
Firmware, 29, 241
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Floppy disk, 175
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pressroom/index.htm (Sala de prensa
de Intel. Este es un portal de noticias
de Intel donde puedes encontrar

toda la informacién y noticias mas
actualizadas de la compania).
http://www.intel.com/es_es/consumer/
learn/index.htm?iid=gg_play-ES+learn
(En esta pagina puedes encontrar
maés informacion tecnolbgica de Intel
en espanol (nuevos procesadores,
tecnologia inaldmbrica...)).
http://www.nextremethermal.

com (Pagina en inglés en la que
podras encontrar informacion

sobre investigaciones acerca de la
refrigeracién).
http://thefutureofthings.com (Como
sunombre indica, en este portal web
podemos ver el futuro de diferentes
dispositivos electrénicos. Su contenido
esté en inglés).
http://www.serialata.org (En esta

pagina encontraras toda la informacién
referente a SATA).
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m http://petra.euitio.uniovi.es/~arrai/ grabador de discos holograficos junto
historia/trilobytes/5-Moore%20y%20 con Maxell. En esta Web encontraras
1a%20ley%20de%20Moore/Moore. ©  informacién sobre la tecnologia y los

htm (Moore y la ley de Moore. Pagina
de Rafael Fernandez-Font Pérez que
habla sobre Moore y la historia sobre su
famosa Ley llamada la “ley de Moore”). m http://www.tendencias21.net

distintos productos que tiene esta

compania. Est4 en inglés).

® http://www.intel.com/technology/ (Tendencias informaticas. Web de la

architecture/coremicro/demo/demo. i universidad Politécnica de Madrid).
htm (Animacién que explica la nueva :
arquitectura de microprocesadores de
Intel. Esta en inglés).

®m http://www.quesabesde.com/pda/
; glosario.asp?id=A (Glosario de términos

relativos a las PDA).

m http://www.inphase-technologies. : .
com/default.asp?tnn=1 (Pagina Web : ®m http://www.arstechnica.com (Portal

de Inphase. Esla primera Compaﬁia muy completo dedicado ala tecnologia.

que ha sacado un soporte y un lector/ Esté en inglés).
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La presente obra estd dirigida a los estudiantes del Ciclo Formativo Técnico en Sistemas
Microinformaticos y Redes de Grado Medio, en concreto al Médulo Profesional de Montaje
y mantenimiento de equipos.

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde conceptos bdsicos como qué es el
software, el hardware, un sistema operativo, un sistema informdtico... pasando por los
componentes internos de un equipo informdtico y cémo éstos estan ensamblados hasta
llegar a conceptos y tendencias modernas y futuras como system on a chip, realidad virtual,
HTPC, WIMAX, WUSB, HSDPA, modding...

Los capitulos incluyen ejercicios con el propésito de facilitar la asimilacién de los
conocimientos tratados y bibliografia diversa para poder aumentar los conocimientos sobre
los temas deseados.

Asi mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos con la finalidad de
comprobar que los objetivos de cada capitulo se han asimilado correctamente.

é Ademas, incorpora un CD-ROM con material de apoyo y complementario.

0
@ Ra-Ma®
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